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Pravne vyhlasenia

Této prirucka sa vztahuje na BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME a riadiace zariadenie systému BOND

‘ Nie vSetky moduly spracovania su dostupné vo vSetkych oblastiach.

Ochranné znamky

Leica a logo Leica su registrované ochranné znamky spolocnosti Leica Microsystems IR GmbH a pouzivaju sa na
zéklade licencie. Systém BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine
Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer a Oracle su ochranné znamky
spolocnosti Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Ostatné ochranné znamky su majetkom ich
vlastnikov.

Copyright

Spolo¢nost Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd vlastni autorské prava k tomuto dokumentu a akémukolvek
pridruzenému softvéru. Podla zakona je pred vytvorenim kdpie, reprodukcie, prekladu alebo konverzie dokumentacie
alebo softvéru do elektronickej alebo inej strojovo Citatelnej formy, ¢i uz dplne alebo Ciastocne, potrebné nase
pisomné povolenie.
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Dolezité informacie pre vSetkych pouzivatelov

Této prirucka obsahuje délezité informéacie o pouzivani systému Systém BOND. NajnovSie informécie o produktoch a
sluzbach Leica Biosystems najdete na www.leicabiosystems.com.

Vzhladom na svoju politiku neustaleho zlepSovania si spoloénost Leica Biosystems vyhradzuje prdvo na zmenu
technickych udajov bez predchadzajuceho upozornenia.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



V tomto dokumente sa pouzivaju nasledujlce pojmy:

« Leica Biosystems - oznacduje spoloénost Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
» Systém BOND - platforma Leica Biosystems, ktora obsahuje systémy BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME

« BOND-IIl - typ automatizovaného pristroja na farbenie v ramci imunohistochemického rozboru a in situ
hybridizacie

» BOND-MAX - typ automatizovaného pristroja na farbenie v ramci imunohistochemického rozboru a in situ
hybridizacie

» BOND-PRIME - typ automatizovaného pristroja na farbenie v ramci imunohistochemického rozboru a in situ
hybridizacie

« Softvér Systém BOND - softvérova aplikacia, prostrednictvom ktorej mozu pouZivatelia konfigurovat a
prevadzkovat systém BOND-II, BOND-MAX alebo BOND-PRIME

UrCeni pouzivatelia
UrCenymi pouzivatelmi systému Systém BOND su primerane vySkoleni laboratdrni pracovnici.

Osoby prevadzkujice modul spracovania BOND musia byt dostatocne zaskolené, aby sa zabezpecilo, ze sa pouziva v
stlade s tymto dokumentom, a pred prevadzkou modulu spracovania musia byt pine obozndmené s akymikolvek
potencialnymi nebezpecenstvami alebo nebezpeénymi postupmi. Z modulu spracovania mozete odstranit kryty alebo
Casti, iba ak je to uvedené v tejto prirucke.

InStalacia a opravy
InStaldciu a opravy smie vykondvat iba kvalifikovany servisny persondl autorizovany spoloénostou Leica Biosystems.

Zarucné reklamécie je mozné uplatnit iba v pripade, ak bol produkt pouzity pre $pecifikovanu aplikéciu a
prevadzkovany podla pokynov v tomto dokumente. Poskodenie spdsobené nespravnym zaobchadzanim a/alebo
nespravnym pouZitim produktu rusi platnost zaruky. Spoloénost Leica Biosystems nenesie zodpovednost za takéto
Skody.

Hlasenie zavaznych udalosti

Vyskyt akejkolvek zavaznej udalosti, ktord viedla alebo mdZe viest k smrti pacienta alebo pouzivatela alebo k
docasnému alebo trvalému zhorSenie zdravotného stavu pacienta ¢i pouZivatela, sa musi nahlasit miestnemu
zastupcovi spolocnosti Leica Biosystems a prisluSnému miestnemu regulacnému organu.

Leica Biosystems protokoly

Systém BOND je doddvany so stpravou preddefinovanych protokolov Leica Biosystems, ktoré nemozno upravovat
alebo odstranit. Tieto preddefinované protokoly boli overené spolocnostou Leica Biosystems. Je v8ak mozné vytvorit
prisposobené protokoly skopirovanim a Upravou existujlcich preddefinovanych protokolov. VSetky prispdsobené
protokoly musia byt overené v stlade s miestnymi laboratérnymi postupmi a poziadavkami. Moznost vytvorit a ulozit
protokol neznamena, Ze je vhodny na pouzitie. Zasady prevadzky a vykonnostné charakteristiky ndjdete v prislusSnom
névode na pouZitie testu (IFU).
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Vyhlasenie o bezpecnosti a ochrane osobnych udajov pouzivatelov

Spolognost Leica Biosystems reSpektuje a zavazuje sa chranit bezpeénost a sikromie osobnych Gdajov. NiZsie
uvedené oznamenie o ochrane osobnych Udajov spolo¢nosti Leica Biosystems opisuje osobné Udaje, ktoré mézeme
zhromazdovat, pouzivat a uchovavat.

Oznamenie 0 ochrane osobnych udajov

Drzitel licencie bude pri spractvani osobnych Gdajov pomocou systému BOND dodrziavat véetky platné pravne
predpisy o ochrane osobnych udajov a sukromia pomocou systému vratane systému BOND-ADVANCE, okrem iného
aj tym, ze pred spracovanim svojich udajov vykona vSetky pozadované oznamenia a ziska vSetky pozadované suhlasy
od pacientov a inych dotknutych osob.

Nasledujuce osobné udaje su ulozené v databaze v riadiacom zariadeni BOND:

* Meno pacienta

Meno lekara
« Cislo zéznamu
 Doctor comments (Komentére lekéra)
e Poznamka o pacientovi
» Komentdr k sklicku
» Case comments (Komentare k pripadu)
« Udaje o pouzivatel'skom ucte
» Nazov Ulohy
 Snimky sklicok
» Komentare k udalostiam systému LIS
 Obrazy pristroja
Nasledujdce sprdvy systému BOND méZu bezne obsahovat chranené zdravotné ddaje
 Udalosti cyklu
* Detaily cyklu
» Sprava o pripade
e Strucna historia sklicok
» Export udajov

e Suhrn nastavenia sklicka

Kontaktovanie spolocnosti Leica Biosystems

Ak potrebujete servis alebo podporu, obrétte sa na svojho miestneho zdstupcu spolo¢nosti Leica Biosystems alebo
pozrite si ast www.leicabiosystems.com.
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VSeobecné vystrahy

Vystrahy st ozndmenia o nebezpedenstvach, ktoré by mohli viest k zraneniu 0sob alebo k riziku straty, poskodenia
alebo nesprdvnej identifikacie vzoriek pacientov. Dodrziavajte vSetky bezpeCnostné opatrenia, aby ste zabranili
zraneniu, poskodeniu, strate alebo chybnej identifikacii vzoriek pacienta a poSkodeniu zariadenia.

Vystrahy pouzivaju symboly s Ciernym okrajom a zItym pozadim.

sekciach prirucky.
Pouzivanie modulu spracovania

Na predchadzanie kontamindcii reagencii a skli¢ok sa modul spracovania musi prevadzkovat v
Cistom prostredi tak, aby bol Co najviac zbaveny prachu a pevnych castic.

Aby ste zabezpecili spravnu prevadzku modulu spracovania, viozte kazdu nadobu na nebalené
reagencie do jeho spravnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne oznacenych stitkoch
s ndzvom. V opacénom pripade moze dojst k ohrozeniu farbenia.

Dalsie podrobnosti si pozrite v ¢asti 2.2.7 Priehradka na nadoby na nebaleny materidl

Skontrolujte hladinu v nadobe na nebaleny materidl a podla potreby ich naplite alebo vyprazdnite
na zaciatku kaZdého dia (v pripade potreby ¢astejsie — pozrite si ¢ast 12.2.7 Kontrola hladin

v nadobéch). V opaénom pripade moze dojst k preruseniu farbenia pri odstrafiovani nadob, ¢o
moze ohrozit farbenie.

Ak sa pri spracovani v ramci pristroja BOND-MAX musi nddoba na nebaleny material naplnit, vzdy
skontrolujte obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a skontrolujte, i sa nddoba nepouziva
alebo nie je planované jej pouZitie. V opacnom pripade méze déjst k ohrozeniu spracovania sklic¢ok.
lhned po naplneni nddobu vratte - pozrite si éast 12.2.2.5 Pocas cyklov. Aby sa predislo tejto
situdcii, skontrolujte hladiny nadob na nebaleny material medzi jednotlivymi protokolmi — pozrite si
¢ast 12.2.1 Kontrola hladin v nddobach).

> B BP

Nadoby na nebaleny materidl BOND-IIl sa nemusia na Ucely plnenia vyberat - pozrite si ¢ast
12.2.2.1 Doplnenie nebalenych reagencii = BOND-III. S cielom vyhnUt sa tejto situécii kazdy den
skontrolujte hladinu v nadobdch (¢astejSie, ak je to potrebné - pozrite si ¢ast 12.2.1 Kontrola hladin
v nddobéch).
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Systém BOND nevyzaduije pristup k sieti na fungovanie a vykonanie uréeného pouzitia. Ak chcete
zabranit Skodlivému alebo neoprdvnenému pristupu, nainstalujte systém BOND bez akéhokolvek
pripojenia k vasej sieti/infrastruktdram.

Ak chcete sietové pripojenie, preferovanou metédou je pripojenie systému BOND k virtuéine;
lokalnej sieti (VLAN) s branou firewall. Pripadne moZete zaviest a overit svoje vlastné mechanizmy
zabezpecenia siete v sulade so Standardnymi prevadzkovymi postupmi.

DalSie informacie néjdete v Prirucke k informacnym systémom pre systém BOND 5.1+
(49.6062.811).

Malvérovéd infekcia na riadiacom zariadeni BOND méZe viest k neocakdvanému spravaniu v
prevadzke vratane deaktivacie modulov spracovania. Pred pripojenim uloznych zariadeni USB

k riadiacemu zariadeniu BOND sa uistite, ze neobsahuju virusy. Okrem toho berte na vedomie, ze
spolo¢nost Leica Biosystems nenainstaluje Ziadne antivirusové riesenie. Odpori¢ame vam
nainstalovat vlastny podnikovy antivirusovy produkt. Obratte sa na miestneho zastupcu
spolo¢nosti Leica Biosystems, ktory vam poskytne dalSie informacie.

Riadiace zariadenia

A

MUSIA sa zaviest a dodrZiavat primerané laboratdrne kontrolné opatrenia, aby sa zabezpecil
vhodny vysledok farbenia pre kazdé sklicko. Spolocnost Leica Biosystems dérazne odportca
umiestnit vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké sklicka ako tkanivo pre pacienta.

Chemické nebezpecenstva

A\
A\
A\

> [

Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii su
nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, Ze ste absolvovali primerané Skolenie pre tento postup:

 Primanipuldcii s reagenciami alebo ¢isteni modulu spracovania pouzivajte latexové alebo
nitrilove rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

» Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v sulade so vSetkymi postupmi a
Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

Nadoby na reagencie sa mozu pocas prepravy naklanat, pricom zostanu zvysky reagencie okolo
uzaveru. Pri otvarani nadob na reagencie vzdy pouzivajte schvalend ochranu oci, rukavice
a ochranny odev.

Potencidlne nebezpecné reagencie sa mézu zhromazdovat okolo zostdv na farbenie skli¢ok a
kontaminovat podnosy na skli¢ka. Pri manipuldcii s podnosmi na sklicka vzdy pouZivajte schvaleny
ochranny odev a rukavice.

Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND su horlavé:

» Neumiestfujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

» Podoplnenialebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material
riadne uzavreté.
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Moduly spracovania maju ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré moézu predstavovat
nebezpecenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horlavé materialy.

» Na ohrievace ani blizko nich nekladte horlavé materialy.

» Na modul spracovania nekladte horlaveé materialy.

» Podoplnenialebo vyprazdneni sa uistite, Ze su vSetky uzdvery nadoby na nebaleny material
riadne uzavreté.

Mechanické nebezpecenstva

Pri zatvarani veka modulu spracovania budte opatrni a uistite sa, ze mate Cisté ruky, aby nedos$lo k
zraneniu.

Pocas prevadzky sa hlavny robot, nasavacia sonda, pumpy injekénych striekaciek a roboty na
nebalend tekutinu (BOND-III) méZu pohybovat bez varovania a rychlostou, ktord moze sposobit
zranenie.

> >

» NepokUSajte sa otvorit veko modulu spracovania, ked prebieha cyklus.

» Nepokusajte sa ohist blokovanie, ktoré brani ¢innosti modulu spracovania, ked je veko
otvorené.

» Pocas prevadzky sa uistite, ze su kryty pumpy injekcnych striekaciek na svojom mieste.

Vyvaruijte sa kontaktu so zostavami na farbenie skli¢ok a ich okolim. M6Zu byt horice a sposobit
vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie sklicok a ich okolie
vychladnut dvadsat mindt.

Ak chcete premiestnit modul spracovania na velku vzdialenost alebo ho prepravit na Ucely opravy
alebo likvidacie, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika. Modul spracovania je tazky a nie je
navrhnuty tak, aby ho presuval jeden pouzivatel.

Skontrolujte, Ci st pocas normalnej prevadzky dvierka injekcnych striekaCiek zatvorené
(BOND-MAX) alebo je nasadeny kryt injekénych striekaciek (BOND-III). Ak dojde k uvolneniu
injekcnej striekacky alebo prislusenstva injekénej striekacky, méze z injekénej striekacky vystreknut
reagencia pod tlakom.

Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalent tekutinu nadalej funguju dih$ie ako pat sekind po
otvoreni veka modulu spracovania, okamZite sa obratte na oddelenie podpory zdkaznika.

Pokial je modul spracovania zapnuty, nepohybujte hlavnym ramenom robota. Robot sa méze
vyrovnat, ¢o md za nasledok zIé farbenie.

Ak bol robot presunuty: vypnite modul spracovania, pockajte 30 sekund a potom ho znovu
inicializujte.

Pri vykondvanf Uloh gistenia alebo Udrzby vZdy vypnite modul spracovania (s vynimkou
automatizovanych Gistiacich Uloh, ako je Gistenie nasdvacej sondy).

> BB BPPBP
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> B P

Roboty na nebalend tekutinu BOND-III sa pohybuiju pozdiz zostav na farbenie skligok, aby umoznili
pouzivatelom pristup na ¢istenie. Tento postup by mali vykonavat iba operatori, ktori boli
upozorneni na potencialne nebezpecenstvo a ktori absolvovali primerant odbornu pripravu.

Zostavy na farbenie skli¢ok obsahuju pohyblivé ¢asti, ktoré méZu spdsobit vazne zranenie. Pocas
prevadzky modulu spracovania udrZiavajte prsty mimo otvoru zostavy na farbenie sklicok.

Predtym, ako sa pokusite ruéne odomknut zostavy na farbenie skli¢ok: vypnite hlavny vypina¢
modulu spracovania, vypnite sietovd zastréku a odpojte sietovi zastréku zo zasuvky.

Modul pumpy injekénych striekaciek (BOND-III) je tazky a po uvolneni méze spadndt. Tento postup
by mali vykondvat iba operatori, ktori boli upozorneni na potencidlne nebezpeéenstvo a ktori
absolvovali primeranu odbornu pripravu.

Na zdvihnutie modulu spracovania nepouzivajte dve Cierne rukovati na zadnom obale systému
BOND-III.

Elektrické nebezpecCenstva

> BB

Neodstranujte kryty modulu spracovania ani sa nesnazte ziskat pristup k vnatornym
komponentom. Vo vnutri modulu spracovania BOND su nebezpecné napatia a tieto Ulohy by mali
vykondvat iba kvalifikovani servisni technici schvaleni spoloénostou Leica Biosystems.

Nemerite prevadzkové napatie modulu spracovania. Ak je modul spracovania pripojeny
k nesprdvnemu napdjaciemu napatiu, moZe dojst k vaznemu poskodeniu. Ak chcete nastavenie
zmenit, obratte sa na oddelenie podpory zékaznika.

Modul spracovania musi byt pripojeny k uzemnenej sietovej zdsuvke a musi byt umiestneny tak,

aby pracovnici mohli lahko odpojit sietovy kdbel bez toho, aby museli pohybovat modulom
spracovania.

Poistky neprepdjajte ani neskratujte.

Pred vymenou poistiek modul spracovania vypnite a odpojte napajaci kabel. Poistky vymente iba za
Standardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obréatte sa na oddelenie podpory zékaznika.

VSeobecne upozornenia

Upozornenia st ozndmenia o nebezpedenstvach, ktoré by mohli viest k poskodeniu vybavenia systému BOND alebo
mat iné nepriaznivé nasledky, ktoré neohrozuju ludi.

Upozornenia pouzivaju symboly s ¢iernym okrajom a bielym pozadim:

VSeobecné upozornenia Systém BOND su uvedené nizSie. Ostatné upozornenia su uvedené v prislusnych sekciach

prirucky.
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Nebezpecenstva pri instalacii

Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom obale modulu spracovania. Nezakryvajte tiez
vetracie otvory umiestnené na dvierkach injekénych striekaciek (BOND-MAX).

Prevadzkové nebezpecenstva

Umiestnite vSetky Casti Stitku sklicka ku vSetkym okrajom sklicka. Odkryty lepkavy povrch méze
sposobit, Ze sa Stitok sklicka (a postvad) prilepi na obal alebo iné zariadenie a poskodi sklicko
Covertile.

Nevyberajte maly kryt snimaca hladiny kvapaliny z nddoby na nebaleny materidl (BOND-MAX),
pretoZe sa moZe poskodit. Nadoby na nebaleny materidl vyprazdiujte a doplfiujte iba cez velky kryt
na plnenie/vyprazdnovanie.

VSetky vymenitelné komponenty Gistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu neumyvajte
Ziadne sucasti, aby ste predisli poskodeniu. Negistite Ziadnu ¢ast rozpastadlami, tvrdymi ani
drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi utierkami.

Nepouzivajte vatove tyCinky ani iné aplikatory s hrotmi z baviny na Cistenie vnutornych otvorov
premyvacieho bloku alebo v mazacich stipikoch zostavy na farbenie skligok, pretoze sa moze
vatovy koncek uvolnit a spdsobit upchatie.

Nadoby na nebaleny materidl nenasuvajte spat na svoje miesto, pretoze to méze poskodit nadobu
a snimac kvapaliny.

Nepouzivajte poSkodené sklicka. Pred vlozenim do modulu spracovania sa uistite, ze su vSetky
sklicka spravne zarovnané na podlozkach a ze su vSetky krycie sklicka Covertile spravne
umiestnené (pozrite si ¢ast 2.6.2 Krycie sklicka BOND Universal Covertiles).

Pred spustenim cyklu alebo inicializaciou modulu spracovania sa uistite, ze je modul injek¢nych
striekaciek (BOND-III) Uplne zatvoreny (pozrite si ¢ast 12.4.1 Rucné odomykanie zostav na farbenie
sklicok). V opacnom pripade méZe déjst k poskodeniu injekénych striekadiek pocas prevadzky.

Pred Cistenim alebo odstranenim hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenu tekutinu
(BOND-II) v pdvodnej polohe v zadnej ¢asti modulu spracovania a aby neboli umiestnené pred
zostavami na farbenie sklicok.

>bpbbbBbbDbB

Nebezpecenstvo suvisiace s reagenciami

Ak sa povoli, aby sa vzajomne nekompatibilné roztoky dostali navzajom do styku, mozu sa
vyskytnut neuspokojivé vysledky farbenia a potencidlne poskodenie modulu spracovania. Obratte
sa na spolocnost Leica Biosystems, aby urcila, ¢i su roztoky kompatibilné.

>
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Na moduloch spracovania BOND nepouzivajte xylén, chloroform, acetdn, silné kyseliny (napr. 20 %
HCI), silné zasady (napr. 20 % NaOH). Ak sa niektora z tychto chemikalii vyleje na modul
spracovania BOND alebo v jeho blizkosti, pristroj okamzite vyCistite 70 % etanolom, aby ste predisli
poskodeniu krytov modulu spracovania.

Na moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX pouzivajte iba roztok na odvoskovanie BOND
aleboBOND-PRIME Dewax Solution na moduloch spracovania BOND-PRIME Nepouzivajte xylén,
nahradky xylénu a iné reagencie, ktoré mozu degradovat ¢asti systému BOND a spésobit Unik
tekutiny.

> B
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Regulacné vyhlasenia
Zamyslane pouzitie
Systém BOND automatizuje klinické protokoly na imunofarbenie patologickych vzoriek nachadzajucich

IVD sa na mikroskopickych sklickach. Mikroskopické sklicka nasledne podstupia interpretaciu
kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikom na pomoc pri diagnostike.

/hoda s FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitalne zariadenie triedy A podla Casti, 15 podcasti B
pravidiel FCC. Tieto limity su navrhnuté tak, aby poskytovali primeranu ochranu pred skodlivym rusenim, ked' sa
zariadenie prevadzkuje v komerénom prostredi. Toto zariadenie vytvara, pouziva a méze vyzarovat vysokofrekvenént
energiu a ak nie je nainstalované a pouzivané v stlade s ndvodom na obsluhu, méZe sposobit Skodlivé rusenie
radiovej komunikacie. Prevadzka tohto zariadenia v obytnej Stvrti pravdepodobne spésobi Skodlivé rusenie. V takom
pripade bude pouZivatel povinny rusenie na svoje vlastné naklady opravit.

Na zachovanie zhody pouzivajte iba kable dodavané s pristrojom.

VYSTRAHA: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré nie st vyslovne schvalené spolocnostou Leica
Biosystems, mézu zrusit platnost opravnenia pouzivatela na prevadzkovanie tohto zariadenia.

Oznacenie CE

c € Oznadenie CE oznacuje sulad s platnymi smernicami EU, ako je to uvedené vo vyhlaseni vyrobcu
0 zhode.

Pokyny pre diagnostické vybavenie in vitro na profesionalne
pouzitie

Toto zariadenie IVD spifia poZiadavky na emisie a odolnost podla normy IEC 61326 &ast 2-6.
Elektromagnetické prostredie by sa malo vyhodnotit pred uvedenim zariadenia do prevadzky.

Toto zariadenie nepouZivajte v tesnej blizkosti zdrojov silného elektromagnetického Ziarenia (napr. netienené

Umyselné zdroje RF), ktoré mozu rusit spravnu ¢innost.

VYSTRAHA: Toto zariadenie bolo navrhnuté a testované podla normy CISPR 11 triedy A. V doméacom
prostredi moZe sposobit radiové rusenie. V takom pripade bude pravdepodobne potrebné prijat
opatrenia na znizenie tohto rusenia.

Regulaéné poZiadavky na podita¢: uvedené na zozname UL (UL 60950), certifikované podla normy IEC 60950.
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POZOR: Federalny zakon obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj zdravotnickym profesiondlom
s licenciou alebo predaj na zaklade ich objednavok.

Klasifikacia zariadeni podla CISPR 11 (EN 55011)

Toto zariadenie je klasifikované ako skupina 1 triedy A podlia CISPR 11 (EN 55011). Vysvetlenie skupiny a triedy je

Skupina 1 - plati pre vSetky zariadenia, ktoré nie su klasifikované ako zariadenie skupiny 2.

Skupina 2 - plati pre vSetky vysokofrekvencné zariadenia ISM, v ktorych sa vysokofrekvencna energia vo
frekvencnom rozsahu 9kHz a7z 400GHz umyselne generuje a pouziva alebo len pouziva vo forme elektromagnetického
ziarenia, induktivnej a/alebo kapacitnej vazby na spracovanie materidlov alebo na ucely inSpekcie/analyzy.

Trieda A - plati pre vSetky zariadenia vhodné na pouZzitie vo vSetkych zariadeniach inych ako domdcnost a tych, ktoré
st priamo pripojené k nizkonapatovej napajacej sieti, ktora zasobuje budovy pouZivané na doméace Ucely.

Trieda B - plati pre vSetky zariadenia vhodné na pouzitie v domacich prevadzkach a v zariadeniach priamo
pripojenych k nizkonapatovej napéjacej sieti, ktord zasobuje budovy pouzivané na domdce ucely.
Vymedzenie pojmov

ISM: priemyselné, vedecké a lekarske

RF: radiova frekvencia
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Slovnik symbolov
Této Cast popisuje regulacné a bezpecnostné symboly pouZivané na oznaceni produktu.

Regulacné symboly

Vysvetlenie regulacnych symbolov pouzivanych pre produkty spolocnosti Leica Biosystems.

@ Tento slovnik poskytuje obrazky symbolov, ako su uvedené v prislusnych normach, niektoré symboly
sa vSak mozu liSit farbou.

Nasleduje zoznam symbolov pouzitych na oznaceni vyrobku a ich vyznam.

1ISO 152231

Zdravotnicke pomocky — symboly pouzivané na Stitkoch zdravotnickych pomdcok, oznacovanie a poskytovanie
informdcif - ¢ast 1: VSeobecné poZiadavky.

Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

ISO 15223-1 5.1.1 Vyrobca
Oznacuje vyrobcu zdravotnickej pomocky.

Oznacuje splnomocneného zastupcu v Europskom spolocenstve.

ISO 15223-1 513 Détum vyroby
Oznacuje datum, kedy bola zdravotnicka pomocka vyrobena.

IS0 15223-1 5.1.4 Spotrebovat do (datum exspiracie)
Oznacuje datum, po ktorom sa zdravotnicka pomocka nebude
pouzivat.

S0 15223-1 512 Spinomocneny zastupca v Eurépskom spologenstve

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Kod Sarze
Oznacuje kod SarZe vyrobcu, aby bolo mozné identifikovat Sarzu
alebo davku.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Kataldgoveé Cislo/referencné Cislo
Oznacuje kataldgové ¢islo vyrobeu, aby bolo mozZné identifikovat
zdravotnicku pomdacku.

SN ISO 15223-1 517 Sériové Cislo
Oznaduje sériové &islo vyrobcu, aby bolo mozZné identifikovat
konkrétnu zdravotnicku pomocku.
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Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

% 1SO 15223-1

<l 1ISO 15223-1

~J

W

I 1SO 15223-1

« 2, 180152231

A

ISO 15223-1

T
1
T
A\

ISO 15223-1

1ISO 15223-1

1S0 152231
IVD

5.1.8

5.1.9

5.3.1

5.3.4

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5.1

Dovozca
Oznacuje subjekt dovazajuci zdravotnicku pomocku do Eurdpskej
unie.

Distribdtor
Oznacuje subjekt distribuujuci zdravotnicku pomocku v regione.

Krehké, manipulujte opatrne
Oznacuje zdravotnicku pomdcku, ktord sa méze zlomit alebo
poskodit, ak sa s fiou nezaobchédza opatrne.

Chrante pred dazdom
Oznaduje, Ze prepravny balik sa md uchovavat mimo dazda
a v suchych podmienkach.

Teplotné obmedzenie
Oznacuje teplotné obmedzenia, ktorym moze byt zdravotnicka
pomdcka bezpecne vystavena.

NepouZivajte opakovane
Oznacuje zdravotnicku pomécku, ktora je uréend na jedno poutzitie,
alebo na pouzitie u jedného pacienta pocas jedného zakroku.

Precitajte si ndvod na pouZitie
OznaCuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel prestudoval navod na
pouZzitie.

Pozor

OznaCuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel precital navod na
pouzitie s dolezitymi varovnymi informdciami, ako st varovania
a bezpecnostné opatrenia, ktoré z réznych dévodov nemézu byt
uvedené na samotnej zdravotnickej pomdocke.

Diagnostickd zdravotnd pomdcka in vitro
Oznacuje zdravotnicku pomdcku, ktora je urCena na pouzitie ako
diagnosticka zdravotna pomaocka in vitro.
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1ISO 7000

Grafické symboly pouzivané na zariadeni - registrované symboly.

Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

ISO 7000 1135 Recyklacia
0znaduje, Ze oznacend polozka alebo jej materidl je stcastou
procesu obnovy alebo recyklacie.

IS0 7000 1640 Technicka prirucka; navod na servis
Identifikuje miesto, kde je prirucka ulozeng, alebo informdcie, ktoré
sa tykaju pokynov na servis pomocky. Na oznacenie toho, ze pri
udrzbe zariadenia v blizkosti umiestnenia symbolu je potrebné
vziat do Uvahy servisnu prirucku alebo navod.

= 28

ISO 7000 2594 Otvorend ventilacia
Identifikuje ovladac, ktory umoznuje prienik vzduchu do interiéru.

ISO 7000 3650 usB
|dentifikuje port alebo konektor ako konektor, ktory spifia
vSeobecné poziadavky univerzalnej sériovej zbernice (USB).
OznacCuje, Ze zariadenie je pripojené k portu USB alebo je
kompatibilné s portom USB.

> W

IEC 60417

Grafické symboly pouzivané na zariadeni.

Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

IEC 60417 5007 On (Zap)
Na oznacenie zapojenia do siete, asponi v pripade sietovych
spinacov alebo ich pozicii, a v pripadoch, ked ide o bezpeénost

I[EC 60417 5008 off (Vyp)
Indikuje odpojenie od elektrickej siete, minimdlne pre sietové
vypinace alebo ich polohy, a vSetky pripady, ked ide o bezpe¢nost
IEC 60417 5009 Pohotovostny rezim
Urcuje prepina¢ alebo polohu spinaca, pomocou ktorej je ¢ast
zariadenia zapnutd, aby bola uvedena do pohotovostného stavu

IEC 60417 5016 Poistka
Identifikuje poistkové skrine alebo ich umiestnenie.

Svorka, ktora je ur¢ena na pripojenie k externému vodicu na
ochranu pred zasahom elektrickym pridom v pripade poruchy
alebo svorka ochrannej (uzemnovacej) elektrody.

+—
@ IEC 60417 5019 Ochranné uzemnenie: ochranné uzemnenie
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Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

IEC 60417 5032 Jednofazovy striedavy prud

N OznacCuje na typovom Stitku, Ze zariadenie je vhodné len pre
striedavy prud; na identifikaciu prislusnych svoriek.
A IEC 60417 5134 Elektrostatické citlivé zariadenia
‘ ! 4 Baliky obsahujuce pomdcky citlivé na elektrostaticky vyboj alebo

zariadenie alebo konektor, ktory nebol testovany na odolnost voci
elektrostatickému vyboju.

% IEC 60417 5988 Pocitacova siet
Identifikuje samotnu pocitacovu siet alebo na oznadenie
pripojovacich terminalov pocitaCovej siete.

IEC 60417 6040 Vystraha: Ultrafialové Ziarenie
@ Dévajte pozor na pritomnost UV svetla v kryte vyrobku, ktord méze
Pred otvorenim vypnite UV lampu. PoCas servisu pouzivajte UV
[

byt dostatocne velka na to, aby pre operatora predstavovala riziko.
Ziarenie a ochranu pokozky.

IEC 60417 6057 Pozor: pohyblivé Casti
Instruktdzny ochranny kryt, ktory chrani pred pohyblivymi ¢astami.

IEC 60417 6222 Informdcie; vSeobecné
l Identifikuje kontrolu na preskumanie stavu pomdcky, napr.
multifunkcnych kopirovacich pristrojov
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Iné symboly a oznacenia

Symbol

1g(OnIy

C€

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Norma/Nariadenie Referencia

21 CFR 801.15(c)
(M()F

Vyhlasenie o zhode

pristroja uvadza
smernice, ktorym
systém vyhovuje.

Smernica
2012/19/ES EU:
odpad z
elektrickych a
elektronickych
zariadenf (WEEE)

AS/NZS 44171

Elektronicky
priemyselny
Standard Cinske]
ludovej republiky

Opis

Len na lekarsky predpis

Uznané americkym uradom FDA ako alternativa k upozorneniu:
Federalny zakon obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj

zdravotnickym profesionalom s licenciou alebo predaj na zdklade
ich objednavok.

Eurdpska zhoda
Vyhlasenie o zhode pristroja uvadza smernice, ktorym systém
vyhovuje.

Smernica o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni
(OEEZ)

Elektronicky produkt by sa nemal likvidovat ako netriedeny odpad,
ale musi sa odoslat do zbernych zariadeni na recyklaciu

a recyklaciu.

Pritomnost tohto oznacenia znamen4, ze:

 Zariadenie bolo uvedené na eurdpsky trh po 13. auguste
2005.

« Zariadenie sa nesmie likvidovat prostrednictvom zberného
systému komunalneho odpadu Ziadneho ¢lenského Statu
Eurdpskej unie.

Zékaznici musia poznat a dodrZiavat vSetky pravne predpisy
tykajuce sa spravnej dekontamindcie a bezpecnej likvidacie
elektrickych zariaden.

Oznacenie zhody s predpismi (RCM)

OznacCuje sulad s poziadavkami australskeho uradu pre
komunikacné média (ACMA) (bezpecnost a elektromagneticka
kompatibilita) pre Australiu a Novy Zéland.

Obmedzenie pouZivania nebezpeénych ltok (RoHS 2)

Oznacuje, ze tento elektronicky informacny vyrobok obsahuje
urcité toxické alebo nebezpecné prvky a méze sa bezpecne
pouzivat pocas obdobia pouzivania ochrany zivotného prostredia.
Cislo uprostred loga 0znacuje dobu pouzivania produktu z

SJ/T11364 o M :

/ hladiska ochrany Zivotného prostredia (v rokoch). Vonkajsi kruh
oznacuje, Ze vyrobok mozno recyklovat. Logo tieZ znamena, Ze
vyrobok by sa mal recyklovat ihned po uplynuti doby na ochranu
zivotného prostredia. Datum na Stitku oznacuje datum vyroby.
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Symbol Norma/Nariadenie Referencia

p Elektronicky

|e’ priemyselny
Standard Cinske]
ludovej republiky
SJ/T11364

F@ Hlava 47 Kodex
federalnych
predpisov

Spojenych Statov
americkych, ¢ast 15

o
LISTED

o«
(7

Opis

Obmedzenie pouzivania nebezpeénych latok (RoHS 2)
Oznacuje, Ze tento elektronicky informacny produkt neobsahuje
Ziadne nebezpecné latky alebo neprekracuje limity koncentracie

uvedené v GB/T 26572. Ide o ekologicky vyrobok, ktory mozno
recyklovat.

Federélna komisia pre komunikéciu (FCC)
Tento produkt bol testovany a vyhovuje obmedzeniam podla Casti
15 pravidiel FCC.

Certifikacna zndmka spoloénosti Underwriters Laboratory (UL)
Spolocnost Underwriter Laboratories potvrdila, Ze uvedené
produkty splnaju bezpec¢nostné poziadavky USA aj Kanady.

Uvedenie zariadenia v testovacej agenture skupiny CSA
Skupina CSA potvrdila, 7e uvedené produkty spifiaju bezpetnostné
poziadavky USA aj Kanady.

Uvedenie zariadenia v testovacej agenture Intertek
Testovacia agentura Intertek potvrdila, ze uvedene produkty
splnaju bezpecnostné poziadavky USA aj Kanady.

Rozsah relativnej vihkosti

Uvedte prijatelné horné a doIné limity relativnej vihkosti pri
preprave a skladovani. Tento symbol je doplneny prisluSnymi
limitmi relativnej vihkosti.

Nepripojeny port
Tento produkt ma na injekcnej pumpe nepripojeny port.
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Bezpecnostné symboly

Vysvetlenie bezpe¢nostnych symbolov pouzivanych pre produkty spolo¢nosti Leica Biosystems.

1ISO 7010

Grafické symboly — bezpe¢nostné farby a bezpe¢nostné znacky - registrované bezpecnostné znacky.

Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

IS0 7010 WO0O0T VSeobecné upozornenie
OznaCuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel precital navod na
pouzitie s dolezitymi varovnymi informdciami, ako su varovania
a bezpecnostné opatrenia, ktoré z réznych dévodov nemozu byt
uvedené na samotnej zdravotnickej pomdocke.

ISO 7010 W004 Vystraha: laserovy 14¢
Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost vazneho
poskodenia oci. Vyvarujte sa priameho kontaktu oci s laserovymi
lacmi.

Biologické nebezpecenstvo. Potencidlne vystavenie biologickému
riziku. Postupujte podla pokynov v sprievodnej dokumentacii, aby
ste zabranili expozicii.

IS0 7010 W012 Upozornenie: riziko Urazu elektrickym pridom
A Elektrické nebezpecenstvo. Potencialne riziko zasahu elektrickym
prudom. Postupujte podla pokynov v sprievodnej dokumentacii,
aby ste predisli zraneniu 0s6b alebo poskodeniu vybavenia.

ISO 7010 W016 Vystraha: toxicky materidl
Nebezpecenstvo toxicity. Mozné vazne zdravotné nasledky pri

nedodrzani nélezitych postupov manipuldcie s chemikaliami. Pri
manipuldcii s reagenciami pouzivajte ochranné rukavice
a ochranné okuliare.

g IS0 7010 WO009 Vystraha: biologické nebezpeéenstvo

ISO 7010 WO017 Vystraha: hortci povrch
Nebezpecenstvo tepla. Hordce povrchy sposobia pri dotyku
popaleniny. Nedotykajte sa Casti oznaCenych tymto symbolom.

ISO 7010 W020 Vystraha: ostry prvok
A Nadzemna prekazka. Davajte pozor, aby ste sa vyhli ndrazu do
prekazky nad hlavou alebo ste do nej nevkrocili.
f ISO 7010 W021 Vystraha: horfavy materidl

Nebezpecenstvo poziaru. Horlavé materidly sa mézu vznietit, ak
sa nedodrziavaju prislusné bezpeCnostné opatrenia.
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Symbol Norma/Nariadenie Referencia Opis

ISO 7010 W022 Vystraha: ostry prvok
Ostry prvok. Davajte pozor, aby ste sa neporanili ostrymi
predmetmi (napr. ihly, Gepele).

IS0 7010 W023 Vystraha: Zierava latka
Chemické nebezpecenstvo sposobené leptavou latkou. Pri
nedodrzani nalezitych bezpecnostnych opatreni hrozia vazne
zdravotné nasledky. Vzdy noste ochranny odev a rukavice.
Rozliaty produkt okamzite vycCistite pomocou Standardnych
laborat6rnych postupov.

> B>

IS0 7010 W024 Vystraha: pomliaZdenie rik
Nebezpecenstvo pomliazdenia. Ruky alebo ¢asti tela sa mozu
pomliaZdit zatvéranim mechanickych ¢asti zariadenia.

IS0 7010 WQ72 Vystraha: Nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie
Nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie. Latka alebo zmes, ktora
moze spdsobit nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie.

P> B>
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Uvod

1.1 Prehlad systému

Gratulujeme ku kipe vasho plne automatizovaného systému BOND na farbenie pre imunohistochemicky rozbor (IHC)
a insitu hybridizaciu (ISH). Sme presvedcent, Ze s nim ziskate kvalitu farbenia, vykonnost a ahké pouZitie, ktoré
potrebujete vo svojom laboratoriu. Cielovymi pouZzivatelmi systému BOND su primerane vySkoleni laboratdrni
pracovnici.

Systém BOND mdZe obsahovat viac modulov spracovania koordinovanych prostrednictvom riadiaceho zariadenia
BOND.

Existuju tri typy modulov spracovania (PM):

» BOND-IIl a BOND-MAX - kazdy s kapacitou 30 skli¢ok. V pripade potreby sa si¢asne mozu spracovavat tri
cykly az s desiatimi sklickami s pouZitim réznych protokolov farbenia, pri¢om kaZdy pokus sa spusta
samostatne, aby sa zabezpecilo nepretrzité spracovanie. Jeden alebo viac cyklov méZe byt nastavenych na
multiplexové farbenie, zatial ¢o d'al§i méZe spracovavat jedno farbenie DAB alebo Red.

» BOND-PRIME - 24 nezavislych protokolov farbenia a nepretrzité spracovanie s kapacitou 72 sklicok.

Softvér BOND ulahduje nastavenie a farbenie sklicok. Pouzivajte prisne testované protokoly dodavané so systémom
alebo si vytvorte vlastné. Vyberte si zo Sirokej ponuky hotovych reagencii BOND alebo akychkolvek inych protildtok
alebo sond v kombinacii s velkou Skalou detekcnych systémov BOND vysokej kvality. Po vytvoreni virtualnych sklicok
v softvéri - alebo ich importovani z laboratérneho informacéného systému (LIS) - vytlacte Stitky (alebo pouZite Stitky
vytlacené systémom LIS), nalepte ich na sklitka a potom ich vloZte do modulu spracovania. Systém BOND sa postara
zvySok a dosledne a spolahlivo zabezpeci vysoko kvalitné farbenie.

@ Protokoly a produkty reagencii doddvané spolo¢nostou Leica Biosystems sa zobrazia v softvéri tak,
ako ich poskytuje spoloénost Leica Microsystems.
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Kapitola 1 Uvod

Medzi prvky a vlastnosti systému BOND patria:

Verime, Ze systém BOND bude cennym doplnkom vasho laboratdria.

vysoky vykon,

flexibilita,

bezpecnost,

automatizované farbenie a kontrastné farbenie IHC,
automatické farbenie a kontrastné farbenie ISH,
automatické zahrievanie, odvoskovanie a ziskavanie,

Automatické multiplexové farbenie

Pozrite si sekcie:

1.2 Ziskanie pomoci
1.3 Prvé kroky

1.4 Spustenie protokolu — pracovné postupy

1.2 Ziskanie pomoci

Pouzivatel'ska priru¢ka BOND (t4to prirucka) je nainstalovand vo formate PDF na vSetkych riadiacich zariadeniach

(s jednou stanicou) a termindloch (BOND-ADVANCE). Je tieZ na klici USB doddvanom so systémom.

Help
Tuto pouzivatel'sku priru¢ku méZete zobrazit kliknutim na ikonu Help (Pomoc) na paneli funkcii v oboch

softvérovych klientoch BOND alebo jej otvorenim z ikony na pracovnej ploche.

V pripade problémov so systémom BOND sa obratte na miestneho zdstupcu Leica Biosystems alebo si pozrite
stranku www_leicabiosystems.com.
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Kapitola 1 Uvod

1.3

Prve kroky

Novi pouzivatelia systému BOND v tejto sekcii najdu informéacie o tom, kde mozu najst potrebné informacie v
pouzivatel'skej prirucke na ziskanie uplnych pracovnych znalosti o produkte.

Krok

1

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04

Opis

InStaldcia a uvedenie do prevadzky

Nastavenie hardvéru, nainstalovany softvér,
skontrolovany systém.

Vykonavané zastupcami spolo¢nosti Leica
Biosystems alebo autorizovanym distributorom.

Preéitajte si sekciu Bezpeénost
Zoznamte sa s bezpec¢nostnymi poziadavkami pre
systém BOND.

Poznajte svoj hardvér
Zoznamte sa s ndzvami a pouzivanim hardvéru
BOND.

Poznajte svoj softvér
Ziskajte vSeobecné znalosti o softvéri a o tom, ako
ho pouzivat.

Skontrolujte protokoly a reagencie
Pocas inStaldcie mohli byt nastavené reagencie a
protokoly:

« Skontrolujte, Ci boli nastavené protokoly,
ktoré chcete spustit.

« Skontrolujte, Ci sU nastavené reagencie
pozadované na vaSom pracovisku.

Spustenie protokolu
Pre velmi strucny prehlad.

Pre podrobnejsi prehlad.

Pokrocilé
Podla potreby ziskajte podrobnejSie informécie
0 softvéri.

Préca so systémom LIS
Volitelny balik umoznuje pripojenie
k laboratérnemu informacnému systému.

Starostlivost o vas$ systém BOND

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Sekcia manualu

VSeobecné vystrahy a VSeobecné upozornenia

2 Hardvér

3 Prehlad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND)

7 Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND)

8 Spréva reagencii (na riadiacom zariadeni BOND)

1.4 Spustenie protokolu — pracovné postupy
4 Rychly Start
5 Stavové obrazovky BOND-IIl a BOND-MAX (na

riadiacom zariadeni BOND) az 9 Histdria sklicok
(na riadiacom zariadeni BOND)

11 Integracny balik LIS (na BOND riadiacom
zariadeni)

12 Cistenie a idrzba (len BOND-IIl a BOND-MAX)
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Kapitola 1 Uvod

1.4 Spustenie protokolu — pracovne postupy

1.4.1  BOND-IlIl a BOND-MAX

VYSTRAHA: Na predchadzanie kontamindcii reagencii a skli¢ok sa modul spracovania musf
prevadzkovat v gistom prostredi tak, aby bol ¢o najviac zbaveny prachu a pevnych ¢astic.

Nasleduje prehlad Standardnych krokov, ktoré sa vykonavaju pri farbeni podnosu so sklickami. Priréznych
nastaveniach moznosti si mozné dalSie pracovné postupy.

1.4.1.1 PocCiatocné kontroly a uvedenie do prevadzky

1 Skontrolujte, ¢i je modul spracovania isty a ¢i st v8etky Ulohy Udrzby aktudlne (12.7 Plan cistenia a Udrzhy).
Medzi denné predbezné ulohy patria:

a Skontrolujte, Ci su nadoby na nebaleny odpad naplnené maximalne do polovice.

b Skontrolujte ndadoby na nebalené reagencie. Ak je to potrebné, doplnite ich.
2 Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu — v pripade potreby ich vycistite alebo vymente.
3 Skontrolujte, ¢i znackovac skliCok obsahuje sStitky a tlacovu pasku a Ci je zapnuty.

4 Zapnite riadiace zariadenie modulu spracovania (a terminal pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta
BOND.
1.4.1.2 Konfiguracia reagencii

1V pripade potreby vytvorte v systéme reagencie (8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie).

2 Registrujte nddoby na reagencie (8.3.3 Registracia reagencii a systémov reagencif).

1.4.1.3 Konfiguracia protokolov

1V pripade potreby vytvorte nové protokoly (7.3 Vytvorenie novych protokolov).

1.4.1.4 Konfiguracia sklicok
1 Vytvorte pripady v softvéri (6.3.3 Pridanie pripadu).
2 Vytvorte sklicka v softvéri (6.5.2 Vytvorenie sklicka).
3 Vytladte Stitky sklicok a nalepte ich na sklicka (6.6.1 Tlac Stitkov a nalepenie na sklicka).

4 PoloZte sklicka a krycie sklicka Covertile na podnosy na sklicka (4.1.3 Nastavenie sklicok).
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Kapitola 1 Uvod

1.4.1.5 Vlozenie modulu spracovania a spustenie cyklu
1 VloZte podnosy na skli¢ka do modulu spracovania (4.1.3.5 Vkladanie sklicok).
VloZte detekény systém a podnosy na reagencie do modulu spracovania (4.1.4 Vkladanie reagencii).

Stlacte tlacidla Load/Unload (Vlozit/vybrat) na module spracovania na uzamknutie podnosov na sklicka.

M~ w N

Na obrazovke System status (Stav systému) skontrolujte, &i boli identifikované vSetky sklicka — manuaine
identifikujte sklicka, ktoré neboli automaticky identifikované (5.1.5.2 Manuadlna identifikacia sklicok v systéme).

5 Zobrazte a opravte vSetky signély s upozornenim na obrazovke System status (Stav systému).

6 Kliknutim na tlagidlo [HESEE spustite cyklus.

1.4.1.6  Monitorovanie cyklu
1 Monitorujte priebeh cyklu na obrazovke System status (Stav systému) (5.1 Stavova obrazovka systému) alebo
BOND ovladacom paneli (3.5 Ovladaci panel BOND-ADVANCE). Zobrazte a opravte v8etky oznamenia.
1.4.1.7 Vylozte sklicka a reagencie
1 Po dokonceni cyklu vyberte detekény systém a podnosy na reagencie a uloZte reagencie (4.7.6 Dokoncenie).
@ Ak sa modul spracovania nepouziva, odstrante nadoby na nebaleny material ER1 a ER2
a uskladnite ich pri teplote +2 aZ +8 °C. Pozrite si tiez ¢ast 2.2.7 Priehradka na nadoby na
nebaleny material.

2 Stlacenim tlacidiel Load/Unload (Vlozit/vybrat) na module spracovania odomknite podnosy na sklicka a
vyberte ich.

3 Odstrante krycie sklicka Covertile a vygistite ich (12.3 krycie sklicka Covertile).

‘ Pocas cCistenia krycich sklicok Covertile nenechavajte sklicka v podnosoch.

4 Vyberte sklicka.

5 Vydistite v3etky vyliate tekutiny alebo stopy na zostavach na farbenie skli¢ok (12.4 Zostava na farbenie
sklicok), na inych ¢astiach modulu spracovania alebo na podnosoch na podlozné sklicka alebo reagencie.

1.4.1.8 Hydratacia pri pouzivani systému BOND-MAX a BOND-IlI

Po dokonceni procesu farbenia budu sklicka hydratované, kym ich neodstranite. V pripade systému BOND-MAX a
BOND-III budu sklicka na podnose na sklicka pravidelne hydratované Specifikovanou hydratacnou tekutinou, kym
nebudu podnosy na sklicka zdvihnuté. Po zdvihnuti podnosu na sklicka sa uistite, Ze ste podnosy okamzite vybrali z
modulu spracovania.
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1.4.2  BOND-PRIME

Podrobné informécie najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému BOND-PRIME.

1.4.2.1 PocCiatocné kontroly a uvedenie do prevadzky

1 Zapnite riadiace zariadenie (a terminal pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta BOND.
2 Skontrolujte, i znaCkovac sklicok obsahuje Stitky a tlacovu pasku a Ci je zapnuty.
3 Inicializujte modul spracovania BOND-PRIME a prihldste sa.

4 Dokoncite vSetky ulohy poradia opatrenti, ktoré ukazuju, Ze akcia sa vyzaduje ,Co najskor” alebo ,teraz”.

1.4.2.2 Konfiguracia reagencii

1V pripade potreby vytvorte v systéme reagencie (8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie).

2 Registrujte nddoby na reagencie (8.3.3 Registracia reagencii a systémov reagencif).

1.4.2.3 Konfiguracia protokolov

1V pripade potreby vytvorte nové protokoly (7.3 Vytvorenie novych protokolov).

1.4.2.4 Konfiguracia sklicok
1 Vytvorte pripady v softvéri (6.3.3 Pridanie pripadu).
2 Vytvorte sklicka v softvéri (6.5.2 Vytvorenie sklicka).

3 Vytladte Stitky sklicok a nalepte ich na sklicka (6.6.1 Tlac Stitkov a nalepenie na sklicka).

1.4.2.5 Namodule spracovania BOND-PRIME:

1 Vlozte podnos na reagencie a podnos detekného systému.
2 Vlozte sklicka do zasuvky na predbezné vlozZenie.

3 Sklicka sa potom naskenuju, presunu zo zasuvky a automaticky spracuju.

1.4.2.6 Hydratacia pri pouzivani systému BOND-PRIME

Po dokonceni procesu farbenia budu sklicka hydratované, kym ich neodstranite. V pripade systému BOND-PRIME sa
sklitka prenesu do zasuvky na vykladanie, kde budud hydratované v zasuvke s deionizovanou vodou, kym sa sklicka
nevyberu.
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@ Informdcie o hardvéri modulu spracovania BOND-PRIME ndjdete v samostatnej pouzivatel'skej
prirucke systému BOND-PRIME.

Cielom tejto Casti je poskytnut vam tieto informdcie:
 nazvy Casti zariadenia v systéme BOND,
« funkcie tychto poloziek a ako suvisia so systémom ako celkom,
 kde ndjdete dalSie informécie, napriklad prevadzkové postupy a postupy udrzby tykajuce sa zariadenia.

Detaily 0 nastaveni a pripojeni komponentov nie st sucastou opisov hardvéru, pretoze systém by sa mal nastavit a

otestovat pre vés. Ak potrebujete vymenit alebo znovu pripojit komponenty, detaily st uvedené v ¢asti 12 Cistenie a
Udrzba (len BOND-IIl a BOND-MAX).

Ak je to vhodné, informdacie o0 moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX su rozdelené do samostatnych sekcii, aby
ste rychlejSie nasli relevantné informécie.

Pozrite si sekcie:
e 2.1 Systém BOND
e 2.2 Moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX
» 2.3 Riadiace zariadenie a terminaly BOND
e 2.4 Rucna citacka Ciarovych kodov
e 2.5 7Znackovac sklicok
e 2.6 Pomocné vybavenie
e 2.7 Premiestnenie modulu spracovania

» 2.8 Vyradenie z prevadzky a likviddcia pristroja
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2.1 System BOND

Systém BOND pozostdva z nasledujucich hlavnych komponentov:
« jeden alebo viac modulov spracovania (pozrite si ¢ast 2.2 Moduly spracovania BOND-|Il a BOND-MAX),

Informéacie o module spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému BOND-
PRIME.

« riadiace zariadenie BOND alebo riadiace zariadenie BOND-ADVANCE (pozrite si ¢ast 2.3 Riadiace zariadenie a
termindly BOND),

Instalacie BOND-ADVANCE maju terminaly aj riadiace zariadenie a méZu obsahovat sekundarne (zélozné)
riadiace zariadenie,

* jednu alebo viac ruénych ¢itaciek ¢iarovych kddov (pozrite si ¢ast 2.4 Rucna citacka ciarovych kodov),
« jednu alebo viac tlaciarni oznaceni skliGok (pozrite si éast 2.5 Znackovac sklicok).
Kazdy novy modul spracovania BOND-III alebo BOND-MAX sa dodava s:
« 4 podnosmi na sklicka (pozrite si ¢ast 2.6.2.1 Podnosy na sklicka),
4 podnosmi na reagencie (pozrite si ¢ast 2.6.2.2 Podnosy na reagencie),
1 zmieSavacou stanicou (pozrite si ¢ast 2.2.9 Premyvaci blok a zmiesavacia stanica),
 1klicom s vnatornym Sesthranom na vymenu pumpy injekénych striekaciek,
* 1 ethernetovym kablom.
Pre moduly spracovania BOND-IIl alebo BOND-MAX budete tieZ potrebovat:
« krycie sklicka Covertile (pozrite si ¢ast 2.6.2 Krycie sklicka BOND Universal Covertiles),

 detekcné systémy BOND a hotové reagencie alebo koncentraty BOND a/alebo otvorené nadoby na reagencie
(pozrite si ¢ast 2.6.3 Systémy a nadoby na reagencie),

Informécie o prisluSenstve doddvanom s modulom spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej
prirucke systému BOND-PRIME.

UpIny a aktudlny zoznam spotrebného materidlu a nahradnych dielov si pozrite na www.leicabiosystems.com.

Pozrite si tieZ Cast 3.1 Architektira systému.
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2.1.17  Doplnkove produkty BOND

Doplnkové produktov BOND st navrhnuté osobitne pre systém BOND a ich pouZitie pomaha zaistit optimalne vysledky
farbenia. Pouzitie doplnkovych produktov BOND tiez pomaha udrziavat modul spracovania v dobrom stave a
predchéddzat poskodeniu.

‘ Na systéme BOND by sa mali vZdy pouzivat nasledujlce produkty a nikdy sa nemaju nahradzat inymi
produktmi:

Pomocné reagencie

» Premyvaci roztok BOND alebo BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
« Roztok na ziskavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 a 2)
» Roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution

Spotrebny material BOND-III alebo BOND-MAX
« Sklicka BOND Plus a Apex BOND (alebo sklenené sklicka vyhovujice Specifikdciam uvedenym v éasti
2.6.1 Sklicka)
* Krycie sklicka BOND Universal Covertiles
« Otvorené nadoby BOND (7ml a 30ml)
« Titracné nadoby a viozky BOND (6ml)
» ZmieSavacia flasticka BOND
» Suprava BOND Slide Label and Printer Ribbon

Spotrebny material BOND-PRIME

« Sklicka BOND Plus a Apex BOND (alebo sklenené sklicka vyhovujdce Specifikacidam uvedenym v éasti
2.6.1 Sklicka)

e Otvorené nadoby BOND (7ml a 30ml)

« Titratné nadoby a viozky BOND (6ml)

¢ BOND-PRIME Suction Cups (Prisavky BOND-PRIME)

» Suprava BOND Slide Label and Printer Ribbon

« BOND-PRIME ARC Refresh Kit (Obnovovacia stprava ARC BOND-PRIME) (obsahuije krycie sklitka ARC
Covertiles a Mixing Well Plate (dosku so zmieSavacimi jamkami))
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2.2 Moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX

Modul spracovania (PM) je platforma farbenia systému BOND. Systém BOND s jednou stanicou méze mat az 5
modulov spracovania a systém BOND-ADVANCE ich méZe mat az 30 v akejkolvek kombindcii typov modulov
spracovania.

umiestneny tak, aby pracovnici mohli lahko odpojit sietovy kdbel bez toho, aby museli pohybovat

é VYSTRAHA: Modul spracovania musi byt pripojeny k uzemnenej sietovej zésuvke a musf byt
modulom spracovania.

e 2.2.1 Hlavné komponenty

e 2.2.2 Inicializacia modulu spracovania

e 2.2.3Veko

e 2.2.4Hlavny robot a snimac identifikatorov

e 2.2.5Z7ostavy na farbenie sklicok

e 2.2.6 Predny kryt

e 2.2.7 Priehradka na nadoby na nebaleny material
e 2.2.8 Nasavacia sonda

e 2.2.9 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica
 2.2.10 Roboty na nebalenu tekutinu (iba BOND-III)
e 2.2.11 Injekcné striekacky

e 2.2.12 Vypinac

e 2.2.13 Zadny kryt

2.2.1  Hlavné komponenty

Pozrite si hlavné komponenty systému BOND-III a BOND-MAX:
e 2.2.1.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1  BOND-III

Nasledujuce fotografie zobrazuju komponenty hlavného modulu spracovania pre systém BOND-III. Je zobrazeny
aktualny model - starSie modely sa liSia vzhladom, ale hlavné komponenty su rovnaké.

Opis zadného krytu je uvedeny v Casti 2.2.13 Zadny kryt.

Obrédzok 2-1: Pohlad spredu na predchddzajuci (viavo) a aktudlny (vpravo) BOND-III modul spracovania

Legenda
1 Veko 3 Predny kryt
2.2.3 Veko 2.2.6 Predny kryt
2 Hlavné robotické rameno 4 Priehradka na nddoby na nebaleny material
2.2.4 Hlavny robot a snimac identifikatorov 2.2.7 Priehradka na nadoby na nebaleny material
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Obrazok 2-2: Predna strana modulu spracovania BOND-II

Legenda
5 Roboty na nebalenu tekutinu 7 Injekéné striekacky
2.2.10 Roboty na nebalend tekutinu (iba BOND-III) 2.2.11 Injekené striekacky
6 Zostavy na farbenie skli¢ok 8 Platforma reagencii
2.2.5 Zostavy na farbenie sklicok 2.2.6.5 Platforma reagencii
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2.2.1.2  BOND-MAX

Nasledujuce fotografie zobrazuju hlavné komponenty modulu spracovania BOND-MAX. Je zobrazeny aktudlny model
- starSie modely sa liSia vzhladom, ale hlavné komponenty su rovnaké.

Obrazok 2-3: Pohlad spredu na modul spracovania BOND-MAX

Legenda
1 Veko 4 Predny kryt
2.2.3 Veko 2.2.6 Predny kryt
2 Rameno robota 5 Priehradka na nddoby na nebaleny materiél
2.2.4 Hlavny robot a snimac identifikatorov 2.2.7 Priehradka na nadoby na nebaleny material

3 Zostavy na farbenie skli¢ok
2.2.5 Zostavy na farbenie sklicok
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Obrazok 2-4: Modul spracovania BOND-MAX pri pohlade z pravej strany

Legenda
6 Vypinat 9 Platforma reagencii
2.2.12 Vypinac 2.2.6.5 Platforma reagencii
7 Nasévacia sonda 10 Injek&nd striekacka (pozrite si Sast nizSie)
2.2.8 Nasavacia sonda 2.2.17 Injekené striekacky

8 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica
2.2.9 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

Opis zadného krytu je uvedeny v ¢asti 2.2.13 Zadny kryt.

Obrazok 2-5: Injek¢nad striekacka za dverami na pantoch
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2.2.2  Inicializacia modulu spracovania

Ked zapnete modul spracovania, systém BOND vykona interné kontroly, aktivuje fluidicky systém a premiestni roboty
do ich vychodiskovej polohy. Hlavny robot sa presunie do avého zadného rohu modulu spracovania a tri roboty na
nebalenu tekutinu (iba BOND-II) sa presunie do zadnej ¢asti modulu spracovania.

Zostavy na farbenie sklicok sa inicializuju a vratia do svojej odomknutej polohy. Proces inicializacie sa zastavi, ak sa
zisti chyba alebo ak je modul v stave nevhodnom na spracovanie.

Pred pokusom o inicializaciu modulu spracovania skontrolujte nasledujtce polozky:
* veko je zatvoreng,
 Predné dvere su zatvorené (iba BOND-MAX)
» nadoby na nebaleny odpad su plné menej ako do polovice,
» Nadoby na nebalené reagencie obsahuju adekvatne reagencie
 zmieSavacia stanica je na svojom mieste,
« injekcné liekovky na zmieSavaciu stanicu su prazdne a Cisté.
« horné dosky zostdv na farbenie skli¢ok (SSA) su v uzavretej polohe.

Kontrolka LED napdjania na prednej strane modulu spracovania sa zmeni na zelenu a softvér BOND oznacCuje, Ze je
modul pripojeny. Po dokonceni inicializacie sa na karte modulu spracovania zobrazi ikona troch podnosov na sklicka
(pozrite si ¢ast 5.1.1 Karty modulu spracovania). Nepokusajte sa pouzivat modul spracovania, kym nebude tplne
inicializovany.

2.2.3  Veko

Veko je navrhnuté tak, aby sa pocas prevadzky uzavrelo, a je chranené zamkami.

VYSTRAHA: Pri zatvérani veka modulu spracovania bud'te opatrni a uistite sa, ze méte Gisté ruky, aby
nedoslo k zraneniu.

VYSTRAHA: Pocas prevéadzky sa hlavny robot, nasavacia sonda a roboty na nebalenu tekutinu (iba
BOND-IIl) méZu pohybovat bez varovania a rychlostou, ktord moze spdsobit zranenie.
Nepokusajte sa otvorit veko modulu spracovania, ked prebieha cyklus.

NepokUsajte sa obist blokovanie, ktoré bréni ¢innosti modulu spracovania, ked je veko otvorené.

VYSTRAHA: Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalenu tekutinu nadalej fungujd dihsie ako priblizne
5 sekind po otvoreni veka modulu spracovania, okamZite sa obratte na oddelenie podpory
zakaznika.
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2.2.4  Hlavny robot a snimac identifikatorov

Hlavny robot umiestni nasavaciu sondu tak, aby nasavala a davkovala reagencie. Rameno robota drzi snimac
identifikatorov, ktory sa pouziva na identifikdciu podloznych skli¢ok a reagencii vioZzenych do modulu spracovania.

Obrazok 2-6: Fotografia hlavného robota so snimacom identifikatorov oznacenym Sipkou

maoZze vyrovnat, €o md za nasledok zIé farbenie.

Ak bol robot presunuty: vypnite modul spracovania, pockajte 30 sekund a potom ho znovu

ﬁ VYSTRAHA: Pokial je modul spracovania zapnuty, nepohybujte hlavnym ramenom robota. Robot sa
inicializujte.

V pripade skli¢ok systém BOND naskenuje kazdy $titok sklicka na Gcely identifikécie (pozrite si Gast
5.1.5.1 Automaticka identifikdcia sklicok).

 Okno snimaca identifikatorov by sa malo pravidelne ¢istit.
Pokyny si pozrite v Casti 12.9 Snimac identifikatorov.

Ak je nasavacia sonda zlomena alebo ohnutd, obratte sa na podporu zékaznika.

2.2.5  Zostavy na farbenie sklicok

VYSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie skli¢ok a ich okolim. MoZu byt velmi
hortce a sposobit vazne popdleniny. Po ukondéeni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie skli¢ok a ich
okolie vychladnut dvadsat mindt.
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/> VYSTRAHA: Potencidlne nebezpecné reagencie sa mozu zhromazdovat okolo zostév na farbenie
_g‘_i, sklicok a kontaminovat podnosy na skli¢ka. Pri manipulécii s podnosmi na sklicka vzdy pouZivajte
schvaleny ochranny odev a rukavice.

Sklicka sa spracuvaju v zostavach na farbenie sklicok. Kazdy modul spracovania obsahuje tri zostavy na farbenie
sklicok.

Ak chcete zacat s prevadzkou, operator vloZi podnos na sklicka cez predny kryt (opisany v ¢asti 2.2.6 Predny kryt) a
potom stlaci tlacidlo Load (VIoZit). Systém BOND zaznamend snimky sklicok. Ak st sklicka kompatibilné (pozrite si
Cast 6.9 Kompatibilita sklicok) a vietky reagencie sd pritomné, pouzivatel potom moze spustit cyklus. DalSie
informécie o zaddvani podrobnosti o sklicku a nacitavani skliGok najdete v ¢asti 6 Nastavenie sklicka (na riadiacom
zariadeni BOND).

Pred zaGatim spracovania systém BOND zaisti sklicka do zostavy na farbenie sklicok. Ak potrebujete odstranit
podnos na sklicka, kym systém BOND spracovdva sklicka, musite najprv cyklus opustit. Kliknite na polozku [ =

pod podnosom obrazovke System status (Stav systému) (pozrite si ¢ast 5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu) a
potom odomknite zostavu na farbenie sklicok.

Informécie o Cisteni a beznej Udrzbe zostavy na farbenie skliCok si pozrite v asti 12.4 Zostava na farbenie sklicok.
Ohrievace zostav na farbenie sklicok

VYSTRAHA: Ohrievace a vyhrievané povrchy na module spracovania mozu predstavovat
nebezpecenstvo zapalenia:

 Na ohrievace ani blizko nich nekladte horlavé materialy.
» Na modul spracovania nekladte horlavé materialy.

» Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material
riadne uzavreté.

» Neumiestriujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

» Podoplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material

if VYSTRAHA: Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX sd horlavé:
riadne uzavrete.

Moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX maju ohrievacie teleso v kazdej polohe sklicka. Kazdy z tychto prvkov sa
nezavisle monitoruje a v pripade chyby teploty sa 0znaéi ako chybny (pozrite si Obrazok 2-7). Ak je indikovany chybny
ohrievac, obrétte sa na oddelenie podpory zdkaznika.

Obrézok 2-7: Individualna chyba ohrievaca

-J

€5
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Mali by ste sa pokusit spustit skli¢ko, ktoré vyZaduje zahrievanie v polohe oznacenej ako chybna. Ak ohrievanie
nefunguje pocas cyklu, potom sa sklicko v tejto polohe nemusi spravne spracovat.

Ak porucha ohrievaca predstavuje potencialne bezpecnostné riziko, modul spracovania vypne vSetky ohrievace
skliCok vratane ohrievaca akéhokolvek sklicka s regulovanou teplotou, ktoré sa prave spracuva.

Obrazok 2-8: Sivé symboly ohrievaca v kazdej polohe oznaCuju UpIné vypnutie vyhrievania

1 )
= =
= =

),
= =

Po vypnuti vyhrievania skli¢ok musite vypnut a restartovat modul spracovania, aby ste vycistili zamok ohrievaca.
Polohy skli¢ok mozete nadalej pouzivat s chybnymi ohrievaémi, pokial skli¢ka, ktoré sa tam spracovavaju, nevyzaduju
zahrievanie.

2.2.6  Predny kryt

Nasledujuce obrazky znazormuju predné kryty systému BOND-IIl a BOND-MAX.

Obrazok 2-9: Predny kryt BOND-II
—_— &

BOND-[II

Legenda

1 Predny kryt 4 Platforma reagencii
2.2.6.1 Kontrolka LED napdjania

2 Prie€inok na podnos na skli¢ka
2.2.6.2 Priecinok na podnos na sklicka

2.2.6.5 Platforma reagencif

5 Kontrolka LED podnosu na reagencie
Kontrolka LED podnosu na reagencie

6 Tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat)
2.2.6.4 Tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat)

3 Kontrolka LED podnosu na sklicka
2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklicka
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Obrazok 2-10: Predny kryt BOND-MAX

Legenda
1 Predny kryt 4 Platforma reagencii
2.2.6.1 Kontrolka LED napdjania 2.2.6.5 Platforma reagencii
2 Prie€inok na podnos na sklicka 5 Kontrolka LED podnosu na reagencie
2.2.6.2 Priecinok na podnos na sklicka Kontrolka LED podnosu na reagencie
3 Kontrolka LED podnosu na sklitka 6 Tlagidlo Load/Unload (VloZit/vybrat)
2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklicka 2.2.6.4 Tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat)

2.2.6.1 Kontrolka LED napajania

Funguije takto:
* Vypnuta - bez napdjania,

 Modrd (aktualny model) alebo oranzové (predchadzajice modely) - zapnutie, ale softvér modulu spracovania
sa eSte nespustil,

o Zelend - zapnuta, systém je v prevadzke.

Obrazok 2-11: Farby kontroliek LED napéjania (modrd, zelend) na module BOND-MAX spracovania

2.2.6.2  Priecinok na podnos na sklicka

Existuju tri sekcie (jedna pre kazdu zostavu na farbenie skli¢ok), do ktorych su vioZené podnosy na sklicka. Po vloZeni
podnosu na sklicka stlaéte tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat) a zaistite ho v zostave na farbenie sklicok. Ked je
podnos uzamknuty, rameno robota presunie snimac identifikatorov ponad sklicka v podnose, aby sa sklicka
automaticky identifikovali.
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2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklicka

Viacfarebné kontrolky LED na prednom kryte pod kazdou zostavou na farbenie sklicok oznaCuju stav podnosu na
sklicka. Na moduloch spracovania BOND-MAX su kontrolky LED podnosu na sklicka zaclenené do tlacidiel
Load/Unload (VloZit/vybrat). Na tychto moduloch spracovania sa kontrolka LED na niekol'ko sekind po stlaéeni zmeni
na modrd.

Farebné kontrolky LED zostavy na farbenie skli¢ok su nasledujice:

Vypnutd - nie je pritomny ziadny podnos na sklicka alebo je podnos na sklicka odomknuty.
NepreruSovand oranzova - podnos je vlozeny a zablokovany, ale spracovanie sa nezacalo.
Podnos sa da bezpecne odomknut a vybrat pomocou tlagidla Load/Unload (VloZit/vybrat).
NepreruSovand ¢ervend — sklicka v podnose sa spracuvaju.

Podnos je odomknuty a nemozno ho odomknuit pomocou tladidla Load/Unload (VloZit/vybrat). Na vyloZenie
musite najskor prerusit spustanie softvéru.

Blik4 na zeleno - spracovanie skoncilo bez upozorneni. 0domknite tlacidlom Load/Unload (VloZit/vybrat).

Blika na Cerveno — cyklus bol zamietnuty alebo bolo spracovanie ukoncené s oznameniami. Odomknite
tlacidlom Load/Unload (VloZit/vybrat).

Obrézok 2-12: Farby kontroliek LED podnosu na sklicka (oranZova, Cervena, zelend) na module spracovania
BOND-MAX

2.2.6.4 Tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat)

Stlacenim tlacidla Load/Unload (Vlozit/vybrat) sa vykonavaju nasledujlce ¢innosti:

Ak zasobnik nie je vloZeny, ni¢ sa nestane.

Ak je podnos vlozeny a nie je zablokovany, systém BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a ak je
dostupné rameno robota, snimac identifikatorov identifikuje identifikatory sklicka.

Ak je podnos uzamknuty a cyklus sa nezacal, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.
Ak je podnos uzamknuty a cyklus sa dokoncil, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.

Ak je podnos uzamknuty a prebieha cyklus, tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat) nema Ziadny G¢inok. Podnos
nie je mozné odomknut, kym nedojde k ukonceniu alebo opusteniu cyklu pomocou tohto podnosu.

Ak je zostava na farbenie sklicok hortica, nemozete blokovat ani odomknut podnos — pockajte, kym zostava
nevychladne.
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2.2.6.5 Platforma reagencii

Na tomto mieste su umiestnené podnosy na reagencie, ktoré obsahuju detekcné systémy, 7ml a 30ml nadoby na
reagencie a/alebo 6ml titracné nadoby. Do kaZzdého zasobnika sa zmesti aZ devat reagencif a na platformu reagencif
mozno vloZit aZ Styri podnosy na reagencie.

Ak chcete naplnit podnos na reagencie, posunte podnos na platformu a do blokovacieho mechanizmu (pozrite si ¢ast
4.1.4 Vkladanie reagencii). Ked je k dispozicii rameno robota, systém BOND identifikuje reagencie v kaZdej polohe
reagencie.

Kontrolka LED podnosu na reagencie
Pod kazdou poziciou podnosu sa nachadza dvojfarebna kontrolka LED, ktora funguije takto:
* Vypnut4 - podnos nebol detegovany.
Ak je podnos vlozeny a kontrolka LED nesvieti, skontrolujte, ¢i je podnos spravne vlozeny;
» NepreruSovand ervend - v priebehu nasledujucich dvoch minut sa vyzaduje reagencia na podnose.
Podnos je zablokovany a neda sa vybrat.

» NepreruSovana zelend - v priebehu nasledujucich dvoch minut nie je na tomto podnose potrebna Ziadne
reagencia.

Podnos je odomknuty a moze sa do¢asne vybrat.

Obrézok 2-13: Farby kontroliek LED podnosu na reagencie (Cervend, zelend) na module spracovania BOND-MAX

2.2.7  Priehradka na nadoby na nebaleny material

Nadoby na reagencie a odpad sa nachadzaju pod prednym krytom v systéme BOND-III aj BOND-MAX. Systém
BOND-MAX ma tiez externt nadobu na Standardny odpad.

Pokyny na plnenie, vyprazdnovanie a udrzbu nadob na nebaleny materidl si pozrite v ¢asti 12.2 Nadoby na nebaleny
material.

nebalené reagencie do jeho spravnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne oznacenych
Stitkoch s nazvom.

Pre systém BOND-III si pozrite Obrazok 2-14; pre systém BOND-MAX si pozrite Obrazok 2-16.

ﬁ VYSTRAHA: Aby ste zabezpetili sprévnu prevadzku modulu spracovania, viozte kazdu nadobu na
V opacnom pripade moze dojst k ohrozeniu farbenia.
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VYSTRAHA: Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-II a BOND-MAX sd horlavé:
» Neumiestiujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

» Podoplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material
riadne uzavreté.

e 2.2.7.1 BOND-IlI
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Predchddzajuci systém BOND-IIl ma dve priehladné dvere skrinky, ktoré umoznuju ahky pristup ku vSetkym nadobam
na nebaleny material. Pri otvarani drzte kolajniCku na vrchu dveri.

VSetok odpad zo zostav na farbenie sklicok sa cerpa do nadoby na nebezpecny odpad. Odpad z premyvacieho bloku
sa cerpd do nddob na Standardny alebo nebezpecny odpad v zavislosti od stavu reagencie v odpade (ak je to vhodné,
musite nastavit vase vytvorené reagencie ako nebezpecné - pozrite si ¢ast 8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie).

Snimace hmotnosti pre kazdu nebalenu reagenciu a nadobu na odpad upozornuju pouzivatela, ked je hladina
reagencie nizka alebo je Uroven odpadu prili§ vysoka. Stav kazdej nadoby na nebaleny material je vizudlne
signalizovany Systém osvetlenia nadob na nebaleny materidl (BOND-III) (Sekcia na strane 53). Upozorfiujeme, Ze
tymto systémom nie je vybaveny predchddzajuci systém BOND-III. M6Zete namiesto toho pouZit ikony na obrazovke
(pozrite si ¢ast 5.1.3.6 Stav nddoby na nebaleny material).

Systém BOND-IIl ma priestor pre nasledujuce nadoby v poliach uvedenych na Obrazok 2-14 zlava doprava:

|-)

Vrchnapolica Fialova Roztok BOND Epitope Retrieval
Solution 1*
9 ER2 2 Svetlo Roztok BOND Epitope Retrieval
fialova Solution 2*
1 Roztok na Dolné polica 5 Cervend Roztok BOND Dewax Solution*
odvoskovanie
2 Deionizovana voda 5 Modra Deionizovana voda
3 Premyvaci pufer 5 Zelena Roztok BOND Wash Solution*
4 Etanol 5 Oranzové Etanol (reagencného stupna)
5 Nebaleny odpad 5 Siva Standardny odpad
6 Nebaleny odpad 5 Siva Standardny odpad
7 Nebezpecny odpad 5 Hneda Nebezpecny odpad

* Pouzivajte iba reagencie BOND - nenahradzajte ich inymi produktmi.
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Ak vase laboratérium nepouziva nadoby na reagencie na ziskavanie epitopov a/alebo na odvoskovanie, je mozné ich v
klientovi spravy deaktivovat - pozrite si ¢ast 10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie.

Obrazok 2-14: Nddoby na nebalené reagencie BOND-IIl na svojom mieste

Uistite sa, Ze sa farba
Stitku kazdej nadoby
na nebaleny material a
farba uzaveru a
vytlaceny popis
zhoduju so Stitkom na
dutine pristroja hned
pod nadobou.
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Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III)

Moduly spracovania BOND-III su vybavené systémom osvetlenia nadob na nebaleny material, ako to znazorfiuje
Obrazok 2-15 nizSie.

Obrdzok 2-15: Systém osvetlenia nadob na nebaleny materidl

.

Systém osvetlenia nddob na nebaleny material umoznuje vidiet hladinu kvapaliny v kazdom podnose a svetla maju
poCas normalnej prevadzky nepreruSovanu bielu farbu.

Svetld tiez oznaCuju aktualny stav kazdej nadoby na nebaleny material:

» Ak je nadoba na nebaleny materidl takmer prazdna alebo je nadoba na odpad takmer pIng, jej biele svetlo
blika.

» Ak je nadoba na nebaleny materidl prazdna alebo je nadoba na odpad ping, Co ma vplyv na aktualny chod, jej
osvetlenie svieti nacerveno.

» Ked sa nadoba na nebaleny material vyberie, jej podsvietenie sa vypne a jej osvetlenie Stitka v priehradke
modulu spracovania blika bielou farbou.

Systém osvetlenia nddob na nebaleny materidl bude fungovat iba so softvérom BOND 6.0 alebo
novsim.
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Pozrite sitieZ Gast 5.1.3.6 Stav nadoby na nebaleny material, kde néjdete Udaje o tom, ako st nadoby na nebaleny
materidl zndzornené na obrazovke Systems status (Stavov systému).

2.2.7.2  BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jediné dvere, ktoré otvaraju smerom nadol na pristup k nadobam na nebaleny material. Dvere
maju priehladny panel, ktory vdm umoZiuje zobrazit hladiny reagencii v nddobach na nebaleny material (ktoré su tiez
priehladné).

Dvere su drZané magnetickymi zapadkami. Ak chcete otvorit dvere na predchddzajicich moduloch spracovania (bez
rukovati), potiahnite za hornt éast kazdej strany dveri.

dvere otvorené, na stavovej obrazovke systému sa objavi indikdcia s upozornenim (pozrite si ¢ast

‘ Dvere priehradky na nadoby na nebaleny material musia zostat pocas farbenia zatvorené. Ak s(
5.1.2 Stav hardvéru) a akékolvek sucasné cykly sa mozu pozastavit.

Odpad z modulu spracovania sa Cerpa do nadob na Standardny alebo nebezpecny odpad v zavislosti od stavu
reagencie v odpade (ak je to vhodné, musite nastavit vase vytvorené reagencie ako nebezpecné - pozrite si éast
8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie).

Nadoby na nebalené reagencie BOND-MAX maju snimace hladiny kvapaliny, ktoré upozoriuju na nizku hladinu
reagencie. Nadoby na odpad tiez obsahuju snimace hladiny kvapaliny, ktoré upozornia na prilis vysoku uroven
odpadu. Pozrite si 8ast 12.2 Nadoby na nebaleny material, kde néjdete pokyny tykajdce sa dopifiania a
vyprazdrovania.

Systém BOND-MAX ma priestor pre nasledujuce nadoby v poradi zlava doprava:

Nebezpecny odpad Hneda Nebezpecny odpad
2 ER1 1 Fialova BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Svetlo fialovda  BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Roztok na 2 Cervend BOND Dewax Solution*

odvoskovanie

5 Deionizovand voda 2 Modra Deionizovana voda
6 Premyvaci pufer 2 Zelend BOND Wash Solution*
7 Etanol 2 Oranzovd Etanol (reagencného stupna)

*Pouzivajte iba reagencie BOND — nenahradzajte ich inymi produktmi.

Nadoby na ziskavanie epitopov a/alebo nadoby na reagencie na odvoskovanie sa m6zu z modulu spracovania
odstranit, ak sa nepouzivaju — pozrite si ¢ast 10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie.
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Obrazok 2-16: Nebalené reagencie BOND-MAX na svojom mieste

Uistite sa, Ze sa farba stitku kazdej nadoby na nebaleny material a
vytlaceny popis zhoduju so stitkom na dutine modulu spracovania hned

Nadoba na externy odpad

Suc¢astou balenia je devatlitrova externa nddoba na $tandardny odpad BOND-MAX. Kontajnery doddvané s modulmi
spracovania pred aktualnym modelom maju pripojenia kvapalinového a hladinového snimaca v jednom uzavere
nadoby, ktory sa pouziva na vyprazdnenie nadoby. Nadoby dodavané s aktualnym modelom BOND-MAX maju dva

uzavery — jeden pre konektory a druhy pre vyprazdiovanie odpadu. Nikdy neodstranujte uzaver konektora z tychto
nadob.

Dodavana nadoba ma dva uzavery — jeden pre konektory a druhy pre vyprazdiovanie odpadu. Nikdy neodstranujte
kryt konektora z tejto nadoby.

Obrézok 2-17: Nadoba na externy odpad BOND-MAX

1 3

Legenda

1 Konektor snimaca
2 Kvapalinovy konektor

3 Otvor na vyprazdnenie nddoby

Hadicky na kvapaliny sa pripajaju k zasuvnému konektoru v pravom dolnom rohu zadného krytu modulu spracovania.
Snimac hladiny kvapaliny sa pripaja k trojkolikovému konektoru v lavej hornej ¢asti zadného krytu (pozrite si Obrazok
2-25).
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Pozrite si ¢ast 12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX), kde najdete pokyny na vyprazdiovanie a Udrzbu
externej nadoby.

POZOR: Pred vyprazdnenim nadoby na externy odpad vZdy odpojte konektory snimaca a kvapaliny (v
tomto poradi). Nepokusajte sa naliat tekutinu z nadoby, ked su kabel a hadicka stale pripojené.

VYSTRAHA: Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii
su nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, ze ste absolvovali primerané Skolenie pre tento
postup:

1 Primanipulacii s reagenciami alebo Cisteni modulu spracovania pouzivajte latexoveé alebo

nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

2 Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v sulade so vSetkymi prisluSnymi
postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

VYSTRAHA: Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX sd horlavé:
» Neumiestiiujte plamer ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

» Podoplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material
riadne uzavreté.
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2.2.8 Nasavacia sonda

Nasdvacia sonda nasava reagencie z nadob, dodava reagencie na podlozné sklicka v zostavach na farbenie sklicok a
zmieSava chromogény v zmieSavacej stanici. Obsahuje snimac hladiny kvapaliny na detekciu hladiny reagencie
(pozrite si ¢ast 8.3.1 Stanovenie objemu reagencie).

Obrdzok 2-18: Nasavacia sonda v ramene robota

ﬁ

V kazdej nadobe je zvyskovy objem, ktory sonda nedokaZe dosiahnut. Tento objem sa oznaduje ako ,mrtvy objem".
Mrtvy objem je odliSny pre kaZdy typ nadoby (pozrite si ¢ast 18.5 Prevadzkové Specifikacie v kapitole 18 Technické
Udaje, kde sa uvadzaju hodnoty mrtveho objemu).

Pozrite si ¢ast 12.6 Nasdvacia sonda pre pokyny na UdrZbu nasavacej sondy.
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2.2.9  Premyvaciblok a zmiesavacia stanica

Obrézok 2-19: Premyvaci blok s vloZzenou zmieSavacou stanicou

I

Oblast na umyvanie na lavej strane obsahuje malé otvory na umyvanie nasdvacej sondy.

Legenda

) 1 Premyvacia oblast

2 ZmieSavacia
stanica

Pravéa ¢ast premyvacieho bloku obsahuje zmie$avaciu stanicu, ktord pozostdva zo Siestich dutin. Ide o zmieSavacie
flasticky na reagencie s kratkou Zivotnostou, ktoré sa musia zmieSat bezprostredne pred pouzitim. MieSanie
reagencif je urcené softvérom v zavislosti od typu reagencie.

@ Softvér BOND sleduje stav zmieSavacej stanice a neinicializuje systém BOND-III alebo BOND-MAX, ak
je sledovany stav stanice iny ako Cisty a prazdny (pozrite si ¢ast 5.1.2 Stav hardvéru). Ak si pocas

inicializacie vSimnete, Ze je zmieSavacia stanica zneCistena alebo obsahuje tekutinu, pred kliknutim
na tlacidlo OK v dial6govom okne s 0znamenim zabezpecte, aby bola Cista a prazdna. Ak budete
pokracovat so Spinavou a/alebo neprézdnou zmieSavacou stanicou, mézu sa kontaminovat
reagencie alebo by mohlo déjst k preteceniu zmieSavacich flasticiek.

@ Pocas inicializacie systém BOND naskenuje Stitok na zmieSavacej stanici na overenie Ci je pritomna.
Ak softvér BOND nedokaze zistit tento identifikator, potom sa zobrazi sprava s vyzvou na potvrdenie,

Ze je k dispozicii zmieSavacia stanica.

Pozrite si ¢ast 12.7 Premyvaci blok a zmiesavacia stanica, kde najdete pokyny na UdrZbu zmie$avacej stanice.
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2.2.10  Roboty na nebalenu tekutinu (iba BOND-II)

Obrazok 2-20: Robot na nebalenu tekutinu BOND-III (1) sa pohybuje pozdiz vodiacej kolajnice (2) na kazdej zostave
na farbenie sklicok.

VYSTRAHA: Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalenu tekutinu nadalej funguju dihsie ako 5 sekdnd
po otvorenf veka modulu spracovania, okamZite sa obréatte na oddelenie podpory zakaznika.

Modul spracovania BOND-IIl m4 tri roboty na nebalent tekutinu, ktoré sa pohybujd pozdiz vodiacej kol'ajnice na kazdej
zostave na farbenie sklicok a davkuju reagencie na vsetky pritomné sklicka. Roboty dodévaju iba nebalené reagencie,
zatial Co nasavacia sonda davkuje reagencie z platformy nadob na reagencie a niektorych nebalenych reagencii.
Kazdy robot na nebalenu tekutinu ma premyvaci blok na preplachnutie a vycCistenie davkovacej sondy.

2.2.10.17 Manualne vratenie robota na nebalent tekutinu do vychodiskovej
polohy

Ak robot na nebalend tekutinu prestane fungovat a je umiestneny pozdiz zostavy na farbenie skli¢ok, stlagenim
tlacidla Load/Unload (VloZit/vybrat) ho vratte do pévodnej polohy. Ak zostane na zostave na farbenie skli¢ok,
vykonajte nasledujuce kroky, aby ste ho ru¢ne vratili do vychodiskovej polohy a ziskali vSetky skliCka v zostave na
farbenie sklicok.

1 Uistite sa, ze modul spracovania je necinny a nema naplanované ani nespracovava ziadne cykly, az potom ho
vypnite.

2 Opatrne nadvihnite davkovaci blok na robote na nebalenu tekutinu (pozrite si Obrazok 2-21), kym sonda
nevycisti hornu dosku.
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3 Zatlatte robota pozdiz kolajnice dozadu zostavy na farbenie sklitok. Pouzite pomaly a rovnomerny pohyb —
netlacte prilis rychlo.

ZatlacCte, kym sa robot nedostane z kolajnice hornej dosky — netlaGte ho dozadu az na doraz.

Obrazok 2-21: Zdvihnutie davkovacieho bloku

4 Ked je robot mimo hornej dosky, zatvorte veko a zapnite modul spracovania. Zostava na farbenie sklicok sa
mé odomknut ako sucast inicializaéného postupu.
Ak sa zostava na farbenie sklicok neodomkne, pozrite si ¢ast 12.4.1 Rucné odomykanie zostév na farbenie
sklicok, kde najdete pokyny tykajuce sa ziskania podnosov na sklicka.

5 Vyberajte podnos na sklicka a sklicka.
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2.2.17 Injekcne striekacky

Injekéné striekacky nasdvaju a davkuju presné objemy tekutin reagencie, ktoré vyZaduje systém BOND. Pozrite si ¢ast
12.13 Injekcne striekacky, kde najdete pokyny na udrzbu injekénych striekaciek.

VYSTRAHA: Skontroluijte, ¢i st potas normalnej prevadzky dvierka injekénych striekaciek zatvorené
(BOND-MAX) alebo je nasadeny kryt injekénych striekaciek (BOND-III). Ak dojde k uvolneniu injekénej
striekaCky alebo prisluSenstva injekénej striekacky, moze z injekénej striekacky vystreknut reagencia
pod tlakom.

2.2.11.17 BOND-IlI

Systém BOND-IIl ma Styri pumpy injekénych striekaciek umiestnené pod prednym krytom. Prvé tri pumpy injekcnych
striekadiek (zIava doprava) pouzivaju roboty na nebalenu tekutinu na SSAT, SSA2 a SSA3 vyssie. Stvrtd hlavnd pumpu
injekcnych striekaciek pouziva nasavacia sonda.

Obrazok 2-22: Injekcné striekacky BOND-III

I BN W s W scscs W seses WEN e

injekénych striekadiek Uplne zatvoreny (pozrite si ¢ast 12.4.1 Ruéné odomykanie zostav na farbenie

c POZOR: Pred spustenim cyklu alebo inicializaciou modulu spracovania sa uistite, Ze je modul
sklicok). V opacnom pripade moZe dojst k poskodeniu injekénych striekaciek pocas prevadzky.
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2.2.11.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jednu pumpu injekénych striekaciek umiestnend v komore na pravej strane modulu
spracovania. Ide o 9-portovy ventil injekénych striekadiek (jeden port sa nepouziva) s naskrutkovanym valcom
striekaCky a malou svorkou.

Obrdzok 2-23: 9-portova injekcna striekacka BOND-MAX

Na kontrolu stavu injekcnej striekaCky otvorte dvierka stlacenim a uvolnenim zaoblenej plosky v strede prednej Casti
dvierok.

VYSTRAHA: Vzdy noste ochranny odev a rukavice.

Al

=
—_—

Pocas inicializacie ich pravidelne kontrolujte a podla potreby ich vymerite — pozrite si ¢ast 12.13 Injekéné striekacky.

2.2.12 Vypinac

Jeden koliskovy prepinac je umiestneny na pravom kryte modulu spracovania. Pouziva sa na zapnutie a vypnutie
modulu spracovania.

» Umiestnenie vypinaca na systéme BOND-III si pozrite na Obrazok 2-24.

» Umiestnenie vypinaca na systéme BOND-MAX si pozrite na Obrazok 2-25.

2.2.13  Zadny kryt

VYSTRAHA: Neodstranujte kryty modulu spracovania ani sa nesnazte ziskat pristup k vnitornym
komponentom. Vo vnutri modulu spracovania BOND su nebezpecné napétia a tieto ulohy by mali
vykonavat iba kvalifikovani servisni technici schvaleni spolo¢nostou Leica Biosystems.
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2.2.13.1 BOND-IlI

Obrazok 2-24 znazormuje zadny obal modulu spracovania BOND-III.

Obrézok 2-24: Zadny kryt BOND-III

4
1
3
2
Legenda
1 Istice (len starSie moduly spracovania) 3 Sietové pripojenie
2 Poistky 4 Ethernetové pripojenie

« StarSie moduly spracovania - 4 poistky

« Alternativne moduly spracovania - 2
poistky

Pokyny na vymenu poistiek si pozrite v Casti 12.14 Poistky napdjania.

VYSTRAHA: Na zdvihnutie modulu spracovania nepouzivajte dve &ierne rukovati na zadnom obale
systému BOND-III.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Obrdzok 2-25 znézorfiuje zadny obal modulu spracovania BOND-MAX. (Upozoriujeme, Ze starSie modely modulov
spracovania maju iba jeden ventilator napajania.)

Obrazok 2-25: Zadny kryt BOND-MAX

1 4
2 3
3
Legenda
1 Isti¢e (len starSie moduly spracovania) 5 Pripojenie externého odpadu - pre hadicky (pozrite
2 Ventilatory napéjania si Cast 12.2.4 Nadoba na externy odpad (len
st BOND-MAX))
oist
3 Sy . _ . 6 Pripojenie externého odpadu - pre snimac hladiny
+ StarSie moduly spracovania - 4 poistky kvapaliny (pozrite si ¢ast 12.2.4 Nadoba na externy

odpad (len BOND-MAX))

7 Ethernetové pripojenie

« Alternativne moduly spracovania - 2 poistky
4 Sietové pripojenie

Pokyny na vymenu poistiek si pozrite v ¢asti 12.14 Poistky napajania.
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2.2.13.3 Odpojenie modulu spracovania
Pri odpojeni modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX od sietového zdroja postupujte takto:
1 Vypnite napajanie pomocou prepinaca na pravej strane modulu spracovania.

2 Najdite napdjaci kabel, ktory vedie zo sietového konektora napajacieho modulu spracovania (polozka 3 na
Obrazok 2-24 a polozka 4 na Obrazok 2-25) do steny. Vypnite sietové napajanie na zasuvke.

3 Odpojte zastrcku zo zadnej casti modulu spracovania.

2.3 Riadiace zariadenie a terminaly BOND

Sucastou vsetkych systémov BOND je riadiace zariadenie BOND, kde sa vykonava celé softvérové spracovanie. V
inStaldciach s jednou stanicou (pozrite si ¢ast 3.1.1 Konfigurdcia s jednou stanicou) sa na spustenie klientskeho
softvéru pouziva jedno riadiace zariadenie s kldvesnicou, mySou a monitorom. Instaldcie s jednou stanicou st vhodné
na prevadzku piatich alebo mensieho poctu modulov spracovania.

Laboratoria s instaldciami BOND-ADVANCE (pozrite si ¢ast 3.1.2 BOND-ADVANCE), ktoré maju viac ako pat modulov
spracovania, maju navyse terminaly BOND. V tychto inStaldcidch sa vacsina interakcii pouzivatelov so softvérom
BOND vykonava na termindloch, z ktorych kazdy moZe ovlddat fubovolny alebo vietky moduly spracovania. Je tiez
mozné ovladat rovnaké moduly spracovania z viac ako jedného terminalu.

Riadiace zariadenie BOND aj nadalej vykonava vSetky procesy spracovania softvéru. Riadiace zariadenia
v inStalaciach BOND-ADVANCE maju vySSiu Specifikaciu ako tie, ktoré sa pouzivaju v inStalaciach s jednou stanicou, a
zahffiaju viac drovni redundancie, aby sa zabezpecila vynikajuca spolahlivost.

Sucastou niektorych instaldcii BOND-ADVANCE je sekunddrne (zaloZné) riadiace zariadenie. Toto riadiace zariadenie
zaznamendva vSetky procesy na primarnom riadiacom zariadeni a moze sa nan prepnut v pripade zlyhania
primarneho riadiaceho zariadenia. V idedlnom pripade by sa sekunddrne ovlddac¢e nemali nachédzat v blizkosti
primdrneho riadiaceho zariadenia, aby sa zniZila pravdepodobnost poskodenia oboch riadiacich zariadeni
lokalizovanou udalostou.

Tlaciaren Stitkov skliCok a rucna citacka Ciarovych kddov su pripojené k riadiacemu zariadeniu v inStalaciach s jednou
stanicou alebo ku kazdému terminalu v inStaldciach BOND-ADVANCE.

optimalne riadenie systému BOND. Neinstalujte do systému ziadny dodatoény softvér, aby ste

c POZOR: Operacny systém a softvér na riadiacom zariadeni BOND je navrhnuty tak, aby poskytoval
predisli moznému oneskoreniu alebo ruseniu riadenia riadiaceho zariadenia alebo terminalu BOND.
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2.4 Rucna citacka Ciarovych kodov

Obrdzok 2-26: Rucna Citacka Ciarovych kodov

Ru¢né ¢itacky Ciarovych kddov USB su pripojené k riadiacemu zariadeniu (instaldcie s jednou stanicou) alebo k
terminalom (inStalacie BOND-ADVANCE). PouZivaju sa na registraciu reagencii a mézu sa tiez pouzit na identifikéciu
skliGok (pozrite si ¢ast 6.5.6 Manualna identifikacia sklicka).

Vytvaranie Ciarovych kddov 1D a OCR nie je podporované od verzie 7 softvéru BOND.

Ak aktualizacia systému obsahuje modul spracovania BOND-PRIME, musite pouzit ¢itacku 2D Giarovych kédov.
Pozrite si 8ast 13.1.3 Citacka Giarovych kédov Zebra DS2208.

Rucnd ¢itacka ciarovych kddov by mala byt nainstalovand a funkéna, ked je nainstalovany vas systém BOND. Pokyny
na udrzbu a konfiguraciu ndjdete v Casti 13.1 Rucneé citacky ciarovych kodov.

2.4.1  Pouzivanie rucnej citacky ciarovych kodov

@ Starsia Citacka Ciarovych kddov Symbol vyZaruje laserové svetlo, zatial Co novSie CitaCky Ciarovych
kodov Honeywell a Zebra vyzaruju LED svetlo. Pozrite si vystrahu tykajucu sa nebezpecCenstva

laserového ziarenia nizSie:

VYSTRAHA: Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost védzneho poskodenia o¢i. Vyvaruijte sa
priameho kontaktu o¢i s laserovymi [G¢mi.

Ak chcete nac¢itat ¢iarovy kdd, nasmerujte nan ¢itacku a stlacte spust. Zarovnajte ju tak, aby ¢ervend Ciara zasahovala
celu dlzku Ciarového kddu. Ked Citacka rozpozna Ciarovy kdd, zapipa a ukazovatel sa rozsvieti nazeleno. Ked CitaCka
nerozpozna Ciarovy kod, zapipa a ukazovatel sa rozsvieti nacerveno.

@ Ciarové kody nedrzte prili$ blizko ¢itacky. Ak skener nerozpozna Ciarovy kdd, skiste Giarovy kdd
posunut dalej alebo skenujte ¢iarovy kéd pod uhlom 45 ° (aby ste zabrénili spatnej vazbe na skener).
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Ked je Gitacka umiestnend v stojane, pouziva sa bez pouZitia rdk a pri ¢itani ¢iarového kédu nemusite stlacit spust.

2.5  Znackovac sklicok

Stc¢astou systémov s jednou stanicou BOND je jedna tlagiaren $titkov skliok (nazyvand ,znackovac sklicok")
pripojena k riadiacemu zariadeniu. V inStalaciach BOND-ADVANCE je ku kazdému terminalu pripojeny samostatny
znackovac sklicok.

Znackovace sklicok tlacia nalepovacie Stitky, ktoré sa nalepia na sklicka na Ucely identifikacie. VSetky Stitky obsahuju
jedine¢né identifikatory sklicok vykreslené ako 2D Giarové kddy (pozri 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka). Systém
BOND pouziva identifikatory na automaticke identifikovanie sklicok, ked su viozené do modulov spracovania. Mozete
nakonfigurovat dalSie informécie, ako aj identifikdtory, aby sa zobrazovali na Stitkoch - pozrite si ¢ast 10.3 Labels
(Stitky) .

Niektoré laboratoria pouzivaju Stitky sklicok vytlacené zo svojich systémov LIS, znackovac sklicok BOND je vSak stéle
stcastou tychto systémov pre vietky sklicka vytvorené pomocou klinického klienta BOND.

Znackovade sklitok su nastavené ako sucéast Standardnej instaldcie BOND. Ak pridate alebo vymenite znackovac
sklicok, nakonfigurujte ho na obrazovke Hardware (Hardvér) klienta spravy (pozrite si ¢ast 10.6.3 Znackovace
sklicok). Informdcie o doplnenf §titkov a pasok a Cisteni si precitajte v dokumentdcii doddvanej spolu so
znackovacom.

VYSTRAHA: Pouzivaijte iba $titky sklicok a tlacovi pasku BOND. Tieto Stitky musia zostat pocas
spracovania na moduloch spracovania BOND pripevnené a Citatelné.
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2.6 Pomocne vybavenie

V tejto Casti je opisané pomocné vybavenie pouzivané so systémom BOND.
e 2.6.1 Sklicka
e 2.6.2 Krycie sklicka BOND Universal Covertiles
e 2.6.3 Systémy a nadoby na reagencie

Informécie o spotrebnom materidli pre systém BOND-PRIME ndjdete v samostatnej pouzivatelskej prirucke systému
BOND-PRIME.

ICka

Na moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX pouzivajte iba sklenené sklicka spravnej velkosti. Sklicka nespravnej
velkosti nemusia spravne sediet na podnosoch na sklicka a krycie sklicka Covertile na nich nebudu sprévne sediet.
Obidve tieto situdcie mézu ovplyvnit kvalitu farbenia.

2.6.1  Sklic

Spolo¢nost Leica Biosystems odporuca sklicka Leica BOND Plus a Apex BOND, ktoré su navrhnuté na pouZitie so
systémom BOND. Okrem toho, Ze maju optimalnu velkost pre podnosy na sklicka BOND a krycie sklicka Covertile, su
tieto pozitivne nabité sklitka oznacené tak, aby zobrazovali oblasti, kde by sa tkanivo malo umiestnit na 100ul a 150l
davkovanie (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy dévkovania a pozicia tkaniv na sklickach).

Ak pouzivate vlastné sklicka, musia spifiat nasledujdce $pecifikacie:

Rozmery Sirka: 24,64 - 26,0 mm (0,97 - 1,02 palca)
Dizka: 74,9 - 76,0 mm (2,95 - 2,99 palca)
Hrabka: 0,8 - 1,3 mm (0,03 - 0,05 palca)
Oblast Stitkov Sirka: 24,64 - 26,0 mm (0,97 - 1,02 palca)
Dizka: 16,9 - 21,0 mm (0,67 - 0,83 palca)
Material sklo, 1ISO 8037/1

POZOR: Nepouzivajte poskodené sklicka. Pred vlozenim do modulu spracovania sa uistite, ze su
vSetky sklicka spravne zarovnané na podnosoch na sklicka.

POZOR: Nepouzivajte sklicka so zaoblenymi alebo orezanymi rohmi. Tieto sklicka m6zu spadnut cez
podnos na sklicka a méZu zmenit tok tekutiny pod krycim sklickom Covertile, 8o ovplyvni kvalitu
farbenia.
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2.6.2  Krycie sklicka BOND Universal Covertiles

Krycie sklicka BOND Universal Covertiles su priehladné plastoveé kryty, ktoré sa
pocas farbenia ukladaju na podlozné sklicka. Kapilarne pdsobenie nasdva reagenciu
davkovanu na sklicka medzi krycie sklicka Covertile a podlozné sklicka, ¢im sa zaisti
jemné a rovnomerné pokrytie tkaniva. Krycie sklicka Covertiles minimalizuju
potrebné objemy reagencie a chrania sklicka pred vyschnutim medzi aplikaciami.
Krycie sklitka Covertiles su podstatnou stiéastou systému farbenia BOND a musia
sa vzdy pouzivat.

Po umiestneni skliCok na podnosy na sklicka ich zakryte krycimi sklickami Covertile
(pozrite si ¢ast 4.1.3.5 Vkladanie sklicok). Uistite sa, Ze krycie sklitka su spravne
umiestnené tak, aby vycnelok v hrdle kazdého krycieho sklicka Covertiles

(zakruzkovany na fotografii vpravo) zapadol do priehlbiny na podnose na sklicka.

Existuju dve vyhotovenia krycich skliok Covertile — m6zu sa navzajom zamienat.
Novy dizajn obsahuje prvky (slovo Leica, mald kruhovt znacku a vyénelok v lavom hornom rohu), vd'aka ktorym sa dd
lahSie rozpoznat, ked je na podloZznom sklicku nespravne umiestnené krycie sklicko Covertile.

Obrazok 2-27: Krycie sklicko BOND Universal Covertile (pévodny dizajn)

Krycie sklitka Covertile sa m6Zu opatovne pouZit az 25-krét za predpokladu, Ze nie st vyrazne odfarbené alebo
poskodené a ak su spravne vygistené (pozrite si ¢ast 12.3 krycie sklicka Covertile). Poskodené krycie sklicka
Covertiles zlikvidujte.

Niektoré analyzy vyZaduju pouZitie novych (nepouzitych) krycich sklicok Covertile. Najskor si precitajte prislusné
navody na pouzitie pre dany test.
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2.6.2.1  Podnosy na sklicka

Pouzite podnosy na sklicka na pridrziavanie sklicok a krycich sklicok Covertile v ich polohe, ked ich vkladate do
modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX. Do kazdého podnosu mozete vlozit desat sklicok.

Existuju dve vyhotovenia podnosov na sklicka — mézu sa navzajom zamienat.

Obrédzok 2-29: Podnos na sklicka (novy dizajn (viavo) a stary dizajn (vpravo))

Pokyny na vkladanie sklicok a krycich sklicok Covertile do modulu spracovania najdete v ¢asti 4.1.3.5 Vkladanie
sklicok.

2.6.2.2 Podnosy na reagencie

Do podnosov na reagencie sa zmestia 7ml a 30ml BOND nadoby na reagencie a 6ml BOND titracné nadoby. Podnosy
sa vkladaju do modulu spracovania na platforme reagencif (pozrite si ¢ast 2.2.6.5 Platforma reagencif).

Obrazok 2-30: Podnos na reagencie

Polohy nadob v podnosoch na reagencie su ocislované od konca, ktory je najdalej od rukovati (poloha 1), po polohu
najblizsiu k rukovati (poloha 9).

Pokyny na vkladanie reagencii do modulu spracovania ndjdete v ¢asti 4.1.4 Vkladanie reagencil.
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2.6.3  Systémy a nadoby na reagencie

V podnosoch na reagencie sa moze pouzit cely rad typov nddoby na reagencie.

2.6.3.1  Systémy reagencii

Systémy reagencii s preddefinované stpravy reagencii v podnose na reagencie. Systém BOND méZe pouzivat dva
typy systémov reagencir:

 Detekcné systémy BOND
« Cistiace systémy BOND
Pozrite si ¢ast 8.1 Prehlad spravy reagenci, kde najdete dalSie detaily o kaZzdom z nich.

Systém reagencii sa registruje skenovanim ciarovych kodov na boku podnosu na reagencie, a nie skenovanim Stitkov
s Ciarovymi kodmi na kazdej nadobe z jeho komponentov. Nadoby na reagencie, ktoré tvoria systém, nie su jednotlivo
zaregistrované, si zamknuté na podnose a nemali by sa vyberat ani by sa nemalo menit ich usporiadanie. Ak je
systém reagencii vyCerpany alebo exspiruje jeho platnost, vyhodte cely podnos aj nadoby.

2.6.3.2 Hotové reagencie BOND

Hotové reagencie BOND pouzivaju nadoby, ktoré sa zmestia do podnosov na reagencie. Tieto reagencie sa poskytuju
v koncentraciach optimalizovanych pre systém BOND, preto sa pred pouzitim vyzaduje iba registracia a otvorenie.

Nadoby obsahuju rézne objemy reagencie od 3.75ml do 30ml v zavislosti od typu reagencie.

2.6.3.3  Otvorené nadoby

Otvorené nadoby su prazdne, ¢isté nadoby na uchovdvanie reagencie doddvané pouzivatelom (napriklad primarnej
protilatky). St k dispozicii vo velkosti 7ml a 30ml. Otvorené nadoby sa moZu pouzivat iba s jednou reagenciou a mozu
sa znovu naplnit tak, aby sa v kazdej nddobe podavalo maximélne 40ml reagencie (pozrite si &ast 8.3.2.4 Dopliianie
otvorenej nddoby na reagencie).

Na systéme BOND sa maju pouZivat iba otvorené nadoby BOND - nepokus$ajte sa pouZivat iné nadoby (okrem
titraénych nddob) na reagencie dodavané pouzivatelom.

2.6.3.4 Titracné nadoby

Dostupné su aj titracné nddoby na Specidlne Ucely (pozrite si ast 14.2.1.4 Titracna stprava ). Ich sicastou je 6ml
vymenitelnd vloZka, takZe reagencia v nddobe sa moZe lahko vymenit, napriklad pocas optimalizacie koncentracie.
Rovnako ako otvorené nddoby mozno kazdu titracnd nadobu naplnit a pouzit na dodanie az 40 ml reagencie. V
titracnej stiprave BOND je k dispozicii pat vloZiek na nddobu a dodava ich spolocnost Leica Biosystems.

Slpravy sa mozu opatovne pouZzit na rozne protilatky a su navrhnuté s minimalnym mftvym objemom na zachovanie
reagencie.
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2.7 Premiestnenie modulu spracovania

VYSTRAHA: Ak chcete premiestnit modul spracovania na velkd vzdialenost alebo ho prepravit na
Ucely opravy alebo likvidacie, obratte sa na oddelenie podpory zékaznika. Modul spracovania je tazky
anie je navrhnuty tak, aby ho presuval pouzivatel.

POZOR: Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom obale modulu spracovania. Nezakryvajte
tieZ vetracie otvory umiestnené na dvierkach injekénych striekaciek (BOND-MAX).

Ak premiestiujete modul spracovania BOND na kratku vzdialenost, pred pokracovanim zvaZte nasledujlce body:

« Uistite sa, Ze je podlaha schopna uniest hmotnosti modulu spracovania. Pozrite si ¢ast 18.2 Fyzické
Specifikacie v casti 18 Technické udaje, kde najdete rozmery, a pred premiestnenim si precitajte miestne
poziadavky.

« Pred prevadzkou modulu spracovania vyhodnotte elektromagnetické prostredie na postdenie rusenia.

» Nepouzivajte modul spracovania BOND v tesnej blizkosti zdrojov silného elektromagnetického Ziarenia.
Napriklad netienené zémerné RF zdroje, ktoré mozu rusit spravnu prevadzku.

» Modul spracovania BOND nezdvihajte pomocou vysokozdvizného vozika.

» Pouzivajte iba dodany napdjaci kabel a zabezpecCte, aby mal operator pristup k napajaciemu pripojeniu, do
ktorého je kabel zapojeny.

 Pred premiestnenim sa uistite, ze su napajaci kabel a ethernetovy kdbel odpojené.
o Zabezpelte dostatocné vetranie.
 Pred premiestnenim vyprazdnite nadoby na odpad.

« Dbajte nato, aby ste pred premiestnenim odistili vSetky Styri kolesa na module spracovania BOND-III (alebo
voziku v pripade systému BOND-MAX), a znova ich zaistite, ked sa nachddzate na novom mieste.

2.8  Vyradenie z prevadzky a likvidacia pristroja
Pristroj vratane pouzitych dielov a prisluSenstva sa musi zlikvidovat v stlade s platnymi miestnymi postupmi a
predpismi. VSetky reagencie pouzité s pristrojom zlikvidujte v stlade s odporucaniami vyrobcu reagenci.

Pred vratenim alebo likviddciou pristroja alebo jeho Casti a prisluSenstva ho vycistite a dekontaminujte v sulade s
miestnymi postupmi a predpismi.

V EU musi byt véetok elektronicky odpad zlikvidovany v stlade s nariadenim o odpade z elektrickych a elektronickych
zariadeni (2012/19/EU). V regiénoch mimo EU dodrziavajte miestne postupy a predpisy tykajuce sa likvidacie
elektronického odpadu.

Ak potrebujete pomoc, obratte sa na miestneho zastupcu spolocnosti Leica Biosystems.
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Prehlad softvéru (na riadiacom
zariadeni BOND)

Této kapitola je navrhnuté tak, aby vdm pomohla zozndmit sa so véeobecnymi charakteristikami softvéru BOND.

Pokyny na pouzivanie softvéru na spustanie modulov spracovania a sprévu sklicok, pripadov a reagencif néjdete v
prislusnych kapitoldch. Pozrite si ¢ast 10 Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND), kde najdete pokyny pre klienta
Spravy.

3.1 Architektura systému

3.2 Spustenie a vypnutie softvéru BOND
3.3 Ulohy pouzivatela

3.4 Prehlad rozhrania klinického klienta
3.5 Ovladaci panel BOND-ADVANCE

3.6 Oznamenia, vystrahy a alarmy

3.7 Sprava

3.8 Pomocnik

3.9 Informécie o systéme BOND

3.10 Definicie udajov systému BOND

3.11 Aktualizacia softvéru
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Kapitola 3 Prehlad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND)

3.1 Architektura systému

Pouzivatelia interaguju so softvérom BOND prostrednictvom dvoch ,klientov" - v skuto¢nosti su to dva samostatné
programy. Su to klinicky klient (alebo jednoducho ,klient") a klient spravy. Klinicky klient je uréeny na kazdodennd
prevadzku - na nastavenie reagencii, protokolov, pripadov a skli¢ok v ramci pripravy na spracovanie a potom na
monitorovanie a kontrolu cyklov na module spracovania. Klient spravy sa pouziva na konfiguraciu roz$irenych
nastaveni, ktoré sa po Uvodnom nastaveni menia len zriedkavo. Patria sem konfigurdcie Stitkov sklicok, hardvérové
pripojenia a pouzivatelské Uéty (pozrite si ¢ast 10 Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND)).

» 3.1.1 Konfiguracia s jednou stanicou
» 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Konfiguracia s jednou stanicou

InStaldcie s jednou stanicou maju len jedno ,riadiace zariadenie BOND®, Co je jediny bod pre interakciu pouzivatela so
softvérom BOND (a tym aj kontrolu modulov spracovania). Riadiace zariadenie BOND vykondva vSetky softvérové
spracovania systému a udrzuje databazu systému, kde sa uchovavaju informdcie o pripadoch a sklickach. Ma
pripojenu klavesnicu, mys a monitor a tlaCiaren Stitkov sklicok a Citacku.

VinStaldcii s jednou stanicou existuje limit piatich modulov spracovania. Ak potrebujete viac modulov spracovania,
prejdite na systém BOND-ADVANCE.

Obrazok 3-1: Schéma instalacie s jednou stanicou

1 2 3

!’l m T‘ .:= !-Tl;' Legenda
— -

1 Moduly spracovania BOND-MAX

Moduly spracovania BOND-
PRIME

Moduly spracovania BOND-II

N

Rucna Citacka Ciarovych kddov

Tladiaren Stitkov na sklicka

S o1 B~ W

Riadiace zariadenie Systém
5 S— BOND

7 Pripojenie LIS
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3.1.2  BOND-ADVANCE

InStalacie BOND s viac ako piatimi modulmi spracovania su nakonfigurované ako instalacie BOND-ADVANCE
s viacerymi stanicami. Riadiace zariadenie BOND pokracuje vo vSetkych procesoch spracovania softvéru pre cely

modulu spracovania (v softvéri BOND sa nazyvaju ,stbory"), ktoré kontroluju. Stbory su definované v klientovi spravy.

Monitor pripojeny k riadiacemu zariadeniu zobrazuje “ovladaci panel systému BOND", ktory poskytuje zhrnutie stavu
modulu spracovania v systéme v redlnom ¢ase kazdého (pozrite si ¢ast 3.5 Ovladaci panel BOND-ADVANCE).
Ovladaci panel sa méZe na poziadanie pripojit aj k vyhradenému termindlu. Klienta spravy je mozné spustit z
lubovolného terminalu.
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Niektoré laboratdria mozu mat sekundarne riadiace zariadenie, ktoré zélohuje vSetky Udaje zo systému BOND v
redlnom ¢ase a na ktory mozno prepnut v pripade, Ze primdrne riadiace zariadenie nefunguje spravne. Podrobné tdaje
o tom, ako to urobit, ndjdete v ¢asti 16.2 Prepinanie na sekundarne riadiace zariadenie.

Obréazok 3-2: Schéma a inStaldcia BOND-ADVANCE - terminaly BOND-ADVANCE riadia moduly spracovania v
suboroch prostrednictvom riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE.

2) (3

P 57 S -

LW(J

Hﬂ% )

PM5 <«——— PMn-1

7 8 9
Legenda
1 Terminaly BOND-ADVANCE 6 Sekundérne riadiace zariadenie BOND-ADVANCE
2 Tlaciarne $titkov na sklitka 7 Moduly spracovania BOND-MAX
3 Citatky giarovych kédov 8 Moduly spracovania BOND-PRIME
4 Pripojenie LIS 9 Moduly spracovania BOND-III
5 Primarne riadiace zariadenie BOND-ADVANCE
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3.2 Spustenie a vypnutie softvéru BOND

3.2.1  Spustenie softveru BOND

Softvér BOND mdZete spustit pred spustenim alebo po spusteni v§etkych pripojenych modulov spracovania.
Spustenie softvéru:

1 Sjednou stanicou: v pripade potreby spustite riadiace zariadenie BOND a prihldste sa do systému Windows®
ako pouzivatel ,BONDUser". Ked je systém novy, nie je nakonfigurované ziadne pociatocné heslo. Ak je v§ak
heslo nakonfigurované, dalSie podrobnosti ziskate u veduceho laboratdria.

BOND-ADVANCE: ak je to potrebné, spustite riadiace zariadenie BOND-ADVANCE. Ovladaci panel by sa mal
otvorit automaticky (ak nie, dvakrat kliknite na skratku BONDDashboard na pracovnej ploche Windows.
Stlacenim tlagidla <F11> nastavte Internet Explorer na rezim celej obrazovky).

Spustite potrebny termindl a prihlaste sa do systému Windows ako pouzivatel ,BONDUser".

2 Dvojitym kliknutim na ikonu prislusnej pracovnej plochy spustite klinického klienta alebo klienta spravy (alebo
obidvoch - mozu byt spusteni sicasne).

3 Zadajte svoje pouzivatel'ské meno a heslo systému BOND.

Ak v systéme BOND-ADVANCE otvarate klinického klienta, moZete si vybrat sdbor, ku ktorému sa chcete
pripojit.

‘ Klinicky klient BOND-ADVANCE si pamata posledny vybraty modul.

Heslo méZete kedykolvek zmenit v prihlasovacom dialégovom okne. Postupujte podla postupov laboratdria,
pokial ide o ¢astost zmien hesla a silu hesla. Softvér BOND vyZaduje, aby hesld mali 4 az 14 znakov a
obsahovali aspon jedno Cislo.

Ak ste pouzivatel systému BOND-PRIME, mbZete tieZ nastavit alebo zmenit PIN kéd vasho modulu
spracovania. Pozrite si ¢ast 3.2.2 Nastavenie alebo zmena PIN kéd modulu spracovania BOND-PRIME niZSie.

4 Kliknite na moznost Log on (Prihlasit sa).

Systém zobrazi obrazovku klinického klienta alebo obrazovku klienta spravy podla vyberu. V zéhlavi sa
zobrazuje pouzivatel'ské meno pouzivatela, ktory je aktualne prihlaseny. Ak prevezmete spravu od iného
pouzivatela, mali by ste sa odhldsit a znova prihlasit pomocou svojho vlastného pouzivatelského mena. V
pripade systému BOND-ADVANCE sa v zahlavi tiez zobrazi aktudlne vybrany subor.

VYSTRAHA: KedZe softvér BOND kontroluje ddlezity hardvér a ukladd citlivé idaje, nespustajte na
riadiacom zariadeni BOND iné aplikdcie - zaruka na systém BOND tym stréca platnost. NepouZzivajte
riadiace zariadenie BOND na vSeobecné pocitaCové ucely.
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3.2.2  Nastavenie alebo zmena PIN kod modulu
spracovania BOND-PRIME

1V dialégovom okne prihldsenia kliknite na polozku Set processing module PIN (Nastavit PIN kéd modulu
spracovania).

Obrazok 3-3: Dialogoveé okna prihlasenia pre klinického klienta a klienta spravy

BOND @

||||||||||

BOND Administration

lllllllll

== Lo )

Change password

[ Set processing module PIN

2 Zadajte svoje pouzivatelské meno a heslo systému BOND.
3 Zadajte 4-miestny PIN kod a potom nizSie potvrdte svoj PIN kdd.

Obrézok 3-4: Dialdgové okno na nastavenie PIN kodu modulu spracovania

Set processing module PIN uﬁﬂ-_cg

4 Kliknite na tlacidlo OK.
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Pozadia pracovnej plochy

Rozne pozadia pracovnej plochy Windows sa pouzivaju na rozliSenie medzi typom aktudlne prihlaseného pouzivatela
Windows a tlohou aktualne pripojeného riadiaceho zariadenia alebo terminalu.

Jednomiestny

BeZne sa zobrazuje pozadie ,Controller BONDUser", ale sa na pracovisku nachadza servisny technik, moze sa vam
zobrazit pozadie ,Controller BONDService". Pozrite si ¢ast Obrazok 3-5.

Obrézok 3-5: Pozadia pracovnej plochy systému BOND ,Controller BONDUser" a ,Controller BONDService"

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

Na pozadi pracovnej plochy systému BOND-ADVANCE sa ikona pripojeného riadiaceho zariadenia alebo terminalu
meni podla prislusnej Ulohy. Pozrite si ¢ast priklady na Obrazok 3-6.

Obrazok 3-6: Ikony terminalu, samostatného riadiaceho zariadenia, primarneho riadiaceho zariadenia a sekundarneho
riadiaceho zariadenia

Uvidite tiez rézne ikony, ktoré predstavuju typ pouZivatela. Pozrite si ¢ast Obrazok 3-7.
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Obrazok 3-7: Ikony BONDUser, BONDService, BONDControl a BONDDashboard

3 e e R

©
3.2.3  Vypnutie softvéru BOND

Log out
Ak chcete vypnut klinického klienta alebo klienta spravy, kliknite na ikonu Log out (Odhlasit) na paneli funkci.
Ak potrebujete zmenit pouzivatelov, klinického klienta mézete vypnut pocas prebiehajliceho cyklu. Nenechévajte
modul spracovania v prevadzke bez toho, aby bol otvoreny klient, pretoZe sa vdam nebudu zobrazovat Ziadne vystrahy
ani alarmy.

Nikdy nevypinajte riadiace zariadenie BOND pocas cyklu. Ak vypinate systém BOND Uplne, softvér mézete vypnut pred
vypnutim alebo po vypnuti modulov spracovania.

3.3 Ulohy pouzivatela

V systéme BOND su k dispozicii tri ulohy pouzivatela:

« Operétor:: méZe aktualizovat zasoby reagencii, vytvérat pripady a skli¢ka, spustat a kontrolovat cykly farbenia,
vytvérat a upravovat lekdrov a generovat spravy.

« Dohliadajlci: mdZe vytvarat a upravovat protokoly, reagencie a panely.

« Spravca: md pristup ku klientovi spravy na spravu pouZivatelov systému BOND a moze konfigurovat
nastavenia celého systému.

Pouzivatelia mézu mat viac Uloh. Dohliadajici automaticky ziskaju tlohy operatora. Klienta spravy mézu spustat iba
pouzivatelia s Ulohou spravcu a klinického klienta mézu spustat iba pouZzivatelia s tlohami operdtora alebo
dohliadajuceho.

PouZivatelia sa vytvaraju a ich Ulohy sa nastavuju na obrazovke Users (Pouzivatelia) klienta spravy (pozrite si ¢ast
10.1 Users (Pouzivatelia)).

‘ V zdhlavi okna klienta sa zobrazuje pouzivatel'ské meno aktudlne prihlaseného pouzivatela.
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3.4  Prehlad rozhrania klinickeho klienta

V hornej a lavej Casti obrazovky klinického klienta sa nachadzaju funkcie, ktoré su spolo¢né pre vSetky stranky
softvéru. V tejto Casti sa uvadzaju tieto funkcie a tiez opisuje vSeobecné vlastnosti softvéru.

e 3.4.1 Panel funkcii
e 3.4.2 Karty modulu spracovania
e 3.4.3 Zoradenie v tabulkach

e 3.4.4 Format datumu

3.4.1 Panel funkcii

Panel funkcif sa nachadza v hornej ¢asti obrazovky softvéru BOND a poskytuje rychly pristup k hlavnym ¢astiam
softvéru BOND.

Slide setup Protocol setup Reagent setup Slide history Search Help Log out

B Y J e A D D

Kliknutim na ikonu na paneli funkcii prejdete na obrazovku alebo vykonate konkrétnu funkciu podla popisu
v nasledujucej tabulke.

Zobrazena obrazovka
(alebo vykonana
funkcia)

S Slide setup (Nastavenie  Vytvorte pripady a nastavte sklicka v softvéri BOND.

S sklicka)

S Dalsie informécie najdete v Gasti 6 Nastavenie sklicka (na riadiacom

zariadeni BOND).

ey Protocol setup Upravte a spravujte svoje protokoly.
(Nastavenie protokolu)  DalSie informacie néjdete v asti 7 Protokoly (na riadiacom zariadeni
BOND).
e Reagent setup Nakonfigurujte nové reagencie, spravujte inventar reagencif a vytvorte
olj (Nastavenie reagencie), panely reagencif (subory znackovacov pouzivané na urychlenie vytvérania
Reagent inventory sklicok).

(zoznam reagenci) DalSie informéacie ndjdete v Easti 8 Sprava reagencif (na riadiacom zariaden

a Reagent pa (panely BOND).

reagencif) (3 karty)

el Slide history (Histéria Zobrazte detaily skliCok, ktoré boli spracované v systéme BOND, zobrazte

O sklicok) detaily jednotlivych sklicok, cyklov a pripadov a vytvorte siroku Skalu sprav.
Dalsie informéacie néjdete v Gasti 9 Histdria sklicok (na riadiacom zariadeni
BOND).
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Zobrazena obrazovka

(alebo vykonana
funkcia)

Search (Vyhladavanie)  Identifikujte sklicka, nadoby na reagencie a systémy reagencii
naskenovanim Giarovych kodov alebo manudlnym zadanim identifikatora
sklicka alebo identifikatora reagencie. Jednotné dialégové okno
vyhladavania sa pouziva vtedy, ked systém automaticky identifikuje obsah
vyhladévania (sklicko alebo reagenciu).

Pozrite si Gast 6.5.6 Manudlna identifikacia sklicka alebo
8.1.1.3 Identifikacia reagencie, kde najdete dalSie informacie.

Help (Pomocnik) Otvorte tuto pouzivatel'skd prirucku.

Logout (Odhlasit sa) Odhléste sa z klienta.

x Zélohovanie zlyhalo Zalohovanie databdzy sa nepodarilo Uspes$ne dokongit.
CS Dalie informacie néjdete v ¢asti 10.5.3 Zalohy databazy.
=

c Systém LIS nie je Modul LIS je nainStalovany, ale momentélne nie je pripojeny k systému LIS.
E i'ﬁ pripojeny Dalsie informécie najdete v Gasti 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS.

Systém LIS je pripojeny  Modul LIS je nainStalovany a momentalne je pripojeny k systému LIS.

Dalsie informacie néjdete v Casti 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS.

;E !9 Ozndmenia systému LIS  Pocet nevybavenych oznameni systému LIS.
us

Dalsie informécie najdete v Gasti 11.4 Oznamenia systému LIS.

V pravej hornej ¢asti obrazovky sa nachadza logo Leica Biosystems. Kliknutim na logo zobrazite dialégové okno
About BOND (Informécie o systéme BOND). Pozrite si ¢ast 3.9 Informacie o systéme BOND.

V pravej hornej Gasti obrazovky sa mézu zobrazit vystrazné a stavové ikony. Pozrite si ¢ast 11 Integracny balik LIS (na
BOND riadiacom zariadenf) a 10.4.2 Zaznam z auditu (Zdznam z auditu).
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3.4.72  Karty modulu spracovania

@ Tieto karty sa nezobrazuju pre moduly spracovania BOND-PRIME. Informécie o stave systému a
udrzbe modulu spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému

BOND-PRIME.

Pomocou kariet na lavej strane rozhrania sa otvdraju obrazovky System status (Stav systému), Protocol status (Stav
protokolu) a Maintenance (Udrzba) pre kazdy z modulov spracovania v stbore, ku ktorému je klient pripojeny. Na
samotnych kartach sa zobrazuju niektoré informdacie o aktualnom stave kazdého modulu spracovania (pozrite si ¢ast
5.1.1 Karty modulu spracovania).

Obrdzok 3-8: Karty modulu spracovania (BOND-MAX)

i 10236 AM |
i 1040 A |
10:33 AM |

Na obrazovkdch System status (Stav systému) sa zobrazuje stav kazdého modulu spracovania, zatial ¢o Protocol
status (Stav protokolu) sa zobrazuje priebeh prebiehajtcich protokolov. Obrazovka Maintenance (Udrzba) obsahuje
prikazy pre cely rad operacii udrzby.

3.4.3  Zoradenie v tabulkach

Mnohé obrazovky v softvéri BOND zobrazuju data v tabulkdch. Kliknutim na nadpis stipca ich zoradite poda hodnét v
tomto stipci. Vedla nadpisu sa zobrazi trojuholnik nahor, ktory naznaduje, ze tabulka je usporiadané vzostupne (0 - 9,
A - 7). Kliknutim znova zoradite zostupne, trojuholnik ukazuje nadol.

Ak chcete usporiadat dva stipce, Kliknite na prvy stipec, podla ktorého chcete zoradit, a potom podrte klaves a
Kliknite na druhy stipec. Poradie hodnét v prvom stipci sa nement, ale v pripade viacerych riadkov s rovnakou
hodnotou v prvom stipci budu riadky zoradené podla hodnét v druhom stipci.

Mozete tiez zmenit $irku stipcov a presuntt stipce na nové pozicie v tabulke.

V$etky zmeny, ktoré urobite v triedeni tabuliek, rovnako ako $irky stipcov a polohy zostand zachované, kym sa
neodhldsite.

3.4.4  Format datumu

Pre inStaldcie s jednou stanicou sa v softvéri a spravach pouzivaju datumy a ¢asy vo formatoch stanovenych v
operacnom systéme riadiaceho zariadenia BOND. Pri inStalaciach BOND-ADVANCE sa pouzivaju formaty nastavené v
termindloch. Formaty s kratkym a dlhym datumom by mali mat maximalnu dizku 12 a 28 znakov.
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3.9

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

PriinStalaciach BOND-ADVANCE sa ovladaci panel BOND zobrazuje na monitore pripojenom k riadiacemu zariadeniu

Ovladaci panel BOND-ADVANCE

alebo terminalu. Poskytuje zhrnutie stavu v redlnom Case pre vSetky moduly spracovania v systéme.

Obrézok 3-9: Ovladaci panel BOND

BOND Dashboard
B3_1 83_10 B3_
SSA Time Status SSA Time Status ‘ SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 00:24:47 Processing 1 00:22:43 Processin 9 1 00:11:38 Completed 1 - Abortsd 1 Locked
2 Locked 2 o0:14:28 Pracessing 2 00:04:01 Completed 2 2 Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:16:15 Pracessing 3 00:18:08 Completed 3 3 -
O @ i 29 ® A &
X g,
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Frocessing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:48 Processing
2 2 14:13:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing
3 - Locked 2 Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A A < 9 &« 9 & 9 &
s me status ssa Tme smws | | ssa Tme status ssa Tme status s me status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:08 Processing 1 00:38:08 Processing
2 00:15:50 essing 2 00:06:40 2 00:18:11 ing 2 00:03:15 Pr 2 00:32:16 Processing
k] 00:14:00 ing K 00:00:40 k] 00:09:51 ing K 00:09:59 Pre k] 00:28:57 Processing
9 - O O O O
| Max_11
ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03

Legenda

1 Moduly spracovania s alarmami 4 Moduly spracovania s dokonCenymi cyklami

5 Tably jednotlivych modulov spracovania,
zobrazujlce stav zostav na farbenie sklicok.

2 Moduly spracovania s vystrahami

3 Moduly spracovania s oznameniami

V hornej Casti obrazovky sa nachadzaju Styri ikony zobrazujuce moduly spracovania s alarmami, vystrahami,
ozndmeniami a dokonéenymi procesmi (zlava doprava). Ak je v kategdrii viac ako jeden modul spracovania, ikony sa

cez ne cyklicky postupne presuvaju.

Pod hornym riadkom su tably pre kazdy modul spracovania v systéme zoradené abecedne podla ndzvu (nastavené
v klientovi spravy). Tably zobrazuju stav kazdej z troch zostav na farbenie skli¢ok na moduloch spracovania plus
vetky vSeobecné indikdtory stavu vztahujuce sa na moduly ako celok.
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lkony ovladacieho panela

Ikona Opis

A Modul spracovania mé alarm.

Modul spracovania ma vystrahu.

Modul spracovania funguje normélne. Casové znacka ma biele pozadie (**“** ).

@ Cyklus sa Uspesne dokoncil najmenej na jednom podnose modulu spracovania a podnos je
pripraveny na vylozenie. Casova znacka ma zelené pozadie ( **"** ).

© Modul spracovania ma oznamenie.

B Modul spracovania bol odpojeny.

Moduly spracovania s vystrahami, oznameniami alebo dokoncenymi cyklami sa zobrazia na vhodnej pozicii v hornej
Casti displeja a ako jednotlivé tably v abecednom zozname nizsie.

3.5.1  Stav zostavy na farbenie sklicok

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Stav kazdej zostavy na farbenie sklicok je zobrazeny na tabldch modulu spracovania. Existuju tri kategorie stavu:

« Locked (Zamknuty) - zobrazuije sa, ked je podnos na sklicka zaisteny. Nie je zobrazeny Ziadny Cas.

« Processing (Spracovanie) - zacalo sa spracovanie na podnose. V stipci Time (Cas) sa zobrazuje &as, ktory
zostava do spustenia cyklu v hodinach, mindtach a sekundach.

« Completed (Dokonceny) — spracovanie sa skonéilo. V stipci Time (Cas) sa zobrazuje &as od dokonéenia cyklu
v hodindch, minttach a sekundach a ma zelené pozadie.

Ak nie je zablokovany Ziadny podnos, riadok je prazdny.

S informa¢énym panelom nie je mozZné interagovat. Ak sa na ovladacom paneli zobrazuje sprava, Ze modul
spracovania potrebuje pozornost, pouzivatel musi interagovat prostrednictvom terminalu BOND-ADVANCE.
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3.6 Oznamenia, vystrahy a alarmy

Systém BOND ma tri Urovne upozorneni: oznamenie, vystrahu a alarm. Kazdé upozornenie je oznacené ikonou, ktora
sa zobrazi na obrazovke System status (Stav systému) nad alebo vedla subjektu poloZky, ktora je predmetom sprévy
s alarmom. Zodpovedajlca ikona upozornenia sa tiez moZe zobrazit na karte modulu spracovania, aby poskytla
indikéciu bez ohl'adu na aktudlne zobrazenu obrazovku (pozrite si ¢ast 5.1.7 Karty modulu spracovania). V systéme
BOND-ADVANCE sa upozornenia zobrazia aj na ovladdacom paneli (pozrite si ¢ast 3.5 Ovladaci panel
BOND-ADVANCE).

Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu upozornenia a vyberom moznosti Attention message (Spréava
s upozornenim) sa otvorf dialégové okno s detailmi o stave upozornenia.

Tri Urovne upozorneni a ich priradené ikony su opisané nizSie.

Ozndmenie
Poskytuje informdcie o stave, ktory moze vyZadovat zésah teraz alebo neskér, aby sa spustil

cyklus alebo aby sa zabranilo neskorSiemu oneskoreniu spracovania.

Neblika
Vystraha
) . ’ U ’ ’ . . . ’ .
, Teraz je potrebné vykonat zésah, aby sa zabranilo oneskoreniu pri spracovani. Oneskorenie
spracovania moze ohrozit farbenie.
Neblika
Alarm
/ CL Naliehavo je potrebné konat. Ak modul spracovania spracovaval sklicka, bol pozastaveny a
nemdZe pokracovat, kym nevyriesite stav s upozornenim. Oneskorenie spracovania moze
Blika ohrozit farbenie.

ked prebieha cyklus). Rychla reakcia méze zabranit ohrozeniu farbenia skli¢ok.

é VYSTRAHA: Vystrazné spravy a spravy s alarmom si vzdy precitajte hned, ako uvidite ikony (najmé
Aj v pripade ozndmeni je vhodné zasiahnut ¢o najskor, ak sa vyskytnu pocas cyklov.
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3.7 Sprava

Softvér BOND generuje mnohé spravy. Tieto sa otvaraju v ,zobrazovaci sprav systému BOND, v novom okne.
V&eobecné informdcie ako ¢as, miesto a modul spracovania, na ktoré sa sprava vztahuje, s uvedené v zahlavi
spravy. V patdch stranky spravy sa zobrazuje ¢as a datum, kedy bol prehlad vygenerovany, a ¢isla stranok.

Niektoré sprdvy, najma tie, ktoré obsahuju informdcie o pripadoch, sklickach alebo reagenciach, mézu trvat niekol'ko
minut, najma v laboratériach s mnohymi modulmi spracovania a/alebo s vysokou kapacitou.

Prehliadac sprav systému BOND ma maly rozsah moznosti navigacie, zobrazenia a vystupu. Rovnako ako otvorenie

Standardného tlacového dialdgového okna na vyber a konfigurdciu tlaciarne alebo na vyber stranok, ktoré sa maju
tlacit, moZete exportovat spravy v roznych formatoch vratane PDF, XLS, CSV a v textovom formate.

Na navigaciu mozZete pouZit rozne kldvesové skratky, napriklad Page Up, Page Down, Home (prvé strana) a End
(posledna strana). Ostatné funkcie su tiez dostupné napriklad aj pomocou klavesovych skratiek Ctrl-F zobrazi
dialégové okno Search (Hladat), Ctrl-S otvori dialdgové okno Save (UloZit) a Ctrl-P otvori dialégové okno Print (Tlag).

Spravy systému BOND su zdokumentované v nasledujucich sekcidch:
e 5.3.1 Sprava o udrzbe
e 6.7 Suhrnna sprava o nastaveni sklicok
» 7.5 Spravy protokolu
e 8.3.4 Sprava s udajmi 0 zasobach
e 8.3.5 Sprava o pouziti reagencii
» 0.4 Sprava o udalostiach cyklu
» 9.5 Sprava s udajmi o cykle
e 9.6 Sprava o pripade
» 0.8 Suhrn sklicok
e 0.10 Strucna historia sklicok
 Servisny dennik

Je tieZ mozné exportovat informdcie o sklickach vo formate suiboru CSV (hodnoty oddelené ¢iarkami). Pozrite si éast
9.9 Export udajov.

3.7.1  Stare spravy

Ak bol vas systém BOND aktualizovany z verzie softvéru 4.0, tdaje o pripadoch a sklickach pred aktualizaciou sa
neprevedu do aktualnej databdzy. Staré Udaje (dalej len ,starie” Udaje) st v8ak stale k dispozicii. Pristup k nim
ziskate otvorenim ponuky Start (Start) > All Programs (V$etky programy) > Leica > BONDLegacy Report Viewer
(Prehliadac starsich sprav systému). Otvori sa verzia softvéru BOND 4.0. Zobrazte spracované sklitka na obrazovke
Slide history (Histdria skli¢ok) a vytvorte spravy rovnakym spésobom ako vo verzii 4.0. Rovnako ako vo verzii mozete
tlacit spravy z okna prehladov alebo ich ukladat vo formate PDF. Ak to chcete urobhit, vyberte poloZku File (Subor) >
Print (Vytlacit) a ako tladiarer vyberte moznost Leica PDF Printer (Tladiaren Leica PDF).

Systém BOND Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 AQ4
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 87



Kapitola 3 Prehlad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND)

V prehliadaci starsSich sprav BOND nevytvarajte pripady ani sklicka. Pouzivajte ho iba na prezeranie starsich tdajov a
vytvaranie sprav.

3.8  Pomocnik

Help
lkona Help (Pomoc) na paneli funkcif klienta Klinické aj klienta spravy otvori kontextové okno, ktoré vam
umozni vybrat verziu pouzivatel'skej prirucky, ktort chcete otvorit.

Select user manual

BONMND User Manual

BOND-PRIME User Manual

OK

Pripadne moZete otvorit okno pouZivatel'sku priru¢ku Select user manual (Vyber pouZivatel'skej prirucky) z ikony na
pracovnej ploche.
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3.9 Informacie o systéme BOND

Kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky, aby sa zobrazilo dialogové okno About BOND
(Informécie o systéme BOND), ktoré obsahuje informéacie o systéme.

Obrdzok 3-10: Dialégové okno About BOND (Informdcie o systéme BOND)

About BOND

BOND Software © 2022 fe,&:a

Leica Biosystems Melbourne
BIOSYSTEMS

Software information

Software version: 7.0.0.2070

BOMD user: admin

BOND user roles: Administrator
Language: English {United States)
Database version: DBVER_4.1.0 (70008)
Data version: 98.08.473*

Region information: 1 {RestOfWorld)

BOND Language Pack version: 1.30.3.46

TH_Max

Processing Module

Senal number: TH_Max
Type: BOMD-MAX
PCB: oooo -

Vacsina informécif v ¢asti About BOND (Informacie o systéme BOND) je v zdsade uréena pre servisnych pracovnikov,
pre laboratérnych pracovnikov v§ak moZe byt uzitoéna prvd skupina informécii, najma pocas rozhovorov s oddelenim
podpory zékaznikov.

Informécie obsiahnuté v prvej skupine su tieto:
* verzia softvéru: Cislo verzie softvéruy,
 pouzivatel systému BOND: pouzivatel'ské meno aktualneho pouzivatela,
* Ulohy pouzivatela systému BOND: Ulohy aktudlneho pouzivatela,
e jazyk: aktualny jazyk,
« verzia databdzy: verzia databazy (odkazuje na Struktiru databazy),
e verzia Udajov: verzia udajov nacitanych do databazy,

« informdcie o oblasti: svetovy region, pre ktory je systém nakonfigurovany (nastaveny pocas instalacie).
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Informacie mozete uloZit v dialdgovom okne do textového suboru - kliknite na ¢ast Report (Sprdva) a vyberte
umiestnenie na uloZenie suboru.

Servisny dennik

V klientovi spravy moZete generovat protokoly servisnych protokolov z dialégového okna About BOND (Informécie
o systéme BOND). Spravidla by sa tak stalo na Ziadost servisného zéstupcu. Vytvorenie servisného dennika:

1 Kliknite na polozku Service log (Servisny dennik) v dialégovom okne About BOND(Informécie o systéme BOND)
(pozrite si Obrazok 3-10).

2 Vyberte bud:
 Jedinecné sériové ¢islo modulu spracovania,

 *System* (Systém), ak chcete spravu o udalostiach softvéru alebo riadiaceho zariadenia v systéme
BOND, pripadne

o *LIS* pre udalosti suvisiace so systémom LIS.

3 Vyberte ¢asovy rdmec pre spravu alebo kliknite na moznost Last seven days (Poslednych sedem dni).

4 Kliknutim na moznost Generate (Generovat) vygenerujete spravu. Sprava sa zobrazi v prehliadaci sprav -
pozrite si ¢ast 3.7 Sprava.

5 Ak chcete exportovat servisny dennik do suboru CSV, kliknite na ikonu Export Data (Exportovat ddaje).

3.10 Definicie udajov systému BOND

Riadiace zariadenie BOND uklada definicie udajov, ktoré obsahuju vSetky podrobnosti o reagencii a protokole pre cely
systém. Predvolené protokoly a detaily reagencii Leica Biosystems a systémy reagencii su tiez zahrnuté.

3.10.1  Aktualizacie definicii udajov

Spolo¢nost Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizacie definicii idajov pomocou webovej lokality, napriklad
na pridanie novo vydanych reagencii. V ¢asti 10.4 BDD si pozrite pokyny tykajlce sa aktualizacii definicii Gdajov.

Ked aktualizujete definicie Udajov, musite pouzit iba aktualizaéné subory, ktoré maju koncovku stboru .bdd a su
urCeng pre spravny region.

Skontrolujte svoju aktudlnu verziu Udajov v dialégovom okne About BOND (Informdcie o systéme BOND). Ak chcete
zobrazit toto dialégové okno, kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND.
Pozrite si tieZ ast 3.9 Informécie o systéme BOND.
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3.11 Aktualizacia softvéru

Spolo¢nost Leica Biosystems moze vydavat aktualizacie softvéru, pretoze vyvoj systému BOND aj nadalej pokracuije.
Aktualizécie sa mdZu tykat hlavného softvéru alebo databdazy, ktord obsahuje predvolené protokoly, reagencie a
systémy reagencil.

Cislo aktuélnej verzie softvéru néjdete v dialdgovom okne About BOND (Informécie o systéme BOND) (pozrite si Gast
3.9 Informdcie o systéme BOND). Verzia Udajov sa zobrazi aj v dialdgovom okne About BOND (Informécie o systéme
BOND).
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Tato kapitola je navrhnuta tak, aby vam poskytla prehliadku vasho prvého individualneho cyklu so systémom BOND. V
ramci tejto prehliadky vytvorime vzorovy pripad a nakonfigurujeme a spracujeme Styri sklicka, ktoré otestujeme
s pomocou hotovych primarnych protilatok BOND *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6.

V pripade systémov BOND-IIl a BOND-MAX je predvoleny protokol a detekcny systém pre tieto protilatky pouzivame
*IHC Protocol F a BOND Polymer Refine Detection System (DS9800).

V pripade modulov spracovania BOND-PRIME je predvoleny detekény systém protokolu *IHC Protocol F a BOND-
PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces vyuZiva aj pomocny BOND-PRIME Hematoxylin
(AR0096).

Opisané postupy su platné aj pre sondy ISH a protokoly ISH (jednoducho vymerite protildtku za sondu a protokoly IHC
nahradte protokolmi ISH).

4.1 BOND-IIl a BOND-MAX

Skor ako zacnete, mali by ste sa obozndmit s relevantnymi ¢astami kapitol 2 Hardvér a 3 Prehlad softvéru (na
riadiacom zariadeni BOND) tejto prirucky.

e 4.1.1 Predbezne kontroly a uvedenie do prevadzky

4.1.2 Kontroly protokolov a reagencii

4.1.3 Nastavenie sklicok

4.1.4 Vkladanie reagencii

4.1.5 Spustenie protokolu

4.1.6 DokoncCenie
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411  Predbezne kontroly a uvedenie do prevadzky

Pred zaciatkom cyklu vykonajte nasledujuce kroky:

1 Skontrolujte, ¢i je modul spracovania isty a ¢i st vSetky dlohy ddrzby aktudlne (pozrite si ¢ast 12.1 Plan
Gistenia a udrzby).

Medzi denné ulohy pred spustenim cyklu patria nasledujuce:

a Skontrolujte, Ci nie st nadoby na nebaleny odpad naplnené do polovice. Na su¢asnom modeli BOND-MAX
pouzite bielu vodorovnu ¢iaru na Stitku nadoby ako vodidlo ozna¢ujdce poloviénu Uroven (pozrite si ¢ast
Obrdzok 12-3).

b Skontrolujte, ¢i st v nddobach na nebalené reagencie dostatocné mnozstva spravnych reagencii.
Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu - v pripade potreby ich vyCistite alebo vymente.

Skontrolujte, ¢i ma znackovac sklicok dostatocné mnozstvo Stitkov.

B~ W

Ak modul spracovania a riadiace zariadenie (a terminal, pre BOND-ADVANCE) nie sU zapnuté, teraz ich zapnite.

o

Ked je riadiace zariadenie alebo terminal spusteny, spustite klinického klienta.

6 Po spusteni softvéru skontrolujte obrazovky Status (Stavové), aby ste sa uistili, Ze nie st zobrazené Ziadne
oznamenia modulu spracovania. Pred pokusom o spustenie akychkolvek sklicok ich napravte.

7 Zapnite znackovac sklicok.

4.1.2  Kontroly protokolov a reagencii

Mali by ste skontrolovat, ¢i st v softvéri nastavené protokoly a reagencie, ktoré chcete pouZit pri spusteni.

Postup kontroly protokolov:

Protocol setup
1 Vyberte ikonu Protocol setup (Nastavenie protokolu) (zobrazend vpravo) na paneli funkcif.

2 Skontrolujte, Ci je v tabulke uvedeneé ,*IHC protokol F".

Ak protokol nie je uvedeny, vyberte All (VSetko) vo filtri Preferred status (Preferovany stav) v
dolnej Casti obrazovky (pozrite si ¢ast 7.2 Obrazovka nastavenia protokolu).

Vyberte protokol v tabulke a kliknite na poloZku Open (Otvorit) a pozrite si preferovany detekény systém v
dialégovom okne Edit protocol properties (Uprava vlastnosti protokolu); BOND Polymer Refine Detection.

Uistite sa, Ze protokol je vybrany ako moznost Preferred (Preferovany) v blizkosti hornej ¢asti dialégového
okna (ak chcete, aby bol protokol preferovany, musite sa prihldsit pomocou dlohy pouZivatela — dohliadajuci).

Postup kontroly reagencif:

Tato kontrola predpokladd, ze mate zasoby pozadovanych protilatok a detekéného systému a Ze boli Reagent setup
zaregistrované v inventari reagencii systému BOND. Pozrite si ¢ast 8.3.3 Registrdcia reagencii a systémov °,j
reagencii pre viac informacif.
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1 Vyberte ikonu Reagent setup (Nastavenie reagencie) (zobrazena vpravo) na paneli funkcil.

2 Na karte Setup (Nastavenie) vyberte moznost Primaries (Primarne) ako nastavenie polozky Reagent type (Typ
reagencie), moznost Leica Microsystems ako nastavenie polozky Supplier (Dodavatel) a moznost All (VSetko)
pre polozku Preferred status (Preferovany stav) vo filtroch v dolnej ¢asti obrazovky.

3 Vyhladajte kazdu z protilatok, ktoré potrebujeme (*CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6), a dvojitym kliknutim otvorte
dialégové okno Edit reagent properties (Uprava vlastnosti reagencii):

a Kliknite na polozku Restore factory default protocols (Obnovit predvolené vyrobné protokoly) (na
obnovenie predvolenych nastaveni z vyroby musite byt prihldseni pomocou Ulohy pouzivatela -
dohliadajuci). Tym sa zaisti, Ze je nastaveny predvoleny protokol farbenia *Protokol IHC F a predvolené
protokoly predbeznej Upravy.

b Skontrolujte, &i je reagencia oznacena ako moznost Preferred (Preferovand) (ak chcete, aby bola
reagencia preferovand, musite byt prihldseni pomocou Ulohy pouzivatela - dohliadajuci).

¢ Kliknite na polozku Save (UlozZit).

4 Teraz prejdite na kartu Inventory (Inventar) a vyberte poloZku Reagent containers (Nadoby na reagencie) ako
nastavenie polozky Package type (Typ balenia), moZnost Primaries (Primdrne) ako nastavenie polozky
Reagent type (Typ reagencie), In stock (Skladom) ako nastavenie polozky Inventory status (Stav zasob),
moznost Leica Microsystems pre polozku Supplier (Dodavatel) a moznost Preferred (Preferované) pre polozku
Preferred status (Preferovany stav) vo filtroch v dolnej ¢asti obrazovky.

Vsetky protildtky, ktoré potrebujeme, by sa mali zobrazit s dostupnymi objemami.
Uistite sa, Ze pre kazdu protilatku je k dispozicii dostatocny objem.

5 Natejistej karte vyberte polozku BOND detection systems (Detekéné systémy ) ako nastavenie polozky
Package type (Typ balenia) a moznost In stock (Skladom) pre poloZku Inventory status (Stav zésob).
Skontrolujte, Ci je preferovany detekcny systém, BOND Polymer Refine Detection, uvedeny v tabulke a Ci je
k dispozicii dostatoény objem (pozrite si ¢ast 8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekéné systémy).

41.3 Nastavenie sklicok

V tejto sekcii st opisané postupy, ako oznédmit systému BOND detaily, ktory potrebuje na farbenie Slide setup
sklicok, a postupy na fyzické umiestnenie sklicok do modulu spracovania. %Q

Softvérové operdcie v tejto sekcii sa vykondvaju na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka). Tuto
obrazovku zobrazite kliknutim na ikonu Slide setup (Nastavenie sklicka) na paneli funkci.

Pozrite si podsekcie:

e 4.1.3.1 Zadavanie detailov pripadu

4.1.3.2 Zadavanie detailov sklicka

4.1.3.3 Riadiace zariadenia

4.1.3.4 Oznacovanie sklicok

4.1.3.5 Vkladanie sklicok
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4.1.3.1 Zadavanie detailov pripadu

Najprv musime v softvéri vytvorit ,pripad” pre vzorku pacienta. V naSom priklade je meno pacienta A Edward,
identifikator pripadu 3688 a odporucajuci lekar je doktor Smith.

1 Kliknite na moznost Add case (Pridat pripad) na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka). Softvér zobrazf
dialégové okno Add case (Pridat pripad).

Obrazok 4-1: Dialdgové okno Add case (Pridat pripad)

Case IOV
Patiani nami Ehacard &,

Car Cofmimants:

Dioctor. Hemith -
Mamage dociors

Carse N

Dhespares vohime: 100 ol

# 150l

Propaion pretossl ‘D B

2 Kiliknite do pola Case ID (Identifikator pripadu) a napiste ,3688".
3 Kliknite do pola Patient name (Meno pacienta) a napiste ,Edward, A",

4 Kliknutim na polozku Manage doctors (Spravovat lekarov) otvorte dialégové okno Manage doctors (Spravovat
lekdrov). Tam kliknutim na polozku Add (Pridat) otvorte dialégové okno Add doctor (Pridat lekara) a do pola
Name (Meno) napiSte ,Smith". Skontrolujte, ¢i je zaCiarknuté policko Preferred (Preferovany). Kliknite na
polozku Save (UloZit).

5 Vyberte moznost ,Smith" a v dialdgovom okne Manage doctors (Spravovat lekarov) kliknite na tlacidlo OK.

6 Vyberte objem na dévkovanie 150pl ako predvolené hodnotu pre pripad. Toto nastavenie moZe byt pocas
nastavenia sklicka podla potreby prepisané.

7V poli Preparation protocol (Protokol o priprave) vyberte moZnost *Dewax (Odvoskovat) alebo *Bake and
Dewax (Zahrievanie a odvoskovanie) na nastavenie predvolenej pripravy skli¢ok v pripade. Toto nastavenie
moze byt pocas nastavenia sklicka podla potreby prepisané.

8 Kiliknutim na tlagidlo OK zatvorte dialégové okno Add case (Pridat pripad) - v tabul'ke viavo od obrazovky Slide
setup (Nastavenie sklicka) sa zobrazi novy pripad.

DalSie informacie o praci s pripadmi néjdete v Gasti 6.3 Praca s pripadmi.
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41.3.2 Zadavanie detailov sklicka
V dalSej faze vytvorime softvérové ,sklicka" pre kazdé zo Styroch fyzickych sklicok:
1 Vyberte nas novy identifikator pripadu 3688 v zozname pripadov v [avej Casti obrazovky.

2 Kliknutim na polozku Add slide (Pridat sklicko) zobrazte dialégové okno Add slide (Pridanie sklicka).
Obrazok 4-2: Dialégové okno Add slide (Pridanie sklicka)

Add slide
Edward. A
CaseID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 ype P
Doctor: +  Testtissue 100 L
Smith Negalive tissue o 150 uL
Slide ID: P
Positive tissue
Case N*:
3 Staining mode:

Single - Routine -

Single

Case comments:

Date created:
6/29/2020 12:21:24 PM

Process. « IHC ISH
Marker *CD5 (4C7) B
Protocols
Staining! *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax -
HIER “HIER 20 min with ER2 E
Enzyme - -
Marker UPI:
Auto
Detection System UPI:
Auto
s

3 Pripadne pridajte komentar Specificky pre toto sklicko.
4 Skontrolujte, ¢i je moznost Test tissue (Testovacie tkanivo) zvolend ako nastavenie Tissue type (Typ tkaniva).

5 Vyberte objem na davkovanie vhodny pre modul spracovania a velkost tkaniva (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy
davkovania a pozicia tkaniv na sklickach).

6 Budeme predpokladat, Ze na systéme BOND-III sa sklicka spracuiju, takZe nastavte objem na ddvkovanie na
150l

7V poloZke Staining mode (ReZim farbenia) vyberte moznost Single (Jednoduchy) a Routine (Rutinny).
8 Kliknutim na polozku IHC Specifikujte spracovanie IHC.
9 Zo zoznamu Marker (Znackovac) vyberte moznost *CD5 (4C7)

10 Na karte Protocols (Protokoly) softvér automaticky zada pripravny protokol nastaveny pre dany pripad a
predvolené protokoly farbenia a ziskavania udajov pre *CD5.
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11 Pri jednom farbeni by ste vo v§eobecnosti mali ponechat predvolend funkciu Auto (Automaticky) pre jedinecné
identifikdtory produktov (UPI) na lavej strane dial6gového okna. Ak v§ak chcete vybrat konkrétne ¢islo SarZe
pre konkrétne sklicko (napr. na overenie medzi $arzami), vyberte ho z rozbalovacieho zoznamu v
nasledujucich poliach:

» Marker UPI - UPI nadoby na reagencie pre znackovac
* Detection System UPI - UPI detekcného systému.

Na spracovanie sklicok v rovnakom cykle (v systéme BOND-MAX a BOND-III) musia byt identifikdtory UPI
rovnakeé alebo je potrebné vybrat moznost Auto (Automaticky).

12 Kliknite na moznost Add slide (Pridat skli¢ko).

Sklicko sa pridd do zoznamu sklicok napravo od obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka). Dialégové okno
Add slide (Pridat sklitko) zostane otvorené.

13 Zopakuijte kroky 9 - 12 trikrat a ako znackovac v kroku 9 vyberte *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) a *Bcl-6 (LN22)

14 Po pridani vetkych skligok kliknutim na tlacidlo Close (Zatvorit) zatvorte dialégové okno Add slide (Pridat
sklicko).

Skontrolujte detaily v zozname sklicok.

Obrézok 4-3: Styri sklicka nakonfigurované na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka)

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

N

00000003

*IHCF *C

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Ak potrebujete zmenit detaily sklicka, dvojitym kliknutim nan otvorte dialégové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicka), podla potreby zmenite detaily a potom kliknite na tlagidlo OK.

DalSie informécie o préci so sklickami najdete v Casti 6.5 Praca so sklickam.
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@ MbZete pouZit panely na rychle pridanie viacerych skli¢ok, ktoré bezne pouzivate. Vysvetlenie
panelov a informdcie o tom, ako ich vytvorit a pouZivat, najdete v éasti 8.4 Obrazovka panela
reagencii.

4.1.3.3 Riadiace zariadenia

Na systéme BOND vzdy pouZivajte kontrolné vzorky. Dérazne odporic¢ame umiestnit vhodné kontrolné tkanivo na
rovnaké podloZné skli¢ko ako tkanivo pacienta. Okrem toho méZete vytvorit samostatny pripad Speciélne pre sklicka
s kontrolnou vzorkou. Pozrite si ¢ast 6.2 Praca s kontrolnymi vzorkami, kde ndjdete dalSie informacie.

41.3.4 QOznacCovanie sklicok
Teraz ste pripraveni vytlacit Stitky sklicok a prilepit ich na sklicka:
1 kliknite na tlacidlo Print labels (Tla¢ Stitkov) na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka);

2V polozke Slide labels to print (Tla¢ Stitkov skliGok) vyberte prislusni moZnost a potom kliknite na tlacidlo Print
(Tlag).

VytlaCia sa Stitky.

3 Uistite sa, Ze matnd oblast sklicka (na ktort sa bude §titok naliepat) je suchd, potom nalepte $titok s
identifikdtorom sklicka alebo Giarovym kodom rovnobezne s koncom sklicka. Stitok by mal smerovat pravou
stranou nahor, ked' sa sklicko drzi Stitkom nahor.

Obrazok 4-4: Spravne nalepeny Stitok

Fﬁ FE.IVEQL
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te

v

Viac informacii najdete na obrazovke 6.6 Oznacovanie sklicok.
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4.1.3.5 Vkladanie sklicok

Vlozte sklicka nasledujucim spésobom:
1 Podrzte sklicko za koniec Stitka tak, aby bola vzorka hore.

2 PridrZte sklicko nad prazdnou poziciou na podnose na sklicka tak, aby bol koniec $titka nad zarezom na bocnej
¢asti podnosu (pozrite si Obrazok 4-5). PoloZte sklicko nadol tak, aby zapadlo do zapustenej polohy v podnose.

Obrézok 4-5: Umiestnenie sklicka do podnosu na sklicka

3 Drzte krycie sklicko Covertile za koniec a poloZte ho na sklicko tak, ze vlozite vycnelok na hrdle krycieho sklicka
Covertile do priehlbiny v podnose na sklicka (zakrizkované na Obrazok 4-6). Vdaka novému dizajnu krycich
skliok Covertile by sa slovo ,Leica” vytlacené na krycom sklicku Covertile malo ¢itat spravne, o znamena, ze
krycie sklicko Covertile je v spravne orientované.

Obrazok 4-6: Umiestnenie krycieho sklicka Covertile na podlozné sklicko

4 Ked su vSetky podlozné sklicka a krycie sklicka Covertile vlozené do podnosu, nadvihnite podnos a koniec pri
vstupe polozte do prazdnej zostavy na farbenie sklicok. Zasurite podnos az na doraz do modulu. Podnos by sa
mal lahko zasunut a ked je na svojom mieste, mal by hlasno zacvaknut.
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4.1.4  Vkladanie reagencii

Teraz je potrebné umiestnit na moduly spracovania detekény systém (BOND Polymer Refine) a nddoby na znackovace
(pre *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6).

VYSTRAHA: N&doby na reagencie sa mozu pocas prepravy naklanat, pricom zostanu zvysky
fi=3s\ reagencie okolo uzaveru. Pri otvarani nadob na reagencie vzdy pouzivajte schvalend ochranu oci,
rukavice a ochranny odev.

)0y

Ak chcete vloZit reagencie do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX, postupujte takto:

1 Nadoby na znackovace vlozte do podnosov na reagencie zarovnanim drazok na zadnych stranach nadob so
zarazkami v priehradkdch na podnosy. Zatlacte nadol, kym nadoby nezacvaknu na svoje miesto.

Nadoby na znackovace je mozné v pripade potreby umiestnit do ndhradnych priehradiek v podnosoch
detekcného systému.

Obrazok 4-7. Nadoba na reagencie v podnose na reagencie
Sipky oznaduju drazky v
nadobe na reagencie a v
podnose na reagencie.

2 Otvorte vSetky nadoby na znackovace a nadoby detekéného systému. Kliknutim otvorte veka a otocCte ich
dozadu, az kym nezapadnu do Uchytiek na zadnej strane nadob.

3 Uistite sa, ze horné Stitky s ¢iarovym kddom su Uplne prilepené na nadobadch — vSetky odlepujlce sa Stitky
pritlaCte na miesto.

4 Utrite v8etku vlhkost/kondenzéciu z horného $titku s ¢iarovym kédom.
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5 Umiestnite nadoby na reagencie na platformu reagencii modulu spracovania. Na navedenie zasobnikov do
ploSiny pouzite vodiace listy na ploSine.

Ked podnos dosiahne koniec ploSiny, mal by sa aktivovat zédmok. Kontrolka LED podnosu sa zmeni na zelend,
¢o znamena, ze zasobnik je na svojom mieste.

Obrézok 4-8: Vkladanie podnosu na reagencie

Legenda

1 Blokovaci mechanizmus podnosu

2 Blokovaci port modulu spracovania

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 101



Kapitola 4 Rychly Start

6V softvéri kliknutim na kartu modulu spracovania zobrazite obrazovku System status (Stavova obrazovka
systému).

Stipec s reagenciou je zobrazeny svetlej$ou farbou s tmavym okrajom, ¢o znamend, e dany podnos sa bude
snimat. Systém BOND zobrazi identifikator na reagencidch hned, ako bude k dispozicii hlavny robot, a potom
aktualizuje ikony reagencii.

Obrazok 4-9: Stav podnosu na reagencie, ako je zobrazeny na stavovej obrazovke systému

I
£ £
*CD5
AL
*CD30
£ 2
*c010 2
o
5
£ 3
“Ki67 g
E
g
g

Ak sa vyskytnu nejaké problémy s reagenciami, softvér zobrazi na tejto obrazovke ikonu upozornenia.
Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu ziskate dalSie informdcie (pozrite si ¢ast 5.1.3.4 RieSenie problémov
s reagenciou).

Ak bude potrebna reagencia v podnose do 2 minut, kontrolka LED sa rozsvieti nacerveno, ¢o

‘ Podnosy na reagencie mdZete vybrat kedykolvek, ked na paneli svieti kontrolka LED nazeleno.
znamena, Ze podnos je uzamknuty (pozrite si ¢ast 2.2.6.5 Platforma reagencii).
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4.1.5  Spustenie protokolu

Ked su sklitka a reagencie nakonfigurované a vlioZzené v module spracovania, méZete zacat so spracovanim.

1 Skontrolujte, Ci je veko modulu spracovania zatvorené.
2 Stlacte tlagidlo Load/Unload (VloZit/Vybrat) na prednom kryte pod vioZzenym podnosom na sklicka.

BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a kontrolka LED podnosu na sklicka by mala svietit oranZovo.

Pocuvajte, ako sa zamok podnosu na sklitka uzamkne - v pripade hlasného praskania alebo
zvukov cvakania je pravdepodobng, Ze krycie sklicka Covertile su mimo spravnej polohy. V
takom pripade odomknite podnos, vyberte a skontrolujte sklicka a krycie sklicka Covertile.

3 Hned ako bude k dispozicii hlavny robot, systém BOND nasnima sklicka.

Ak niektoré z pozadovanych reagencii nie su k dispozicii, softvér zobrazi pod zoznamom sklicok ikonu
upozornenia. Ak chcete ziskat dal$ie informdcie, kliknite pravym tlagidlom mysi na tuto ikonu.

4 Pokial sa nezistili ziadne nerozpoznané alebo nekompatibilné sklicka, sklicka su teraz pripravené na farbenie.
LiSta priebehu bude v zaciatoénej faze (pozrite si éast 5.1.6.2 Priebeh cyklu) a stav cyklu bude Slides ready
(Pripravené skli¢ka) (pozrite si ¢ast 5.1.6.1 Stav cyklu).

Kliknutim na polozku [IBEM spustite protokol (alebo moZete nastavit, aby sa modul spracovania spustil
neskor; pozrite si ¢ast 5.1.8 Odlozeny Start).

Systém naplénuije cyklus, potom sa indikator priebehu prepne do fazy spracovania a stav cyklu bude Proc (OK)
(Sprac. (OK)).

potom spustit dali cyklus. Po kazdom spusteni pockajte chvilu, aby ste sa uistili, Ze bol
Uspesne spusteny. Ak nie, stav cyklu sa nastavi na moznost Rejected/Slides ready

‘ Mali by ste spustit iba jeden cyklus naraz pockat, kym sa tento cyklus spusti/naplanuje, a az
(Odmietnuté/sklicka pripravené). Pozrite si ¢ast 5.1.6.1 Stav cyklu.

Pocas spracovania cyklu tlacidlo Load/Unload (VlozZit/vybrat) pre zostavu na farbenie skli¢ok neuvolni podnos na
sklicka.

Kliknite na polozku [IEEHM pod podnosom na obrazovke System status (Stavov systému), aby ste ukonéili cyklus
(pozrite si ¢ast 5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu).
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416  Dokoncenie

Po dokonceni cyklu spracovania bliké ikona karty modulu spracovania (pozrite si ¢ast 5.1.7 Karty modulu
spracovania). Ak sa pocas cyklu vyskytli neo¢akdvané udalosti, text na displeji je Cerveny a pod podnosom a na
dotknutych skli¢ckach sa objavi symbol ozndmenia. V takom pripade skontrolujte obrazovku System status (Stav
systému) s ikonami upozorneni. Kliknutim na tieto ikony pravym tlac¢idlom mysi zobrazite informéacie o stave, ktory si
vyZaduje pozornost. Je potrebné skontrolovat aj spréavu o udalostiach cyklu (pozrite si ¢ast 9.4 Sprava o udalostiach
cyklu), kde ndjdete dalSie informacie o problémoch pocas cyklu.

Po skonceni cyklu:

1 Vyberte podnosy na reagencie.

Veka nadob na reagencie pevne uzavrite, aby sa zabranilo vyparovaniu reagencii, a reagencie okamzite ulozte
podla odporucani na Stitku alebo harku s informaciami o reagenciach.

2 Vygenerujte spravu o udalostiach cyklu (pozrite si ¢ast 9.4 Sprava o udalostiach cyklu).

3 Stladte tlacidlo Load/Unload (VloZit/vybrat) a vyberte podnosy na sklitka z modulu spracovania.

skontrolujte, Ci sa v zostave na farbenie sklicok a okolo nej nenachadzaju zlomené sklicka, k
¢omu méZze déjst v nepravdepodobnom pripade rozdrvenia nevyrovnaného sklicka. Ak dno,

‘ Pocuvajte, ¢i vyprazdnovani podnosu nebudete pocut zvuky praskania alebo cvakania. Ak dno,
obratte sa na oddelenie podpory zdkaznika.

4 Podnos na sklicka polozte na rovny a stabilny povrch. Odstrarite krycie sklicka Covertile tak, ze podrzite Stitok
skliCka a potom opatrne zatlacite hrdlo krycieho sklicka Covertile nadol, aby ste zdvihli koniec krycieho sklicka
Covertile.

NeprisUvajte krycie sklicko Covertile cez povrch sklicka, pretoze by ste mohli poskodit tkanivo,
¢o by stazilo ¢itanie sklidok.

5 Zdvihnite krycie sklicka Covertile z podloznych skli¢ok a vycCistite ich podla opisu v ¢asti 12.3 krycie sklicka
Covertile.

6 Vyberte sklicka a pokracujte dalSim krokom pri ich spracovani podla postupov laboratdria.

MéZete sa rozhodnut znova spustit akékolvek sklicka (pozrite si ¢ast 9.3 Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie
sklicka).

Tymto sa dokonci vas prvy cyklus na systéme BOND.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Podrobné informdcie ndjdete v samostatnej pouzivatelskej prirucke systému BOND-PRIME.

421  Predbezne kontroly a uvedenie do prevadzky

1 Zapnite riadiace zariadenie (a terminal pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta BOND.
2 Skontrolujte, ¢i znackovac skliCok obsahuje Stitky a tlacovu pasku a Ci je zapnuty.
3 Inicializujte modul spracovania BOND-PRIME a prihldste sa.

4 Dokoncite vSetky ulohy poradia opatreni, ktoré ukazuju, Ze akcia sa vyzaduje ,Co najskor” alebo ,teraz”.

4.2.2  Kontroly protokolov a reagencii

Pouzite *IHC Protocol F a BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces vyuZiva aj pomocny
BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096). V opacnom pripade postupujte podla krokov opisanych v éasti 4.1.2 Kontroly
protokolov a reagencii.

47.3 Nastavenie sklicok

Postupujte podla krokov opisanych v ¢asti 4.1.3 Nastavenie sklicok (az po oznacenie skli¢ok Stitkami, vratane tohto k
roku).

4.2.4  Namodule spracovania BOND-PRIME:

1 Vlozte podnos na reagencie a podnos detekéného systému.
Vlozte sklicka do zasuvky na predbezné vloZenie.

Sklicka sa potom naskenuju, presunu zo zasuvky a automaticky spracuju.

A~ W N

Po dokonceni procesu farbenia sa sklicka prenesu do zdsuvky na vykladanie, kde budu hydratované, kym ich
neodstranite.
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Stavove obrazovky BOND-IIl a
BOND-MAX (na riadiacom
zariadeni BOND)

@ Stavoveé obrazovky v riadiacom zariadeni BOND sa nepouzivaju pre systém BOND-PRIME. Informadcie
o stave systému BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému BOND-PRIME.

V klinickom klientovi ma kazdy modul spracovania dve stavové obrazovky a obrazovku Udrzby, ktoré sa zvolia na
zalozkach v lavej hornej Casti okna po zvoleni modulu spracovania na zalozkach vlavo. Obrazovka System status
(Stav systému) pontka moZnost riadenia systému z pohladu, ktory zobrazuje umiestnenie skli¢ok a reagencii v
module. Obrazovka Protocol status (Stav protokolu) poskytuje informdcie o priebehu protokolu pre jednotlivé sklicka.
Obrazovka Maintenance (Udrzba) obsahuje prikazy pre cely rad operécif idrzby.

» 5.1 Stavova obrazovka systému
e 5.2 Obrazovka stavu protokolu
» 5.3 Obrazovka udrzby
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Kapitola 5 Stavové obrazovky BOND-IIl a BOND-MAX (na riadiacom zariadeni BOND)

5.1  Stavova obrazovka systému

@ Této obrazovka sa vztahuje len na moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX. Informdcie o stave
modulu spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému BOND-

PRIME.

Této obrazovka vdam umoznuje kontrolovat spracovanie a zobrazuje podrobnosti o vlioZzenych podnosoch na sklicka a
reagencidch, ako aj o stave reagencii, odpadu a blokovani v systéme.

Obrazok 5-1: Obrazovka System status (Stav systému) pre modul spracovania BOND-III
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Karty modulu spracovania v lavej Casti stavovych obrazoviek poskytuju vizualny suhrn stavu pridruzeného modulu
spracovania. Kliknutim na zalozku zobrazite podrobny stav modulu spracovania.

Viac informécii ndjdete nasledujucich Castiach:
» 5.1.1 Karty modulu spracovania
e 5.1.2 Stav hardvéru
» 5.1.3 Stav reagencii
e 5.1.4 Informacie o sklicku
 5.1.5Identifikdcia sklicok v systéme
» 5.1.6 Ukazovatel priebehu cyklu
» 5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu

» 5.1.8 Odlozeny Start
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5.1.1  Karty modulu spracovania

Softvér zobrazuje v lavej Casti obrazovky kartu pre kazdy modul spracovania v systéme (jednomiestny)
alebo v stbore, ku ktorému je klient pripojeny (BOND-ADVANCE). Ak nie je dostatok vertikdlneho priestoru na @
zobrazenie vSetkych modulov spracovania, posuvajte sa hore a dole pomocou zobrazenych tlacidiel so

Sipkami (Sipka nahor zobrazend vpravo).

Obrdzok 5-2: Karty modulu spracovania (BOND-III)

Kazd4 karta zobrazuje ndzov modulu spracovania a obdiZnikové ikony zobrazuju stav zostav na farbenie skli¢ok
(pozrite nizsie). Ak chcete zobrazit obrazovku System status (Stav systému) pre modul spracovania, kliknite na
zélozku. Ked karta modulu spracovania vybratd, zobrazi sa okolo nej modry obrys a Sipka smerujlca doprava (pozrite
vyssie).

5.1.1.1 Stavy zostavy na farbenie skliCok

NiZSie su uvedené priklady stavov zostavy sklicok, s ktorymi sa mézete stretnit na karte modulu spracovania.

Pred cyklom:

Prazdny obdiZnik: Ziadny podnos nie je pritomny alebo nie je uzamknuty.
Animované identifikacné Cisla a pIné pruhy: podnos je snimany.

lkona podnosu so sklickami: Stitky sklicok boli nasnimané a podnos je pripraveny na spustenie.

1l

Pocas cyklu:

Zobrazenie Casu Ciernou farbou s pohybujtcimi sa bodkami viavo: podnos je v cykle, nie su
hlasené ziadne neoCakavané udalosti. Zobrazeny Cas predstavuje odhadovany ¢as dokoncenia pre
podnos.

i* 1:06 Pm| Cas sa zobrazuje Cervenou farbou s pohybujicimi sa bodkami viavo: podnos je v cykle s hldsenymi
neocakavanymi udalostami. Zobrazeny ¢as predstavuje odhadovany ¢as dokonéenia pre podnos.

Po cykle:

Cas bliké a je zobrazeny ¢iernou farbou so statickymi bodkami viavo: cyklus bol dokongeny v
naplanovanom case bez akychkolvek neoCakavanych udalosti.

Cas blika a je zobrazeny cervenou farbou so statickymi bodkami viavo: cyklus bol dokonéeny v
naplanovanom ¢ase, no vyskytli sa neoc¢akavané udalosti.

Cyklus bol preruseny.
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5.1.1.2  Statusy modulu spracovania

Softvér nepretrzite monitoruje stav systému a na karte modulu spracovania sa mézu zobrazit nasledujuce ikony:

I S ™ S~ N

', Modul spracovania nie je pripojeny. Vystraha:
3 Softvér BOND zistil neoc¢akavany stav.

[ ] (Blik&) Modul spracovania sa spusta. ﬂ Alarm (blika):
|:| Na pokracovanie v prevadzke vyzaduje
:I modul spracovania zdsah pouzivatela.

& Na module spracovania momentalne @ Modul spracovania prechddza udrzbou.
prebiehaju opravy.

5.1.2  Stav hardveéru

lkony v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazuju vystrahu } alebo alarm A , ak doslo k problému s niektorou
¢astou systému BOND, alebo zobrazuju informacny indikétor, ak ma systém vSeobecné oznamenie. Kliknutim
pravym tlacidlom mySi na ikonu ziskate dalSie informacie.

! VSeobecna chyba systému alebo pripomienka udrzby.

Zobrazuje sa, ked je pocas cyklu farbenia otvorené veko alebo ak su otvorené dvere pre nadobu na

-ii‘.;f nebaleny material (len systém BOND-MAX). Tieto musia byt zatvorené, aby bolo mozné prevadzkovat
modul spracovania.

Ak farbenie neprebieha, zobrazi sa namiesto toho informacny indikétor.

Chybajuca alebo nedostatocna reagencia.

Modul spracovania spustil inicializ&ciu a ete sa nepokusil nasnimat zmie$avaciu stanicu.

PocCas inicializacie nebola rozpoznana zmieSavacia stanica. Je mozné, ze stanica nebola vlozena,
Q alebo moze byt vloZend, ale Siarovy kdd nebol rozpoznany.

V pripade potreby vlozte do modulu spracovania Cistu zmieSavaciu stanicu. Kliknite pravym tlacidlom

mysSi na ikonu a postupujte podla pokynov, aby ste informovali systém, ze zmieSavacia stanica je na
svojom mieste.
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Stav zmieSavace] stanice pri inicializécii je znecisteny (napr. stanica bola znecistena pri poslednom
w zatvoreni modulu spracovania).

Uistite sa, Ze na mieste je Cista zmieSavacia stanica, potom kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu a
potvrdte.

M@ Cistenie zmiesavacej stanice nebolo dokoncené.

Je mozné, ze budete moct nadalej pouZivat zostdvajlce gisté flasticky. V opaénom pripade budete
musiet reStartovat modul spracovania, aby sa 0oznamenie vymazalo.
Ak ozndmenie pretrvdva, méze to znamenat problém s fluidikou, kontaktujte podporu zakaznika.

K dispozicii nie su ziadne Cisté zmieSavacie flasticky.
% Pockajte, kym modul spracovania vycCisti niektoré flasticky, a potom pokracujte obvyklym spésobom.

Ak flasticky nie st vyCistené, mozno budete musiet reStartovat modul spracovania. Ak oznémenie
pretrvéva, moze to znamenat problém s fluidikou, kontaktujte podporu zakaznika.

@ Ak je to potrebné, moZete zmieSavaciu stanicu vygistit manualne. Pozrite si ¢ast 12.7 Premyvaci blok
a zmieSavacia stanica.

5.1.2.1  Chyby ohrievaca

Kazdy z ohrievacov sklicok BOND-IIl a BOND-MAX sa monitoruje nezavisle a v pripade chyby teploty sa oznaci ako
chybny, (pozrite si Obrazok 5-3). Ak je indikovany chybny ohrievag, obrétte sa na oddelenie podpory zékaznika.

Obrézok 5-3: Individualna chyba ohrievaca

4
£

Mali by ste sa pokusit spustit sklicko, ktoré vyZaduje zahrievanie v polohe oznacenej ako chybnd. Ak pocas cyklu
nefunguje ohrievanie, méze dojst k naruseniu sklicka v tejto polohe. Ak porucha ohrieva¢a predstavuje bezpe¢nostné
riziko, moZe dojst k zastaveniu zahrievania vSetkych skli¢ok na module spracovania (pozrite si Obrazok 5-4).

Obrazok 5-4: Sivé symboly ohrievaca v kazdej polohe oznacuju Uplné vypnutie vyhrievania

S —
S =
2 —
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Po vypnuti vyhrievania skliGok musite vypnut a reStartovat modul spracovania, aby ste vygistili zdmok ohrievaca.
Polohy skli¢ok moZete nadalej pouzivat s chybnymi ohrievaémi, pokial sklicka, ktoré sa tam spracovavaju, nevyZzaduju
zahrievanie.

5.1.2.2 Indikacia teploty

Ak zostava na farbenie skli¢ok presiahne okolitl teplotu, v dolnej ¢asti obrazovky System status (Stav systému) sa
objavi indikator teploty.

Indikator teploty v dolnej Casti obrazovky signalizuje, Ze zostava na farbenie sklicok je tepla alebo horuca.

Obrézok 5-5: Indikator teploty - teply (vlavo) a hordci (vpravo)

Hranice podnosov na sklitka na obrazovke System status (Stav systému) tiez zmeni farbu na indikaciu teploty:
modra, ked ma podnos okolitu teplotu, oranzovy, ked je teply, a Cerveny, ked je horlci.

Obrazok 5-6: Hranice indikacie teploty podnosov na skli¢ka: teplé (vlavo) a hortce (vpravo)

Fged

00000410 Qooo0404
i ) ag°C

@5 mec

INQ

Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie skli¢ok a ich okolim. M6Zu byt velmi hortce a spésobit vazne
popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie skli¢ok a ich okolie vychladnit dvadsat minut.

5.1.3  Stavreagencii

Na pravej strane obrazovky System status (Stav systému) je zobrazeny stav zistenych reagencii. V niZ$ie uvedenych
Castiach sa opisuju pouzité ikony a sposob vyrieSenia niektorych problémov s reagenciami uvedenych na obrazovke.

e 5.1.3.1 Systémy reagencii

5.1.3.2 Nadoby na reagencie

5.1.3.3 Hladiny reagencii

5.1.3.4 RieSenie problémov s reagenciou
» 5.1.3.5Oprava nezistenych reagencif

» 5.1.3.6 Stav nadoby na nebaleny material
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5.1.3.1  Systémy reagencii

Detekény systém BOND

“"; Bond Polymer Refine Detection

Cistiaci systém BOND
Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Nadoby na reagencie

‘ lkony nadob na reagencie maju hviezdicku (*) pred ndzvami reagencii doddvanych spoloénostou
BOND.

Hotov4 primarna protildtka BOND.
Udaje o tychto reagenciach zaddva automaticky softvér BOND, ked ich zaregistrujete. Je uvedeny
skrateny nazov reagencie.

£
*CD10

[SSSSSSSSS| . Hotov4 sonda IHS BOND.

-m;meu Udaje o tychto reagencidch zaddva automaticky softvér BOND, ked ich zaregistrujete. Je uvedeny
skrateny nazov reagencie.
| Primarna protilatka doddvana pouZivatelom v otvorenej alebo titracnej nddobe BOND.

- Podrobnosti o tychto reagenciach sa musia zadat manuélne na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie
reagencii) pred registraciou, pri registrécii je potrebné uviest ¢islo Sarze a ddtum exspiracie. Je
uvedeny skrateny nazov reagencie.

——  Pouzivatelom doddvana sonda ISH v otvorenej alebo titrainej nddobe BOND.
- Podrobnosti o tychto reagenciach sa musia zadat manuélne na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie

reagencii) pred registraciou, pri registracii je potrebné uviest ¢islo Sarze a ddtum exspiracie. Je
uvedeny skrateny nazov reagencie.

= Hotové pomocné reagencie BOND.

.an";;mm Udaje o tychto reagencidch zaddva automaticky softvér BOND, ked ich zaregistrujete. Je uvedeny
skrateny nazov reagencie.
, Enzym BOND v otvorenej alebo titratnej nadobe BOND.
'En_;_yl'ﬁm Enzym BOND musi byt pripraveny pouzivatelmi a vloZeny do otvorenych nédob, ale detaily nastavenia

reagencii su vopred definované v softvéri BOND. Pri registracii sa vyzaduje iba Cislo Sarze a datum
exspiracie.

=== Pomocn4 reagencia dodavana pouzivatefom v otvorenej alebo titraénej nadobe BOND.

Podrobnosti o tychto reagencidch sa musia zadat manudlne na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie
reagencii) pred registraciou, pri registrécii je potrebné uviest ¢islo Sarze a datum exspiracie. Je
uvedeny skrateny nazov reagencie.

YaH2O
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Softvér nezistil reagenciu v tejto polohe.

Ak je pritomna reagencia, pozrite si ¢ast 5.1.3.5 Oprava nezistenych reagencii, kde najdete Udaje o
tom, ako problém vyriesit. Ak snimac¢ ¢asto nespravne nasnima identifikdtory, vycistite okno snimaca
identifikatorov (pozrite si ¢ast 12.9 Snimac identifikatorov).

Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou. Ak chcete ziskat dalSie informacie, kliknite pravym

1)
“

L tlagidlom mySi na symbol informdcif.

? Je mozné, Ze softvér BOND nerozpoznal reagenciu. V takom pripade pomocou ru¢ného skenera
nasnimajte reagenciu a pridajte ju do inventara. Ak je identifikator poskodeny, zadajte ho manualne.
DalSie informdcie si pozrite v ¢asti 8.3.3 Registracia reagencii a systémov reagencii.

@ Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou alebo systémom reagencii.

Ak chcete ziskat dalSie informécie, kliknite pravym tlacidlom mysi na symbol ozndmenia.

5.1.3.3 Hladiny reagencii

lkony pre systémy reagencii 0znacuju iba tri hladiny objemu na obrazovke System status (Stav systému):

‘-l; Bond Polymer Refine Detection v gy
PIné az priblizne na 20 %
piné
™ Bond Folymer Refine Datection , )
Nizke (od asi 20 %
zostavajucej po takmer
prazdne)
- 1
= Bond Polymer Refine Datection ,
e Prazdne

Ikony pre hotové reagencie a otvorené nadoby oznacuju hladiny reagencii presnejSie.

Obrézok 5-7: Priklady hladin hotovych reagencii uvedené na obrazovke System status (Stav systému)

| —
£ AL £ oL
*CO10 *CD10 *CO10 *CO10

Ak chcete zobrazit podrobnejsie informdcie 0 zozname reagencii alebo systéme reagenci, kliknite pravym tlagidlom
mysi na ikonu a vyberte polozku Inventory... (Inventar...) z rozbalovacej ponuky. Zobrazi sa okno Reagent inventory
details (Udaje o inventari reagencif). Pozrite si ¢ast 8.3.2 Udaje o reagencii alebo systéme reagencif.
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5.1.3.4 RieSenie problémov s reagenciou

Ak softvér BOND zisti problém s reagenciou potrebnou na spracovanie pred zaciatkom procesu, zobrazi ikonu
upozornenia na obrdzku naddoby na reagencie pod podnosom na skli¢ka na obrazovke System status (Stav systému).
Ak sa problém vyskytne pocas cyklu, nad ikonou stavu hardvéru reagencie sa zobrazi ikona upozornenia, ako je to
opisané vysSie v tejto sekcii. Ak chcete zobrazit dalSie informécie o probléme, kliknite pravym tlagidlom mysi na ikonu
upozornenia.

Ak potrebujete vymenit alebo pridat reagenciu, vyberte podnos na reagencie obsahujuci problémovi reagenciu,
vymerite alebo pridajte pozadovanu reagenciu a podnos znova vlozte.

@ Ak spracovanie uz prebieha a reagencia v konkrétnom podnose bude potrebna do 2 minut, nebudete
mozné dany podnos vybrat bez prerusenia cyklu. To zndzorfuje indikator, ktory pre dany podnos na

reagencie svieti nacerveno.

5.1.3.5 Oprava nezistenych reagencii

Ak sa reagencia nezisti alebo sa suprava zisti iba Ciastocne, vykonajte nasledujuce kroky:

1 Skontrolujte, Ci:

 jenadoba nareagencie spravne umiestnena na podnose na reagencie,

* je otvoreny uzaver nadoby na reagencie a prichyteny k zadnej ¢asti nadoby,

* je nahornej prednej strane nadoby neposkodeny identifikator s Ciarovym kddom reagencie.
2 Skontrolujte, Ci je reagencia zaregistrovana v zozname reagencii.

» Akreagencia nie je zaregistrovana, zaregistrujte ju podla opisu v Casti 8.3.3 Registracia reagencii
a systémov reagencii

3 Teraz mbzete bud:

a vybrat podnos na reagencie (potom si poznacte jedinecny identifikator balenia (UPI) prislu$nej reagencie)
a znova ho vloZit, aby systém znova automaticky identifikoval podnos na reagencie, alebo

b ak opatovné vloZenie podnosu na reagencie nie je Uc¢innym rieSenim, mézete ho identifikovat manualne.
Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu nadoby na obrazovke System status (Stav systému) a vo
vedlaj$ej ponuke kliknite na tlacidlo Select... (Vybrat...). Zadajte UPI vy$Sie uvedenej reagencie a kliknite
na tlacidlo OK.

Na obrazku sa zobrazi obrazok i na identifikaciu reagencie, ktord bola manualne zadan alebo Giastocne
identifikovana. Symbol (a manuélne identifikovana reagencia) zmizne, ak sa vyberie podnos na reagencie.

Ak manualne zadate Cislo UPI reagencie, zobrazi sa nasledujuce hlasenie:
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Obrazok 5-8: Oznamenie o manuélne zadanej reagencii

(D)

Please ensure reagent container lid is open before pressing
'‘Confirm’ to proceed.

** FAILURE TO OPEN LID MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE ™

Ked systém identifikuje manudlne zadané ¢islo UPI alebo modul spracovania automaticky identifikuje
reagenciu, zobrazi sa nasledujuca ikona.

Obrazok 5-9: Manuadlne zadana alebo automaticky identifikovana reagencia

Ak bola suprava identifikovana iba Ciastocne a modul spracovania automaticky identifikoval niektoré nadoby,
zobrazi sa nasledujuca sprava a ikona.

Obrazok 5-10: Oznamenie o automaticky identifikovanej siprave

Notifications

Not all containers in detection system ChromoFlex 1 Dual Detection

were scanned. This may be because some of the lids were closed.

Please click 'Confirm’ to proceed if all reagent containers are present
@ and their lids open, otherwise click 'Cancel"

** FAILURE TO OPEN LIDS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE **

Obréazok 5-11: Automaticky identifikovana stprava
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5.1.3.6  Stav nadoby na nebaleny material

Pravé dolna ¢ast obrazovky System status (Stav systému) zobrazuje ikony pre nddoby na nebaleny odpad a
reagencie. Kazda nadoba je oznacena a farby zodpovedaju nain$talovanym nadobam. Polohy ikon nadob na nebaleny
material na obrazovke System status (Stavov systému) odrazaju fyzické polohy zodpovedajlcich priehradiek na

nadoby na nebaleny material na module spracovania.

Konkrétnu konfiguraciu nadob pre kazdy typ modulu spracovania si preditajte v ¢asti 2.2.7 Priehradka na nadoby na

nebaleny material.

Obrdzok 5-12: N4doby na nebaleny materidl (konfiguracia BOND-III)

R
‘ER1  “"ER2

II_EIEIEH;H;H;I

“BWash *Alcohol *BlkWasl *BlkWast *HazWast

Obrdzok 5-13: Nadoby na nebaleny materidl (konfiguracia BOND-MAX).

DE][D@@D@ 5

"HazWwast "ER1 "ER2 "Dewax "D "B\Wash “Alcohol "BlkWWas!

lkona uplne vpravo
predstavuje nadobu na
externy odpad

NiZSie su uvedené opisy obsahu kazdej z vySSie uvedenych nadob na nebaleny material.

Stitok nadoby na nebaleny material Obsah nadoby na nebaleny material

*Dewax Roztok na odvoskovanie BOND

*DI Deionizovana voda

*BWash Roztok BOND Wash Solution

*Alcohol Etanol (reagenéného stupna)

*BlkWast Nebaleny odpad

*HazWast Nebezpecny odpad

*ER1 Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 2
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BOND-II

Softvér zobrazi hladiny v nadobach na nebalené reagencie a odpad BOND-III. Ak je zasoba reagencia nizka alebo je
Uroven odpadu vysokd, moze sa v zavislosti od zavaznosti problému aktivovat zvukovy alarm, pulzujica kontrolka
flaSe (biela alebo Cervenad) a vystrazna ikona zobrazend na stavovej obrazovke. Kliknutim pravym tlacidlom mysi na
ikonu zobrazite spravu s upozornenim a vykonate vSetky kroky potrebné na vyrieSenie problému. Pozrite si ¢ast
12.2.2 Doplnanie alebo vyprézdiovanie nddob na nebaleny material.

‘ ‘ Ak sa zobrazi vystrazny symbol, spracovanie sa pozastavi, kym sa problém nevyriesi.

systémom osvetlenia, ako je opisané v Casti System osvetlenia nadob na nebaleny material

‘ Stav néddoby na nebaleny materidl v okne System status (Stav systému) je synchronizovany so
(BOND-III) (Sekcia na strane 53).

Displej softvéru BOND-II zobrazuje interpretovanu hladinu vo flasi na zaklade odhadu, kolko dalSich podloznych
sklicok je mozZné spracovat pomocou nebalenych reagencii. Na oznacéenie stavov nadob na nebaleny material sa
pouzivaju nasledujuce ikony:

lkony objemu nadob na nebalené reagencie

Obrézok 5-14: Ikony objemu nédob na nebalené reagencie

Zasobniky | Odvoskovani Deionizovan | Pufer | HEIR1 |HEIR2 | Stitok Flasa
o .

Rozsah hlasitosti Svetla

Flasa 2
i i odstranend i i i Off (Vyp)

Pozastaveni
e
prebiehajuce
j davky

CERVENA | CERVENA

0-150 0-150 0-150 0-150{0-100 0-100 L o
Blika Blika

<[

[ ]
Nie je mozné D
> 150 - 150- | 100- 100 -
1 s(;j):vs;:} 150 - 500 00 150-1000 000 | a0 300
2 0K 500 - 750 500- 1 10— 1500 1000 | 300- 300~ BIELA BIELA
750 1500 | 500 500
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Uroveii Zasobniky | Odvoskovani | Etanol | Deionizovan | Pufer Stitok Flasa

Rozsah hlasitosti Svetla
—
750 - 1500 - | 500~ 500~
3 OK 70200 pgg | 100700 gsg | qs00  1s0p | PEHA BIELA
2500 - 3500 - | 1500~ 1500 -
| ] _ _
! o L | P800 g | 390078000 Teneg | 000 000 | BIEHA | BELA

Objavi sa, ak nastane nasledujuce:

« reagencia dochddza a je potrebné ju okam?Zite doplinit,
» nadoba chyba,
» nedostatocny objem na spustenie cyklu.
Pozrite si gast 12.2.2 Dopifanie alebo vyprézdiovanie nddob na nebaleny materidl.
) Zobrazi sa, ak bol cyklus pozastaveny, pretozZe nastane jedna z tychto situdcit:

« reagencia dochddza a je potrebné ju okam?Zite doplnit (vystraha),
alebo

A

* nadoba chyba a je potrebna na spracovanie (alarm).

Pozrite si 8ast 12.2.2 Doplfianie alebo vyprazdiiovanie nadob na nebaleny material.
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lkony objemu nadob na odpad
Obrézok 5-15: Ikony objemu nédob na nebaleny odpad

FfaSena | Standardny | Nebezpeény Stitok

odpad odpad odpad

“ Rozsah hlasitosti Svetla

Flasa
odstranena Off (Vyp)
0 oK 0-1100 0-1100 BIELA Off (Vyp)
BIELA

1100 -3000 1700 - 3000 BIELA e
(len 1 pruzok)

3000 -3900 3000 -3900 BIELA BIELA

Nie je mozné spustit

, 3900 - 4800 3900 - 4800
davku

CERVENA CERVENA
Blik4 Blik4

Pozastavenie

orebiehajice; davky 4800 - 5000 4800 - 5000

ol ol mh L Ch

Objavi sa, ak nastane nasledujuce:

« odpad je takmer pIny a je potrebné ho okamzite vyprazdnit,
Pozrite si gast 12.2.2 Doplfianie alebo vyprézdiiovanie nddob na nebaleny materidl.
Zobrazi sa, ak bol cyklus pozastaveny, pretoze nastane jedna z tychto situdcit:

« nadoba na odpad je pInd a je potrebné ju okamzZite vyprazdnit (vystraha),
alebo  nddoba chyba a je potrebnd na spracovanie (alarm).

Pozrite si 8ast 12.2.2 Doplfianie alebo vyprazdriovanie nadob na nebaleny material.
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BOND-MAX

Ked softvér zisti problém (napriklad objem v nddobe s reagenciou je nizky alebo objem v nddobe na odpad je vysoky),
nad nddobou na nebaleny materiél zobrazi ikonu upozornenia (ako je uvedené vyssie). Podrobnosti zobrazite
kliknutim pravym tlacidlom mySi na ikonu oznamenia.

5.1.4  Informacie o sklicku

V Castiach nizSie su uvedené ikony, ktoré sluZia na zobrazenie informécii o sklickach na obrazovke System status
(Stav systému). Opisané su tieZ moznosti v kontextovej ponuke sklicka.

e 5.1.4.7 Ikony sklicok
e 5.1.4.2 Kontextova ponuka podnosu na sklicka
e 5.1.4.3 0znamenia udalosti sklicok

e 5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka

5.1.4.1 lkony sklicok

Na obrazovke System status (Stav systému) je zobrazené grafické znézornenie kazdého z troch podnosov na sklicka
s ikonou pre kazdeé sklicko. Ikony sklicok oznacuju stav kazdeho sklicka.

V&s systém pouziva 2D Ciarové kody. Ikony sklicok méZete volitelne nakonfigurovat tak, aby obsahovali zachytené
snimky Stitkov skliGok. Ak chcete zmenit existujlce nastavenia, kontaktujte podporu zakaznika.

Priklady ikon sklicok su uvedené v nasledujucich tabulkach.

lkony sklicok pre Stitky s ¢iarovym kddom

‘ v Na tejto pozicii nie je sklicko alebo je sklicko nasnimané, ale systém ho
nedokdze identifikovat

00000004 Sklicko je nasnimané a automaticky identifikované
*Neg Iu _j-“] (pozrite si ¢ast 5.1.5.1 Automatickd identifikdcia sklicok)
00000007 — Sklicko je nasnimané a je manualne identifikované — vSimnite si symbol (v
9 cervenom krdzku) na sklicku
*CD10 ,»| I o S ,
: (pozrite si ¢ast 5.1.5.2 Manudlna identifikcia sklicok v systéme)
00000004 Sklicko je nekompatibilné s jednym alebo viacerymi sklickami na podnose

A
*Neg [-:1_,' "'] (pozrite si ¢ast 5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka)
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00000003 Spracovanie sklicka s oznamenim o udalosti
.

(pozrite si ¢ast 5.1.4.3 Ozndmenia udalostf sklicok)

HNBg

Dvakrat kliknite na skliCka, ktoré systém BOND rozpoznal, aby ste pre ne otvorili dialégové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicok). Ak cyklus nebol spusteny, v dialdgovom okne mdZete upravit Udaje o sklicku, budete v§ak musiet
pre sklicko vytlacit novy Stitok, vybrat podnos a nalepit novy $titok a opatovne ho vloZit podnos.

5.1.4.2 Kontextova ponuka podnosu na sklicka

Pravym tlacidlom mysi kliknite na grafické zndzornenia podnosu na sklicka na obrazovke System status (Stav
systému), kde néjdete niekolko moZnosti pre skli¢ko alebo podnos.

Prikaz Opis

Select manually... (Vybrat ~ Povolené, ak sklicko nebolo automaticky identifikované.

manuaine... Vyberte, ak chcete otvorit dialégové okno Slide identification (Identifikécia sklicka),
ktoré vdm umozni sparovat sklicko s nakonfigurovanym sklickom v systéme (pozrite
si Gast 5.1.5.2 Manudlna identifikdcia sklicok v systéme).
Tuto moznost mdzZete vybrat aj vtedy, ak dvakrat kliknete na neidentifikované sklicko.
Attention message... Ak sa na snimke zobrazuje upozornenie na udalost, pozrite si spravu s upozornenim

(Sprdva s upozornenim..)  (pozrite si ¢ast 5.1.4.3 Ozndmenia udalosti sklicok).
Run events (Udalosti cyklu) Vytvorte sprévu o udalostiach cyklu (pozrite si ¢ast 9.4 Sprava o udalostiach cyklu).

Delayed start (Odlozeny Nastavte odloZeny $tart pre cyklus (pozrite si ¢ast 5.1.8 Odlozeny Start).
Start)

5.1.4.3 0znamenia udalosti sklicok

Obrdzok 5-16: Sklicko s 0oznamenim udalosti

00000009

*CD10
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Ak poCas spracovania déjde k neoc¢akavanej udalosti, na ikone sklicka sa zobrazi vystrazny symbol. Toto oznamenie
nemusi nevyhnutne naznadovat, Ze farbenie bolo akymkolvek spdsobom nedostatocné. Ked sa objavi symbol

s oznamenim, operator systému alebo dohliadajuci laboratéria musia vykonat nasledujce kroky, aby sa potvrdilo, Ze
sklicko je vhodné na diagnostické pouzitie.

1 Pravym tlag¢idlom mysi kliknite na skli¢ko a vyberte poloZku Run events (Udalosti cyklu) na vygenerovanie
spravy o udalostiach cyklu (pozrite si ¢ast 9.4 Sprava o udalostiach cyklu).

Vsetky udalosti, ktoré sposobili oznamenie, sa zobrazuju tuénym pismom. Operéator systému alebo
dohliadajuci laboratdria by mali starostlivo zvazit uvedené udalosti ozndmenia, pretoZe poskytuju dolezité
podrobnosti o povahe udalosti 0znamenia tykajucich sa sklicok.

2 Farebné tkanivo starostlivo skontrolujte.

3 Opatrne skontrolujte vSetky kontrolné sklicka.

Ak laboratdrium nie je schopné potvrdit kvalitu farbenia, potom by mal byt patolég informovany o ozndmeni alebo by
sa mal test opakovat.

V rdmci jednej spravy o udalostiach cyklu sa moze vyskytnlt viac ozndmeni. Ak je cyklus ukonéeny stavom Done
(notification) (Hotovo (ozndmenie)), uistite sa, Ze je skontrolovana celé sprava. Ak je stav Done (OK) (Hotovo (v
poriadku)), nie je potrebné spravu kontrolovat.

5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka

Ak systém BOND spozna nekompatibilné sklicko, priradi vSetkym sklickam na podnose tu¢né ¢ervené pismeno
zobrazené v pravom hornom rohu. Sklicka s rovnakym pismenom su kompatibilné.

Obrézok 5-17: Nekompatibilné sklicka

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Vyberte podnos na skli¢ka a odstrarite nekompatibilné sklicka alebo zmerite vlastnosti skli¢ok (ak sa v nich vyskytli
chyby), aby boli sklicka kompatibilné. Ak zmenite vlastnosti skli¢ok, musite znova vytlacit Stitky pre zmenené sklicka a
pripojit ich pred opatovnym uloZenim na podnos.

Dalsie informacie o kompatibilite sklicok néjdete v Casti 6.9 Kompatibilita sklicok.
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5.1.5  ldentifikacia sklicok v systéme

V najbeznejSom pracovnom postupe su sklicka so Stitkami zo systému BOND alebo LIS nacitané do modulu
spracovania a potom automaticky identifikované. Identifikdacia spociva v nacitani 2D Ciarovych kddov na Stitkoch. Ak
je Stitok znedisteny alebo ho nie je mozné preéitat z iného dévodu, méZete ho manuélne identifikovat v softvéri BOND.
Niektoré pracovné postupy pouZivaji manualnu identifikéciu Standardne (pozrite si éast 6.8 Improvizované sklicko

a vytvorenie pripadu).

5.1.5.1 Automaticka identifikacia sklicok

Systém BOND dokdze automaticky identifikovat Standardné 2D Giarové kddy sklicok BOND vytvorené pomocou
znackovaca sklicok BOND (podla opisu v ¢asti 6.6 Oznacovanie sklicok) a sklicka vytlacené systémom LIS, ktoré
pouzivaju rozpoznatelny formét iarového kodu (pozrite si ¢ast 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS). Ak je
podnos na sklicka uzamknuty, systém sa pokusi identifikovat kazdy Stitok sklicka a porovnat ho so sklickom, na
ktorom bol vytlaceny Stitok. Ak je moZné Stitok prirovnat k tlacenému sklicku, sklitko sa automaticky identifikuje a nie
su potrebné ziadne dalSie kroky.

Systém zachyti snimku kazdého Stitku pocas procesu identifikacie podlozného sklicka. Tieto snimky sa nachadzaju v
nasledujucich spravach, ktoré poskytuju trvaly zaznam o porovnani sklicok:

» 0.4 Sprava o udalostiach cyklu
e 9.5 Sprava s udajmi o cykle
e 9.6 Sprava o pripade

Ak systém nedokdazal §titok identifikovat, musi sa sklicko manualne identifikovat pomocou postupu manuéline;
identifikédcie sklicka (pozrite si nasledujucu ¢ast).

5.1.5.2 Manualna identifikacia sklicok v systéme

V systémoch, ktoré st nastavené na snimanie kazdého Stitka skliCok, plati, Ze ak automaticka identifikacia zlyha, je
mozné sklicka manualne identifikovat, zatial ¢o sa stéle naditaju do modulu spracovania. Na manudlnu identifikaciu
vloZeného skliCka pouzite nasledujuci postup.

1 Ak systém nedokaze automaticky identifikovat sklicko, v dialégovom okne System Status (Stav systému) sa
zobrazi snimka Stitka.

Obrazok 5-18: Sklicko nie je automaticky identifikované
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2 Ak chcete spustit dialdgové okno Slide identification (Identifikécia sklicka), vykonajte jeden z nasledujdcich
postupov:

a dvakrat kliknite na obrazok sklicka alebo

b pravym tladidlom mysi kliknite na obrézok a z rozbalovacej ponuky vyberte moZnost Select manually
(Vybrat manualne).

3 Teraz sa zobrazi dialdgové okno Slide identification (Identifikdcia sklicka).

Obrézok 5-19: Dialdgoveé okno identifikacie sklicka

il |
Gaam liat SHice Shidhe way: 2
T T - T 3

LBONZ- 45216 Jovph ik St B ] |
20N 3345 rEH R - " '] -2 | —
* i wn Han Parrs 1

-
BB Atas b Fareis Hulay —
NS Kaen Pl Fukins Bty TARNA: El
1 25ad T dm Chvey .

_—

] CHIME- 2T A i Parrwll v e

CHIED. 24T hars Liz Bl 1AM F_-l

.....
Chrta-dnE Ceen P == F 0o

4 Ciu SIS dears G Eard 2
Casdame i G =
CEEE TN e [P | ]
CEAE - 28570 Pkl Surzan W m
- Caares Emra Haats
CEID - 2 Jacod Glasar Saly Fagim m
=

Na lavej table (polozka 1) st uvedené vetky pripady s nespracovanymi sklickami. V predvolenom nastaveni sa
zobrazuju iba pripady so sklickami, pre ktoré boli vytladené &titky (mdZete to zmenit tak, aby zahffiali pripady
so sklickami, pre ktoré neboli vytlacené §titky, pozrite si Cast 6.8.2.2 Externé Stitky sklicok).

Stitky sklicok na aktualnej zostave na farbenie sklicok st zobrazené na pravej table (polozka 2).

Sklicko vybrané pri otvoreni dial6gového okna sa zvyrazni na pravej table (polozka 3) a zobrazi sa zvaé$ené. Ak
chcete vidiet eSte vacsie zvacSenie snimky, podrZte kurzor nad sklickom v pravej table.

Stredné tabla (poloZka 4) zobrazuje sklicka nakonfigurované pre pripad vybraty v lavej table, kde sklicka este
neboli priradené k Ziadnym sklickam zobrazenym na module spracovania. Opat plati, Ze v predvolenom
nastaveni sa zobrazuju iba sklicka, pre ktoré boli vytlacené Stitky, ale toto nastavenie mozete zmenit tak, aby
sa zobrazili vSetky sklicka nakonfigurované pre dany pripad (pozrite si ¢ast 6.8.2.2 Externé stitky sklicok).

V tomto bode je mozné vytvarat nové pripady a sklicka pomocou tladidiel New case (Novy pripad) a New slide
(Nové sklitko), ak je to potrebné (pozrite si pokyny v asti 6.8 Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu).
Pokyny uvedené nizSie predpokladaju, Ze vSetky pozadované skliCka su uz nakonfigurované v softvéri BOND.

4 Informdcie, ktoré su viditelné na vybranej snimke Stitka, na pravej strane pouzite na urcenie pripadu, do
ktorého dané sklicko patri. Vyberte tento pripad z tably pripadov (polozka 1).

Do zoznamu sklicok (polozka 4) st doplnené nespérované sklicka nakonfigurované pre tento pripad.
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5 Teraz spojte neidentifikované sklicko so sklickom v zozname skli¢ok (polozka 4).
Vyberte sklicko a kliknite na tlacidlo Insert (VloZit).
Sklicko sa odstrani zo zoznamu sklicok a snimka v pravej table sa aktualizuje, ¢o znamena, ze sklicko bolo
identifikované. Symbol EQ:.! znamenag, Ze sklicko bolo zvolené manualne.
Nasledujuci neidentifikovany Stitok skliCka, ak existuje, je teraz oznaceny na identifikaciu.
6 Zopakujte vysSie uvedené kroky a porovnajte vSetky neidentifikované sklicka.

7 Po identifikacii vSetkych sklicok na podnose kliknite na OK a zatvorte dialdgové okno. Ak kliknete na tlacidlo
Cancel (Zrusit) vietky identifikacie skli¢ok, ktoré ste mohli urobit, sa stratia.

8 Na obrazovke System status (Stav systému) sa teraz zobrazuju vSetky sklitka na podnose s podrobnostami o

i |
nich. Sklicka, ktoré boli manualne identifikované, obsahuju snimku Stitka a symbol LQ-.’ ktory znamena, ze
sklicko bolo zvolené manudlne.

Obrazok 5-20: Manualne identifikované sklicko pred spracovanim

00000007

=
(v}
*CD10

9 Manualne zvolené sklicka su spracované normalne.

Snimka sklicka sa zobrazuje v nasledujucich spravach, aby poskytla trvaly zéznam o zhode sklicka:
e 9.4 Sprava o udalostiach cyklu
» 0.5 Sprava s udajmi o cykle

» 0.6 Sprava o pripade

Systémy NIE su nastavené tak, aby nasnimali kazdy Stitok sklicka
Tieto sklitka je stale mozné manualne identifikovat, ale moZe to vyzadovat vybratie podnosu na sklicka.

Poznacte si identifikator sklicka a ¢islo pozicie sklicka (vyrazené na podnose na sklicka pod hrdlom krycieho sklicka
Covertile) pre sklicko, ktoré nebolo automaticky identifikované.

Znova nasurite podnos na sklicka a dvakréat kliknite na zodpovedajlcu poziciu sklicka (odpocitavanie z hornej pozicie
zostavy na farbenie skli¢ok na obrazovke System status (Stav systému)).
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5.1.6  Ukazovatel priebehu cyklu

Ukazovatele priebehu sa nachadzaju pod kazdym grafickym zobrazenim podnosu na sklicka. Poskytuju rychlu
vizudlnu indikdciu stavu a priebehu cyklu.

e 5.1.6.1 Stav cyklu
* 5.1.6.2 Priebeh cyklu
e 5.1.7.1 Zastavenie cyklu

o 5.1.8.1 Nastavenie ¢asu odlozeného Startu

5.1.6.1 Stav cyklu

Aktudlne ¢islo a stav cyklu sa zobrazuju v dolnej ¢asti kazdého indikatora priebehu. Mozné prevadzkové stavy su:

Stav cyklu Opis

Unlocked (Odomknuté)  Podnos na sklicka je odomknuty.

Locked (Uzamknuté) Podnos na skli¢ka je uzamknuty, ale nie je eSte mozné zacat. Tento stav sa zvyéajne
vyskytuje pred dokon¢enim snimania sklicok.

Slides ready (Sklicka Vsetky sklicka v zostave na farbenie sklicok boli nasnimané.
pripravené)

Starting (Spustanie) Bolo stlacené tlacidlo spustenia a systém vykonava kontroly a planovanie pred
spustenim.

Rejected/Slides ready ~ Systém BOND sa pokusil spustit cyklus, ale nebol Uspesny. NajpravdepodobnejSou

(Odmietnuté/sklicka pricinou odmietnutia su chybajlce reagencie, nizka hladina reagencie alebo plna nadoba

pripravené) na odpad. Vytvorte spravu o udalostiach cyklu, odstrarite vSetky problémy, ktoré boli
oznacené, a potom restartujte cyklus.

Naplanované Cyklus je naplanovany, ale nezacalo sa s jeho spracovanim. Ukazovatel priebehu cyklu
oznacuje planovany ¢as spustenia.

Proc (OK) (Spracovanie  Cyklus sa spracovava, nenastali Ziadne neocakéavané udalosti.
(v poriadku))

Proc (notification) Cyklus sa spracovava, vyskytli sa neocakavané udalosti.
(Spracovanie

L Podrobnosti najdete v sprave o udalostiach cyklu.
(ozndmenie))

Abandoning (Prerusené)  Cyklus bol preruseny. K tomu déjde, ked obsluha stlaéi tlacidlo stop.

Done (OK) (Hotovo (v Spracovanie je dokonéeng, nenastali Ziadne neocakavané udalosti.
poriadku))

Done (notification) Spracovanie je dokoncené, vyskytli sa neocakdvané udalosti.

(Hotovo (oznamenie)) Podrobnosti najdete v sprave o udalostiach cyklu.
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5.1.6.2 Priebeh cyklu

LiSta priebehu pod kazdym obrazkom podnosu na sklicka poskytuje vizualne zobrazenie priebehu cyklu. Lista
priebehu zobrazuije kritické ¢asy, ukazuje aktualny priebeh vzhladom na kritické ¢asy a pouziva nasledujuce farby na
znazornenie Styroch faz priebehu cyklu:

» Modra - podnos na sklicka je uzamknuty, spracovanie sa nezacalo.

« Cervend - spracovanie sa nezacalo a ¢asovy limit spustenia bol prekrogeny.
e Zelend - spracovdva sa.

» Fialova - cyklus bol dokonceny a teraz sa hydratuje.

Kurzor mysi moZete v sekcii priebehu cyklu pozastavit, aby ste zobrazili stav cyklu, napriklad , Time since locked" (Cas
od uzamknutia), , Time to completion’ (Cas do ukon¢enia) a , Time since completion” (Cas od ukon&enia), ako je
uvedené na Obrazok 5-21.

Obrdzok 5-21: Zobrazenie stavu cyklu

9:09 AM
-
]
FS
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done (notification)

Time since completion: 22:23

Sklicka pripravené - zacinaju

Po nasnimani sklicok a priprave cyklu na spustenie a na kratku dobu po stlaceni tlacidla spustenia alebo po spusteni
odloZeného Startu sa na liste zobrazia nasledujuce polozky (pozrite si Obrézok 5-22, kde st uvedené ¢isla poloZiek).

Obrazok 5-22: Priebeh cyklu (zadiatok)

4
8:50 AM
T e —— 5
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready I 6

Legenda

1 Cas uzamknutia podnosu 4 Aktualny priebeh

2 Prijatelné zagiatocné obdobie (modry pruh) (pozrite 5 Cas zaciatku bol prekrogeny (Gerveny pruh)
si Gast Prijatelné zadiatocné obdobie a alarm
(Sekcia na strane 128)).

3 Prijatelny casovy limit zaCiatku

6 Stav cyklu (pozrite si Gast 5.1.6.1 Stav cyklu)
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Prijatelné zaciatocne obdobie a alarm

Spracovanie vzdy zacnite ¢o najskdr po uzamknuti podnosov na sklicka. Sklicka nie su hydratované pocas
,zaciatoéného obdobia” (medzi uzamknutim podnosu a zadiatkom spracovania), ak je teda toto obdobie prilis dihé, v
pripade odvoskovanych skli¢ok moze dojst k poskodeniu tkaniva. Softvér BOND vdm pomdZe monitorovat tento stav
vdaka sledovaniu ¢asov od uzamknutia podnosov a zobrazeniu prijatelnej maximalnej zaciatocného obdobia pre
vloZeny typ sklicka (voskovany alebo odvoskovany). Prijatelné zagiatocné obdobia sa vizualne zobrazia ako modry
pruh v liste priebehu ,Slides ready" (Sklicka pripravené) (pozrite vy$Sie). Pokial ide o odvoskované sklicka, ak
spracovanie nezacalo nejaky ¢as po prijatelnom zaciatocnom obdobi, zobrazi sa alarm.

NiZSie su uvedené zaciatocné obdobia a doba alarmu pre odvoskované sklicko. VSetky Casy st od uzamknutia
podnosov:

Prijatelné zaciatocné obdobie alebo alarm Cas (min.) od uzamknutia podnosov
Prijatelné zaCiatocné obdobie pre odvoskovane sklicka 15
Cas pre odvoskované sklitko do spustenia alarmu 25
Prijatelné zaCiatocné obdobie pre voskované sklicka 60

Ak sa spracovanie nezacalo v zaciato¢nom obdobi, moZete vybrat podnosy a manualne hydratovat sklicka. Pri
opatovnom vlozeni podnosu spusti softvér BOND novy cyklus, prideli nové Cislo identifikatora cyklu a znova spusti
odpocitavanie obdobia.

Prijatelné casové zaciatocné limity sa vztahuju iba na cykly s okamzitym Startom, nevztahuju sa na cykly s odloZzenym
Startom.
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Naplanované

Po spusteni cyklu pomocou tlacidla spustenia alebo odlozeného Startu je cyklus v systéme naplanovany. V obdobi

medzi pldnovanim a zaciatkom spracovania, ktoré méze byt dlhsie v pripade odloZeného Startu, zobrazuije lista
priebehu tieto poloZky (pozrite si Obrazok 5-23, na ktorom su uvedené ¢isla poloZiek).

Obrézok 5-23: Priebeh cyklu (Start, s odloZzenym §tartom)

4
6:08 PM
-
2 (— . 5
Y
6:23 PM 6
Run 85: Scheduled 7
Legenda
1 Cas, kedy je naplénovany zaciatok cyklu. 5 Doba hydratdcie po spracovani (fialovy pruh).
2 OdloZenie pred zaciatkom (modry pruh). 6 Priblizny ¢as ukoncenia cyklu.
3 Doba spracovania (zeleny pruh). 7 Stav cyklu (pozrite si 6ast 5.1.6.1 Stav cyklu)

4 Aktualny priebeh

PocCas spracovania

Pocas fazy spracovania sa na liste zobrazuju nasledujuce polozky (pozrite si Obrazok 5-24, kde su uvedené ¢isla
poloZiek).

Obrazok 5-24: Priebeh cyklu (spracovanie)

8:53 AM I 4
w

- f= | S

10:40 AM | 6

Run 86: Proc(OK) | 7

Legenda
1 Planovany ¢as zaciatku 5 Doba hydratacie po spracovani (fialovy pruh).
2 ZaCiatocné obdobie — modra: zaCiatok v poriadku, 6 Priblizny ¢as ukoncenia cyklu.

Cervena: prekroceny limit zaciatku. 7 Stav cyklu (pozrite si ¢ast 5.1.6.1 Stav cyklu)

Doba spracovania (zeleny pruh).
4 Aktudlny priebeh
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5.1.7  Spustenie alebo zastavenie cyklu

Cyklus spustite vlozenim a uzamknutim podnosu na sklicka. Podnos je nasnimany a systém skontroluje nasledujuce,
aby zistil, ¢i méze byt spracovany:

* vSetky sklicka su kompatibilng,
 kdispozicii su vSetky reagencie.

Po nasnimani skli¢ok je stav cyklu nastaveny na Slides ready (Sklicka pripravené) (pozrite si ¢ast 5.1.6.1 Stav cyklu) a
indikator priebehu bude zobrazovat poc¢iatocnu fazu (pozrite si ¢ast 5.1.6.2 Priebeh cyklu). Po vyrieSeni
nekompatibility sklicok sa vSetky sklicka identifikuju a budd vykonané kontroly, aby sa zabezpetilo, ze su pritomné
vSetky poZadované reagencie.

* Ak chcete spustit cyklus ¢o najskar, kliknite na polozku B /i choete spustit odlozeny $tart, kliknite
pravym tladidlom mysi na podnos a z kontextovej ponuky vyberte polozku Delayed start (OdloZeny Start).
DalSie pokyny néjdete v Casti 5.1.8 Odlozeny Start.

« Stav cyklus je nastaveny na Starting (Spustenie) po dokonceni kontroly a pldnovania pred spustenim.
Indikator priebehu zostdva v poCiatocnej faze.
« Po dokonceni planovania sa stav zmeni na Scheduled (Naplanované).

Indikator priebehu teraz zobrazuje fazu spracovania. Zobrazi sa planovany ¢as spustenia a na lavom
konci indikatoru sa zobrazi zaGiatoény stav (OK alebo prekroceny ¢asovy limit).

« Ked sa spracovanie zacne v naplanovanom ¢ase, stav sa zmeni na Proc (OK) (Spracovanie (v
poriadku)).

Ak bol prekroceny ¢asovy limit spustenia, vystraha alebo alarm sa vymaze, ked sa spracovavanie
skutoCne spusti. PoCiatocna sekcia ukazovatela priebehu vSak zostava Cervena.

« Upozorfiujeme, Ze stavy Starting (Spustenie) a Scheduled (Naplanované) mozu nejaky ¢as trvat a je
mozng, Ze bude prekroceny ¢asovy limit spustenia. Ak k tomu d6jde, mozete pred restartovanim
odomknut podnos na skli¢ka a sklicka manualne hydratovat. Ak odomknete podnos pred spustenim
spracovania, cyklus sa nepovazuje za preruseny a méoze sa znova spustit.

@ Mali by ste spustit iba jeden cyklus naraz pockat, kym sa tento cyklus spusti/naplénuje, a az potom
spustit dalsi cyklus. Po kazdom spusteni pockajte chvilu, aby ste sa uistili, Ze bol Gspes$ne spusteny.

Ak nie, stav cyklu sa nastavi na moznost Rejected/Slides ready. (Odmietnuté/sklicka pripraveng).
Pozrite si ¢ast 5.1.6.1 Stav cyklu. Nasledne by ste mali vygenerovat spravu o udalostiach cyklu, aby
ste zistili, pre€o sa cyklus nespustil (pozrite si ¢ast 9.4 Sprava o udalostiach cyklu).
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5.1.7.1  Zastavenie cyklu

Po stlageni tlagidla spustenia (alebo aktivacii odlozeného $tartu), az kym sa skutoéne nezaéne spracovanie, pokym je
cyklus v stave Starting (Spustenie) alebo Scheduled (Naplanovang), sa spracovanie moze na jeden cyklus zastavit bez
toho, aby bol cyklus preruseny. Ak chcete zrusit poZiadavku na spracovanie v tomto okamihu, odomknite podnos na
sklicka na module spracovania (pocas tejto doby su tlacidlad spustenia a prerusenia vypnuté). Informéacie o sklickach
zostdvaju v systéme a cyklus sa mdZe podla potreby znova spustit neskor. Do zoznamu Slide history (Histéria
sklicok) sa zapiSe jeden riadok o odmietnutom cykle.

Ak chcete cyklus prerusit po spusteni spracovania, kliknite na polozku [ = . Modul spracovania prerusi operaciu
cyklu po dokonceni aktudlneho kroku. Stav sklicok v okne Slide history (Histéria skli¢ok) sa zmeni na Done
notification) (Hotovo (ozndmenie)).

(
@ Prerusenie cyklu dokladne zvaZte, pretoze prerusené cykly nie je mozné restartovat a akékolvek
sklicka, pre ktoré nebolo spracovanie dokon¢ené, moézu byt kompromitované.

5.1.8  Odlozeny start

Cykly s voskovanymi sklickami sa moéZu napldnovat tak, aby sa za¢alo v uréenom ¢ase v buducnosti (do jedného
tyzdAa od aktualneho ¢asu) v systéme BOND-III a BOND-MAX. Napriklad cykly, ktoré sa zacali cez noc, je mozné
nacasovat tak, aby skongili kratko pred zagiatkom prace nasledujlci den. Sklicka su uloZzené bezpeéne, stale
voskovang, az kym sa nezacne spracovanie a doba hydratdcie, ktora nasleduje po spracovani, sa minimalizuje.

Niektoré reagencie, ktoré nie st od spolo¢nosti Leica Biosystems, by mohli mat zhorsenu kvalitu, ak
by sa v moduloch spracovania ponechali po dihi dobu v odlozenom Starte. Precitajte si informacie o
pouziti a skladovani reagencii v ich kartach Udajov. Ako vZdy, spolo¢nost Leica Biosystems odporuca
umiestnit kontrolnd vzorku tkaniva na podlozné sklicka s testovacim tkanivom.

@ Ak planovany ¢as ukoncenia nie je vhodny, pomocou tlacidla Load / Unload (VloZit/vyloZit) zdvihnite
a znova spustite zostavu na farbenie sklicok. Po opatovnom naskenovani sklicok je teraz mozné
upravit ¢as odloZeného Startu tak, aby odrazal poZzadovany ¢as ukondéenia.

5.1.8.1 Nastavenie casu odlozeného Startu

Ak chcete spustit cyklus s odloZenym Startom, pripravte sklicka ako obvykle a uzamknite podnos na sklicka. Ked je
stav cyklu Slides ready (Sklicka pripravené) vyberte Delayed start (OdloZeny Start) kliknutim pravym tlacidlom z
kontextovej ponuky podnosu na obrazovke System status (Stav systému).

Nastavte datum a ¢as, kedy sa ma podnos spustit v dialdgovom okne Delayed start (OdloZeny Start) a kliknite na
tlacidlo OK (pozrite si ast Pouzitie vyberov datumu a casu (Sekcia na strane 225)). Systém prejde do stavu Starting
(Spustené) ako obvykle a naplanuje cyklus v koordindcii s inymi operdciami. Podnos potom ¢akd v stave Scheduled
(Naplanované) do stanoveného ¢asu zaciatku, ked sa zaéne normalne spracovanie.
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5.2 Obrazovka stavu protokolu

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Na tejto obrazovke sa zobrazuju podrobné informécie o stave jednotlivych sklicok.

Ak chcete zobrazit obrazovku Protocol status (Stav protokolu), prejdite na obrazovku System status (Stav systému) a
kliknite na kartu Protocol status (Stav protokolu).

Obrazok 5-25: Obrazovka Protocol status (Stavu protokolu)
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Ak chcete zistit, ako cyklus spracovava sklicko, kliknite na prislusné tlagidlo umiestnenia sklicka v hornej éasti
obrazovky. Tlagidlda mozZnosti zodpovedajlce pozicidm bez sklicka su stimené a nemdzete ich vybrat.

@ Ak je meno pacienta prili§ dihé na to, aby sa zmestilo na dostupné miesto (podnos na sklicka 1,2 a
3), jeho meno bude skratené s pouzitim ,..." na konci. Ak chcete vidiet celé meno pacienta v

rozbalovacom poli, prejdite kurzorom mysi na skratené meno.

Ked vyberiete poziciu sklicka, softvér zobrazi niektoré tdaje o sklicku a postup protokolu. Ak chcete zobrazit dalSie
Udaje o sklicku, kliknite na polozku View details (Zobrazit detaily), aby sa otvorilo dialégové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicok).

Kroky protokolu pre vybraté sklitko sa zobrazia pod tdajmi o sklicku. Aktudlny krok je zvyrazneny modrou farbou.

Dokonéené kroky ukazuju zagiarknutie v zelenom kruhu alebo ikonu ““" , ak sa vyskytli neo¢akévané udalosti.
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Ak sa vykonali vSetky pozadované akcie pre aktualny krok, ale pred zaciatkom nasledujuceho kroku existuje ¢akacia

doba, znatka zaciarknutia alebo %" je sivé. Zostane siva az do zacatia nasledujtceho kroku, ked sa zmeni na
normalnu farbu.

Kliknutim na zoznam krokov a vyberom polozky Run events (Udalosti cyklu) v rozbalovacej ponuke méZete zobrazit
udalosti cyklu. Z rozbalovacej ponuky mozZete tiez otvorit dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicok).

5.3  Obrazovka udrzby

@ Informéacie o udrzbe modulu spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej
prirucke systému BOND-PRIME. NiZsie uvedené informdacie sa nevztahuji na modul spracovania

BOND-PRIME.

Ak cheete zobrazit obrazovku Maintenance (Udrzba), prejdite na obrazovku System status (Stav systému) a kliknite
na zalozku Maintenance (Udrzba).

Obrézok 5-26: Na obrazovke Maintenance (Udrzba)

m fystem stakes  Prokcolisialus | Mamenance

[t am|

Processing module: BOND-II1 #1

Pliiss rlar 19 the BOND Lssr Manual for saamenncs and aelaly innsacions
Select a marfenance commarnd fom fhe le? below.

?;z Heplace syringe

'?;"{ Clean Nukdics
m B2 Civan aspirating probe
e AN | "F:f Replace aspirating probe
| Aan M
| 1031AM| %2 Ciean bulk Nuid robot probes

%ﬂ? Replace bulk Muid robot protss

E@ ol e B i FpecT

Na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa nachadzaju prikazové tlacidla pre cely rad Uloh Gdrzby uvedenych nizsie:

Replace syringe (Vymente injekénu Pri vymene injekcnej striekaCky alebo injekénych striekaciek kontrolujte
striekacku) modul spracovania.

Pozrite si ¢ast 12.13 Injekcné striekacky.
Clean fluidics (Vycistite fluidiku) Preplachnite fluidicky systém.

Pozrite si ast Cistenie fluidiky (Sekcia na strane 308).

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 133



Kapitola 5 Stavové obrazovky BOND-IIl a BOND-MAX (na riadiacom zariadeni BOND)

T R S

Vycistite nasdvaciu sondu

Vymente nasavaciu sondu

Clean bulk fluid robot probes
(Vycistite sondy s robotmi na
nebalenu tekutinu)

Replace bulk fluid robot probes
(Vymente sondy s robotom na
nebalenu tekutinu)

Maintenance report (Sprdva o
ddrzbe)

Vycistite nasdvaciu sondu pomocou systému na Cistenie nasavacej sondy
BOND.

Pozrite si Gast 12.6.1 Cistenie nasavacej sondy.
Obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.

Posunie roboty na nebalend tekutinu (iba BOND-III) do polohy, aby sondy
mohli byt utreté docista.

Pozrite si éast 12.12.1 Cistenie sond robota na nebalend tekutinu.

Obrétte sa na oddelenie podpory zékaznika.

Viygenerujte spravu o udrzbe pre vybraty modul spracovania. Tento prikaz je
vzdy k dispozicii.

Pozrite si ¢ast 5.3.1 Sprava o Udrzbe.

Na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa zobrazuje nazov aktualne vybraného modulu spracovania a priradené tlagidld
prikazov udrZby. Pri vykondvani dlohy UdrZby, ktorl vyberiete, vés bude sprevadzat niekolko dialdgovych okien.

Vzdy, ked nie je k dispozicii Uloha Udrzby, napriklad ked uz prebieha Udrzba, jej prikazové tlacidlo je deaktivované.
VSetky prikazové tlacidla (okrem Maintenance report (Spréva o UdrZbe)) st deaktivované, ked je modul spracovania

odpojeny.
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5.3.1  Sprava o udrzbe

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

V sprave o Udrzbe sa uvadzaju informdcie o konkrétnom module spracovania na vybrany ¢asovy ramec.
1V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).

2 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Maintenance report (Spréva o Gdrzbe).

Obrazok 5-27: Dial6goveé okno sprévy o tdrzbe

Maintenance report

Select processing module

Serial N°: 321123 -
MName: BOND-II #1

Type BOND-I

Time span

From: 05-Apr-16

To: 05-Apr-17

Last twelve months

Z rozbalovacieho zoznamu vyberte modul spracovania a potom pomocou tlacidiel From (0d) a To (Do) vyberte
pozadovany ¢asovy ramec. Pripadne méZete kliknut na poloZku Last twelve months (Poslednych dvanést mesiacov) a
nastavit ¢asovy rémec na toto obdobie.

Kliknutim na moZnost Generate (Generovat) vygenerujete spravu o Udrzbe.

Spréva sa zobrazi v novom okne. V pravom hornom rohu spravy su uvedené informécie v nasledujucej tabulke:

Facility Ndzov prevadzky, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta spravy
(Zariadenie) Laboratory settings (Laboratérne nastavenia), pozrite si ¢ast 10.5.1 Laboratorne nastavenia
Casovy Usek Datumy ,od" a,do" za obdobie, na ktoré sa sprava vztahuje

Modul spracovania Jedine¢ny ndzov modulu spracovania, ako je uvedeny v poli Name (N4zov) na obrazovke
klienta spravy Hardware configuration (Hardvérova konfigurdcia); pozrite si éast
10.6.1 Moduly spracovania.

Sériové Cislo Jedinecné sériové ¢islo modulu spracovania
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Kapitola 5 Stavové obrazovky BOND-IIl a BOND-MAX (na riadiacom zariadeni BOND)

Tu uvadzame doélezité body tykajuce sa spravy:

« |kona upozornenia sa zobrazi nad ikonou modulu spracovania na obrazovke System status (Stav systému)
(ako v €asti 5.1.2 Stav hardvéru) s oznamenim, ktoré po kliknuti pravym tlacidlom mysi pripomenie, dokedy je
tieto Ulohy udrzby potrebné vykonat (v tom ¢ase sa odhadovany détum zobrazi spolu s textom ,Due now"
(Termin teraz).

» (Odhadované datumy dalSich ukonov udrzby su zalozené na pocte spracovanych sklicok a/alebo odporu¢anom
¢asovom obdobi medzi jednotlivymi tkonmi.

» Ak pre ¢asove obdobie spravy neexistuje histéria udalosti, namiesto tabulky historie sa zobrazi vyhlasenie v
tomto zmysle.

» Prvym ddatumom v tabulke historie je bud zaciatok obdobia spravy alebo datum uvedenia do prevadzky
modulu spracovania, ak k tomu do$lo neskor. Polozky v priradenych stipcoch ,Slides since last
maintenance/replacement” (Sklicka od poslednej udrzby/vymeny) vzdy zobrazuju 0 skli¢ok.

» Poslednym datumom v tabulke histdrie je koniec vykazovaného obdobia.

 Pre kazdu zostavu na farbenie sklicok st pocCty sklicok a tiez suhrnny celkovy pocet sklicok pre vSetky 3
zostavy. Po kazdej uspesnej udrzbe sa pocet sklicok vynuluje.

 Pre kazdu sondu s robotom na nebalenu tekutinu v zostave na farbenie sklicok st individudlne pocCty sklicok
(iba BOND-I11).

« Preinjekénd striekacku kaZdej zostavy na farbenie sklicok st individualne pocty sklicok (iba BOND-II).

e Pre hlavnu injekcnu striekacku je samostatny pocet sklicok.
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Nastavenie sklicka (na
riadiacom zariadeni BOND)

Standardny pracovny postup na vytvorenie sklicok urcenych na spracovanie pomocou systému BOND zahffia
nasledujuce hlavné kroky:

T

M~ W N

6
7

Priprava sekcii na sklickach.

Vytvorenie pripadu pre sklitka v softvéri BOND (alebo pripad moZno importovat zo systému LIS).
V pripade potreby pridajte alebo upravte Udaje lekara.

Zadanie Udajov skli¢ok (alebo ich moZno importovat zo systému LIS).

Vytvorenie kontrolnych sklicok podfa Standardnych postupov laboratdria.

Oznacenie sklicok (pokial uzZ nie st oznacené titkami LIS).

VloZenie sklicok na podnos na sklicka a vlozenie podnosov na sklicka do modulu spracovania.

Ked sa vase sklitka zacnu spracovévat, obrazovka Slide history (Histéria skli¢ok) umozruje vytvérat rézne spravy o
sklickach, pripadoch a cykloch. Preditajte si ¢ast 9 Historia sklicok (na riadiacom zariadeni BOND) pre viac informacif.

Ak Standardny pracovny postup nevyhovuje vaSmu laboratoriu, existuju alternativne pracovné postupy.

Tato kapitola ma nasledujuce ¢asti:

e 6.1 Obrazovka nastavenia sklicka

6.2 Praca s kontrolnymi vzorkami

6.3 Praca s pripadmi

6.4 Sprava lekarov

6.5 Praca so sklickami

6.6 Oznacovanie sklicok

6.7 Suhrnna sprava o nastaveni sklicok

6.8 Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu

6.9 Kompatibilita sklicok
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.1 Obrazovka nastavenia sklicka

Obrazovka Slide setup (Nastavenie skli¢ka) zobrazuje pripady a sklicka zadané do systému BOND, ale este
nespracované. V pripade systémov integrovanych do systému LIS zobrazuje pripady a skliCka importované zo
systému LIS. Pre systémy, ktoré nie su LIS, na tejto obrazovke vytvarate a podla potreby upravujete pripady a sklicka.
Sklika musia patrit do pripadu, takze pred vytvorenim skli¢ok musite vytvorit pripad.

Obrazovku Slide setup (Nastavenie sklicka) zobrazite kliknutim kliknite na ikonu Slide setup (Nastavenie sklicka)

Slide setup
(+y
na paneli funkcii.

Obrézok 6-1: Obrazovka Slide setup (Nastavenie sklicka)

Slide setup
wmm EXN
L0012 - 85116 SSnanty, Abser Josaph ’
VMG ESH R Barjarsin Highirwer Kevin Parnel
A1EHIG-HT Fanni Hurley i Josary 2 1. HOHA3IE + P . ﬁ
e L
A HMI-HES el Besith K Pannal i HCF T oED al E:
CEled - JS4EED Lan Chavwy Cacila Hoy 2 E
CHE - TS T L e Yorw Keein Parnal &
5D - J8AT13 Le Erd Thomas Madheras 1
CEEL - J05TI Ay Cr5un Dreizbia Marvahan 3
CE004 . 7E5TE3 45 Chak Kol Gaanng Fhinehan |
(L2005 - J5aTH] Chith P Bagon Adthur Jessry 1
L5205 - 155791 Wlarsho Wslkra Kichotin Morahan 1
CE008 - 1551 Srazzan Max Kicholas Morahan "3
R - 28N Lazre Masshal Dhearina Hayman ¥
50 - 252400 Sally Faener Jai o Glaser 3
5802 - 352413 Jarsi Dotirda Juxiond Glaser 1
L0 - 5314 Barb, Ak Juivry i
CEAI - BETESD Auwsres Ewur Juck Browme i
C5300 - 3TN Tharsaxa Eroan Jack Browns L]
RO - B Fax Ayl Arfur Joaery "
Poiive Tasin cosrals 11 Tonal cases: 23
Himgmiva fmaus cosiroie: 25 Totml aliden: 143

Obrazok 6-1 zobrazuje obrazovku Slide setup (Nastavenie sklicka). Pravd hornd ¢ast obrazovky obsahuje funkcie na
précu s pripadmi, prava ¢ast obrazovky obsahuje funkcie na pracu so sklickami.
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.2  Praca s kontrolnymivzorkami

Spolo¢nost Leica Biosystems odporuca rutinné pouzivanie kontrol v systéme BOND. Niektoré testovacie produkty
obsahuju svoje vlastné kontrolné sklicka, ale v ndvode k produktu sa mézu odporucat dalsie interné kontroly. Dalie
podrobnosti o odportcéaniach kontroly kvality ndjdete v Specifickych ndvodoch na pouzitie (IFU) pre testovacie
produkty. Majte na pamati, Ze kontroly by mali byt skiskou celého procesu. Pozrite si ¢ast 14.3 Kontrola kvality, kde
najdete dalSie informacie.

@ Pre najprimeranejSie testovanie vykonnosti systému BOND spolo¢nost Leica Biosystems dorazne
odportca umiestnit vhodnud kontrolnd vzorku tkaniva na rovnaké podlozné sklicko ako tkanivo

pacienta.

Zatial ¢o umiestnenie kontrolnej vzorky tkaniva s testovacim tkanivom sa dorazne odporuca, softvér BOND tiez
umoznuje snimanie sklicok iba s kontrolnymi vzorkami tkanivami a kontroly reagencie. Dbajte na to, aby sklicka s iba
kontrolnou vzorkou tkaniva boli dobre oznaceng, aby nedoslo k zamene s testovanymi vzorkami pacienta.

6.2.1 Kontrolna vzorka tkaniva

Kazdé sklitko musi byt zadané do softvéru BOND ako sklicko s jednym z nasledujucich typov tkaniv:
* testovacie tkanivo,
 negativne tkanivo,
* pozitivne tkanivo.

Toto sa nastavi v dialégovom okne Add slide (Pridat sklicko) (pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka). Akékolvek
sklicko s testovacim tkanivom pacienta by sa malo nastavit ako Test tissue (Testovacie tkanivo). Nastavenia kontroly
Positive tissue (Pozitivne tkanivo) a Negative tissue (Negativne tkanivo) pouZivajte vyhradne pre sklicka len s
kontrolnym tkanivom.

Kedykolvek sa zmeni typ tkaniva pre nové sklicko v dialégovom okne Add slide (Pridat sklicko), pole Marker
(znackovad) sa automaticky vymaze, aby bolo zaistené, Ze pre tkanivo vyberiete spravny znackovac.

Sklicka s negativnym alebo pozitivnym tkanivom su oznacené symbolom - alebo + na obrazovke Slide setup
(Nastavenie skli¢ka). Na obrazovke Slide history (Histéria sklicka) sa pre kazdé sklicko zobrazi Test (Testovacie),
Negative (Negativne) alebo Positive (Pozitivne) v stipci Type (Typ).

Na to, aby boli samotné sklicka jasne zvyraznené ako kontroly, zahrfiujeme polozku Tissue type (Typ tkaniva) ako
jedno z informacnych poli do predvolenych $ablén $titkov skli¢ok. To vytlaéi velké (+) na Stitky s pozitivnou
kontrolnou vzorkou tkaniva a (-) na Stitky s negativnou kontrolnou vzorkou tkaniva. Pri testovacom tkanive sa v poli
nevytlaéi ni¢. Odpordcéame zahrnut toto pole do vSetkych ostatnych Stitkov skli¢ok, ktoré nakonfigurujete (pozrite si
¢ast 10.3 Labels (Stitky) ).
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.2.2  Kontrolna reagencia

Sklicka sa nastavia pomocou kontrolnej reagencie vyberom vhodnej reagencie ako znackovaca namiesto
Standardnych protilatok alebo sond pocas konfiguracie sklicka.

Pokial ide o IHC, softvér BOND obsahuje moZnost negativnej kontrolnej reagencie. S IHC vybranym v dialégovom
okne Add slide (Pridat sklitko) zvolte moZnost *Negative (Negativne) z rozbalovacieho zoznamu Marker (Znackovac).
Spolo¢nost BOND poskytuje roztok BOND Wash Solution pre tieto kroky.

Pokial ide o ISH, softvér BOND obsahuje negativne a pozitivne kontrolné reagencie pre RNA a DNA. Tieto reagencie je
potrebné zakupit, zaregistrovat a vloZit do systému BOND. Vyberte prislusni kontrolnd sondu z rozbalovacieho
zoznamu Marker (Znackovac).

Sklicka s kontrolnymi reagenciami nie su osobitne oznacené inak ako nazvom znackovaca zobrazenym na obrazovke
Slide setup (Nastavenie sklicka) a na Stitku sklicka, ak je pole znackovaca zahrnuté v prislusnej $abléne Stitka sklicka.

6.3  Pracas pripadmi

Této ¢ast opisuje funkcie v avej ¢asti obrazovky Slide setup (Nastavenie skli¢ok), ktoré véam umoznia pracovat s
pripadmi. Podsekcie nasledujlce po popisnej Casti poskytuju postupy na priddavanie, Upravu a odstranovanie Udajov o
pripade.

NiZSie uvedené Casti:
» 6.3.1 Kontroly pripadov a informécie o aktivnych pripadoch
e 6.3.2 Identifikacia pripadu
e 6.3.3 Pridanie pripadu
* 6.3.4 Duplikdcia, obnovenie a exspirdcia pripadu
o 6.3.5 Upravy pripadu
e 6.3.6 Kopirovanie pripadu
e 6.3.7 Moznost celodenného pripadu

e 6.3.8 Sprava o pripade

6.3.1  Kontroly pripadov a informacie o aktivnych
pripadoch

Kliknutim na poloZku Add case (Pridat pripad) pridate podrobnosti o novom pripade (pozrite si ¢ast 6.3.3 Pridanie
pripadu).

Kliknutim na polozku Edit case (Upravit pripad) upravite detaily existujticeho pripadu (pozrite si ast 6.3.5 Upravy
pripadu).

Kliknutim na polozku Delete case (Odstranit pripad) odstrénite existujdci pripad (pozrite si ¢ast 6.3.5.1 Odstranenie
pripadu).
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

Kliknutim na polozku Copy case (Kopirovat pripad) pridate kdpiu pripadu a sklicka pre dany pripad (pozrite si ¢ast

6.3.6 Kopirovanie pripadu).

Prikazy Edit (Upravit), Delete (Odstranit) a Copy (Kopirovat) su pristupné aj v kontextovom okne po kliknuti pravym

tlacidlom mysSi na pripad.

Kliknutim na polozku Case report (Sprdva o pripade) (pod zoznamom pripadov) zobrazite spravu pre vybrany pripad
(pozrite si ¢ast 6.3.8 Sprava o pripade).

Tabulka pod tlacidlami zobrazuje informécie o aktivnych pripadoch takto:

Case ID (Identifikator
pripadu)

Meno pacienta
Meno lekara

Sklicka

Identifikdcia pripadu. MoZe to byt akykolvek alfanumericky znak.

KedZe toto pole mdze obsahovat pismend aj &isla, kliknutim na zahlavie stipca Case ID
(Identifikator pripadu) v tabulke sa toto pole zoradi ako text - identifikator za¢inajlci 10
bude zoradeny pred identifikator zac¢inajuci 2.

Identifikacia pacienta.
Meno lekara alebo odporucajuceho patoldga zodpovedného za pacienta.
Pocet nespracovanych sklicok nakonfigurovanych pre zvoleny pripad.

Ked sa spracovanie zacne na sklickach, st presunuté z obrazovky Slide setup
(Nastavenie sklicok) do obrazovky Slide history (Histéria sklicok) a pocet bude
aktualizovany.

Pripad s ¢ervenym pruhom na l'avej strane znamend, Ze ma jeden alebo viac prioritnych skli¢ok LIS (pozrite si ¢ast

11.2.5 Prioritné sklicka).

Pod zoznamom aktivnych pripadov je uvedeny suhrn vSetkych pripadov a sklicok takto:

Pozitivne kontrolné
vzorky tkaniva

Negativne kontrolné
vzorky tkaniva

Celkovy pocet pripadov

Celkovy pocet sklicok

Celkovy pocet pozitivnych kontrolnych vzoriek tkaniva pre vSetky aktualne zadané a
nespustené pripady.

Celkovy pocet negativnych kontrolnych vzoriek tkaniva pre vSetky aktualne zadané a
nespustené pripady.

Celkovy pocet aktivnych pripadov.

Celkovy pocet sklicok pre vSetky aktudlne zadané a nespustené pripady.
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.3.2  lIdentifikacia pripadu

Systém BOND pouZiva dva primarne identifikatory pripadu: identifikdtor pripadu a ¢islo pripadu (Case ID a Case No.
v uvedenom poradi v softvéri).

« Case ID (Identifikator pripadu): identifikator pripadu zadany pouzivatelom pomocou schémy identifikécie
laboratdria. Pre pripady vytvorené v systéme BOND sa identifikator pripadu zaddva v dialdgovom okne Add
case (Pridat pripad) pri vytvarani pripadov. V pripade systémov LIS-ip sa identifikator pripadu prijima zo
systému LIS (kde sa mdZe nazyvat ,éislo zéznamu" alebo inak).

 Case No.: (Pripad ¢.:) jedineéné identifikacné ¢islo, ktoré systém BOND automaticky priradi kazdému pripadu v
systéme (vytvorené v systéme BOND aj prijaté zo systému LIS). Cislo pripadu sa zobrazuje v dialdgovom okne
Case properties (Vlastnosti pripadu).

Vo verziach BOND pred sa nevyzadovalo, aby identifikatory pripadov boli jedinecné, takze bolo moZné mat dva alebo
viac pripadov s rovnakym identifikatorom. Pripady by vSak pravdepodobne mali odliSné mena pacientov a urcCite by
mali rézne Cisla pripadov. Vo verziach BOND 4.1 a neskér vSetky nové pripady musia byt jedinecné.

Pripady sa tieZ ¢asto identifikuju podla mena pacienta, mena pacientov vSak nie st povinné a nemusia byt jedineéné.

6.3.3  Pridanie pripadu

Ak chcete pridat pripad, zacnite na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) a vykonajte nasledujuce kroky:

1 Na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) kliknite na polozku Add case (Pridat pripad) a zobrazi sa
dialégové okno Add case (Pridat pripad) (pozrite si ¢ast Obrazok 6-2).

Obrazok 6-2: Dialégové okno Add case (Pridat pripad)

Add case
Casa I0: |
Patent namea:
Casa commanls:
DCactzre: _— n
Manape doctors
Add case ——
Cispanse valima: 100wl
# 0 150ul
Praparatian proizecl: “Diaweax -
o]
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

2 Podla potreby zadajte podrobnosti do poli Case ID (Identifikator pripadu), Patient name (Meno pacienta), Case
comments (Komentdre k pripadu) a Doctor (Lekar).

‘ ‘ Pripady je mozZné priddvat aj bez zadania informécii o pripade.

3 Ak poZadovany lekar nie je v zozname lekarov, pridajte ho kliknutim na polozku Manage doctors (Spréava
lekdrov) na otvorenie dialégového okna Manage doctors (Sprdva lekarov) (pozrite si ¢ast 6.4 Sprava lekarov).

4 Zvolte davkovaci objem pre sklicka vytvorené pre tento pripad, ak nie je rovnaky ako uz nakonfigurovany
predvoleny davkovaci objem.

Upozornujeme, Ze pre vSetky sklicka spracované na moduloch spracovania BOND-III a BOND-PRIME vyberte
davkovaci objem 150 pl. Okrem toho pre vSetky sklicka ISH vyberte davkovaci objem 150 pl pre vSetky typy
modulov spracovania.

Informécie o pouzitelnych oblastiach skli¢ok a davkovacich objemoch najdete v ¢asti 6.5.8 Objemy davkovania
a pozicia tkaniv na sklickach.

5 Zvolte moznost pripravy v zozname Preparation protocol (Pripravny protokol) (pozrite si Obrazok 6-2), aby sa
to stalo predvolenym pre sklicka vytvorené pre tento pripad.

6 Ak chcete dialégové okno opustit bez zadania Udajov do systému, kliknite na tlacidlo Cancel (Zrusit).
7 Ak chcete zadat Udaje o pripade, kliknite na tladidlo OK.

Pripad bude pridany do zoznamu pripadov.

(Duplikacia identifikatorov pripadu) (pozrite si ¢ast 6.3.4 Duplikacia, obnovenie a exspiracia

‘ Ak identifikator pripadu uz v systéme existuje, otvori sa dialégové okno Case ID duplication
pripadu).

6.3.4  Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu

Verzie softvéru pred BOND 4.1 umoznovali, aby niektoré pripady mali rovnaky identifikator pripadu. Takéto pripady sa
vo vSeobecnosti dali rozliSit podla mena pacienta a rozli$enie bolo vzdy zaru¢ené &islom pripadu, ktoré je vzdy
jedinecné. Systém BOND uz neumoznuje, aby nové pripady mali rovnaky identifikator ako existujlce pripady -
kazdému novému pripadu musi byt prideleny jedinecny identifikator alebo musi byt identifikovany ako rovnaky pripad
uz v systeme.

Ak zadate pripad s identifikatorom pripadu, ktory sa uz v systéme nachddza, zobrazi sa dialégové okno Case ID
duplication (Duplikacia identifikatoru pripadu), ktoré zobrazuje existujlci pripad s rovnakym identifikatorom. Ak
chcete pouzit existujlci pripad, vyberte ho a kliknite na polozku Use selected (Pouzit vybrané) (pozrite si tiez éast
ZlUcenie pripadov (Sekcia 6.3.4.1 na strane 144)). V opaénom pripade zruste dialdgové okno a zmente identifikator
pripadu, aby sa pripad vytvoril ako novy.
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

Pripady v dialégovom okne Case ID duplication (Duplikdcia identifikdtoru pripadu) mohli byt odstranené, exspirované
(pripady, v ktorych boli vietky skli¢ka spracované - pozrite nizSie), alebo to mézu byt sicasné pripady, ktoré su stale
uvedené na zozname na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicok). Ak zvolite pripad, ktory je exspirovany, a obnovite
ho do zoznamu pripadov, pripad je oznaceny ako ,obnoveny”.

Pozrite si ¢ast Duplicitny identifikator pripadu (Sekcia na strane 240), kde néjdete dalSie informécie o duplicitnych
identifikatoroch pripadov pre pripady LIS.

6.3.4.1  ZlucCenie pripadov

Ak upravite identifikator pripadu tak, aby sa zhodoval s identifikatorom existujiceho pripadu, a potom kliknite na
tlacidlo Use selected (PouZit vybrané) v dialdgovom okne Case ID duplication (Duplikdcia identifikatoru pripadu), ktoré
sa nasledne zobrazi, vSetky nespracované sklicka z upraveného pripadu bude presunuté do existujuiceho pripadu.

@ Je mozné upravit iba pripad, ktory ma nespracované sklicka, preto nie je mozné zmenit pripad, ku
ktorému su priradené spracované sklicka.

6.3.4.2  Zivotnost spracovaného pripadu

Po spusteni spracovania posledného sklicka v pripade bude pripad (podla predvoleného nastavenia) odstraneny z
obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka) a zobrazi sa na obrazovke Slide History (Histéria sklicok).

Systém BOND moZete nastavit na uchovavanie pripadov na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) pocas
nastaveného poctu dnf po spracovani poslednych sklicok v pripadoch. Polozku Processed case lifetime (Zivotnost
spracovaného pripadu) nastavite v klientovi spravy na obrazovke Laboratory (Laboratérium) (pozrite si ast
10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka).

Pripady, ktoré exspirovali, su ulozené v systéme, ale nedaju sa zobrazit. Pripady, ktoré exspirovali, sa daju obnovit do
zoznamu opatovnym pridanim pripadu (jeho obnovou) alebo pridanim skli¢ka do pripadu prostrednictvom systému

LIS.
@ Pripady, ktoré neobsahuju ziadne spracované sklicka, sa z obrazovky nastavenia sklicka nikdy
automaticky neodstrania.

6.3.5  Upravy pripadu

Ak chcete upravit podrobnosti o pripade, vyberte ho v zozname a kliknite na poloZku Edit case (Upravit pripad).
Softvér zobrazi dialégové okno Case properties (Vlastnosti pripadu). M6Zete ho pouZit rovnakym spdsobom ako
dialégové okno Add case (Pridat pripad) popisané vyssie.

@ Ak upravite podrobnosti o pripade, pre ktory boli Stitky sklicok vytlacené, pred spracovanim sklicka
Stitok znova vytlacte (na obrazovke sa objavi sprdva v tomto zmysle).

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 144



Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.3.5.1 Qdstranenie pripadu

Ak chcete pripad odstrénit, vyberte ho v zozname a kliknite na tlacidlo Delete case (Odstranit pripad).

@ Ked pripad BOND na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) obsahuje iba nespracované sklicka,
pripad moZete ruéne odstranit, éim ho nechate exspirovat. (VSetky pripady LIS exspiruju

automaticky, ked neobsahuju Ziadne nespracované sklicka.)

‘ Pripad nemoZete manudlne odstranit, ak obsahuje nejaké spracovévané alebo spracované sklicka.

Odstranenim pripadu sa odstrania aj vSetky nespracované sklicka vytvorené pre tento pripad.

Udaje 0 odstranenych pripadoch mozZete obnovit, ale nie ich sklicka.

6.3.6  Kopirovanie pripadu

Kopirovanie pripadu poskytuje pohodIiny spdsob, ako pre pacienta nastavit novy pripad. Udaje o pripade mozete v
novom pripade zmenit, ak si to budete Zelat, alebo ich ponechat nezmenené. Automaticky sa vytvori nové ¢islo
pripadu a musite zadat novy identifikator pripadu.

‘ Pripad nemozno skopirovat, ak obsahuje sklicko, ktoré odkazuje na odstraneny protokol.

Skopirované skli¢ka su pripravené na tla¢ §titka a spracovanie na obrazovke Slide setup (Nastavenie skli¢ka).
Kliknutim pravym tlacidlom mysi na sklicka a vybratim poloZky Delete slide (Odstranit sklitko) odstrénite neZiaduce
sklicka.

Ak chcete skopirovat pripad:

1 Vyberte pripad, ktory chcete skopirovat, v zozname pripadov v lavej ¢asti okna Slide setup (Nastavenie
sklicka).

2 Kliknite na poloZku Copy case (Kopirovat pripad), softvér zobrazf dialégové okno Copy case (Kopirovanie
pripadu).

3 Zadajte novy identifikator pripadu a podla potreby upravte udaje pripadu.
4 Podla potreby zvolte polozku Unprocessed slides (Nespracované sklicka) alebo All slides (VSetky sklicka).
» Nespracované sklicka — kopirovanie iba nespracovanych sklicok z pévodného pripadu.

« VSetky sklitka — kopirovanie vSetkych sklicok (nespracovanych, spracovavanych a spracovanych) z
povodného pripadu. Systém oznaci vSetky sklicka v novom pripade ako nespracované.
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5 Kliknite na tlacidlo OK.

Systém vytvori novy pripad a skopiruje sklicka vratane akychkolvek komentarov podla vybranej moznosti.
VSetky skopirované sklicka (vratane LIS) sa spravaju rovnako ako sklicka vytvorené v dialégovom okne Add
slide (Pridat sklicko) (pozrite si ¢ast 6.5.1 Opis poli sklicka a kontrol).

6.3.7  Moznost celodenného pripadu

Systém BOND méze byt nakonfigurovany tak, Ze automaticky vytvori novy pripad kazdych 24 hodin, ¢o umozni
vytvorenie vSetkych skli¢ok pre kazdy den v rovnakom, jednom pripade. To méZe usetrit ¢as pre laboratoéria
spracuvajuce maly pocet podloznych sklicok, pretoze nezadavaju mena pacientov a identifikatory pripadov. Kazdy
denny pripad ma tieto vlastnosti:

« identifikator pripadu je nastaveny na datum nového dna,

» predvoleny davkovaci objem a protokol pripravy sa nastavia na predvolené hodnoty systému stanovené v
klientovi spravy, mozu byt upravené.

« Polia Patient name (Meno pacienta) a Doctor (Lekdr) zostavaju prazdne a nedaju sa zmenit.

Jednotlivé pripady mozete stéle vytvdrat zvyéajnym spdsobom, pricom je zapnuta moznost celodennych pripadov.
Pozrite si ¢ast 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka, kde su pokyny na nastavenie moZnosti celodenného pripadu.

6.3.8  Sprava o pripade

MaozZete vytvarat spravy pre jednotlivé pripady. V spravach sa uvadzaju zékladné Udaje o pripade a informdcie o
vSetkych sklickach v pripadoch, napr. identifikatory skliok a v nich pouzité protokoly a reagencie. Ak je sprava ur¢ena
na tlac, je v nej priestor na pisanie pozndmok ku kazdému sklicku. Pozrite si ¢ast 9.6 Spréva o pripade, kde je uvedeny
uplny opis.

Vytvdranie sprav o pripadoch v oknéch Slide setup (Nastavenie sklicok) a Slide history (Histéria sklicok). Vyberte
prisludny pripad alebo sklicko a potom kliknite na tlagidlo Case report (Sprava o pripade). Sprévy o pripadoch
obsahuju iba Udaje o reagenciach pre sklicka, ktoré boli spracované a odomknuté z modulu spracovania.
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6.4  Sprava lekarov

Systém BOND ukladé zoznam lekarov, ktori mozu pripadne pridat podrobnosti o pripade. Vyberte si zo zoznamu
preferovanych lekarov v dialégovom okne Add case (Pridat pripad) alebo Case properties (Vlastnosti pripadu) alebo
pridajte a upravujte lekarov v dialdgovom okne Manage doctors (Sprava lekarov), otvorenom z rovnakych dialdgovych
okien s vlastnostami pripadu.

Pre kazdého lekdra su zobrazené nasledujice polia:
« Name (Meno): = meno lekara,
LIS ID: - jedine¢ny identifikdtor poskytnuty laboratérnym informaénym systémom (ak je to pouZitelné),

o Pref.: - preferovany stav lekéra (pri vytvérani pripadov st v rozbalovacom zozname k dispozicii iba
preferovanti lekdri). Tento $tatit sa nastavuje v dialégovom okne Edit doctor (Upravit lekéra).

Tieto hodnoty su uvedené aj v dialégovom okne Edit doctor (Uprava lekéra). Okrem toho mé dial6gové okno Edit
doctor (Uprava lekéra) nasledujtice polozky:

« |D: - jedinecny identifikator automaticky vygenerovany a prideleny systémom BOND,

« Comments (Komentare): — upravite/né pole pre v§eobecny komentar alebo dalSie informdcie o nazve.

Ak je otvorené dialdgové okno Manage doctors (Sprava lekarov), kliknite na polozku Add (Pridat) alebo Edit (Upravit)
na pridanie novych lekérov alebo upravenie tdajov existujucich lekérov. Upravy je mozné robit len v poli s komentarmi
a menit preferovany §tatut - po vytvoreni lekdra nemdZete zmenit jeho meno.

Lekdrov mozete odstranit v dialdgovom okne Manage doctors (Sprava lekdrov). Pripady, ktoré uz boli vytvorené s
odstranenym lekdrom, nadalej zobrazuju meno lekara, ale pre nové pripady nie je lekar k dispozicii. Meno
odstraneného lekdra nemdoZete znova pouZit pre nového lekara.

6.5 Praca so sklickami

Této ¢ast popisuje vytvaranie a spravu sklicok na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka). Zavere¢nd cast
popisuje nastavenie davkovacieho objemu a spésob, akym ovplyviuje umiestnenie tkaniva na sklickach.

» 6.5.1 Opis poli sklicka a kontrol
* 6.5.2 Vytvorenie sklicka

e 6.5.3 Kopirovanie sklicka

6.5.4 Upravy sklicka

6.5.5 Odstranenie sklicka

e 6.5.6 Manudlna identifikacia sklicka

6.5.7 Pridanie panela sklicok

6.5.8 Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach
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6.5.1  Opis poli sklicka a kontrol

V hornej Casti zoznamu sklicok su dve tlacidla:

« Kliknite na polozku Add slide (Pridat sklicko), aby ste pridali skli¢ko pre vybrany pripad.

« Kliknite na poloZzku Add panel (Pridat panel), aby ste pridali panel pre vybrany pripad.

« Preditajte si ¢ast 6.5.7 Pridanie panela sklicok pre viac informécil.

Zoznam sklicok v pravej Casti obrazovky zobrazuje udaje sklicok pre pripad vybrany v lavej ¢asti obrazovky. Kazdé
sklitko zobrazuje identifikator sklicka a podrobnosti o protokoloch, ktoré maju byt pref spustené. Oblasti Stitkov na
pravej strane sklicok su farebne oznacené podla toho, kde boli vytvorené:

1. 00000401
“CO10

"HC F "D "— "HI{20)

Biela:
Sklicko vytvorené v dialégovom okne Add slide (Pridat sklicko)

(pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka)

2. 00000402 ZIté:
"Con
er o - Sklicko vytvorené v dialégovom okne Slide identification (Identifikacia sklicka)
| — "H2{20)
(pozrite si éast 6.8 Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu)
2. 00000404 Svetlosiva:
"CD1i0
HCF "D " M) Sklicko LIS

(pozrite si ¢ast 11 Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariaden))

Na sklickach su zobrazené aj nasledujice symboly:

3. D0000405
"CDi0

"IHC F "0 "— "H2(20}

(4. 00000406
*COil

HCF "D "— "H2{20)

1. 00000407
coip

THCF "D *— "HI20)

6. 00000408
coip

THCF "D "— "HIEm

awLhe
e

Znamienko minus:

Sklitko s negativnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v ¢asti 6.5.2 Vytvorenie
sklicka)

Znamienko plus:

Sklitko s pozitivnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v ¢asti 6.5.2 Vytvorenie
sklicka)

Cervené P:

Sklicko s prioritou systému LIS (pozrite si ¢ast 11.2.5 Prioritné sklicka)

Vzorovy §titok:

Stitok sklicka bol vytlaceny

Dvojitym kliknutim na sklicko otvorite dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Kliknutim pravym tlacidlom
mySi odstranite sklicko alebo pren vytlacite Stitok.
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6.5.2  Vytvorenie sklicka

Ak chcete vytvorit sklicka pre systém HER2 IHC Bond™ Oracle ™, pozrite si ndvod na pouZzitie (IFU), ktory sa doddva s
produktom.

Vytvorenie nového sklicka:
1V zozname pripadov kliknite na pripad.

2 Kliknutim na polozku Add slide (Pridat sklicko) zobrazte dialégové okno Add slide (Pridanie sklicka).
Obrazok 6-3: Dial6gové okno Add slide (Pridanie sklicka)

Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 ype P
Doctor: ' Test tissue 100 pL
Smith Negative tissue 150 pL
Slide 1D: R
Positive tissue
Case N°:
3 Staining mode:
Case comments: Single n Routine n
Date created: Single
62972020 12:21:24 PM
Process: v IHC ISH
Marker: “CD5 (4C7) [~ |
Protocols
Staining: *IHC Protocol F n
Preparation: *Dewax n
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ ~ |
Enzyma: o n

Marker UPI:

Auto n

Detection System UPI:

Auto n

A i

Nové sklicko je automaticky ocislované s jedinec¢nym iSlide ID (Identifikatorom sklicka), to sa vSak nezobrazi,
kym sa skli¢ko neuloZi po kliknuti na polozku Add slide (Pridat skli¢ko) v dialégovom okne.

3 Ak chcete, pridajte komentar ku sklicku.

4 Vyberte typ tkaniva (testovacie tkanivo, negativne tkanivo, pozitivne tkanivo) kliknutim na jedno z prepinacich
tlacidiel v skupine Tissue type (Typ tkaniva).
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Pozrite si ¢ast 6.2.1 Kontrolna vzorka tkaniva pre vieobecnejsie informécie o kontrolnych vzorkach ¢ast
14.3.2 Kontrolné vzorky tkaniv.

5 Ak je to potrebné, zmente davkovaci objem pre skli¢ko (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy ddvkovania a pozicia
tkaniv na sklickach).

6 Vyberte rezim farbenia.

a V poli Staining mode (Rezim farbenia) vyberte poloZku Single (Jednoduché) (predvolené), ak sa pouZije
jednoduché farbenie, pripadne Sequential multiplex (Sekvenéné multiplexové farbenie) alebo Parallel
multiplex (Paralelné multiplexové farbenie) pre sklicko s multiplexovym farbenim (pozrite si ¢ast
7.1.7 Rezimy farbenia).

b Vyberte poloZku Routine (Rutinné) (predvolené) v druhom poli (polozku Oracle vyberte len v pripade, Ze je
to uvedené v pokynoch pre systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC).

c Pre sekvenéné multiplexové farbenie vyberte pocet farbeni z rozbalovacieho zoznamu Stains (Farbenia).
MéZete zvolit maximalne dve farbenia.

Zobrazené karty zavisia od zvoleného rezimu farbenia:
« Jednoduché - karta Single (Jednoduché)
« Paralelné multiplexové - karta Parallel multiplex (Paralelné multiplexové farbenie).

« Sekvenéné multiplexové - karta pre kazdé farbenie (napriklad, karta First (Prvé), karta Final

(Posledné)).
Add shde
Edward. A Slide comments
Case ID: Tissue type: Dispense volume:
3688
Doctor: ' Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue « 150 pL
Slide ID: Positive tissue
Case N*:
3 Staining mode:
Case comments: Sequential multiplex - Routine -
P
B/25/2020 12:21:24 PM
Process: IHC & ISH
Marker. -
Protocols
Preparation: -
Adtsic
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7 Na kazdej zobrazenej karte:

a Vyberte postup farbenia (IHC alebo ISH).
b Vyberte primdrnu protilatku alebo sondu z rozbalovacieho zoznamu Marker (Znackovac):

c Ak chcete spustit negativnu kontrolnu reagenciu IHC, vyberte bud predvolenu negativnu reagenciu
*Negative (Negativne) alebo negativnu reagenciu, ktoru ste vytvorili (precitajte si ¢ast 14.3.3 Negativna
kontrolna reagencia pre IHC).

d Ak chcete spustit negativnu kontrolnt reagenciu ISH, vyberte *RNA Negative Control Probe (RNA
negativna kontrolna sonda) alebo *DNA Negative Control (DNA negativna kontrola).

e Ak chcete spustit pozitivnu kontrolnt reagenciu ISH, vyberte *RNA Positive Control Probe (RNA pozitivna
kontrolnd sonda) alebo *DNA Positive Control Probe (DNA negativna kontrolna sonda).

Ak chcete pridat alebo odstranit polozky z rozbalovacieho zoznamu Marker
(Znackovag), vyberte alebo zruste vyber pol'a Preferred (Preferované) pre reagenciu na
obrazovke softvéru Reagent Setup (Nastavenie reagencie). Pozrite si ¢ast 8.2.1 Pridanie
alebo Uprava reagencie pre viac informacii.

f Vyberte vhodny protokol pre kazdu fazu spracovania.

g Ak vyberiete primarnu protilatku alebo sondu, softvér zada predvolené protokoly. Skontrolujte, Ci su pre
kazdu fazu nastavené spravne protokoly a v pripade potreby vyberte novy protokol z prislusného
rozbalovacieho zoznamu. Vyberte *-- - -, ak sa v konkrétnej faze nevyzaduje protokol.

h Predvolené protokoly sa nastavuju na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie reagencie). Pozrite si ¢ast
8.2.1 Pridanie alebo uprava reagencie.

| Ak chcete pridat alebo odstrdnit poloZzky z rozbalovacieho zoznamu Protocol (Protokol), vyberte alebo
zruste vyber pola Preferred (Preferované) pre protokol na obrazovke Protocol setup (Nastavenie
protokolu). Pozrite si ¢ast 7.2.1 Podrobnosti protokolu pre viac informaci.

j Pre sklicka ISH mozete vybrat protokol aplikacie sondy a protokol odstranenia sondy. Alebo sa mozete
rozhodnut, Ze nebudete mat Ziadny protokol aplikécie sondy ani Ziadny protokol odstranenia sondy.

k Ak nie je zvoleny ziadny protokol aplikacie sondy alebo protokol odstranenia sondy, uistite sa, ze su
zruSené aj protokoly hybridizdcie a denaturéacie.

8 Prijednom farbeni by ste vo vSeobecnosti mali ponechat predvolenut funkciu Auto (Automaticky) pre jedine¢né
identifikdtory produktov (UPI) na lavej strane dial6gového okna. Ak v§ak chcete vybrat konkrétne ¢islo SarZe
pre konkrétne sklicko (napr. na overenie medzi $arzami), vyberte ho z rozbalovacieho zoznamu v
nasledujucich poliach:

» Marker UPI - UPI nadoby na reagencie pre znackovac
* Detection System UPI - UPI detekcného systému.

Na spracovanie sklicok v rovnakom cykle (v systéme BOND-MAX a BOND-III) musia byt identifikdtory UPI
rovnakeé alebo je potrebné vybrat moznost Auto (Automaticky).
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9 Kliknite na moznost Add slide (Pridat sklicko).

PoloZka Add slide (Pridat skli¢ko) prida sklicko s Udajmi aktudlne zobrazenymi v dialégovom okne Add slide
(Pridat sklicko) a potom ponechd dialégové okno otvorené. To ulahcuje rychle pridanie viacerych skli¢ok pre
vybrany pripad.

10 Kliknite na polozku Close (Zatvorit) po dokonéeni pridavania skli¢ok pre tento pripad.

6.5.3  Kopirovanie sklicka

‘ Sklicko nemozno skopirovat, ak odkazuje na odstraneny protokol.

Kopirovanie existujuceho sklicka:

1 Dvakrat kliknite na sklicko, ktoré chcete skopirovat, a otvorte dialégové okno Slide properties (Vlastnosti
sklicka).

2 Kliknite na poloZku Copy slide (Kopirovat sklicko).
Dialdgové okno sa zmeni na okno Add slide (Pridanie sklicka) s tlac¢idlom Add slide (Pridat skli¢ko).
3 Skontrolujte udaje sklicka a podla potreby ich upravte.

4 Kliknite na moznost Add slide (Pridat sklicko).

Nové sklicko vratane akychkolvek komentarov sa prida do rovnakého pripadu ako skopirované sklicko.

6.5.4  Upravy sklicka

Ak chcete upravit podrobnosti o sklicku na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka), dvakrat nan kliknite a otvorite
dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Zmente podrobnosti podla popisu v ¢asti 6.5.2 Vytvorenie
sklicka.

@ Ak upravite podrobnosti o sklicku, pre ktoré uz bol Stitok vytlaceny, pred spracovanim sklicka Stitok
znova vytlacte.

6.5.5  Odstranenie sklicka

Ak chcete sklicko odstranit zo zoznamu sklidok, kliknite nar pravym tlagidlom mysi v zozname skli¢ok na obrazovke
Slide setup (Nastavenie sklicka) a potom vyberte vo vedlajSej ponuke polozku Delete slide (Odstranit sklicko).
Vybrané sklicko méZete odstranit aj pomocou kldvesu Delete (Odstranit).
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6.5.6  Manualna identifikacia sklicka

Akakolvek sklicko v systéme BOND je mozné kedykolvek identifikovat. Kliknite na ikonu Search (Vyhladavanie)

Search
o e , o
na paneli funkcif a otvorite dialégové okno Manual ID entry (Manudlne zadanie identifikatora).

Obrézok 6-4: Dialdgové okno pre manualne zadanie identifikdtora

Manual ID eniry

Select search mode:
«  Automatic Slide Reagent package

Eriler the shde of resgent (D). (The dlide 10 s cate sendilive).
Chek Validabe when eamglelsd.

Pri sklickach so Stitkami s dvojrozmernymi Ciarovymi kodmi,, napriklad tymi, ktoré vytlaci systém BOND, nasnimajte
Stitok a pre dané sklicko otvorite dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Alebo manuéine zadajte 8-
ciferny ¢iselny identifikdtor vratane pogiatocnych nul a potom kliknite na poloZku Validate (Overit).

6.5.7  Pridanie panela sklicok

Panel je preddefinovana suprava znackovacov s pridruzenymi typmi tkaniv. Pomocou panelov moZete rychlo pridat
niekolko skli¢ok so znackovacmi, ktoré sa bezne pouzivaju spoloéne, pozrite si ¢ast 8.4 Obrazovka panela reagencii.

Ak chcete pridat panel skli¢ok do pripadu, postupuijte nasledovne z obrazovky Slide setup (Nastavenie skli¢ok):

1 Kliknite na polozku Add panel (Pridat panel). Otvori sa dialégové okno Add slides from panel (Pridat sklicka z
panela).

2 Vrozbalovacom zozname zvolte panel. Zobrazia sa skliCka v paneli.

3 Akje to potrebné, niektoré zo sklicok vylucte zruSenim zaciarknutia policok a potom kliknite na polozku Add
Slides (Pridat sklicka).

Systém BOND prida sklicka do pripadu.
» PreISH sklicka sa davkovaci objem automaticky nastavina 150 .
» Pre IHC sklicka je davkovaci objem nastaveny na predvolenud hodnotu pripadu.

» Pre vSetky sklicka je pripravny protokol nastaveny na predvolené nastavenie pripadu.

@ Panely sa daju pouzit na pridanie skliok v rezimoch farbenia Single (Jednoduché) alebo
Parallel multiplex (Paralelné multiplexové nanédsanie), ale nie Sequential multiplex (Sekvenéné

multiplexové nandsanie).
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6.5.8  Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach

Softvér BOND mad dve nastavenia objemu dévkovania, nastavené pre kazdé sklicko v dialdgovom okne Add slide
(Pridat sklicko) (pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka).

Nastavenie 100 pl je moZné pouZit iba pre sklicka IHC na module spracovania BOND-MAX - vSetky sklicka
spracované v systéme BOND-IIl a BOND-PRIME a vSetky skli¢ka ISH (na oboch typoch modulov spracovania) musia

(pozrite si 7 Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND)).

V ramci modulov spracovania BOND-III a BOND-MAX nastavenie objemu davkovania urcuje poziciu davkovania
reagencie na sklicko, ako aj vyddvany objem:

 Pre davky 100 pl st krycie sklicka Covertile stiahnuté spat priblizne do polovice sklicka a nasdvacia sonda
doddva protilatku na hornu stranu krycich skliok Covertile (priblizne do polovice sklika).

« Pre davky 150 pl krycie sklicka Covertile pokryvaju vacsiu ¢ast podloznych skliok. Reagencia je opat
poddvana na vrchnu stranu krycich sklicok Covertile, takze vacsia plocha podloznych skli¢ok dostava
reagenciu.

Rozdiel v oblastiach podloZnych skli¢ok, ktoré dostanu reagenciu, znameng, Ze je déleZité spravne umiestnit tkanivo.
Pre ddvky 100 pl je obvykle mozné farbenie iba jednej vzorky a mala by sa umiestnit na doInd polovicu sklicka (mimo
Stitok). Pre davky 150 pl sa dve vzorky tkaniva lahSie zmestia na podloZné sklicka, alebo ak sa pouZzije iba jedna, mala
by sa umiestnit do stredu sklicka. izitkové plochy sklicka pre rézne nastavenia objemu dévkovania su uvedené na
Obrazok 6-5. Sklicka Leica BOND Plus a Leica BOND Apex su oznacené tak, aby zobrazovali oblasti, na ktoré sama
tkanivo umiestnit.

0Obr4zok 6-5: Uzitkové plochy sklicka pre rézne nastavenia objemu dévkovania

Uzitkové
plocha

« Srafované oblasti ukazujd, kde moze byt tkanivo umiestnené na sklicka s réznymi objemami davkovania.

« Zobrazené bodky oznacujlce polohu st na sklickach Leica BOND Plus a Leica BOND Apex (pozrite si ¢ast
2.6.1 Sklicka.

Moduly spracovania BOND-IIl @ BOND-PRIME predvolene davkuju iba 150 pl — ak su viozené sklicka s objemom
davkovania 100 pl, nebude mozné spustit spracovanie.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 154



Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

Pre sklicka IHC v systémoch BOND-MAXa BOND-IIIsu objemy ddvkovanej protilatky uvedené v dialdgovom okne Add
slide (Pridat sklicko) — 100 pl alebo 150 pl. Pre sklicka ISH (pre oba typy modulov spracovania) je vyndtené nastavenie
150 pl a moduly spracovania pouzivaju pozicie 150 pl krycich sklicok Covertile a sondy. Systém BOND vSak davkuje
viac ako 150 pl sondy:

 pre sondy RNA systém BOND davkuje 220 pl v dvoch krokoch = 150 pla 70 l,
 pre sondy RNA systém BOND ddvkuje 240 pl v dvoch krokoch = 150 pla 90 pl.

V zavislosti od protokolu sa pri premyvani a dalSich krokoch pouziju odliSné objemy.

Predvolené nastavenie objemu davkovania

Pre IHC na systéme BOND-MAX je moZné objem davkovania (150 pl alebo 100 pl) nastavit pre kazdé jednotlivé
sklicko, avSak softvér BOND umoznuje konfigurovat dve Urovne predvolenych nastaveni. MézZete nastavit predvolenu
hodnotu pre cely systém (pozrite si ¢ast 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka). Toto nastavenie je moZné prepisat pre
jednotlivé pripady s predvolenymi hodnotami pripadov nastavenymi v dialégovom okne Add slide (Pridat skli¢ko)
(pozrite si ¢ast 6.3.3 Pridanie pripadu). Nakoniec je mozné nastavit objem davkovania pre jednotlivé sklicka v
dialégovom okne Add slide (Pridat skli¢ko) (pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka).

V&etky sklicka musia mat rovnaky objem dédvkovania, ktory sa ma spracovat spolu v tom istom cykle (pozrite si ¢ast
6.9 Kompatibilita skli¢ok).

6.6  Oznacovanie sklicok

V3etky sklicka, ktoré su farbené v systéme BOND, musia byt oznacené, aby ich softvér dokdzal identifikovat a
nasledne pre ne spustit spravne protokoly. Vetky Stitky skliok vytvorené v systéme BOND maju identifikator Stitka
(uvedeny v alfanumerickych znakoch ako 2-rozmerny ¢iarovy kod), ktory sa pouziva na automaticku identifikaciu
sklitok na moduloch spracovania. Stitky vytvorené v systéme LIS (s identifikatormi 2-rozmernym Ciarovym kddom) sa
daju tiez automaticky identifikovat. Na Stitky skliok by sa v§ak vzdy mali uvddzat dodatocné informdcie Gitatelné
¢lovekom, aby sa dali skli¢ka identifikovat, ak identifikdtory $titkov nemozno automaticky identifikovat, napriklad ak
st rozmazané (pozrite si Gast 10.3 Labels (Stitky) ).

Stitky sa musia nalepit na sklicka skor, ako sa vlozia do modulu spracovania. Dajte pozor, aby boli §titky spravne
pripevnené, aby mohol snima¢ identifikdtorov efektivne skenovat identifikatory Stitkov (pre 2-rozmerné ¢iarové kddy).

Na pouZitie so znackovacom Stitkov Leica Biosystems musite pouZit znackovac sklicok dodavany spoloénostou
BOND.

e 6.6.1 Tlac stitkov a nalepenie na sklicka

» 06.6.2 Identifikatory sklicok a identifikatory Stitkov
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6.6.1  Tlac stitkov a nalepenie na sklicka

1 Ak cheete vytlacit Stitok pre jedno sklicko, kliknite pravym tladidlom mysi na sklicko a potom vyberte poloZku
Print label (Vytlacit Stitok). V tomto pripade sa nezobrazi dialégové okno Print slide labels (Tlac Stitkov
sklicok). V systéme BOND-ADVANCE, ktory obsahuje definované stbory, sa na vytladenie Stitku pouZije
predvoleny znackovac skliok. V opaénom pripade sa pouZije prvy znackovaé v zozname (pozrite si ¢ast
10.6.3 Znackovace sklicok).

2 Ponastaveni vSetkych sklicok kliknite na polozku Print labels (Vytlacit stitky) na obrazovke Slide setup
(Nastavenie sklicka).

3 Vyberte, ¢i chcete tlacit Stitky sklicok pre:

« Allslide labels not yet printed (VSetky eSte nevytlacené Stity sklicok) — sklicka vo vSetkych pripadoch,
pre ktoré neboli vytlacené Stitky,

« All slide labels not yet printed for current case (VSetky eSte nevytlacené §tity skliGok pre tento pripad) -
skliCka v aktualnom pripade, pre ktoré neboli vytlacené Stitky,

« Current case (Aktudlny pripad) - vSetky sklicka pre aktudlne vybrany pripad vratane tych, ktoré boli
predtym vytlacené,

Stitky sklicok sd vytlacené v poradi, v akom boli ich pripady vytvorené, a v ramci kazdého pripadu v poradi, v
akom boli vytvorené sklicka.

4 Vyberte $titok sklicka, ktory chcete pouzit.

(Nastavte predvoleny znackovac v klientovi spravy na obrazovke Hardware (Hardvér), pozrite si ¢ast
10.6.2 Stbory.)

5 Kliknite na polozku Print (Tlacit). E
Ak prebieha tla¢ Stitkov, v lavej dolnej Easti obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka) -
sa zobrazi blikajuca ikona.

6 Uistite sa, ze matna plocha sklicka, na ktoru sa Stitok nalepi, je Uplne Cista a sucha.

7 Nalepte &titok s ID sklicka zarovnany paralelne s koncom sklicka. Stitok by mal smerovat pravou stranou nahor
(na rovnakej strane sklicka ako tkanivo).

« Zarovnajte Stitok v pravom uhle, pretoze modul spracovania nedokaZe spravne nasnimat nezarovnané
Stitky.

70

» Na zabezpecenie prilepenie vyvijajte pevny tlak na cell oblast tlaéenych Stitkov BOND.

« Tlageny Stitok by mal byt Uplne pripevneny k povrchu. Tlaceny stitok by nemal precnievat cez okraj
sklicka.

Ak sa Stitok ponori do tekutiny, pred uskladnenim ho nechajte vyschnut.
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Obrazok 6-6: Umiestnite Stitok do vnutra okrajov sklicka

B

ey Stitok presahuje

Nespravne: et | | Nespravne:

.% 112856
|

v Stitok je

1 081278
1

X okraje sklicka. X pokriveny.

POZOR: Umiestnite vSetky Casti Stitka ku vSetkym okrajom sklicka. Odkryty lepkavy povrch moze
sposobit, Ze sa Stitok sklicka (a sklicko) prilepi na krycie sklicko Covertile alebo iné zariadenie a
poskodi sklicko.

FE IVIOD
BERBURE

B e Spravne:

CPHETHRE

o Stitok je v pravom

uhle a vo vnutri
/ okrajov sklicka.

@ Pri vymene pasky tlaciarne BOND a rolky $titkov vymerite atramentovu pasku za rovnaké ¢islo
produktu. Pokyny na vymenu roliek titkov a atramentovej pasky su st¢astou balenia.

V pripade tlacenych Stitkov, ktoré st dIhsie ponorené v reagencii alebo st sicastou agresivneho
postupu, zvazte nasledujuce:
« Stitok nalepte na sklitko po spracovan.
» Pouzite sekundarny identifikator na povrchu sklicka
» Zamedzte alebo obmedzte ponorenie pasky tlaciarne a Stitkov BOND

» Pouzite ochranné prekrytie

@ PouZité atramentové valCeky budu obsahovat negativy tlaenych informécii. Ak informdcie obsahuiju
osobne identifikovatelné informécie, pouZité atramentové valéeky sa musia zlikvidovat v sdlade s

laboratornymi postupmi a/alebo miestnymi predpismi o ochrane osobnych udajov.

@ Udaje o odolnosti lepidla a atramentu st uréené v podmienkach zakaznickeho testovania. PouZivanie
pdsky tladiarne a Stitkov Systém BOND musi laboratérium overit podla jeho postupov a podmienok.
Externé odvoskovanie a ziskavanie epitopov

Odvoskovanie a ziskavanie epitopov, ak sa vykondva mimo systému BOND, je najlepsie vykonévat po oznacdeni
skliCok. Tym sa zabrani vysychaniu sklicok pri zadavani Udajov sklicok a nastavovani systému BOND na spustenie
pozadovaného protokolu (protokolov) a tieZ sa tym zabrani tazkostiam pri oznacovani mokrych skliok po vykonani
tychto krokov.

Ak na odvoskovanie mimo modulu spracovania pouzivate xylén, nedotykajte sa Stitka, aby sa tlac
nerozmazavala.
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@ Predi7ené namacanie alebo vystavenie derivatom benzénu, D-limonénom a alifatickym uhlovodikom,
acetonu, vode a reagencidm na baze vody moze znizit Gcinnost lepidla Stitka s identifikdtorom

sklicka a sposobit moznu stratu integrity tlace. Odportiéame, aby sa §titky dIihsi as neponérali.
Pozrite siinforméacie o konkrétnom produkte na webovej stranke LBS.

POZOR: Na odvoskovanie na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX pouzivajte iba roztok na
odvoskovanie BOND.

Na odvoskovanie na moduloch spracovania BOND-PRIME pouzivajte iba BOND-PRIME Dewax
Solution.

NepouZivajte xylén, ndhradky xylénu a iné reagencie, ktoré mézu degradovat ¢asti modulov
spracovania a sposobit Unik tekutiny.

6.6.2  Identifikatory skliCok a identifikatory Stitkov

Systém BOND poskytuje jedine¢ny identifikator sklicka zakazdym, ked je vytvorené nové skli¢ko. Systém BOND tiez
vytvara jedinecny identifikdtor Stitka zakazdym, ked je vytlaceny Stitok skliGka. Identifikator Stitku je 2D Ciarovy kod.

@ Pre sklicka systému LIS méZe byt identifikdtor definovany systémom LIS a moze to byt akdkolvek
¢iselnd hodnota (s 8 alebo menej &islicami).

|dentifikacia sklicka

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Ked su $titky umiestnené na sklickach, systém moze identifikovat sklicka v kazdej pozicii v zostavéach na farbenie
sklicok (precitajte si ¢ast 5.1.5.1 Automaticka identifikécia sklicok).

Sklicka bez identifikatora alebo s nerozpoznanymi identifikatormi musia byt v systéme manudlne identifikované
(pre¢itajte si Gast 5.1.5.2 Manudlna identifikacia sklicok v systéme) alebo je potrebné vytlagit Stitok a nalepit ho na
sklicko, ktoré bude znova nasnimané.

Nakonfigurujte informdcie tak, aby sa zobrazovali na Stitkoch sklicok v klientovi spravy na obrazovke Label
configuration (Konfiguracia $titka) (pozrite si Gast 10.3 Labels (Stitky)).
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6./  Suhrnna sprava o nastaveni sklicok

V stihrne o nastaveni sklicok st uvedené v3etky sklicka (vo vSetkych pripadoch), ktoré su aktudlne nakonfigurované
na obrazovke Slide setup (Nastavenie skli¢ka). Sklicka st zoskupené podla pripadu s poskytnutymi tdajmi, ako su
znackovace a objem davkovania. V dolnej ¢asti spravy je zoznam vSetkych reagencii a systémov reagencii podlfa
potrieb skliCok v sprave spolu s poctom testov pre kazdé z nich. Pre kazdy modul spracovania BOND existuju
samostatné zoznamy.

‘ Na zobrazenie detailov v sprave musite mat zadany aspor jeden modul spracovania BOND-PRIME.

Sprava je cennou pomédckou pri priprave. Pomaha vam zaistit, aby sklitka vloZené do kazdého zésobnika boli
kompatibilné (pozrite si ¢ast 6.9 Kompatibilita sklicok) a obsahuje reagencie a systémy reagencii, ktoré je potrebné
vlozit.

Ak chcete vytvorit spravu o nastaveni sklicok, kliknite na tlagidlo Slide setup summary (Suhrn o nastaveni skli¢ok).

Pre kazdé sklicko sprava obsahuje nasledujuce informacie.

Slide ID (ID sklicka) Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedineény identifikator.
Marker (Znackovag) Znackovac (znackovace)

Staining protocol Protokol farbenia.
(Protokol farbenia)

Preparation (Priprava)  Protokol pripravy (ak existuje)

HIER (Teplom Protokol HIER (ak existuje)

indukované ziskavanie

epitopov)

Enzyme (Enzym) Protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

Dispense volume Objem reagencie, ktory sa ma davkovat (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy davkovania a pozicia
(Davkovaci objem) tkaniv na sklickach)

Tissue type (Typ Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej kontroly

tkaniva)

Pre sklitka so sekvenénym multiplexovym farbenim sa zobrazuju najviac dva riadky v stipcoch Marker (Znagkovat),
Protocols (Protokoly), Dispense volume (Objem dévkovania) a Tissue type (Typ tkaniva), zoskupenych podla polozky
Slide ID (Identifikator sklicka).

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informdcie o okne spravy a moznostiach tlace.
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6.8 Improvizovane sklicko a vytvorenie pripadu

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

V predvolenom nastaveni je systém BOND nakonfigurovany tak, Ze nové pripady a sklicka mézu byt vytvorené po
vloZeni podnosu na sklicka do modulu spracovania a nasnimani sklicok.

Prvé ¢ast uvedena nizSie uvadza pokyny na vytvorenie takéhoto improvizovaného pripadu a skli¢ka. Druhd ¢ast
popisuje nastavenia moznosti pre alternativne pracovné postupy.

» 6.8.1 Vytvorenie novych pripadov a/alebo sklicok po nasnimani

» 6.8.2 Moznosti identifikdcie sklicok v systéme

6.8.1  Vytvorenie novych pripadov a/alebo sklicok po
nasnimani

Postupujte podla nizSie uvedeného postupu a po vlozeni a zobrazeni skli¢ok pridajte informéacie o pripadoch a
sklickach (postup je podobny postupu asistovanej identifikacie opisanému v ¢asti 5.1.5.2 Manuélna identifikdcia
sklicok v systéme, ale teraz zahffa aj vytvaranie novych pripadov a sklicok).

1 Vlozte sklicka obvyklym sposobom do modulu spracovania.

Nie je potrebné vytvarat pripady alebo sklicka v softvéri BOND ani tladit Stitky, je mozné pouZit aj ruéne pisané
Stitky alebo Stitky tretich stran.

Systém nerozpozna sklicka, a preto zobrazi snimky Stitkov.

Obrdzok 6-7: Sklicko nie je automaticky identifikované

@ Ak sa snimky Stitkov konzistentne nezobrazuju pre konkrétny modul spracovania, moze byt
nakonfigurovany tak, aby nezachytaval snimky Stitkov sklicok. Kontaktujte oddelenie podpory

zakaznika a zariad'te, aby bolo toto nastavenie prekonfigurované pre dany modul spracovania.
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2 Ak chcete spustit dialdgové okno Slide identification (Identifikécia sklicka), vykonajte jeden z nasledujdcich
postupov:

a Dvakrat kliknite na snimku sklicka.

b Pravym tlacidlom mysi kliknite na snimku a z rozbalovacej ponuky vyberte moznost Select manually
(Vybrat manualne).

Zobrazi sa dialégové okno Slide identification (Identifikédcia sklicka) s dostupnymi tlagidlami New case (Novy
pripad) a New slide (Nové sklicko) (polozky 1a 2 na Obrazok 6-8).

Obrazok 6-8: Dialdgové okno identifikacie sklitka so zobrazenim stavu sklicka

Slde dentbcaion
Casa I Elidurs Sl way: 2
T I T i e 3
LS T - 453 Jzaaph Shuty Akas [ & —— WA s El
Fad g
AN ESHRe K Fasl [ ]
- s [7)
HABIEHE Adbr Jowwy [ Bom0m
ARG NS Horvins Faarall Aty Sk R El
Ere
(=] 2T Curha Hay sy iy 2 El
CEME-ZSMA A KenFaanel  Dive e e
CHIER- 2471 Troeus Lz Eng o
e
[ Latoe Py & m ._MJ El
CSOTM-FREPN A5 Saranss sk Kt =
QLS . IEF Al Sy o P B
CEIDE - E Hicnaim Marst Naiza -
(5306 - 7P e Sz Mg m
TN 35N R Zacoa Vianbal
CSI0 - 72340 Jacod Glmar Sy Paksar m

@ V niektorych laboratéridch moZzu byt deaktivované tlagidla New case (Novy pripad) alebo New
slide (Nové sklicko), pozrite si ¢ast 6.8.2 MozZnosti identifikécie sklicok v systéme.
Aktivne sklicko je zvyraznené na podnose na sklicka (polozka 3).

Dialégové okno obsahuje zvacSenu snimku $titku (polozka 4), ktord poméha pri identifikdcii sklicka. Ak chcete
vidiet eSte vacsSie zvacsenie Stitka, podrZte kurzor nad sklickom v pravej table.

Na [avej table s uvedené vsetky pripady s aktualnymi sklickami. V predvolenom nastaveni sa zobrazuju iba
pripady so sklickami, pre ktoré boli vytladené Stitky (mdZete to zmenit tak, aby zahfiiali pripady so sklikami,
pre ktoré neboli vytlacené Stitky, pozrite si Gast 6.8.2.2 Externé sStitky sklicok).
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

Stredna tabla zobrazuje sklicka nakonfigurované pre pripad vybraty v avej table, kde sklicka eSte neboli
priradené k Ziadnym sklickam zobrazenym na module spracovania. Opat plati, Ze v predvolenom nastaveni sa
zobrazuju iba skli¢ka, pre ktoré boli vytlaéené stitky, ale toto nastavenie mozete zmenit tak, aby sa zobrazili
vSetky sklitka nakonfigurované pre pripad.

@ Uistite sa, Ze ste vybrali spravnu snimku so Stitkom, pretoze v pripade nespravneho vyberu to
moze mat vplyv na vase sklicka.

3 Ak chcete vytvorit novy pripad, kliknite na polozku New case (Novy pripad) (poloZka 1).
Vytvorte novy pripad pre vybraté sklicko beznym spdsobom (preéitajte si ¢ast 6.3.3 Pridanie pripadu).

4 Po kliknuti na tlacidlo OK v dialdgovom okne Add case (Pridat pripad) vyberte novy pripad v zozname pripadov
v dialégovom okne Slide identification (Identifikacia sklicka).

5 Ak chcete vytvorit nové sklicko pre pripad, ktory ste prave vytvorili, kliknite na polozku New slide (Nové sklicko)
(poloZka 2).

Otvori sa dialégové okno Add slide (Pridat sklicko).

6V softvéri vytvorte beznym spdsobom nové sklicko pre fyzické sklicko vybraté v pravej ¢asti tably (precitajte si
Gast 6.5.2 Vytvorenie sklicka).

Po jeho pridani sa nové sklicko zobrazi v strednej table dialégového okna (t. j. zatial o novy pripad zostane
vybrany v lavom zozname pripadov).

7 Na zabezpecenie toho, Ze je stale vybrand sprdvna snimka $titku, kliknite na polozku Insert (VIoZit), aby
zodpovedal novému sklicku v strednej table.

Sklicko bude zo strednej tably odstranené a snimka Stitku bude v pravej table nahradena, aby sa zobrazili
systémove udaje pre sklicko tak, ako boli zadané pre nové sklicko, ktoré ste prave vytvorili.

Ak sklicka sparujete nesprévne, mozete tento krok vratit spat vyberom sklicka v pravej table a kliknutim na
poloZku Remove (Odstranit).

8 Sklicko sa teraz da spracovat obvyklym spésobom.

Zopakujte postup vytvarania novych pripadov a sklicok pre zostdvajuce sklicka v podnose na sklicka.
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

6.8.2  Moznosti identifikacie sklicok v systéme

Nastavenia v klientovi spravy mézu povolit alebo vynlitit rézne pracovné postupy identifikdcie skli¢ok jednotlivym
povolenim alebo zakdzanim moznosti v dialégovom okne Slide identification (Identifikacia sklicka).

6.8.2.1 Obmedzenie alebo zakazanie vytvorenia improvizovanych pripadov a

V predvolenom nastaveni umozuje systém BOND vloZit sklicka, ktoré neboli vytvorené v softvéri BOND (alebo
importované zo systému LIS), a vytvorit pripady a sklicka v softvéri po nasnimani skli¢ok pouzitim dialégového okna
Slide identification (Identifikdcia sklicok). Systém mozete volitelne nastavit tak, aby zakdzal vytvaranie novych
pripadov tymto spésobom (ale stale umozioval vytvéranie novych sklicok pre existujice pripady) alebo Uplne zakazal
vytvdranie sklicok (a pripadov) po nacitani sklicok. V zavislosti od vasho nastavenia moze byt vypnutd polozka New
case (Novy pripad) alebo obe polozky New case (Novy pripad) a New slide (Nové skli¢ko) v dialégovom okne Slide
identification (Identifikécia sklicok) (pozrite si Obrazok 6-8).

Obmedzte moznosti vytvorenia improvizovanych pripadov a sklicok v klientovi spravy na obrazovke Settings
(Nastavenia) (pozrite si ¢ast 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka).

6.8.2.2  Externé stitky sklicok

Systém BOND mozZete nastavit tak, aby pred spracovanim vyzadoval (alebo nevyZzadoval), aby boli vSetky sklicka
vytlacené systémom BOND. Pre sklicka LIS a sklicka, ktoré nie su LIS, existuju samostatné nastavenia.

Pre sklicka, ktoré nie su LIS, predvolené nastavenie vyzaduje tla¢ systémom BOND. To znamena, ze fyzické sklicka
bez Stitkov vytlacenych pomocou systému BOND sa automaticky nezhoduju so sklickami vytvorenymi pre tieto
sklicka v softvéri (aj ked su identifikatory rovnaké). Okrem toho nemdZete sklicka porovndvat manuéline pomocou
dialégového okna Slide identification (Identifikacia sklicka), pretoZe sa tu zobrazuju iba skli¢ka, ktoré boli vytlacené
pomocou systému BOND. V ddsledku toho laboratdria bez integracie systémov BOND a LIS, ktoré Stitky rucne
vypisuju alebo ich tlaGia na zariadeniach tretich stran, musia tito moznost vypnut. Tymto su vSetky sklicka vytvorené
v systéme k dispozicii na porovnavanie so sklickami viozenymi do modulu spracovania bez ohladu na to, Ci systém
BOND stitky vytlacil alebo nie.

Ak chcete umoznit spracovanie skli¢ok, pre ktoré Stitky nevytlacil systém BOND, zruste vyber poloZky Force printing
BOND (Vynutena tlac v systéme BOND) na obrazovke klienta spravy Settings (Nastavenia) (pozrite si ¢ast

10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka). (Nie je potrebné zrusit vyber polozky Force printing BOND (Vynitena tlac v
systéme BOND), len aby ste umoznili vytvaranie improvizovanych pripadov a skli¢ok — pozrite si ¢ast

6.8.2.1 Obmedzenie alebo zakézanie vytvorenia improvizovanych pripadov a skligok.)

nebudu k dispozicii na spracovanie, kym sa nevytlacia ich Stitky, aj ked skliCka vytvorené po zruseni

‘ Sklicka vytvorené pred zrusenim vyberu Force printing BOND (Vynutena tlac v systéme BOND)
vyberu tejto moznosti nebudu musiet mat Stitky vytlacené.
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Kapitola 6 Nastavenie skli¢ka (na riadiacom zariadeni BOND)

Pre sklicka LIS predvolené nastavenie nevyzaduje tla¢ systémom BOND. To znamena, ze sklicka so Stitkami
vytlaenymi v systéme LIS sa m6zu automaticky zhodovat so sklickami v softvéri BOND (importované zo systému
LIS). Alebo, ak nie je moZné vykonat automatickd zhodu (ak je napriklad rozmazany Stitok sklicka), méZete sklicka
manudlne porovnat pomocou dialégového okna Slide identification (Identifikdcia sklicka). Ak v§ak vas pracovny
postup obsahuje sklitka vytvorené v systéme LIS, ale chcete vyntit, aby boli Stitky vytlacené systémom BOND,
aktivujte moznost (vyberte polozku Force LIS printing in BOND (Vynutena tlac v systéme BOND) na obrazovke klienta
spravy LIS - pozrite si 6ast 10.2 LIS (Laboratérny informacny systém)).

6.9 Kompatibilita sklicok

‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Na to, aby sa kroky v kazdom cykle synchronizovali spdsobom, ktory zabezpeci optimalne vysledky pre vSetky sklicka
na podnose, su sklicka kontrolované na kompatibilitu softvérom BOND pocas vkladania podnosov na sklicka.
Nekompatibilné sklicka sa zobrazia na obrazovke System status (Stav systému). Pred spustenim cyklu musite
odstranit alebo vymenit nekompatibilné sklicka (pozrite si ¢ast 5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka).

Na to, aby boli bezné sklicka kompatibilné, musia:
 mat rovnaky objem ddvkovania,

« byt v8etky urcené na jednoduché farbenie alebo vietky na paralelné multiplexové farbenie alebo vSetky na
sekvencné multiplexové farbenie,

« mat rovnaké UPI, ak bol $pecidlne vybrany pocas procesu pridania sklicka;

« pouzivat rovnaky protokol pripravy,

« pouzivat rovnaky protokol farbenia a

« pouzivat kompatibilné protokoly predbeznej Upravy a/alebo protokoly denaturdcie a hybridizacie ISH.
Pravidla kompatibility protokolov su uvedené v Casti 6.9.1 Kompatibilita protokolov.

Spravy o nastaveni sklicok (6.7 Suhrnna sprava o nastaveni sklicok ) poskytuju niekolko pomocnych informacii, ktoré
vam pomoZu zaistit vioZenie kompatibilnych skli¢ok do kazdého podnosu.

6.9.1  Kompatibilita protokolov

Protokoly farbenia a pripravy maju prisne obmedzenia kompatibility, zatial ¢o pri protokoloch predbeznej Upravy
teplom a predpripravy enzymom a protokoloch hybridizacie a denaturdcie ISH existuje urcity priestor pre variabilitu.
Kompatibilita tychto protokolov zavisi od typu modulu spracovania (BOND-III alebo BOND-MAX), poétu a trvania
krokov protokolu a stavu modulov spracovania pocas tychto krokov. Protokoly st kompatibilné, ak su tieto faktory
rovnaké alebo sa ligia spdsobom, ktory je mozné prispdsobit bez ovplyvnenia kvality farbenia.

Pravidla kompatibility pre vSetky typy protokolov su uvedené nizSie.
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6.9.1.1 Protokol farbenia

Pri kazdom sklicku sa musi pouZit rovnaky protokol farbenia. Pri cykloch sekvenéného dvojitého farbenia sa musia
pouZit rovnaké dva protokoly farbenia v rovnakom poradi.

Sklicka pre imunohistochemicky rozbor a pre in situ hybridizdciu sa nedaju kombinovat v cykloch jednoduchého
farbenia, ale méZu sa kombinovat v cykloch sekvencéného multiplexového farbenia.

6.9.1.2 Protokoly pripravy
Pre protokoly dewax (odvoskovanie) a bake and dewax (zahrievanie a odvoskovanie)

 Rovnaky protokol sa musi pouzit pre vietky sklicka na podnose a

« Sklitka s protokolom pripravy nemoézu byt zmieSané so sklickami bez protokolu pripravy.

6.9.1.3 Protokoly predbeznej Upravy

Sklicka len so ziskavanim pomocou tepla, len so ziskavanim pomocou enzymov, ziskavanim pomocou tepla a
ziskavanim pomocou enzymov a bez ziskavania epitopov mézu byt vietky spustené spolocne. Sklicka, ktoré
nedostavaju st¢asnu predbeznd Upravu, su hydratované, zatial ¢o protokol bezi na ostatnych sklickach (teplom
indukované ziskavanie vzdy predchadza enzymom indukovanému ziskavaniu).

Podobne su kompatibilné vSetky kombindacie sklicok s ISH denaturaciou a hybridizaciou a bez nej.

Nasledujuce oddiely uvadzaju podmienky pre kompatibilitu protokolov predbeznej Upravy s protokolmi rovnakého typu
predbeznej Upravy.

Predbezna uprava teplom

1 Protokoly predbeznej Upravy teplom su kompatibilné, ak maju:
» rovnaky pocet krokov a
 rovnaké Casy inkubacie pre kazdy krok, s vynimkou krokov zahrievania.

Pri subeznych krokoch zahrievania sa pre vSetky sklicka pouzije najdlhSia doba nastavena pre dany
krok. Sklicka s kratSou nastavenou dobou trvania sa zahrievaju len po nakonfigurovanu dobu, po ktorej
sa vypne napajanie ohrievaca sklicok.

2 Protokoly vyuzivajdce roztoky na ziskavanie epitopov 1 a 2 sa v cykloch m6zu kombinovat.

3 Sklicka vyuzivajlce predbeznu Upravu teplom sa mozu prevédzkovat v podnosoch so sklickami, ktoré

nevyuzivaju predbeznu upravu teplom. Sklicka, ktore nie su oSetrené predbeznou Upravou, sa hydratuju
roztokom na ziskavanie epitopov pri teplote okolia, zatial Co sa spracuvaju ostatné sklicka.
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Predpriprava enzymu

1 Protokoly predpripravy enzymu su kompatibilné, ak maju:
« rovnaky pocet krokov a
 rovnaké Casy inkubacie pre kazdy krok.

2V jednom cykle je mozné aplikovat aZ 2 typy enzymov.

3 Sklicka vyuZivajuce predpripravu enzymom sa mozu prevadzkovat v podnosoch so sklickami, ktoré
nevyuzivaju predpripravu enzymom. Sklicka, ktoré nie su oSetrené predpripravou enzymom, sa hydratuju pri
teplote okolia, zatial Co sa spracuvaju ostatné sklicka.

6.9.1.4 Denaturacia ISH

Protokoly denaturécie st kompatibilné, ak maju rovnaké ¢asy inkubécie. Inkubacné teploty sa mézu lisit.

6.9.1.5 Hybridizacia ISH

Protokoly hybridizacie si kompatibilné, ak maju rovnaké ¢asy inkubdcie. Inkubaéné teploty sa mozu lisit.
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Protokoly (na riadiacom
zariadeni BOND)

V softvéri BOND predstavuju protokoly sériu krokov vykonanych na farbenie vzoriek tkaniva.

Vas systém BOND je doddvany so supravou preddefinovanych protokolov Leica Biosystems, ktoré nemozno
upravovat alebo odstranit. Preddefinované protokoly boli validované spoloénostou Leica Biosystems. Prispdsobené
protokoly v§ak mozno vytvorit skopirovanim a Upravou existujlcich preddefinovanych protokolov.

VYSTRAHA: Vsetky prispdsobené protokoly musia byt overené v stlade s miestnymi laboratornymi
postupmi a poziadavkami. MoZnost vytvorit a uloZit protokol neznamena, Ze je vhodny pre
zamyslanu ulohu.

Tato kapitola ma nasledujuce ¢asti:

e 7.1 Typy protokolov

» 7.2 Obrazovka nastavenia protokolu

7.3 Vytvorenie novych protokolov
o 7.4 Upravy pouzivatelskych protokolov

» 7.5 Spravy protokolu

7.6 Preddefinované protokoly
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7.1 Typy protokolov

V3etky protokoly v systéme BOND maju ,typ” podla konkrétnych funkcii, ktoré maju vykonavat. Napriklad protokoly
predbezného farbenia HIER su jednym typom, protokoly IHC so sekvencnym multiplexovym farbenim st iny typ.

« Typ protokolu nie je mozné zmenit.

« Ak chcete vytvorit novy protokol, musite skopirovat existujuci protokol typu, v ktorom ma byt novy protokol.
Kroky protokolu méZete potom podla potreby upravovat.

Typicky sa v kazdom spracovani uskutoCriuje mnozstvo protokolov roznych typov, aby sa pripravili sklicka, aplikovali
sa znacky a potom sa aplikoval chromogén. Tieto sekvencie a protokoly, ktoré pouzivaju, typicky vyZaduju modifikaciu
pre multiplexové farbenie.

e 7.1.1 Rezimy farbenia

e 7.1.2 Sekvencie protokolu

7.1.1  Rezimy farbenia

Systém BOND ma tri rezimy farbenia:
« Single (Jednoduché) - aplikdcia jedného znackovaca a chromogénu na jedno sklicko.

« Parallel Multiplex (Paralelné multiplexové) — aplikdcia dvoch réznych znackovacov a chromogénov na jedno
sklicko. ZnaCkovace sa zmieSaju dohromady do ,koktailu” a aplikuju sa podla protokolu jednoduchého
farbenia.

« Sequential multiplex (Sekvenéné multiplexové) - aplikdcia dvoch réznych znackovacov a chromogénov na

jedno sklicko. Znackovace sa nanasaju jeden po druhom v samostatnych protokoloch farbenia.

Kazdy protokol farbenia ma ,met6du farbenia“, ktora oznaduje jeho ulohu vzhladom na multiplexové alebo
jednoduché farbenie.

Jednoduché farbenie ma iba jednu metddu farbenia ,Single” (Jednoduché).
Paralelné multiplexové farbenie méa iba jednu metédu farbenia ,Parallel multiplex” (Paralelné multiplexové).

Preddefinované protokoly sekven¢ného multiplexového farbenia maji metddu farbenia ,Single” (Jednoduché), ktord
nie je mozné zmenit. Méte v8ak moZnost tieto preddefinované protokoly skopirovat a upravit spésob farbenia tak, aby
vyhovoval vasim poziadavkam.

Sekvencné multiplexové farbenie ma nasledujlice metddy farbenia:
« First (Prvé) - pouziva sa ako prvy protokol v sekvenénom multiplexovom farbenf
« Final (Koneéné) - pouZiva sa ako posledny protokol v sekvenénom multiplexovom farbenf

Napriklad, pouZivatelom vytvoreny protokol moze byt nakonfigurovany na pouZitie ako jednoduchy protokol, alebo
moze byt tieZ nakonfigurovany na pouzitie ako predbezny protokol a/alebo koneény protokol. Nezabudnite
skontrolovat cely protokol, aby ste sa ubezpeili, Ze vSetky kroky su vhodné pre vSetky metddy farbenia (napriklad
jednoduchy protokol md kontrastné farby, ¢o pre predbezné protokoly nie je potrebné).
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Typy protokolov a metddy farbenia su uvedené v nasledujucej tabulke:

Farbenie

Predbezné
farbenie

Farbenie IHC -
jednoduché farbenie

Farbenie IHC -
sekvencné multiplexové
farbenie

Farbenie IHC

Paralelné multiplexové
farbenie

Detekcia ISH -
jednoducha

Detekcia ISH -
sekvencné multiplexové
farbenie

Detekcia ISH

Paralelné multiplexové
farbenie

Preparation (Priprava)

Predbezna Uprava
teplom

Predpriprava enzymu
Denaturdcia ISH

Hybridizacia ISH

Jednoduché

Jednoduché

Predbezné

Konec¢né

Paralelné multiplexové

Jednoduché

Jednoduché

Predbezné

Koneéné

Paralelné multiplexové
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Protokol na detekciu jednej protilatky pre
jednoduché farbenie.

Protokol na detekciu jednej protilatky pre
jednoduché farbenie.

Protokol pre detekciu prvej protilatky v
sekvencnom multiplexovom farbeni

Protokol pre detekciu poslednej protilatky
v sekvencnom multiplexovom farbeni

Protokol na detekciu protilatok v koktaile v
paralelnom multiplexovom farbeni

Protokol na detekciu jednej sondy pre
jednoduché farbenie.

Protokol na detekciu jednej sondy pre
jednoduché farbenie.

Protokol pre detekciu prvej sondy v
sekvenénom multiplexovom farbeni

Protokol pre detekciu poslednej sondy v
sekven¢nom multiplexovom farbeni

Protokol na detekciu koktailovych sond v
paralelnom multiplexovom farbenf (v
sucasnosti v tejto kategdrii nie su Ziadne
protokoly)

Odvoskovanie alebo zahrievanie sklicka
(pre adhéziu tkaniva), potom odvoskovanie
tkaniva

Ziskavanie epitopov pomocou tepla

Ziskavanie epitopov pomocou enzymov
Denaturacné protokoly pre DNA ISH
Hybridizacné protokoly pre ISH
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7.1.2  Sekvencie protokolu

ZvycCajne je pre kazdé sklicko pouzita sekvencia protokolu rézneho typu. To zavisi od vyberu protokolov pripravy,
ziskavania epitopov, denaturécie, hybridizacie a farbenia podla vhodnosti pre tkanivo, znackovac a vSeobecné
laboratérne postupy. Tieto sekvencie je mozné nastavit pre kazdé sklicko jednotlivo pri vytvérani sklicka (pozrite si
¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka), avSak softvér BOND vam tieZ umoznuje nastavit predvolené protokoly na urychlenie
vytvorenia snimky, ked nie su potrebné Specialne protokoly:

« Standardny protokol pripravy (napr. *Dewax) je nastaveny pre cely systém BOND v klientovi spravy (pozrite si
¢ast 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka),

» predvolené hodnoty pre vSetky ostatné typy protokolov su stanovené pre kazdy znackovac, z obrazovky
Reagent Setup (Nastavenie reagencie) (pozrite si ¢ast 8.2.71 Pridanie alebo Uprava reagencie).

Nastavte vhodné predvolené protokoly tak, aby ste minimalizovali Cas potrebny na pripravu jednotlivych sklicok. V
pripade potreby mozete pri vytvarani sklicok zmenit protokoly pre jednotlivé skli¢ka.

Poradie, v ktorom sa spustaju protokoly v sekvencii, automaticky nastavuje softvér BOND a je toto poradie uvedené v
nasledujucej tabulke. Davkovanie a odstrariovanie sond nie je zahrnuté v Ziadnom protokole, k tomu tiez dochadza
automaticky.

Preparation (Priprava) Obidva  Volitelné odstranenie vosku v systéme v ramci
pripravy na chémiu.

y) HIER (Teplom indukované ziskavanie Obidva  Pre vacSinu sklitok sa pouziva bud protokol HIER,
epitopov) alebo EIER, niekedy v&ak oba alebo Ziadny.

(teplom indukované ziskavanie
epitopov)

3 EIER Obidva

(enzymom indukované ziskavanie
epitopov)

4 Aplikacia sondy ISH Nevybera siju pouzivatel, v tomto pripade systém
BOND automaticky obsahuje prislusny protokol.

5 Denaturécia ISH Denaturacny protokol pre sondy DNA.

Sondy DNA by mali vzdy pouzivat denaturdciu.

6 Hybridizacia ISH Pozadovany protokol hybridizacie pre ISH alebo
Ziadny.
7 Odstranenie sondy ISH Nevybera siju pouzivatel, v tomto pripade systém

BOND automaticky obsahuje prislusny protokol.
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Farbenie Obidva  Pozadovany protokol na aplikaciu chromogénu
a suvisiacich reagencii. V tomto protokole su
obsiahnuté primarne IHC.

Protokoly vybrané pre protokolové sekvencie mozu byt preddefinované alebo si moZete vytvorit vlastné protokoly a
vybrat ich (pozrite si Kapitola 7.3: Vytvorenie novych protokolov).

7.1.2.1  Protokoly a sekvencie protokolov pre sekvencné multiplexové farbenie

Sekvenéné multiplexové farbenie v podstate spusti dve sekvencie protokolu farbenia, jeden po druhom. MézZe ist o
akukolvek kombindciu protokolov IHC a/alebo protokolov ISH. Prvy znackovac zvycajne, ale nie vo vsetkych
pripadoch, pouziva systém BOND Polymer Refine Detection System s DAB chromogénom a druhy znackovac pouziva
systém BOND Polymer Refine Red Detection System s chromogénom Fast Red.

Niektoré protokoly v sekvencii aplikujice druhy znackova¢ mozu byt ¢asto vynechané alebo, ak su obsiahnuté, mali by
byt modifikované. Kroky v protokoloch farbenia pre prvy a druhy znackova¢ by sa mali tieZ typicky modifikovat
(protokoly nevyhnutne vyZaduja urciti modifikdciu, aby mali prislusni sadu metéd farbenia, pozrite si ¢ast

7.1.1 Rezimy farbenia). NiZ8ie uvddzame niektoré navrhy na modifikéciu protokolu a sekvencie protokolu pre
sekvencné multiplexové farbenie. Vo vsetkych pripadoch by ste mali vykonat vlastné testy na overenie vysledkov.

« Protokoly pripravy (napr. odvoskovanie) sa mézu spustat iba v sekvencii pre prvy znackovac. Softvér
neumoziiuje vyber protokolu pripravy pre protokol sekvencie druhého farbenia.

« Ziskavanie epitopu sa moZe vyzadovat iba raz pred aplikaciou prvého znackovaca. Ak je potrebné dalSie
ziskavanie epitopu pre druhy znackovac, moze postacovat kratSie trvanie alebo nizSia teplota.

» Ak sa vykondva multiplexové farbenie dvoma sondami, denaturacia sa ¢asto vyzaduje iba raz pred nanesenim
prvého znackovaca. Ak sa vyzaduje dalSia denaturacia pre druhy znaCkovac, zvycajne vyzaduje kratSie trvanie.

» V pripade protokolov farbenia sa vo vSeobecnosti dosahuju lepSie vysledky, ak sa segment kontrastného
farbenia (napr. hematoxylin) odstréni z konca prvého protokolu. Uchovd sa pre druhy protokol.
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/.2 QObrazovka nastavenia protokolu

Protocol setup

Ak chcete pracovat s protokolmi, kliknite na ikonu Protocol setup (Nastavenie protokolu) kSl na paneli funkci.

Obrazok 7-1: Obrazovka Protocol setup (Nastavenie protokolu)

D) Protocol setup
sl *IHC Protacol F IHC staining BOND Polymer DAB System for IHC Leica 812712020 v
-c . “IHC Protocol G IHC staining Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 8127/2020 v
m *IHC Protocol H IHC staining Bond Oracle IHC System protocol Leica 8/27/2020 4
, “IHC Protocol J IHC staining BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 8127/2020 v
sy
-c [ ] *IHC Pratocol K IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
S “IHC Protocol K - 50 Test IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
“ *IHC Protocol @ IHC staining BOND Polymer DAB System with altered Px on [HC Leica 8/27/2020 L4
‘I;- *FISH Protocol A ISH detection FISH System protocol - 30 Test Leica 8127/2020 v
-c “FISH Protocol C ISH detection FISH wash protocol Leica 8127/2020 L4
m *FISH Protocol D ISH detection FISH wash protocol (DS9636 and D39604) Leica 8127/2020 v
s “ISH Protocol A ISH detection BOND Polymer RNA ISH Protocol Leica 812712020 v
'c - *“ISH Protocol B ISH detection BOND Polymer DNA ISH Pratocol Leica 8/27/2020 4
TH_B3
ale
-
sle
oy Protocol group: Protocol type: Staining method Protocol origin: Preferred status:
) Staining B ~ B~ B ~ B e B

Obrazovka Protocol setup (Nastavenie protokolu) obsahuje tabulku, v ktorej su uvedené jednotlivé protokoly spolu s
niektorymi zékladnymi Gdajmi. Preddefinované protokoly maju uvedenu hviezdi¢ku (*) ako prvy znak v ndzve a
skrateny nazov.

Z tejto tabulky mozete vybrat protokol pre operdcie, ako je kopirovanie, Upravy a generovanie sprav. K tymto
operaciam sa dostanete cez tlacidla nad tabulkou alebo pravym tlacidlom mysi.

Filtre pod tabulkou umozZnuju nastavit typ protokolu, ktory sa ma zobrazit. M6Zete si vybrat medzi protokolmi farbenia
a predbezného farbenia a dalej ich upravovat tak, aby zobrazovali konkrétne typy protokolov (pozrite si ¢ast 7.1 Typy
protokolov). Okrem toho moZete filtrovat metddu farbenia, pévod protokolu a preferovany stav.
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Informadcie v zozname protokolov su popisané nizSie:

Protocol name  Uplny ndzov protokolu.
(Ndzov
protokolu)

Protocol type  Opisuje funkciu protokolu.
(Typ protokolu)

Opis Popisuje funkciu a aplikaciu protokolu.

Modified by 0znacCuje, kto protokol vytvoril alebo
(Upravil) naposledy upravil.

Mod. date Datum vytvorenia alebo poslednej Upravy
(Détum Upravy) protokolu.

Pref. Zobrazuje preferovany stav protokolu.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
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Preddefinované (Leica Biosystems) protokoly vzdy
zacinaju hviezdickou (*).

Pozrite si ¢ast 7.1 Typy protokolov.

Leica oznacuje preddefinovany protokol Leica
Biosystems.

ZaCiarknuté - toto je preferovany protokol, ktory je
k dispozicii na vyber v dialdgovom okne Add
Reagent (Pridat reagenciu) a Add slide (Pridat
sklicko).

Nie je zaCiarknuté - toto nie je preferovany protokol
anie je k dispozicii na vyber v dialdgovom okne Add
Reagent (Pridat reagenciu) a Add slide (Pridat
sklicko).
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/.21 Podrobnosti protokolu

Ak chcete otvorit protokol uvedeny v zozname na obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu) na zobrazenie
alebo upravenie, dvakrat nar kliknite (alebo ho oznacte a potom kliknite na poloZku Open (Otvorit)). Softvér zobrazi
dialégové okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) s podrobnostami protokolu.

Pre preddefinované protokoly spolo¢nosti Leica Biosystems je mozné upravovat iba preferované nastavenia, ale
ostatné nastavenia je mozné zmenit pre pouZivatelské protokoly.

Obrdzok 7-2: Dialdégové okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) pre pouzivatel'sky protokol

Edit protocol properties
Name IHC Protocel F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB System for IHC
Staining methad «  single Preliminary Final « Prefered
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
[t | ok |~ Rosgen | Sopplor | i | Tomparre | b |

1 *MARKER Leica Microsystems 28 15:00

4 *Post Primary Leica Microsystems v 800

7 “Peroxide Block Leica Microsystems v 3:00

10 *Polymer Leica Microsystems v 800

14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems ' 500

15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00

18 “BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems ' 400

Show wash steps. Insert segment | Duplicate | Delete segment

Dialégové okno zobrazi kartu pre kazdy typ modulu spracovania (BOND-MAX, BOND-IIl a BOND-PRIME). Ak nie su
uvedené do prevadzky ziadne moduly spracovania, zobrazia sa len BOND-MAX a BOND-III. Na zobrazenie karty musite
uviest aspon jeden modul spracovania BOND-PRIME do prevadzky.

K dispozicii je tieZ tlacidlo Import protocol (Importovat protokol), ktoré sa objavi pri vytvarani nového protokolu alebo
pri Uprave pouzivatel'ského protokolu. Pozrite si ¢ast 7.4.4 Viaceré typy modulov spracovania a verzie protokolov pre
viac informaci.

Vyberte polozku Show wash steps (Zobrazit kroky premyvania) pod tabulkou a zobrazite vSetky kroky protokolu
(vratane krokov premyvania). Zruste vyber, ak chcete skryt kroky premyvania.

V dialégovom okne Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) sa zobrazia nasledujuce informacie o
protokole.

Nazov Cely nazov protokolu.

Abbreviated name Skrateny nazov protokolu, pouzivany napriklad na Stitkoch sklicok.
(Skrateny nézov)

Opis Strucné vyhlasenie opisujuce protokol.
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Staining method (Pozrite nizSie)
(Metdda farbenia)

Protocol type (Typ Typ oznacCuje funkciu protokolu a urCuje pripustné kroky a reagencie.
protokolu)

Preferred detection Preferovany detek¢ny systém pre tento protokol.
system (Preferovany

L . Toto nastavenie sa nevztahuje na protokoly predbezného farbenia.
detekeny systém)

Tabulka pod informaciami o protokole v tomto dialégovom okne obsahuje zoznam jednotlivych krokov protokolu a
jeho vlastnosti (pozrite si Obrazok 7-2). Upravitelné kroky v pouZivatel'skych protokoloch su upravené v tejto tabulke
(pozrite si ¢ast 7.4 Upravy pouzivatel'skych protokolov).

V tabulke su uvedené nasledujuce podrobnosti:

Spaoa gy,

Step No. (Krok ¢.) Poradie, v ktorom sa vykonaju kroky protokolu.

Wash ZaCiarknuté, ak je dany krok krokom premyvania.
(Premyvanie)

Reagent Reagencia pouzita v danom kroku.
(Reagencia)

Supplier Dodévatel reagencie. Toto pole nie je moZné upravovat.
(Dodavatel)

Ambient (Okolitd ~ Zaciarknuté, ak je dany krok pri okolitej teplote.

teplota)

Temperature Zvolend teplota sklicka, ak je ind ako okolité teplota (iba protokoly predbezného farbenia).
(Teplota)

Inc. (min) Miniméalna doba, po ktoru zostane reagencia na sklicku.

Metdda farbenia

Protokoly farbenia obsahuju ¢ast ,metdda farbenia“. Protokoly jednoduchého a sekvenéného multiplexového farbenia
obsahuju nasledujuce moznosti:

« Single (Jednoduché) - protokol je uréeny pre jednoduché farbenia
« Preliminary (Predbezné) - prvy protokol sekvenéného multiplexového farbenia

« Final (Posledné) — posledny protokol sekvencného multiplexového farbenia

Protokoly paralelného multiplexového farbenia maju iba jednu moznost metédy farbenia: Parallel Multiplex (Paralelné
multiplexové).

Pozrite si ¢ast 7.1.1 Rezimy farbenia pre viac informdcii o metddach farbenia.
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Preferovany stav

V dialégovom okne Add Reagent (Pridat reagenciu) a Add slide (Pridat sklicko) st k dispozicii na vyber iba
preferované protokoly, preto by sa mali uprednostriovat protokoly, ktoré chcete pouzit. Na vykonanie tejto ¢innosti
zvolte zaciarkavacie policko Preferred (Preferované). Zruste vyber, ak nechcete nastavit ako preferované.

7.3 Vytvorenie novych protokolov

Nové protokoly mézete vytvorit kopirovanim existujiceho pouZivatela alebo protokolov Leica Biosystems. Ked
kopirujete protokol, typ protokolu zostava nezmeneny a neskor ho uz nie je mozné zmenit. Ak teda chcete vytvorit
novy protokol IHC, musite skopirovat existujdci protokol IHC. Pre protokol HIER skopirujte existujdci protokol HIER
atd.

Ak chcete skopirovat protokol, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu) a kliknite
na tlacidlo Copy (Kopirovat). Képia zvoleného protokolu sa teraz objavi v dialdgovom okne New protocol properties
(Vlastnosti nového protokolu) pripravena na dpravy.

Novy protokol bude vyzadovat jedinedny nazov a skréteny nazov, ktory musf spifiat véetky pravidla uvedené v Gasti
7.4.3 Pravidld protokolu. Okrem zmeny ndzvu protokolu a skrateného nazvu nemusite menit Ziadnu ind éast vdsho
nového protokolu. MéZete samozrejme zmenit fubovolny aspekt protokolu, ako je to opisané v asti 7.4 Upravy
pouzivatel'skych protokolov.

Po Uprave systému BOND-IIl alebo BOND-MAX kliknite na polozku Save (UloZit). Ak protokol vyhovuje pravidlam,
zobrazi sa vyzva na potvrdenie toho, Ze protokol vytvdrate na svoje vlastné riziko. Tato sprava pripomina, spolo¢nost
Leica Biosystems nemédZe predpovedat kvalitu vysledkov Ziadneho protokolu vytvoreného alebo upraveného
pouZivatelom. Po potvrdeni, Ze chcete pokracovat, sa zmeny protokolu uloZia.

Informécie o systéme BOND-PRIME néjdete v Gasti Specifické pravidla protokolu BOND-PRIME.

‘ Vsetky protokoly musi pred pouZitim overit vase laboratdrium.
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7.4 Upravy pouzivatelskych protokolov

PouZzivatel'ské protokoly moZete menit (ale nie protokoly spolocnosti Leica Biosystems) v dialégovom okne Edit
protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu). Ak chcete upravit protokol, oznaéte ho v zozname v okne Protocol
setup (Nastavenie protokolu) a kliknite na polozku Open (Otvorit) (alebo dvakréat kliknite na protokol). Pripadne
nakonfigurujte novy protokol skopirovanim existujuceho protokolu rovnakého typu a jeho dpravou (pozrite si éast
7.3 Vytvorenie novych protokolov).

V protokoloch farbenia je mozné pridat a odstranit kroky reagencii a nastavit nové reagencie a ¢asy inkubdcie. Je
mozné pridat alebo odstranit dalSie kroky premyvania.

V pripade protokolov *zahrievania a odvoskovania moZete zmenit iba ¢as a teplotu kroku zahrievania. Pre iné
protokoly predfarbenia (HIER (teplom indukované ziskavanie epitopov), enzym) je mozné pre niektoré kroky zmenit
teploty a ¢asy inkubdcie. Pozrite si ¢ast 7.4.3 Pravidld protokolu, kde je uvedeny zoznam povolenych Uprav.

KedZe po davkovani novej reagencie musia nasledovat kroky premyvania, vloZenie nového kroku reagencie do
protokolu farbenia automaticky prida ,segment” protokolu, ktory pozostava z kroku reagencie a nasledujdcich troch
krokov premyvania (BOND-IIl a BOND-MAX) alebo dvoch krokov premyvania (BOND-PRIME).

Ked upravujete protokol, zmenené alebo nové kroky, ktoré obsahuju vSetky poZzadované informdcie, maju na lavej
strane zeleny pruh. Kroky, ktoré vyzaduju dalSie informécie, maju ¢erveny pruh.

Pocas Uprav mbZete zobrazit vSetky kroky protokolu alebo skryt kroky premyvania pomocou tlagidla volby Show
wash steps (Zobrazit kroky premyvania) pod tabulkou.

Moznost vytvorit a ulozit protokol neznamena, Ze je vhodny pre zamysland dlohu. Zodpovednost za
testovanie a overenie vSetkych protokolov, ktoré vytvorite alebo upravite, preberate vy.

Této Cast obsahuje nasledujdce témy:

e 7.4.1 Upravy krokov protokolu

7.4.2 Pridanie a odstranenie krokov protokolu

7.4.3 Pravidla protokolu

7.4.4 Viacereé typy modulov spracovania a verzie protokolov

7.4.5 Odstranovanie protokolov

7.4.1  Upravy krokov protokolu

Postupujte podla pokynov nizSie a nakonfigurujte novy protokol v dialdégovom okne New protocol properties
(Vlastnosti nového protokolu) alebo upravte existujlci protokol v dialégovom okne Edit protocol properties (Upravit
vlastnosti protokolu). Pozrite si ¢ast 7.4.3 Pravidla protokolu, aby ste zabezpegili vytvorenie platného protokolu.

Pri kazdom uloZeni protokolu sa képia uloZi do systému. Pri vytvarani spravy protokolu (pozrite si ¢ast 7.5 Spravy
protokolu) musite zvolit datum, kedy bol protokol aktivny. Na to, aby ste sa vyhli viacerym, redundantnym verziam
protokolov, protokoly ukladajte az po dokonceni konfiguracie.
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1 Pre nové protokoly zadajte nazov protokolu a skrateny nazov.
Volitelne zadajte popis protokolu.

Nastavte met6du farbenia v protokoloch farbenia (pozrite si ¢ast 7.1.1 Rezimy farbenia).

N w0

Nastavte stav protokolu Preferred (Preferované) (pozrite si ¢ast Preferovany stav).

5 Pre protokoly farbenia vyberte detekény systém na pouzitie s protokolom z rozbalovacieho zoznamu Preffered
detection system (Preferovany detekény systém).

6 Pridajte alebo odstranite kroky protokolu (pozrite si éast 7.4.2 Pridanie a odstranenie krokov protokolu), kym
nemate pozadovany pocet krokov pre protokol.

7 Lenv pripade systémov BOND-MAX a BOND-IIl zmerite upravitelné parametre v novych a existujucich krokoch
protokolu tak, Ze dvakrat kliknete na parameter, ktory chcete zmenit:

a V pripade systémov BOND-MAX a BOND-IIl v rozbalovacom zozname zvolte reagenciu.
bV pripade systému BOND-PRIME si pozrite pravidla v Casti 7.4.2.1 Segmenty reagencii.

¢ Pozndmka: Vyberte polozku *MARKER (Znackovag) na oznacenie kroku, v ktorom sa primérna protilatka
pouziva v protokoloch IHC. Na premyvacie kroky sa méze pouzit premyvaci roztok *BOND Wash Solution
alebo deionizovana voda *Deionized Water.

d Nastavte ¢as inkubdcie v mindtach a sekunddch (mm:ss). Toto je minimélny ¢as, poéas ktorého sklicko
Caka pred nasledujucim krokom. Pozrite krok v Casti 7.4.3 Pravidla protokolu pre limity ¢asu inkubacie.

e Vo vsSeobecnosti:

« V pripade krokov aplikacie reagencie so systémami BOND-MAX a BOND-IIl spolo¢nost Leica
Biosystems neodporuca casy inkubdcie dihSie ako 30 minut. Ak je potrebné dihSie trvanie,
vytvorte duplicitné kroky na ddvkovanie tej istej reagencie (pozrite si ¢ast 7.4.2.2 Duplikované
kroky reagencif). Toto nastavenie sa nevztahuje na protokoly BOND-PRIME.

« v pripade krokov aplikdcie reagencie so systémami BOND-PRIME spolo¢nost Leica Biosystems
neodporuca Casy inkubacie dlihSie ako 20 minut pre kroky predpripravy so zahrievanim. Minimalne
Gasy inkubdcie najdete v ¢asti Specifické pravidla protokolu BOND-PRIME.

f Vo vSeobecnosti plati, Ze v pripade krokov aplikécie reagencie spolo¢nost Leica Biosystems neodportcéa
¢asy inkubacie dlhsSie ako 30 minut. Ak je potrebné dlhsie trvanie, vytvorte duplicitné kroky na davkovanie
tej istej reagencie (pozrite si ¢ast 7.4.2.2 Duplikované kroky reagencii).

g Vo vSeobecnosti plati, ze v pripade krokov aplikdcie reagencie spolo¢nost Leica Biosystems neodportca
Casy inkubdcie dlhsie ako 30 minut.
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h Nastavte teplotu (pre niektoré kroky v protokoloch predbezného farbenia):

Ak chcete nastavit teplotu, ktord nie je okolitd, najskor zruste zadiarknutie parametra Ambient (Okolitd
teplota). Potom vyberte prazdny parameter Temeperature (Teplota) a zadajte teplotu v stupfioch Celzia
ako celé Cislo.

Ak chcete zmenit teplotu na okolitu teplotu, vyberte a potom zaciarknite parameter Ambient (Okolita
teplota).

Pozrite si krok v Casti 7.4.3 Pravidla protokolu pre pripustné teplotné rozsahy.

i Kliknutim na akykolvek dalSi krok potvrdite zmenené parametre.

7.4.2  Pridanie a odstranenie krokov protokolu

Kroky moZete pridat a odstrénit v pouZivatelskych protokoloch IHC a ISH, ale nie v protokoloch predbezného farbenia.
Kroky pridate alebo odstranite pomocou tlacidiel pod tabulkou krokov protokolu. Tlacidla sa prispdsobuju aktualnemu
kontextu a ich dostupnost a funkcie sa li§ia v zavislosti od zvoleného kroku.

Podrobné pokyny ndjdete v nasledujucich castiach:
e 7.4.2.1 Segmenty reagencii
e 7.4.2.2 Duplikované kroky reagencii
e 7.4.2.3 Kroky premyvania

7.4.2.1  Segmenty reagencii

Pridanie nového segmentu reagencie (krok reagencie a tri povinné kroky premyvania (BOND-IIl a BOND-MAX) alebo
dva povinné kroky premyvania (BOND-PRIME)):

1 Vyberte reagenciu a kliknite na polozku Insert segment (VIoZit segment). Novy segment sa vloZi nad tdto
reagenciu.

‘ Ak vyberiete poslednu reagenciu, méZete zvolit vioZenie nového segmentu pod reagenciu.
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Name: IHC Protocol H - 1

Abbreviated name: IHC H1

Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining method ¥ Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-IIl

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System

“Peroxide Block Leica Microsystems

2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems.
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems
4 “Bond Wash Solution Leica Microsystems
5 *MARKER Leica Microsystems
6 “Bond Wash Solution Leica Microsystems
7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems
8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems

| Show wash steps

Save

New protocol properties

1 v =

| Prefered

Import protocol Protocol type: IHC staining

<

5:00

L S S N S N SN

Insert segment || Duplicate | Delete segment

V zozname sa objavi novy segment (s krokmi reagencie a premyvania). Kroky premyvania maju zelené pruhy,
ktoré oznaCuju zmenu oproti ulozenému protokolu. Krok reagencie ma Cerveny pruh, ktory oznacuje, ze pre

krok musite vybrat reagenciu.

Name: IHC Protocol H - 1

Abbreviated name: IHC H1

Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining method v| Single Prefiminary Final
BOND-MAX BOND-II

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System

New protocol properties

3 v |

+  Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

<

“Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 5 “MARKER Leica Microsystems v 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
9 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
10 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
11 - *Rond Wash Solution Leica Microsvstems - 0:00

/| Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete segment

Cancel

2 Kliknite na prazdny parameter Reagent (Reagencia) a vyberte poZadovanu reagenciu z rozbalovacieho

Z0znamu.

Podla potreby upravte dalSie parametre novej reagencie a kroky premyvania.
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3 Kiliknite na polozku Save (Ulozit).

Zobrazi sa dialogové okno s potvrdenim.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

4 Kliknite na moznost Yes (Ano).

Ak chcete odstranit segment, vyberte reagenciu a kliknite na polozku Delete segment (Odstranit segment). Ak chcete
odstranit segment s duplikovanou reagenciou, najskér odstrarite duplikaciu.
Pre najlepSie vysledky farbenia v systéme BOND-PRIME:

o NEVYMAZAVAJTE chromogénovy segment

o NEPREMENUJTE segment reagencie

o NESEKVENUJTE peroxidovy blok za polymeérom.
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7.4.2.2  Duplikovaneé kroky reagencii

Duplikovany krok je taky, v ktorom dve alebo viac identickych reagencii nasleduju po sebe bez toho, aby medzi nimi

boli premyvacie kroky.

1V zozname krokov vyberte krok reagencie, ktory chcete duplikovat.

Kliknite na polozku Duplicate (Duplikovat).

Edit protocol properties

Name IHC Protocol H- 2

Abbreviated name: IHC H2

Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method +  Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-III
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System -

a anaanr [ Y C—— -

+ Show wash steps

Cancel

1

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystemns v 0:00
3 vy *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 10:00
6 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 g *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
& g *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

| Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

&3

an-nn d

Insert segment || Duplicate | | Delete segment
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2 Nad aktualny krok sa prida novy krok s rovnakymi parametrami ako v aktualnom kroku.

Novy krok ma zeleny pruh, ktory oznacuje zmenu oproti ulozenému protokolu.

Name: IHC Protocol H - 2

Abbreviated name: IHC H2

Description: Bond Oracle IHC System protocol

Staining method +| Single Preliminary Final «  Preferred
BOND-MAX BOND-III Import protocol Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System n @

1

Edit protocol properties

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
| I 5 *MARKER Leica Microsystems s 10:00
] *MARKER Leica Microsystems o 10:00
T v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
n - Lo TR TSR A I atoe Ml nneenb - n-nn M
+ | Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete duplicate

3 Akje to potrebné, upravte cas inkubdcie pre novy krok.

|

Ak zmenite typ reagencie duplikovaného kroku, zmenia sa aj vSetky dalSie kroky reagencie v
sekvencii, pretoZe duplikované kroky musia pouzivat rovnaku reagenciu.
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4 Kliknite na polozku Save (Ulozit).

Zobrazi sa okno s potvrdenim.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

5 Kliknite na moznost Yes (Ano).

Ak chcete duplikovany krok odstranit, vyberte ho a kliknite na tlacidlo Delete duplicate (Odstranit duplikéciu).

7.4.2.3  Kroky premyvania

Pridanie krokov premyvania moze zmenit viastnosti fluidik na sklickach a viest k zlému farbeniu. Pred diagnostickym
pouzitim vzdy overte nové alebo upravené protokoly.

Odporuca sa, aby sa pred krokom s chromogénom alebo hematoxylinom a po nom nachadzal krok premyvania
deionizovanou vodou.

pod éastou so zoznamom krokov.

‘ Ak nevidite kroky premyvania, zvolte tlagidlo volby Show wash steps (Zobrazit kroky premyvania)
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Vlozenie dalSieho kroku premyvania:

1 Zo zoznamu krokov vyberte existujdci krok premyvania (protokoly ISH a IHC).

2 Kliknite na polozku Insert wash (VloZit premyvanie).

+  Show wash steps

Name IHC Protocol H - 2
Abbreviated name: IHC H2
Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method +| Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-IlI
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System -

Edit protocol properties

I R T N e I
3 1

4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems s 10-:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 10-:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems 3 0:00
9 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
10 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
1 o *Rand Wash Salition Leica Microsvstems o 0:00

Cancel

| Preferred

Import protocol Protocol type: |HC staining

9

Insert wash | |

Pre protokoly ISH aj IHC sa na konci aktualnej premyvacej sekvencie prida novy krok premyvania.

Novy krok premyvania ma zeleny pruh, ktory oznacuje zmenu oproti ulozenému protokolu.

Name IHC Protocol H - 2
Abbraviated name: IHC H2
Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining method v Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-Il
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System -

Edit protocol properties

+ | Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

9

+  Show wash steps

Save

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems. v 10:00
6 *MARKER Leica Microsystems: v 10:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
9 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
| I 10 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: o 0:00
1 *MARKER Leica Microsystems v 30:00

Cancel

Insert wash | | Delete wash

3 Podla potreby upravte parametre kroku premyvania v zozname krokov.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

185



Kapitola 7 Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND)

4 Kliknite na polozku Save (Ulozit).

5V okne s potvrdenim kliknite na moznost Yes (Ano).

Ak chcete odstranit krok premyvania, vyberte ho a kliknite na polozku Delete wash (Odstranit premyvanie). Pre
protokoly ISH aj IHC méZete odstrdnit iba kroky premyvania, ktoré nasleduju po povinnych krokoch v sekvencii
premyvania.

New protocol properties
Name IHC Protocol H
Abbreviated name IHCH
Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining methed! + Single Preliminary Final ' Preferred
BOND-MAX BOND-III Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System - g
1 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems: v 30:00
6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 v *Bond Wash Selution Leica Microsystems. v 0:00
8 v *Bond Wash Selution Leica Microsystems. v 0:00
I 9 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
10 *Post Primary Leica Microsystems. v 10-:00
1 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 2:00
+  Show wash steps Insert wash | | | Delete wash

7.4.3  Pravidla protokolu

KaZzdy protokol, ktory vytvorite alebo upravite, musi byt pred uloZzenim v sulade s niektorymi zakladnymi pravidlami.
Upozornujeme, Ze tieto pravidla nezarucuju, Zze protokol poskytne pri pouziti prijatelné vysledky.

1 Nazov protokolu musi:
a byt jedinecny,
b zacinat znakom inym ako medzera alebo hviezdi¢ka.
2 Skréateny nazov protokolu musi:
a byt jedinecny,
b zacinat znakom inym ako medzera alebo hviezdicka,
¢ obsahovat maximalne 8 znakov.
3 VSetky protokoly IHC musia obsahovat najmenej jeden krok pre znackovac.

4 VSetky protokoly farbenia musia obsahovat aspon jednu reagenciu z detekéného systému Leica Biosystems.
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5 Po krokoch reagencie musia nasledovat bud tri kroky premyvania (najmenej) /pre systém BOND-IIl a
BOND-MAX alebo dva kroky premyvania (najmenej) pre systém BOND-PRIME) alebo rovnaka reagencia.

6 V pripade protokolov farbenia musia byt posledné tri kroky premyvacie.
7V pripade protokolov farbenia IHC musia mat vSetky kroky teplotu okolitého prostredia.

8 V pripade protokolov predbeZzného farbenia musia byt teploty v kroku zahrievania v rozmedzi podla
nasledujucej tabulky:

Krok protokolu Teplotny rozsah (°C)
Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania 35-72
Predpriprava zahrievanim (BOND-IIl a BOND-MAX) 35-100
Predpriprava zahrievanim (BOND-PRIME) 35-104
Predpriprava enzymu 35-100
Denaturécia 70-100
Hybridizacia 37-65

9 Inkubacné doby v krokoch, ktoré musia byt stanovené v minitach a sekundach (mm:ss), by mali byt v
rozmedzi podla nasledujucej tabulky. Rozmedzia nie su vynutitelné:

Krok protokolu Inkubaény rozsah (minuty)

Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania 0-60
Predpriprava zahrievanim (kroky v okolitej teplote) 0-15
Predpriprava zahrievanim (kroky so zahrievanim BOND-IIl a 5-60
BOND-MAX)

Predpriprava zahrievanim (kroky so zahrievanim BOND-PRIME) 2-120
Predpriprava enzymu (krok 1) 0
Predpriprava enzymu (kroky pre enzym) 0-15
Denaturdcia 5-20
Hybridizacia 20 -950
Protokoly farbenia, kroky pre reagencie 0-60
Protokoly farbenia, kroky premyvania 0-55

10 Kazdy krok musi byt Uplne definovany reagenciou, ¢asom inkubécie a (v pripade potreby) teplotou.
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11 Protokoly s jednoduchym a sekvenénym multiplexovym farbenim mé6zu mat iba jednu zmieSanu reagenciu
(napr. zmie$ané DAB) na protokol, pouZitd v protokole maximalne v dvoch krokoch. Postup sekvenéného
multiplexového farbenia méZe mat dve zmieSané reagencie, jednu v kazdom protokole, a aZ Styri aplikacné
kroky, dva v kazdom protokole.

Protokoly paralelného multiplexového farbenia mozu obsahovat dve zmieSané reagencie a kazda zmiesana
reagencia méze byt v protokole pouzitd aZ dvakrat.

12 VSetky zloZky potrebné na vytvorenie zmieSanej reagencie (reagencif) protokolu farbenia musia pochédzat z
preferovaného systému detekcie protokolu.

Specifické pravidla protokolu BOND-PRIME

Ziskavanie tepla

Krok v rdmci pouZivatelom upraveného protokolu BOND-PRIME HIER nemdZe prekrodit ¢as inkubécie 20 minut. Ak
chcete vytvorit dihsi protokol, pouZite existujlci protokol HIER, napr. *HIER 40 min s ER2, alebo upravte dIhsi protokol,
aby ste ho skrétili na pozadovany ¢as inkubdcie. Ak chcete napriklad vytvorit 25-mindtovy protokol ER2 HIER:

1 Skopirujte *HIER 30 min. s ER2.

New protocal properties

Name: [ *HIER 30 min with ER2 ]

Abbreviated name: [ *H2(30) ]

Description: 30 min Heat Refrieval using ER2

| Preferred

BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

g

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems o 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00

Show wash steps
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2 Upravte druhy krok zahrievania z 10 mindt na 5 mindt a potom kliknite na polozku Save (UloZit).

New protocol properties

Name: HIER 25 min with ER2
Abbreviated name: H2(25)
Description: | 25 min Heat Retrieval using ER2|
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems J 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20-00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
Show wash steps
=3

Farbenie

Kazdy krok reagencie ma minimalny Cas inkubdcie, pocas ktorého by bol protokol prijaty na module spracovania. V
nasledujucej tabulke je uvedeny minimalny ¢as inkubacie pre prijatelny protokol na BOND-PRIME.

Tabufka 7-1: Minimalny ¢as inkubdcie prijaty na systéme BOND-PRIME pre protokoly *IHC F a *IHC J

*Protokol IHC F *Protokol IHC J
Krok Minimalny cas Krok Minimalny cas
inkubacie (min.) inkubacie (min.)

Marker (Znackovag) 9:00 Marker (Znackovag) 9:00
Po primarnej 5:00 Po primarnej AP 11:00
Peroxidovy blok - Polymér AP 16:00
Polymeér 5.00 ZmieSané RED-PRIME 2:00
ZmieSané DAB-PRIME 2:00 Zmiesané RED-PRIME 2:00
ZmieSané DAB-PRIME 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin -
BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Ak nastavite krok protokolu BOND-PRIME na Cas kratsi, ako je Cas uvedeny vySSie, riadiace zariadenie BOND vém
umozni protokol ulozit. Ked sa vSak sklicko vlozi do zasuvky na predbezné vloZenie v module spracovania, zobrazi sa
nasledujuce chybové hldsenie:

,Unable to process slide. Invalid protocol definition. Remove the slide from the Preload Drawer then check the
protocol. If the problem persists, contact Customer Support (29012)" (Sklicko nie je moZné spracovat. Neplatna
definicia protokolu. Vyberte sklicko zo zasuvky na predbezné vlozenie a potom skontrolujte protokol. Ak problém
pretrvava, obratte sa na oddelenie zakaznickej podpory (29012)).

Ak sa sklitka momentélne spracuvaju v moduloch ARC, pred restartovanim modulu spracovania ich nechajte
dokon¢it.

7.4.4  Viacerée typy modulov spracovania a verzie
protokolov

Pre systémy BOND s modulmi spracovania BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME m6ze mat kazdy protokol
samostatné verzie pre tri typy modulov spracovania.

Protokoly Leica Biosystems boli testované a optimalizované na pouzitie v systémoch BOND. Tieto protokoly boli
dokladne testované a validované spolocnostou Leica Biosystems.

Rozne verzie ,rovnakého" protokolu zodpovedaju rozdielom v hardvéri, ako napriklad:

« rychlejsie chladenie na moduloch spracovania BOND-III (kroky protokolu, pri ktorych sa sklicka ochladia, su
zvycajne kratSie vo verziach protokolu BOND-III ako zodpovedajuce kroky vo verziach BOND-MAX)

« nové zékladna technoldgiu modulov aktivnej kontroly reagencii (ARC) v pripade systému BOND-PRIME.

Niektoré rozdiely vo verzii protokolu nie je mozné vidiet v zozname krokov zobrazenom v softvéri, napr. protokolové
verzie BOND-III obsahuju skryté pokyny pre roboty na nebalend tekutinu, ktoré su nepritomné na moduloch
spracovania BOND-MAX.

Vsetky systémy BOND maju verzie BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME vSetkych preddefinovanych protokolov.

Ak sa vSak do systému prida novy typ modulu spracovania, musite pre tento novy typ modulu spracovania vytvorit
novu verziu existujucich protokolov definovanych pouzivatelom. Urobte to importovanim preddefinovanych
protokolov Leica Biosystems a potom skopirujte alebo upravte kroky podla potreby (pozrite si ¢ast 7.4.4.7 Import
verzie protokolu).
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@ Ak v pripade systému BOND-PRIME vase laboratérium vyzaduje dalSiu Upravu preddefinovanych
protokolov Leica Biosystems (napr. *IHC F alebo *IHC J), musite:

» importovat/skopirovat preddefinovany protokol do aktudlneho protokolu laboratéria. Pozrite
si Gast 7.4.4.1 Import verzie protokolu.

» Dodrziavajte minimalne Casy inkubdcie uvedené v ¢asti Tabulka 7-1 Minimalny cas inkubacie
prijaty na systéme BOND-PRIME pre protokoly *IHC F a *IHC J.

» Postupujte podla postupnosti farbenia BOND-PRIME, pretoze bola optimalizovana na pouzitie
v systéme BOND-PRIME. Pozrite si ¢ast 7.1.2 Sekvencie protokolu.

7.4.41 Import verzie protokolu

Ak chcete vytvorit verziu protokolu pre novy typ modulu spracovania, postupujte podla pokynov nizsie. Tuto metddu
mozno tiez pouZit na prepisanie existujucich verzii protokolu, toto v8ak zvycajne nie je potrebné po pociatocnej
konfiguracii.

Protokoly je moZné preniest iba do rovnakych typov modulov spracovania, napriklad z BOND-IIl do BOND-IIl a z BOND-
PRIME do BOND-PRIME.

1V okne Protocol setup (Nastavenie protokolu) vyberte pouzivatel'sky protokol, pre ktory chcete vytvorit novi
verziu.

2 Kliknite na polozku Open (Otvorit).
Otvori sa dialégové okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu).

3 Kliknite na polozku Import protocol (Importovat protokol).

4 Otvori sa dialégové okno Import protocol (Import protokolu).

5 Vrozhalovacom zozname Processing modules (Moduly spracovania) vyberte novy typ modulu spracovania.

Imiport prododd

Processing modules | BURL-FRIM -
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Zoznam protokolov zobrazenych v dialégovom okne sa aktualizuje tak, aby zobrazoval iba protokoly s verziami
pre vybrany typ modulu spracovania.

6 Vyberte alebo zruste vyber Preferred (Preferované), aby sa zobrazovali iba preferované, pripadne vSetky
protokoly.

¥ Fraforred

ST

BOND Polymer DAB System for IHC v

“IHE Protoced J IHC siaining  DOND-PRIME Folymer AP Detsction...  BOND Polymer AP RED System for.

LY

“HE Pratocel @ IHCstining  BOND-PRIME Polymer DAB. BOND Polymer DAB Sysiem with..

7V zozname vyberte protokol na importovanie.

Osvedcené postupy pre protokoly:
» Ak je protokol pre systém BOND Polymer DAB pre imunohistochemicky rozbor, vyberte

*IHC F.

» Ak je protokol pre systém BOND Polymer AP Red pre imunohistochemicky rozbor,
vyberte *IHC J.

 Vyberte predvoleny protokol pre poZzadovanu detekcnu supravu

Na ulahcenie neskorsich konfiguracii vyberte protokol, ktory je ¢o najviac podobny protokolu, pre ktory
vytvarate novu verziu. Napriklad vyberte protokol, ktory pouziva rovnaky detekcny systém a ak je to mozné, ma
rovnaky pocet krokov.
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8 Kliknite na polozku Import (Importovat).

Dialégové okno Import protocol (Import protokolu) sa zatvori. Zalozka v dialégovom okne Edit protocol
properties (Upravenie vlastnosti protokolu) pre novy typ modulu spracovania je teraz doplnend importovanou
verziou protokolu.

Edil prolocol properties

1 BOND-PRIME Hemataxyin

‘ Aktualizuje sa iba zalozka pre vybrany typ modulu spracovania.

9 Upravte novi verziu protokolu podla potreby (pozrite si ¢ast 7.4.1 Upravy krokov protokolu). Medzi kartami
modulov spracovania mozete prechddzat kliknutim bez straty ddajov.

10 Kliknite na polozku Save (UloZit).
@ Pouzivatel je zodpovedny za overenie, Ci protokoly poskytuju rovnocenné farbenie pre oba
typy modulov spracovania.

7.4.5  Odstranovanie protokolov

Ak chcete odstranit protokol pouZivatela, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu)
a kliknite na tlacidlo Delete (Odstranit).

Preddefinované protokoly Leica Biosystems (za¢inajlce hviezdickou) nie je mozné odstranit. MoZete ich vSak skryt -
otvorte protokoly a zruste vyber Preferred (Preferované), potom nastavte filter Preferred status (Preferovany stav) na
obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu) na Preferred (Preferované).
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7.5  Spravy protokolu

Spravy protokolov zobrazuju podrobnosti o krokoch pre vybrané protokoly. Ak chcete vygenerovat spravu, vyberte

protokol zo zoznamu v okne Protocol setup (Nastavenie protokolu) a kliknite na polozku Report (Sprava). Ak mate v
systéme viac typov modulov spracovania vyberte typ modulu spracovania pre pozadovanu verziu protokolu. MoZete

si tiez zvolit datum, od ktorého sa méa sprava vygenerovat. Po dokonceni kliknite na poloZku Generate report
(Generovat spravu).

Spréva sa zobrazi v novom okne. V pravom hornom rohu spravy su uvedené informécie v nasledujlcej tabulke:

Pole Opis

Full name (Uplny nézov)  Cely nézov protokolu.

ID (Identifikator) Jedine¢né identifikacné Cislo protokolu.

Type (Typ) Typ protokolu (pozrite si ¢ast 7.1 Typy protokolov).

Created by (Vytvoril) Pouzivatelské meno osoby, ktord vytvorila zobrazenu verziu.

Creation time (Cas V pripade preddefinovanych protokolov datum a ¢as importovania protokolu v

vytvorenia) aktualizacii BOND definicie Udajov (BDD). V pripade protokolov definovanych
pouzivatelom datum a Cas vytvorenia.

Facility (Zariadenie) Nazov zariadenia, ako je uvedené na obrazovke klienta spravy Laboratory Settings
(Laboratérne nastavenia) (pozrite si ¢ast 10.5.1 Laboratorne nastavenia).

Staining status (Stav Ulohy, na ktoré je protokol vhodny, pokial ide o multiplexové alebo jednoduché farbenie

farbenia) (pozrite si ¢ast Metdda farbenia).

V texte spravy sa pre kazdy krok zobrazuju nasledujuce polozky:

reagencia a doddvatel,

typ kroku (reagencia alebo premyvanie),
Cas inkubécie,

Temperature (Teplota)

typ ddvkovania (opisuje poziciu krycieho sklicka Covertile a objem davkovania — méZe si vyzadovat vés
zéstupca servisu spolocnosti).

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informécie o okne sprévy a moznostiach tlace.
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7.6 Preddefinované protokoly

Nasledujlce ¢asti popisuju preddefinované protokoly, ktoré sa dodavaju ako st¢ast softvéru BOND.

Uvedené protokoly sa méZu zmenit, ak sa aktualizuju pred dal§im vydanim softvéru. Zoznam uvedeny nizSie je
aktualny v Gase uverejnenia. Upozorfiujeme tiez, Ze niektoré protokoly eSte nemusia byt k dispozicii na pouZzitie v
module spracovania BOND-PRIME.

e 7.6.1 Protokol farbenia
» 7.6.2 Protokoly predbezného farbenia

7.6.1 Protokol farbenia

Kazdy protokol farbenia je navrhnuty tak, aby pouzival konkrétny detekény systém BOND.

Podrobné informdcie o kazdom detekénom systéme najdete v sprievodnej dokumentécii ku kazdému produktu alebo
navstivte webovu stranku spolocnosti Leica Biosystems: www.leicabiosystems.com.

Tieto protokoly moZete pouzit ako zékladné stavebné kamene pre svoje vlastné protokoly podla vasich potrieb vdaka
funkcidm na Upravu protokolov (pozrite si ¢asti 7.3 Vytvorenie novych protokolov a 7.4 Upravy pouzivatelskych
protokolov).

Niektoré z nizSie uvedenych protokolov st uréené na poufZitie s detekénymi systémami, ktoré nemusia byt schvalené
regulacnymi organmi vo vasom regione. Tieto protokoly sa vo vasom softvéri nezobrazia.

7.6.1.1 [HC
Preferovany detekcny Poznamky k detek¢nému systému
systém
*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Detekcny systém s vysokou amplifikaciou bez biotinu
Detection optimalizovany na pouzitie v systéme BOND. Poskytuje ostru

definiciu cielovych antigénov s vysokou intenzitou farbenia.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER?2 Kompletny detekcny systém HER?2 pozostava z primarnejprotilatky
IHC System HER?2 a negativnej kontrolnej vzorky HER2 v spojeni s vysoko
citlivym detekénym systémom zalozenym na kompaktnom
polyméri Compact Polymer.

POZNAMKA:
Systém obsahuije sklitka s kontrolnymi vzorkami Specifické pre
Dostupnost podlieha profil HER2, ktoré umoziuju pine automatizovany, konzistentny
schvaleniu regulacnymi imunohistochemicky profil HER2 az po kontrastné farbenie.
orgdnmi.
*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  Na pouZitie in vitro, vysoko citlivy systém Compact Polymer, ktory
Red Detection zaistuje jasne ¢ervené imunofarbenie prostrednictvom alkalickej
fosfatazy, ako aj hematoxylinovu kontrastnu farbu (vratane
modrania).
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Preferovany detekcny Poznamky k detekénému systému
systém

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (100 test)

*|HC Protocol K= ChromoPlex™ 1 Dual
50 Test Detection (50 test)

*IHC Protocol Q Bond Polymer Refine
Detection

7.6.1.2 ISH

Na pouzitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazanych mysich a
kralicich IgG primarnych protilatok.

Je urCeny na farbenie sekcii tkaniva fixovaného vo formaline,
zaliateho v parafine v systéme BOND.

Na pouZitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazanych mysich a
kralicich IgG primarnych protilatok.

Je urceny na farbenie sekcif tkaniva fixovaného vo formaline,
zaliateho v parafine v systéme BOND.

Detekcny systém s vysokou amplifikdciou bez biotinu
optimalizovany na pouzitie v systéme BOND. Poskytuje ostry obraz
cielovych antigénov s protokolom farbenia s vysokou intenzitou
Specifickym pre antigény citlivé na peroxid.

Preferovany detekcny Poznamky k detekénému systému
systém

*FISH Protocol A Leica HER2 FISH
System — 30 Test

POZNAMKA:
Dostupnost podlieha
schvaleniu regulacnymi
organmi.

*ISH Protocol A BOND Polymer Refine
Detection

*ISH Protocol B BOND Polymer Refine
Detection

Systém LSI HER2/CEP17 FISH s kompletnou dualnou sondou
pozostavajuci z dualnej sondy RTU LSI HER2/CEP17 a
premyvacieho roztoku 2 po hybridizacii. Deteguje amplifikaciu génu
HER2 pomocou FISH vo FFPE vzorkach tkaniv rakoviny z ludského
prsnika. Na diagnostické pouzitie in vitro.

POZNAMKA: LS| a CEP st ochranné zndmky spolocnosti Abbott
Molecular Inc. VSetky prava vyhradené. Pouziva sa na zaklade
licencie.

Detekény systém s vysokou amplifikaciou bez biotinu
optimalizovany na pouzitie v systéme BOND. Deteguje RNA
pomocou anti-FITC linkera.

Detekeny systém s vysokou amplifikdciou bez biotinu
optimalizovany na pouzitie v systéme BOND. Deteguje DNA
pomocou anti-biotinového linkera.
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7.6.2  Protokoly predbezného farbenia

Typ protokolu Nazov protokolu Poznamky
Preparation *Dewax Protokoly pripravy pouzivaju roztok na odvoskovanie BOND
(Priprava) alebo BOND-PRIME Dewax Solution na odstranenie

parafinového vosku, ktory sa pouziva na zabudovanie
tkaniva a rehydratdciu vzorky.

*Zahrievanie a odvoskovanie  Pred odvoskovanim sa tkanivo zahreje, aby sa zlepsila jeho
adhézia na podlozné sklicko.

Pre dalSie podrobnosti si pozrite ¢ast 14.2.3 Odvoskovanie a

zahrievanie
Predbeznd uprava  *HIER s ER1 alebo ER2 Tepelne indukované ziskavanie epitopov vystavuje rezané
teplom tkanivo zahrievanému pufrovému roztoku, ktory pomaha

menit konformdciu $truktiry tkaniva a zlepSuje farbenie. K
dispozicii je mnozstvo preddefinovanych protokolov tepelnej
predpravy, ktoré sa Ii$ia dizkou a pouZitymi teplotam.

Predpriprava *Enzym 1 K dispozicii je osem protokolov predpripravy enzymom.
enzymu *Enzym 2 Tieto protokoly sa liSia pouzitym enzymom a casmi
*Enzym 3 inkubécie.
*Enzym 5
ISH *Denaturdcia (10 min) Existuje jeden (10-minutovy) preddefinovany protokol

-~ denaturéacie ISH.
Denaturacia
ISH *Hybridizacia ISH (2 h) Existuju dva preddefinované protokoly hybridizacie ISH (2

Hybridizacia *Hybridizacia ISH (12 h) hodiny a 12 hodin).
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Sprava reagenc

il (na riadiacom
zariadeni BOND)

Systém BOND uchovdva zaznamy o vSetkych balenych reagencidch pouzitych v systéme a sleduje kazdu nadobu na
reagencie a jej obsah. Umozniuje tiez nastavit panely skli¢ok so zadanymi znackovacémi, aby sa urychlilo vytvdranie
pripadov.

Tato kapitola ma nasledujuce Casti:
» 8.1 Prehlad spravy reagencii
» 8.2 Obrazovka nastavenia reagencie
» 8.3 Obrazovka zasob reagencii

» 8.4 Obrazovka panela reagencif
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8.1  Prehlad spravy reagencii

Spréva reagencii v systéme BOND zahfna nastavenie a udrzbu jednotlivych detailov reagencii, spravu zasob pre
vSetky balenia reagencif (s vynimkou nebalenych reagencii) a vytvdranie stprav znackovacov zndmych ako ,panely”
na pouzitie pri vytvarani sklicok.

Ak chcete otvorit obrazovky sprévy reagencif, na ktorych sa vykondvaju tieto operécie, kliknite na ikonu Reagent setup
Reagent setup (Nastavenie reagencie) na paneli funkcii. °,j

(Pozadovanu obrazovku otvorite kliknutim na karty v lavom hornom rohu obrazovky Setup (Nastavenie),
Inventory (Zasoby) alebo Panels(Panely)).

Obrézok 8-1: Obrazovka nastavenia reagencie

Reagent setup

Setup Inventory Panels

— e el e L swe  u ]

*CD10 (56C6) *CD10 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD30 (1G12) *CD30 Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CDS Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS6 (CDS64) *CDS6 Primary antibody  Leica Microsystems
*CO7 (LP15) "NEW* *co7. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Primary antibody  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primary antibody  Leica Microsystems
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin A (N1CLA) “Igh Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primary antibody  Leica Microsystems
*Immunoglobulin G (Polyclonal) "Ig6 Primary antibody  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primary antibody  Leica Microsystems

*Negative “Neg Primary antibody  Laboratory Specified

[ SR N N N N N N N N R N S SRR R N N NN

Package type: Reagent type: Supplier: Preferred status:

B3 | primaries - Leica Microsystems - Preferred n

Na obrazovke Reagent setup (Nastavenie reagencie) sa méze zobrazit kompletny zoznam vSetkych reagencif
znamych pre systém BOND. Zoznam neobsahuje Ziadne vopred balené systémy reagencii, napr. detekcné systémy
BOND, ale zobrazuje zékladné reagencie v systémoch. Obsahuje tiez zmieSané reagencie, ktoré sa mie$aju v module
spracovania z komponentov v detekénych systémoch. Tato obrazovka sa pouZiva na zobrazenie vlastnosti reagenci,
vytvorenie novych reagencii v systéme a nastavenie moznosti reagencii.

Na obrazovke Reagent inventory (Zésoby reagenci) sa zas zobrazuje zoznam systémov reagencif a jednotlivo
balenych reagencii. V zozname pre vSetky typy reagencii alebo systémov je uvedeny celkovy objem zasob spolu s
informdciami o jednotlivych baleniach.

.

Obrazovka Reagent panels (Panely reagencii) umoZriuje vytvaranie suprav znackovacov, ktoré sa zvycajne pouzivaju
pre konkrétne diagndzy. Pocas vytvarania sklicka v softvéri BOND sa vyberom panela vytvori sklicko pre kazdy
znackovac na paneli, ¢o vyrazne urychluje tento proces.
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8.1.1  VsSeobecné informacie

e 8.1.1.1 Kategorie reagencii

e 8.1.1.2 Pracovny tok reagencie

8.1.1.3 Identifikacia reagencie

8.1.1.4 Nahrada reagencie
8.1.1.5 Systém HER2 IHC BOND™ Oracle™

8.1.1.1 Kategorie reagencii
@ Systémy reagencii BOND su urcené len na pouzitie na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX.
Systémy reagencii BOND-PRIME su urcené len na pouzitie na moduloch spracovania BOND-PRIME.

Okrem nebalenych tekutin sa v systéme BOND mézu pouZivat Styri rézne typy balenia tekutin:

» Detekcné systémy BOND: vopred zabalené podnosy detekénych reagencii na pouzitie v spojeni so znackami
vybranymi pouzivatelmi poCas nastavovania sklicok

» Systém HER2 IHC Bond Oracle: vopred zabaleny podnos so znackovacom, pomocnymi a detekénymi
reagenciami. Systém obsahuje kontrolné sklicka.

« Cistiace systémy BOND pre moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX: vopred zabalené podnosy Gistiacich
roztokov na pouzitie pri Cisteni modulu spracovania (pozrite si 12.6.1 Cistenie nasavacej sondy). Podrobnosti
0 pouzivani Cistiacich systémov BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatelskej prirucke pre BOND-
PRIME.

« Nddoby na reagencie: jednotlivé naddoby na reagencie obsahujice znackovace (primarne alebo sondové) alebo
pomocné reagencie — v pripravenych alebo otvorenych nadobéch (pozrite si ¢ast 2.6.3 Systémy a nadoby na
reagencie)

Detekcné systémy BOND vratane systému HER2 IHC Bond Oracle a Cistiace systémy sa suhrnne oznacuju ako
,Systémy reagencii”.

,Znackovac" oznacuje primarnu protildtku v IHC alebo sondu v ISH (pozrite nizsie).
Reagencie sa delia na tieto ,typy reagencii*:

» Primadrne: znackovacia reagencia pouzivana v IHC

» Sonda: znackovacia reagencia pouzivana v ISH

» Pomocné reagencie: vSetky neznackovacie reagencie, ktoré sa pouzivaju na spracovanie tkaniva pred
zafarbenim alebo po zafarbeni znackovatom

» /mieSané: pomocné reagencie vytvorené pocas vykonavania protokolu zo zloziek v systéme reagencii alebo
z0 zloziek v jednotlivych nddobéch. ZmieSané reagencie nikdy nemozu byt v zésobach, musia vSak byt
k dispozicii v systéme na zahrnutie do krokov protokolu.

Zoznamy reagencif a systémov reagencii na obrazovkdch Reagent Setup (Nastavenie reagencie) a Reagent Inventory
(Zasoby reagencie) je mozné filtrovat podfa tychto klasifikaci.
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8.1.1.2 Pracovny tok reagencie
Predtym, ako bude moct systém BOND pouZit akukolvek reagenciu, musi ju rozpoznat v trojkrokovom procese:

1 Typ reagencie musi byt zahrnuty do zoznamu reagencii na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie reagencii) -
vSetky hotové reagencie Leica Biosystems a mnoho pomocnych reagencii Leica Biosystems (vratane reagencif
v detekénych a Cistiacich systémoch BOND) je vopred definovanych, ale dalSie reagencie musia do zoznamu
pridat pouzivatelia.

2 Po prijati novej zasoby sa jednotlivé nadoby na reagencie a systémy reagencii naskenuju do systému BOND
alebo ,zaregistruju”, aby ste ich mohli pridat do zasob.

3 Ked ste pripraveni na pouzitie reagencie alebo systému, vlozi sa do podnosu na reagencie, kde ju systém
BOND identifikuje a aktualizuje zasoby, ked sa reagencia pouzije.

Softvér BOND vedie zaznamy o obsahu kazdej jednotlivej nadoby a systému, ako aj o celkovych hodnotéch pre kazdy
typ reagencie. Pre reagencie Leica Biosystems mézZete nastavit limit na doobjednanie, ktory vas upozorni, ked su
zésoby nizke. Pozrite si ¢ast Udaje o reagencii alebo systéme reagencii v ¢asti 8.3.2 Udaje o reagencii alebo systéme
reagencil.

8.1.1.3 Identifikacia reagencie

Jednotlivé nadoby na reagencie maju na identifikaciu dve Ciarové kody. DIhSie Ciarové kody na prednych strandch
nadob sa pouZivaju na registraciu nadob a ich identifikaciu po registrécii (pozrite si ¢ast 8.3.3 Registracia reagencif
a systémov reagencif). Kratsie ¢iarové kddy na vrchnych stranéch nédob (pod vekom) kdduju jedinecné identifikatory
balenia (UPI), ktoré pouziva systém BOND na identifikaciu nadob, ked su vloZzené do modulov spracovania. PouZite
UPI na manudlnu identifikaciu vloZenej nadoby na reagencie, ktora nebola Uspesne naskenovana (pozrite si ¢ast

5.1.3.5 Oprava nezistenych reagenci).

Systémy reagencii BOND na pouzitie s modulmi spracovania iBOND-IIl a BOND-MAX st oznaCené dvomi Ciarovymi
koédmi na stranach podnosov. Na registraciu systémov a ich identifikdciu po registracii pouZite oba Giarové kady.

Systémy reagencii BOND-PRIME maju na bocnej strane podnosu jeden 2D Ciarovy kad, ktory sa pouziva na
identifikaciu systému reagencii po registracii.

Jednotlivé nadoby v systémoch reagencii maju na hornej a prednej strane Ciarové kody UPI. Softvér BOND ich pouziva
na identifikdciu systémov, ked st vloZzené do modulov spracovania. Ak automaticka identifikdcia zlyha, ked je systém
reagencii vioZzeny do systému BOND-MAX alebo BOND-III, tieto éisla UPI je moZné zadat na manuéinu identifikdciu
nadob. Toto nie je mozné vykonat v pripade modulu spracovania BOND-PRIME.

Informdcie o akejkolvek reagencii alebo systéme reagencii, ktoré boli zaregistrované, mézete kedykolvek zobrazit
opatovnym naskenovanim dlhého Giarového kédu na strane jednotlivych nadob alebo dvoch ¢iarovych kédov (alebo
jedného 2D ¢giarového kédu) na strandch systémov reagencif.

Ak sa balik nedd naskenovat, otvorte dialdgové okno Manual ID entry (Manuélne zadanie ID) kliknutim na ikonu Search

(Vyhladavanie) na paneli funkcii alebo tlacidlo Enter ID (Zadat ID) na obrazovke Reagent Inventory (Zasoby
reagencif).
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Uvedte Cisla priradené dlhym ¢iarovym kddom na prednej strane jednotlivych nadob/systémov reagencii alebo ¢isla
priradené 2D Giarovému kédu a potom kliknite na polozku Validate (Overit) (pre systémy reagencif kliknite na polozku
Validate (Overit) po zadani kazdého ¢iarového kodu).

8.1.1.4 Nahrada reagencie

BOND-PRIME

V systéme BOND-PRIME nie je ndhrada reagencie.

Ak systém BOND-PRIME sa zisti, ze ma nedostatocné mnozstvo reagencie, vykona jeden z nasledujucich krokov:
« o0znacdi prislusné sklicko (sklicka), ak uz zacal spracovavat sklicko v module ARC,

 odmietne sklicko, ak je sklicko stale v zasuvke na predbezné vlozenie.

BOND-IIl a BOND-MAX

Pred spustenim spracovania musi byt do modulu spracovania vloZeny dostatocny objem vSetkych poZzadovanych
reagencii. Niekedy v3ak reagencia, ktoré bola pévodne pritomnad, nemusi byt v ¢ase potreby k dispozicii. Dévodom
moze byt skutocnost, Ze operator odstranil podnos na reagencie alebo nddoba na reagencie mohla mat v skutoénosti
menej reagencie, ako bolo pdvodne stanovené. Ak k tomu dojde, systém BOND sa pokusi nahradit chybajdcu
reagenciu reagenciou rovnakého typu z inej nadoby. Pri nahradeni nedostupnej reagencie systém BOND pouziva
nasledujuce pravidla:

 Systém sa spociatku pokusa nahradit chybajlcu reagenciu reagenciou rovnakého typu z rovnakého systému
reagencii.

Ak bude uspesny, cyklus bude pokracovat bez oznamenia.

« Systém sa potom pokusi nahradit chybajlcu reagenciu alternativnym zdrojom s rovnakym typom a rovnakym
Cislom Sarze.
Ak bude tspesny, cyklus bude pokracovat bez ozndmenia.

« Systém sa potom pokusi nahradit chybajlcu reagenciu alternativnym zdrojom, ktory ma rovnaky typ
reagencie, ale akékol'vek ¢islo Sarze.

V pripade, Ze sa to Uspesne podari, cyklus bude pokracovat, ale ovplyvnené sklicka budu mat ozndmenie
0 udalosti.

» Ak substitucia reagencie nie je mozna, reagencia sa nahradi nebalenou reagenciou pre vSetky davkovania na
ovplyvnenych sklickach az do konca cyklu.

Cyklus bude pokracovat, ale ovplyvnené sklicka budd mat ozndmenie o udalosti.

« Ak st ovplyvnené vSetky sklicka a je potrebné ich nahradit nebalenou reagenciou, cyklus bude preruseny.
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8.1.1.5 Systém HER2 IHC BOND™ QOracle™

‘ Tieto moznosti nie su k dispozicii na pouzitie na moduloch spracovania BOND-PRIME.

Systém HER2 IHC BOND™ Oracle™ pozostava zo systémov reagencii a moze obsahovat kontrolné sklicka. Vyzaduju
sa tiez Standardné nebalené reagencie a pre niektoré systémy pomocné reagencie.

Vzdy dodrziavajte pokyny, ktoré sa dodavaju s produktom, a pamatajte na nasledujuce:

 kontrolné sklicka dodavané so systémom Bond™ Oracle™ HER2 IHC sa nazyvaju kontrolné sklicka Oracle a
liSia sa od internych sklicok kontrolnych vzoriek pouzivanych pri spusteni systému Oracle:

« Vlastné sklicka s kontrolnymi vzorkami sa v softvéri vytvaraju pomocou Standardnych nastaveni
Tissue type (Typ tkaniva) a Marker (Znackovac) v dialégovom okne Add slide (Pridanie skli¢ka), ale nie
moznosti Oracle control (Kontrola Oracle).

« Sklicka Oracle s kontrolnymi vzorkami sa musia nastavit pomocou moznosti Oracle control (Kontrola
Oracle) okrem prislusnej moznosti Tissue type (Typ tkaniva).

« Sklicka Oracle s kontrolnymi vzorkami je mozné pouzivat iba so Specifickym systémom, z ktorého pochadzaju.

« Stitky sklicok Oracle pouzivajd $pecidlne $abldny Stitkov Oracle definované na obrazovka Labels (Stitky)
klienta spravy (pozrite si ast 10.3 Labels (Stitky) ).
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8.2  Obrazovka nastavenia reagencie

Na obrazovke Reagent setup (Nastavenie reagencie) sa zobrazuje zoznam vSetkych reagencii, ktoré st zndme pre
softvér BOND, vratane reagencii v systémoch reagencii a reagencii mieSanych v module spracovania z komponentov
reagencii. VSetky hotové primdrne reagencie BOND su v zozname preddefinované (a nemozu byt odstréanené),
rovnako ako aj hotové sondy ISH BOND a mnozstvo beznych pomocnych reagencii Leica Biosystems.

Filtre pod tabulkou umoZnuju nastavit typ reagencie, ktora sa ma zobrazit. NeméZete filtrovat na zaklade typov
balenia, ale mozete filtrovat na zéklade typov reagencii (primame, sondy, pomocné reagencie, zmie$ané reagencie,
reagencie Oracle a paralelné primame a sondy s multiplexovym farbenim) a na zaklade doddvatela a preferovaného
stavu.

Tla¢idla nad tabulkou umozAuju: pridat nové reagencie do zoznamu; otvorit reagenciu, ktord je vybrané v tabulke, na
zobrazenie alebo Upravu jej detailov alebo odstranenie reagencie, ktord je zvolena v tabulke (mdZete odstrénit iba
reagencie, ktoré nie st od spolo¢nosti Leica Biosystems).

NemdZete zaregistrovat reagencie, ktoré tu nie su uvedené, ani reagencie definované pouzivatelom,
ktoré nemaju preferovany stav.

Tabulka obsahuje nasledujuce podrobnosti pre kazdu reagenciu:

Nazov Uplny ndzov reagencie.
Pociatocny znak ,*“ oznacuje preddefinovanu reagenciu Leica Biosystems.

Abb. name (Skrateny  Skrateny nézov reagencie, ktory sa pouZiva na §titkoch sklicok a na stavovej obrazovke.
nazov)

Type (Typ) Typ reagencie, napriklad primarna.
Supplier (Dodavatel) ~ Meno doddvatela reagencie.

Pref. Zaskrtnuté (preferované) znackovace st zahrnuté v zoznamoch konfigurdcii skli¢ok inde
v softvéri BOND.
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Upravitelné vlastnosti reagencie
Okrem nazvu a podrobnosti o dodavatelovi su editovatelné moznosti reagencif:

1 Pre znactkovace:

a protokoly vybrané v predvolenom nastaveni, ked sa znac¢kovac vyberie poéas vytvérania sklicka (pozrite
si Gast 6.5.2 Vytvorenie sklicka). Pre aplikacie s jednym znackovacom a pre predbezné a kone¢né
aplikacie pri multiplexovom farbenf je moZné nastavit odlisné protokoly;

b preferovany stav - v rozbalovacom zozname Marker (Znackovac) sa pocas vytvarania zobrazuju iba
preferované znackovace (pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka) a zoznam Available markers (Dostupné
znactkovace) v dialégovom okne Reagent panels properties (Vlastnosti panelov reagencii) pri vytvérani
panela (pozrite si ¢ast 8.4.1 Vytvorenie panela). Podla tejto vlastnosti je moZzné filtrovat aj zoznamy na
obrazovke reagencif;

c nebezpecny stav — znackovace oznacené ako nebezpecné sa vymyvaju do nebezpecného odpadu. Toto
nastavenie nie je mozné zmenit pre preddefinované reagencie.

2 Pre pomocné reagencie

a nebalené reagencie, ktoré su kompatibilné s reagenciou — systém BOND automaticky zabranuje kontaktu
nekompatibilnych pomocnych a objemovych reagencif;

b preferovany stav - na zéklade tejto vlastnosti je mozné filtrovat zoznamy reagencii;

c nebezpecny stav - reagencie oznacené ako nebezpecné sa vymyju do nebezpec¢ného odpadu. Toto
nastavenie nie je mozné zmenit pre preddefinované reagencie.

Pozrite si sekcie:

e 8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie

» 8.2.2 Odstranenie reagencie
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8.2.1

Pridanie alebo Uprava reagencie

Ak chcete do zoznamu pridat reagencie, kliknite na poloZku Add (Pridat) na obrazovke Reagent setup (Nastavenie
reagencie). Softvér BOND zobrazi dialégové okno Add reagent (Pridat reagenciu). Pozrite si ¢ast Obrazok 8-2 niZSie.

Obrazok 8-2: Dialdgoveé okno pridania reagencie

Add reagent

] The name must start with a letter or number

)

Staining method: Single/Sequential multiplex

Single Preliminary Final

Default staining protocol:
Default HIER protocol: -

Default enzyme protocol: ---

Compatible bulks:
*B\Wash

+  Preferred Hazardous

Name: [

Abbreviated name: [

Type: Primary antibody n
Supplier:
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Ak chcete zmenit Udaje o existujlcej reagencii, vyberte ju a kliknite na polozku Open (Otvorit) alebo dvakrat na fiu
kliknite. Otvori sa dialégové okno Edit reagent properties (Upravenie vlastnosti reagencie). Je rovnaké ako dialdgové
okno Add reagent (Pridanie reagencie) s idajmi o vybranej reagencii.

Na pridanie alebo Upravu reagencii postupujte podla nasledujucich pokynov:

1 Ak priddvate novu reagenciu, do pola Name (Nazov) zadajte popisny nézov.

Nové reagencie nemodzu zacinat znakom *, ktory je vyhradeny pre reagencie Leica Biosystems.

@ Pri vytvarani protokolov alebo sklicok budte opatrni, aby ste nepouzili nazov, ktory by mohol
sposobit zamenu tejto reagencie za ind.

2 Prinovych reagencidch zadajte do pola Abbreviated Name (Skrateny nazov) kratky nazov. Skratené nazvy su
obmedzené na osem znakov.

Tento nazov sa zobrazuje na ikonéch sklicok v okne Status (Stav) a je vytlaceny na Stitkoch sklicok.

3 Ak je systém BOND pripojeny k systému LIS, zadajte ndzov reagencie pouzitej v LIS do pola Public name
(Verejny nazov) (nevztahuje sa na pomocné reagencie).

4 Ak vytvarate novu reagenciu, vyberte typ reagencie z rozbalovacieho zoznamu Type (Typ). Dialégové okno sa
zmeni v zavislosti od typu, ktory vyberiete.

5 Zadajte ndzov dodavatela reagencie do pola Supplier (Dodavatel).

6 Ak je reagenciou znackovac (primarna protilatka alebo RNA alebo DNA sonda), vyberte predvolené protokoly,
ktoré sa maju pouZit v réznych typoch cyklu farbenia, ktoré pouzivaju znackovac.

7V poliStaining method (Metéda farbenia) vyberte moZnost Single/Sequential multiplex
(Jednoduché/sekvenéné multiplexové) na nastavenie predvolenych protokolov pre znackovacée v cykloch
jednoduchého farbenia, na karte Single (Jednoduché). Pre znackovace v cykloch sekvenéného multiplexového
farbenia nastavte predvolené protokoly pre prvi aplikaciu na karte Preliminary (Predbezné) a nastavte
predvoleny protokol pre poslednu aplikaciu na karte Final (Kone¢né).

8 Vyberte polozku Parallel multiplex (Paralelné multiplexové) na nastavenie predvolenych protokolov pre
znacCkovace v cykloch paralelného multiplexového farbenia.

@ Ak je reagenciou RNA alebo DNA sonda, na vSetkych vy$Sie uvedenych zalozkach sa objavia
dalSie protokoly (denaturécia a hybridizacia).

9 Pre preddefinované znackovace BOND stlaéte poloZku Restore factory default protocols (Obnovit predvolené
vyrobné protokoly), ak chcete protokoly vratit na predvolené hodnoty od vyroby, ktoré st odport¢ané pre dany
znackovac (na obnovenie predvolenych nastaveni od vyroby musite byt prihldseni pomocou tlohy pouZivatela
- dohliadajuci).
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10 Ak jereagencia pouzivatelom vytvorend pomocna reagencia, skontrolujte kompatibilitu roztoku nebaleného
materialu a v pripade potreby ju upravte.

Vacsina systémov predvolene zobrazi roztok BOND Wash Solution (*BWash) a deionizovanu vodu (*DI) v
zozname Compatible bulks (Kompatibilné nebalené materidly). To znamena, Ze jeden z tychto roztokov sa
pouzije v systéme fluidik na nasavanie a odsdvanie reagencie. Aj ked roztoky nebaleného materialu by nemali
prist do priameho styku s pomocnou reagenciou, v nasavacej sonde méze dojst k miernemu kontaktu. Ak sa
chcete tejto mozZnosti Uplne vyhn(t, vyberte roztok nebaleného materidlu, ktory by nemal prist do styku s
reagenciou, a kliknite na tlagidlo <<, aby ste ho presunuli do zoznamu Available bulks (Dostupné nebalené
materialy).

Musi byt nastaveny aspon jeden roztok nebaleného materidlu, ktory je kompatibilny.

POZOR: Ak sa povoli, aby sa vzajomne nekompatibilné roztoky dostali navzajom do styku,
mozu sa vyskytnut neuspokojivé vysledky farbenia a potencidlne poskodenie modulu
spracovania. Obratte sa na spolo¢nost Leica Biosystems, aby urdila, ¢i su roztoky
kompatibilné.

11 V pripade znackovacov kliknite na polozku Preferred (Preferované) na zobrazenie primarnej latky alebo sondy v
dialégovych oknach nastavenia sklicka.

V pripade pomocnych reagencii sa preferovany stav pouziva iba vo filtroch zoznamu v oknach Reagent Setup
(Nastavenie reagencie) a Inventory (Zasoby).

12 Ak chcete, aby sa reagencia preplachla do nadoby na nebezpecny odpad, kliknite na polozku Hazardous
(Nebezpecny).

13 Kliknite na polozku Save (UloZit) a do systému BOND pridate Udaje o reagencii.

Kliknite na polozku Cancel (Zrusit) kedykolvek pocas procesu, aby ste vysli bez vykonania akychkolvek zmien.

8.2.2  QOdstranenie reagencie

Ak chcete reagenciu odstranit, vyberte ju zo zoznamu na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie reagencie) a kliknite
na polozku Delete (Odstranit). Preddefinované reagencie Leica Biosystems (zac¢inajdce hviezdi¢kou) nie je mozné
odstranit.

@ Ked vymazete udaje o reagencii, odstranite tiez Udaje o zasobdch pre balenia tejto reagencie. Nie je
mozné obnovit odstranené Udaje o reagencii ani Udaje 0 zasobach.

Ak uZ nepotrebujete reagenciu, ktoru ste predtym pouzili, mdZete ju radsej oznacit ako nepreferovand, nez ju
odstranit. Tymto bude odstranena z vacsSiny obrazoviek softvéru, ale ponechd sa v systéme.
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8.3

Obrazovka zasob reagencii

Na obrazovke Reagent Inventory (Zasoby reagencii) je uvedeny zoznam vSetkych reagencii a systémov reagencif,
ktoré boli zaregistrované v systéme BOND (a neboli vymazané), a aktualny stav ich zésob. Pomocou obrazovky
mozete zobrazit a spravovat zdasoby.

Obrdzok 8-3: Obrazovka Reagent Inventory (Zasoby reagenci)
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Reagencie Leica Biosystems s mensim nez minimalnym objemom zasob su zvyraznené ¢ervenou zvislou ¢iarou na
lavej strane obrazovky.

Filtre pod tabulkou umoznuju nastavit typ reagencie alebo systému, ktory sa ma zobrazit.

Na detekciu BOND systémy Oracle a systémy Cistenia - vybrané vo filtri Package type (Typ balenia) - moZete filtrovat
len jednu poloZku Inventory status (Stav zdsob). To vam umozni zobrazit vSetky zaregistrované systémy, len tie, ktoré

su na sklade, alebo tie, ktoré su pod uroviiou doobjednania.

V pripade jednotlivych nddob na reagencie mozete tieZ filtrovat pomocou moznosti Supplier (Doddvatel), Preferred
status (Preferovany stav) a Reagent type (Typ reagencie) (t. j. zobrazit ,Primarne", ,Sondy", ,Primérne na paralelné
koktailové farbenie", ,Sondy na paralelné koktailové farbenie", ,Pomocné reagencie” alebo ,VSetky" reagencie).
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V zavislosti od typu reagencie sa moézu zobrazit niektoré alebo vSetky nasledujuce detaily.

Nazov Uplny ndzov reagencie.

Supplier (Dodavatel) ~ Meno doddvatela reagencie. Nezobrazuje sa pre systémy reagenci.

Type (Typ) Typ reagencie, napriklad primarna. Nezobrazuje sa pre systémy reagenci.
Catalog No. Kataldgové ¢islo reagencie, ktoré sa ma uviest pri doobjednani. Tento Udaj sa nezobrazuje
(Katalégové ¢.) pre systémy reagencif (stipec je pritomny, ale véetky hodnoty sd prazdne).
Objem (ml) Celkové mnozstvo dostupnej reagencie. Patria sem vSetky registrované baliky reagencii, Ci

uz su aktudlne vloZzené do modulu spracovania alebo nie (pozrite si ¢ast 8.3.1 Stanovenie
objemu reagencie).

Runs rem. V pripade systémov Oracle je to poCet zostavajucich cyklov v systéme.
(Zostdvajuce cykly)
Cleans remaining PocCet zostavajucich Cisteni v Cistiacich systémoch.

(Zostavajlce Cistenia)

Min. (ml) Len pre reagencie Leica Biosystems, je to objem zasob, pri ktorom sa zobrazi vyzva na
doobjednanie (pozrite si ¢ast 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby).

Min. (cykly) V pripade systémov Oracle je to poCet zostavajucich cyklov, pri ktorych sa zobrazi vyzva na
doobjednanie (pozrite si ¢ast 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby).

Min. (Gistenia) V pripade systémov Cistenia je to pocet zostavajucich Cistent, pri ktorych sa zobrazi vyzva
na doobjednanie (pozrite si ¢ast 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby).
Ovléadacie tlacidla nad tabulkou reagencii vam umoziuju spravovat zdsoby reagencif.

« Kliknutim na tlacidlo Details (Podrobnosti) zobrazite informécie o jednotlivych baleniach reagencii vybratého
typu reagencii a nastavite pre ne moznosti.

Pozrite si Gast 8.3.2 Udaje o reagencii alebo systéme reagencif pre viac informacif.

o Kliknutim na tlacidlo Enter ID (Zadat identifikator) pridate zoznam reagencii do systému v dialégovom okne
Manual ID entry (Manudlne zadanie identifikatora), ak ruény skener nedokéze automaticky rozpoznat
identifikator (len BOND-IIl a BOND-MAX).

DalSie informéacie si pozrite v Gasti 8.3.3 Registracia reagencif a systémov reagencil.

o Kliknutim na tlacidlo Details report (Podrobna sprava) vygenerujte spravy o reagenciach alebo systémoch
reagencil, ktoré st v suc¢asnosti uvedené v tabulke.

Pozrite si Gast 8.3.4 Sprava s Udajmi o zadsobach.

« Kliknutim na tlacidlo Reagent usage (PouZitie reagencie) vygenerujte spravy o pouziti reagencie v stanovenom
Casovom obdobi.

Pozrite si ¢ast 8.3.5 Sprdva o pouZziti reagencif.

Pozrite sitiez ¢ast 8.3.1 Stanovenie objemu reagencie, kde néjdete véeobecny opis toho, ako systém BOND sleduje
inventar reagencil.
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8.3.1  Stanovenie objemu reagencie

Systém BOND pouziva dve metddy na stanovenie objemu reagencie v nadobach na podnose na reagencie: vypocita
objem na zdklade pociato¢ného objemu a ndsledného pouzitia a meria ho priamo pomocou systému snimania hladiny
kvapaliny (LLS) pre BOND-III a BOND-MAX alebo ultrazvukového systému snimania hladiny kvapaliny (ULLS) pre
BOND-PRIME.

VypocCet objemu zavisi od povodného objemu reagencie, odcitania reagencie pri jej davkovani a priCitania pri
dopliiovani (otvorené nadoby). Ak dojde k strate reagencie odparenim alebo rozliatim, mozu sa vyskytnit
nezrovnalosti.

V pripade BOND-MAX a BOND-III systém LLS je integrovany do nasavacej sondy. Stanovuje objemy reagencie
zistenim vysky reagencie, ked sa nasavacia sonda ponori do nadob. V predvolenom nastaveni sa meranie objemu LLS
(Gasto oznacované ako testovanie namocenim) automaticky vykonava za roznych podmienok, napriklad ak sa nddoba
nemerala dlhSie ako 30 dni. Reagencia sa mohla odparit alebo nddoba sa mohla pouZit v inom systéme. Tieto
predvolené testovania namocéenim su napldnované v ¢ase, ked nebudu zdrZiavat spracovanie, takze je mozné, ze
reagencia, ktord sa pévodne povaZovala za dostupnu, nemusi neskér mat dostatocny objem pre planované cykly. Ak k
tomu dojde, aktivuje sa upozornenie a operator musi bud doplnit nddobu (iba otvorené nadoby) alebo zabezpecit, aby
bola k dispozicii vhodna alternativna reagencia (pozrite si éast 8.1.1.4 Néhrada reagencie).

V pripade BOND-PRIME je systém uLLS integrovany do sondy ARC. Ak dojde k nezrovnalosti, systém uLLS vykona
testovanie namocenim rovnakym sposobom, ako sa vykonava v pripade BOND-MAX a BOND-III.

Pripadne mozZete nastavit systém BOND na testovanie namoéenim nadob pred kaZzdym spracovanim. Toto je
nastavené nezavisle pre otvorené nadoby, nadoby pripravené na pouzitie a systémy reagencii. Toto nastavenie
zaistuje, Ze spustené cykly maju dostatok reagencie na dokoncenie, avSak pred|Zuje spracovanie kvéli vykondvaniu
testovani namocenim. Tieto mozZnosti nastavite na table klienta spravy Settings > Laboratory settings (Nastavenia >
Laboratdrne nastavenia) (pozrite si ¢ast 10.5.1 Laboratdrne nastavenia).

@ Nadoby na reagencie neprepliajte. Pri testovani namogenim sa preplnend nadoba na reagencie bude
hlasit ako prazdna.

8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekcné systémy

Aby objemy vykazované pre detekcné systémy BOND boli porovnatelné so systémami uvadzanymi pre jednotlivé
nadoby (umoZzrujlice odhad poctu sklicok, pre ktoré sa moZe pouzit detekény systém), objemy systému sa vykazuju v
mililitroch, pokial ide o jednu nadobu. KedZe vSak detekcné systémy pozostavaju z nadob s roznymi objemami, musi
sa uplatnit pravidlo vykazovania objemu opisané v tejto ¢asti.

Upozoriujeme, Ze toto pravidlo sa nevztahuje na systémy Oracle alebo Cistiace systémy, ktoré nahlasuju zostavajuci
pocet cyklov alebo Cisteni.

V pripade detekcnych systémov sa objem uddva relativne k najvacsej jednotlivej nadobe v systéme. Ak sa napriklad
do najvacsej nadoby zmesti 30 ml, objem systému sa uvadza v pomere k 30 ml. Softvér BOND predpoklada, ze vSetky
nadoby v novych systémoch su pIné, takzZe systém s najvacSou nadobou 30ml sa uvadza tak, ze ma objem 30ml po
prvej registracii.
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nie je rovnaky ako objem najvacsej nadoby v systéme, hodnota sa normalizuje na objem najvacsej nadoby. Napriklad
v systéme s niekolkymi nadobami po 30 ml a dvomi nadobami po 2.4 ml je mozné, ze jedna z ml nadob ma vzhladom
na pociato¢né objemy najmensi objem reagencie. Ak v nej zostava 1.2 ml (polovica pévodného objemu), potom sa
objem systému ako celku uvadza ako polovica z 30 ml (15 ml).

8.3.1.2 Nahlasovanie zostavajucich testov pre vyskumne systémy reagencii

Kazdy vyskumny systém reagencii mdZe spustit pevny pocet testov (napr. 200 testov, ak je predvoleny davkovaci
objem 150 pl).

Pri kazdom farbeni sklicka pomocou tohto vyskumného systému reagencii sa znizi pocet zostavajlcich testov.

Ked pocet zostdvajlcich testov dosiahne nulu, systém sa oznaci ako Empty (Prazdny).

8.3.2  Udaje o reagencii alebo systéme reagencii

Ak chcete zobrazit podrobnosti o jednotlivych baleniach reagencie alebo systému reagencii, dvakrét kliknite na typ
reagencie v tabulke z&sob reagencii alebo ho vyberte a kliknite na tlacidlo Details (Detaily).

Obrdzok 8-4: Dialégové okno Reagent inventory details (Podrobnosti o zasobdach reagencif)

Reagent imenkry delaibs

‘Happa Prabe
Packags namm  aooe Prode 33
Catalo W™ PROGEG  klinimam giackc 18 00

Show L Emply Ewpinesd

| L gl do | Feghiend | ned | Warked ameiy Ikl wi ind) [k )|

POETRENN F-hag-21 111 (3] 3]
POETRAD [iEerT] T Fat-1 Vg 1] (3] 3]
POETRIN 0 a1 Vi 1] BE 5 ED
POETREST a1 1E-fga- 1] (3] 3]
PEmET] L] W Fet-11 A1) R (1]

Dialdgové okno s podrobnostami o zdsobach zobrazuje kazdé jednotlivé balenie vybranej reagencie alebo systému.
Polia a moznosti dialogovych okien sa liSia v zavislosti od typu balenia reagencie a dodavatela. Pri predvolenom
nastaveni st zobrazené iba balenia s dostupnymi, neexspirovanymi reagenciami. MoZete tiez zobrazit prazdne
balenia (ktoré nedosiahli ddtum exspirdcie) alebo vetky balenia, ktoré exspirovali v poslednom mesiaci - v
dialégovom okne podla potreby vyberte moznost Available (Dostupné), Empty (Prazdne) alebo Expired (Exspirované).

PoloZka Package name (Ndzov balika) pre reagencie je zobrazena pre vSetky typy balenia reagencii. Okrem toho sa
pre reagencie BOND zobrazuje poloZka Catalog N° (Katalégové ¢) - na ucely doobjednania a - reagencie BOND (ale
nie systémy) tieZ maju pole Package name (Nazov balika), ktoré obsahuje velkost balenia.

Reagencie a systémy BOND maju aj pole Minimum stock (Minimalna zésoba), ktoré uvadza Uroven zésob, pri ktorej sa
zobrazi vyzva na doobjednanie reagencii (pozrite si ¢ast 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zésoby).
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Pomocou ruénej ¢itatky mozete naskenovat ¢iarové kody alebo 2D Ciarovy kéd na boku zaregistrovanej nadoby na
reagencie alebo systému reagencii a spustit dialégové okno s detailmi o zdsobach. Naskenovand polozka zdsob sa
zvyrazni v tabul'ke s podrobnostami a filtre Show (Zobrazit) (Available (Dostupné), Empty (Prazdne) alebo Expired
(Exspirovang)) sa automaticky nastavia podfa potreby.

Tabulka v dialdgovom okne obsahuje nasledujuce informéacie o kazdom baleni reagencit:

UPI (jedinegny Jedine¢ny identifikdtor balenia (pozrite si ¢ast 8.1.1.3 Identifikdcia reagencie).
identifikdtor balenia)

Lot No. (C. 3arze) Cislo $arze balenia.

Expiration date (Datum D&tum exspirdcie balenia. Balenia by sa po tomto datume nemali pouzivat.
exspiracie)

Registered Datum, kedy bolo balenie prvykrat zaregistrované v systéme BOND.

(Zaregistrovang)

First used (Prvé Datum, kedy bolo balenie prvykrat pouzité v systéme BOND.

pouZzitie)

Marked empty Datum, kedy bolo balenie oznagené ako prazdne. Této polozka mdze byt nastavena
(Oznacené ako automaticky pomocou softvéru alebo manuélne (pozrite si ¢ast 8.3.2.3 Oznacenie balenia
prazdne) ako prézdne alebo nie prazdne).

Pociatoény objem (ml) Objem reagencie, ktory bol v novom plnom baleni.

Nezobrazuje sa pre systémy reagencii.

Objem (ml) Aktudlny objem reagencie v nddobe. Pre detekéné systémy si pozrite ¢ast
8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekcné systemy.

Refill (mL) (Napln (ml)) V pripade otvorenych nadob je to zvySny objem reagencie, ktory sa moZe pouZit na
naplnenie nadoby.

Cleans remaining V pripade Gistiacich systémov je to pocet Gistent, ktoré je moZné vykonat so zvy$nou
(Zostavajlce Cistenia) reagenciou.

Runs remaining (Pocet V pripade systémov Oracle je to pocet Cistent, ktoré je mozné vykonat so zvy$nou
zostdvajlcich cyklov)  reagenciou.

Tlacidla v dialégovych oknéch s podrobnostami o zasobach umoziuju konfigurdciu rozsahu idajov o zésobach
(vhodné pre typ balenia) a vytvorenie spravy s idajmi pre konkrétnu reagenciu alebo systém. V nasledujicich ¢astiach
su opisané moznosti konfiguracie a sprav.

8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby

Preddefinované reagencie a systémy reagencii Leica Biosystems mézu mat nastavent minimalnu droven zédsob. Ak
celkova zasoba reagencie klesne pod nastavenu uroven, reagencia bude zvyraznena v okne Reagent Inventory
(Zasoby reagencie) nacerveno, aby tak vyzvala pouzivatela k zmene poradia reagencii alebo systému.

Ak chcete zmenit nastavenie minimalnej zdsoby, kliknite na polozku Set minimum stock level (Nastavit minimainu
Uroven zasob). V rozbalovacom dialégovom okne zadajte pozadovand minimalnu Uroven zasob do pola Minimum
stock (Miniméalne zasoby). V zavislosti od typu balenia pouzivajte mililitre, cykly alebo gistenia. Kliknite na tlacidlo OK.
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8.3.2.2 Sprava o reagencii

Kliknite na mozZnost Details report (Podrobna spréva) na vygenerovanie spravy iba pre vybrani reagenciu alebo
systém reagencii. Kliknite na moznost 8.3.4 Sprava s Udajmi o zasobach (Prehlad podrobnosti o inventéri) a pozrite si
dalSie udaje.

8.3.2.3 Oznacenie balenia ako prazdne alebo nie prazdne

Balenie reagencii moZete oznacit ako prazdne, napriklad ked sa vyradi pred dplnym pouzitim. Vyberte balenie v
tabulke a kliknite na polozku Mark as empty (Oznacit ako prazdne). Softvér vloZi aktudlny datum do pola Marked
empty (Oznacené ako prazdne).

Ak chcete obnovit balenie reagencie oznacené ako prazdne, oznacte ho v tabulke a kliknite na polozku Mark not
empty (Oznadit ako nie préazdne). Toto je mozné vykonat iba vtedy, ked balenie nie je nacitané do modulu
spracovania. Balenie uvadza objem reagencie, ktory malo pred tym, ako bolo oznacené ako prazdne.

Vyberte prepina¢ Empty (Prazdny) nad tabulkou, aby ste zobrazili polozky, ktoré st oznacené ako prézdne.

8.3.2.4 Doplfanie otvorenej nddoby na reagencie

Otvorené nadoby na reagencie BOND mozZete pouZit znova a davkovat az 40ml konkrétnej reagencie. Pocet naplneni
nadob nie je nijako obmedzeny, ak ich naplnite mensim mnozstvom, ako je objem podnosu.

Na naplnenie otvorenej nadoby pouZzite nasledujuce pokyny.

1 Naplnte nadobu poZzadovanym objemom reagencie.

2 Naskenujte naddobu (podla opisu v ¢asti 8.3.3 Registracia reagencif a systémov reagencif), potom kliknite na
tlacidlo Refill (Naplr).
Tlacidlo dopliiovania nebude k dispozicii, ak pridanie vacSieho mnozstva reagencie do nadoby prekroci limitnu
hodnotu 40 ml.

3 Nastavte datum exspirdcie pre novu reagenciu.

@ Upozorfiujeme, Ze ked sa otvorend nadoba naplini (bud prvykrét alebo doplnenie), softvér
predpoklada, Ze nddoba sa napIni na maximum, ktoré je k dispozicii pre dant nadobu, t. j. objem (ml)
Specifikovany pouzivatelom, ked sa reagencia po prvykrat zaregistruje, alebo aktualny objem plus

zvySok povoleného objemu doplriovania. Hldseny objem sa v pripade potreby opravi, ked sa
vykondva testovanie namocenim. K tomuto nemusi dojst, kym sa nadoba nepouZzije.

@ Kazda otvorend nadoba je pri prvej registracii pevne pripojena k urcitej reagencii. Kazda otvorena
nadoba musi pouZivat rovnaku reagenciu pri kazdom doplneni.
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8.3.3  Registracia reagencii a systéemov reagencii

Registrdcia balenia reagencii prida dané balenie do zasob. Reagencia musi byt pred registraciou balenia uvedend v
zozname Reagent Setup (Nastavenie reagencie).

Pred pouZitim v rdmci modulov spracovania BOND je potrebné zaregistrovat balenia reagencii.

Ak do modulu spracovania vloZite neregistrovanu nadobu na reagencie, softvér ju nerozpozna a zobrazi informacnu
ikonu v prislusnej polohe reagencie na obrazovke System status (Stav systému).

Informadcie o stave nadob na reagencie vliozenych do modulu spracovania BOND-PRIME najdete v samostatne;
pouzivatel'skej prirucke systému BOND-PRIME.

‘ ‘ Softvér BOND bude sledovat pouZitie reagencie a upozorni vas, ked bude potrebné reagenciu
vymenit.

Nepokusajte sa naplnit nddobu na hotové reagencie BOND, pretoZe softvér BOND rozpoznd, Ze ide o pouZzitd nadobu,
a odmietne ju pouzit.

Ak systém BOND nerozpozna nové balenie reagencie, ktoré naskenujete na zaregistrovanie, pravdepodobne nemate
nain$talovany najnovsi sibor BOND Data Definitions (BDD). Skontrolujte na webovych strankach najnovsi sibor BDD,
potom ho stiahnite a nainstalujte (prostrednictvom obrazovky BDD update (Aktualizacia BDD) klienta sprdvy), ak je
jeho ,verzia Udajov" vy$sia ako verzia uvedend v dialégovom okne About BOND (Informéacie o BOND). Po nainstalovani
najnovsieho suboru BDD restartujte klinického klienta a skiste znova zaregistrovat novy podnos na reagencie alebo
systém reagencii.

Metody registracie roznych typov baleni reagencii su opisané v nasledujucich ¢astiach:
» 8.3.3.1 Registrdcia systémov reagencii
» 8.3.3.2 Registracia hotovych reagencii BOND
e 8.3.3.3 Registracia reagencii, ktoré nie su hotové

e 8.3.3.4 Manualne zadanie identifikatora

8.3.3.1 Registracia systemov reagencii

Detekcny alebo Cistiaci systém BOND zaregistrujte naskenovanim dvoch Ciarovych kodov na boku podnosu na
reagencie.

Niektoré systémy reagencii maju na podnose na reagencie iba jeden Ciarovy kod, napriklad systémy s
iba jednou alebo dvomi nadobami.

Systémy reagencii BOND-PRIME maju na bo¢nej strane podnosu jeden 2D Ciarovy kad.
Softvér zobrazi dialégové okno Add reagent system (Pridanie systému reagencif).

Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost vazneho poskodenia o¢i. Vyvarujte sa priameho kontaktu o¢i
s laserovymi lucémi.
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Obrazok 8-5: Registracia detekcného systému BOND

s £ ] Tokemae

Skontrolujte, Ci udaje v dialdgovom okne zodpovedaju udajom o baleni, a potom kliknite na tlacidlo OK.

‘ Nepokusajte sa zaregistrovat jednotlivé nddoby na reagencie, ktoré su stc¢astou systému reagencif.

8.3.3.2 Registracia hotovych reagencii BOND

Balenie hotovych reagencii BOND zaregistrujete naskenovanim Ciarového kddu na prednej strane nadoby. Softvér
zobrazi dialégové okno Add reagent package (Pridanie balenia reagencif).

Obrazok 8-6: Registracia baleni reagencii BOND

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

Skontrolujte, ¢i Udaje v dialdgovom okne zodpovedaju Udajom o baleni, a potom kliknite na tlacidlo Add (Pridat).
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8.3.3.3  Registracia reagencii, ktoré nie su hotové

Reagencie nedodévané v baleniach hotovych reagencii BOND sa daju pouZit v systéme BOND v otvorenych alebo
titracnych nadobach BOND. Po priprave reagencie, ktora nie je hotova, na pouzitie a po jej naplneni do 7ml alebo 30ml
otvorenej nadoby alebo 6ml titracnej nadoby, sa zaregistruje takmer rovnakym spdsobom ako reagencie BOND:

1 Uistite sa, ze reagencia bola vytvorend v systéme a je preferovand. Na registraciu zasob musi preferovanu
reagenciu definovat pouZivatel (pozrite si ¢ast 8.2.1 Pridanie alebo Uprava reagencie).

Upozorfiujeme, Ze enzymy vytvorené s pomocou supravy na predpripravu enzymu BOND su v systéme
preddefinované a nevyzadujui manuélne vytvorenie.

2 Naskenujte Ciarovy kdd na prednej strane otvorenej alebo titracnej nadoby a otvorte dial6gové okno Add open
container (Pridanie otvorenej nadoby).

3 Vyberte ndzov reagencie z rozbalovacieho zoznamu Reagent name (Ndzov reagencie). (Nazov dodavatela je
uvedeny v zatvorkdch vedla nazvu reagencie.)

Zoznam obsahuje vSetky preferované pomocné reagencie a znackovace, ktoré nie st od spolocnosti BOND,
vytvorené v systéme, ako aj Styri preddefinované enzymy, ktoré sa daju pripravit zo stpravy na predpripravu
enzymu BOND. Ak ste nevytvorili reagenciu v systéme, zruste dialégové okno Add open container (Pridat
otvorent nadobu) a urobte to najprv (pozrite si krok 1 vysSie).

4 Zadajte Cislo Sarze reagencie z dokumentacie dodavatela reagencie.

5 Kliknutim na ikonu Expiration date (Datum exspirécie) zadajte datum exspiracie pomocou ovladacich prvkov
kalenddra (alebo méZete ddtum zadat).

@ MbZete zadat Ciastkové datumy, napriklad D/M, DD/MM alebo DD/MMM. Predpoklada sa
aktudlny rok. Ak zadate napriklad MM/RRRR alebo MMM/RRRR, predpoklada sa prvy den

daného mesiaca.

Ak zadate neplatny datum, okolo pola Expiration date (Datum exspirdcie) sa zobrazi ¢ervené ohranicenie a
zobrazi sa chybova sprava o overen.

Ked kliknete mimo pol'a Expiration date (Datum exspirdcie), platny zaznam datumu sa automaticky
preformatuje tak, aby zodpovedal forméatu systémového datumu. Ak ste zadali aspor jeden platny datum pred
zadanim neplatného datumu, pole sa po kliknuti na toto tlacidlo obnovi na posledny zadany platny datum.

6 Kliknutim na tlacidlo OK zaregistrujte reagenciu.

8.3.3.4 Manualne zadanie identifikatora

Ak sa systému BOND nepodari preéitat ¢iarovy kdd reagencie, postupujte nasledovne: obrazovka Reagent Inventory
(Zasoby reagencif):

1 Kliknite na polozku Enter ID (Zadat identifikator).

Softvér BOND zobrazi dialégové okno Manual ID entry (Manualne zadanie identifikétora).
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2 Do horného riadku dialdgového okna napiSte Cisla priradené dlhym ciarovym kddom na prednej strane nadoby
alebo Cisla priradené 2D Ciarovému kddu.

3 Kiliknite na polozku Validate (Overit).

Ak existuje viac ako jeden Giarovy kod, ako v pripade detekénych systémov, kliknite na poloZku Validate (Overit)
po uvedeni prislusnych ¢isel pre kazdy Ciarovy kod.

4 Po overeni opravnenosti ¢iarového kédu softvér zobrazi prislu$né dialdgové okno Add reagent package (Pridat
balenie reagencie).

5 Overte Udaje o baleni alebo ich priddvajte podla potreby v dialdgovom okne Add reagent package (Pridat
balenie reagencie) a kliknite na polozku OK (V poriadku), aby ste zaregistrovali balenie.

8.3.4  Sprava s udajmi o zasobach

MéZete vygenerovat spravu s Udajmi o zasobdch reagencii alebo systémov reagencii zobrazenych v tabul'ke v okne
Reagent Inventory (Zasoby reagencif). Vygenerovana sprava uvadza Udaje o kazdej z viditelnych reagencii alebo
kazdom systéme vratane zostavajlcich zasob. Ak je celkovy stav zasob niz§i ako minimélna Uroven zdsob (pozrite si
¢ast 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby), potom je v sprave oznaceny ako Low (Nizky).

Filtre nastavite v dolnej ¢asti obrazovky tak, aby zobrazovali reagencie alebo systémy reagencii, ktoré vas zaujimaju, a
potom kliknite na polozku Details report (Sprdva s detailmi). Sprdva sa vygeneruje a zobrazi v novom okne.

V pravom hornom rohu spravy s idajmi o zasobdch reagencii su uvedené informécie v nasledujucej tabulke:

Facility (Zariadenie) ~ N&zov zariadenia, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta spravy
Settings > Laboratory settings (Nastavenia > Laboratérne nastavenia), pozrite si ¢ast
10.5.1 Laboratdrne nastavenia

Subjekt Nastavenia filtra pouZité na vyber reagencii alebo systémov reagencii v sprave.

V texte spravy budu pre kazdu reagenciu uvedenu v tabulke uvedené nasledujuce udaje:
e nazov,
« celkovy stav zdsob (zvyrazneny, ak je niz&i ako minimdlna Uroven zdsob),
« katalégové ¢islo (pre hotové nadoby BOND) alebo ,open” (otvorené) (pre otvorené nadoby),
« typ (primarny, sonda, pomocny alebo typ systému reagencii),

o dodavatel.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 218
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Pre kazdé jednotlivé balenie reagencii sa v sprave uvadzaju nasledujuce udaje:
« UPI (jedine¢ny identifikdtor balenia)
o (islo Sarze,
» datum exspirdcie,
» datum registracie,
e datum prvého poutzitia,
 datum posledného pouZzitia,
* zOstavajuce mnozstvo,

Pozrite si Cast 3.7 Sprava pre dalSie informéacie o okne spravy a moZnostiach tlace.

8.3.0  Sprava o pouziti reagencii
V sprdve 0 pouziti reagencii sa uvadza mnozstvo pouzitej reagencie a pocet testov vykonanych s touto reagenciou v

stanovenom obdobi. Informdcie su rozclenené na jednotlivé nddoby a zobrazuju celkové hodnoty reagencii.

Sprava sa vztahuje na vSetky reagencie pouzité v definovanom obdobi bez ohladu na reagencie, ktoré su aktudlne
zobrazené na obrazovke Reagent Inventory (Zasoby reagencii). PouZitie systému reagencif nie je zahrnuté.

‘ Pouzitie nebalenych reagencii BOND-PRIME sa sleduje a zobrazuje v sprave.

Kliknutim na moZnost Reagent usage (PouZitie reagencie) otvorte dialdgové okno na vyber datumu, kde je potrebné
nastavit obdobie, za ktoré sa ma sprdva zahrnut. Nastavte datumy a ¢asy From (Od) a To (Do) (pozrite si ¢ast
Pouzitie vyberov datumu a casu (Sekcia na strane 225)) a potom kliknite na tlacidlo Generate (Generovat). Spréva sa
vygeneruje a zobrazi v novom okne.

V pravom hornom rohu spravy o pouziti reagencii su uvedené informdcie v nasledujucej tabulke:

Pole Opis

Facility (Zariadenie) Ndazov zariadenia, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta spréavy
Settings > Laboratory settings (Nastavenia > Laboratérne nastavenia), pozrite si ast
10.5.1 Laboratdrne nastavenia

Casovy Usek Datumy ,od" a ,do" za obdobie, na ktoré sa sprava vztahuje

Pre kazdu pouzitu reagenciu v obdobi sprava uvadza nasledujuce udaje:
 ndzov (skrateny ndzov reagencie);
» UPI kazdej pouzitej nadoby;
» Cislo Sarze kazdej pouzitej nadoby;

» datum exspirdcie kazdej pouzitej nadoby;
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* pocet spracovanych sklicok na nadobu a celkovy obsah reagencie;

 objem reagencie pouzitej v danom obdobi, v jednom obale, ako aj v celkovom mnozstve reagencie.

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informécie o okne spravy a moznostiach tlace.

8.4  Qbrazovka panela reagencii

Panel je pouzivatelom definovand suprava znackovac¢ov. Pomocou panelov mézete do systému rychlo pridat niekolko
sklicok.

Panely sa m6zu pouzivat iba pre bezné sklicka s jednym farbenim a paralelné multiplexové sklicka; nemozu sa pouzit
na nastavenie sklicok na sekvenéné farbenie. Na vytvéranie panelov musite mat tlohu pouzivatela - dohliadajuci.

Ak chcete zobrazit obrazovku Reagent Panels (Panely reagencii), kliknite na ikonu Reagent setup (Nastavenie
reagencie) na paneli funkcif a potom kliknite na kartu Panels (Panely).

Viac informécii néjdete nasledujucich ¢astiach:

e 8.4.1 Vytvorenie panela
e 8.4.2 Zobrazenie alebo Uprava detailov panela

e 8.4.3 Odstranenie panela

8.4.1  Vytvorenie panela

Ak chcete vytvorit panel, postupujte nasledovne (musite mat dlohu pouZivatela - dohliadajuci):

1 Kliknite na polozku Add panel (Pridat panel).
Softvér zobrazi dialégové okno Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencif).

Obrdzok 8-7: Dialdégové okno Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencif)

Faagent panal properties

Fanal mama ERZ Fanel
Avallable markers: Penel containg:
- "HERZ Nagatrss Control Lesc Tesst
T L. *
“Entragen Facegior (GF 1) Liicm bolic rexiysatia asiberue >

*(dml Fiasllary Acidic: Probeis {85) Lesca bl romymiems m

"HERZ Megraise Cominl Lise Wit roesysdvamis
"HERZ Primary Aty Lisée Wi roesystosmes m
“Wvwva paowinhoks & IKH AN 1 ene & Wi e ™

Tabulka napravo od dialégového okna Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencii) zobrazuje obsah
panela a tabulka viavo uvddza vSetky dostupné znackovace.
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2 Do pola Panel name (Nazov panela) v hornej ¢asti dialdgového okna zadajte nazov panela.
Panel neméZete uloZit bez nazvu.

3 Ak chcete pridat znackovac do panela, vyberte polozku v zozname dostupnych protilatok alebo sond v tabulke

vlavo a potom kliknite na polozku .

Ak chcete pridat pozitivnu kontrolnd vzorku tkaniva, kliknite na zna¢kovac a potom na polozku

Ak chcete pridat negativnu kontrolnt vzorku tkaniva, kliknite na znackovac a potom na polozku

4 Ak chcete polozku z panela odstranit, oznacte ju v tabulke vpravo a kliknite na polozku .

‘ Panely musia mat testovacie tkanivo. NemozZete ulozit panel, ktory nema testovacie tkanivo.

5 Ked je panel spravny, kliknite na polozku OK (V poriadku), vdaka ¢omu uloZite Udaje.

Ak nechcete panel uloZit, kliknite na polozku Cancel (Zrusit).

8.4.2  Zobrazenie alebo uprava detailov panela

Ak chcete zobrazit podrobnosti o paneli, vyberte ho v tabulke na lavej strane obrazovky Reagent Panels (Panely
reagencil). Znackovace na paneli sa zobrazia v tabulke na pravej strane obrazovky. Ak chcete panel upravit, kliknite na
ikonu Panel properties (Vlastnosti panela) a upravte ho podla opisu v ¢asti 8.4.1 Vytvorenie panela (Vytvorenie
panela).

8.4.3  (Odstranenie panela

Ak chcete odstranit panel zo systému, vyberte ho v tabulke na obrazovke Reagent Panels (Panely reagencii) a potom
kliknite na moznost Remove panel (Odstrdnit panel). Zobrazi sa vyzva na potvrdenie odstranenia.

‘ Panely odstrariujte opatrne. Udaje z odstrénenych panelov nemdzete obnovit.
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Historia sklicok (na riadiacom
zariadeni BOND)

Obrazovka Slide history (Histéria sklicok) zobrazuje podrobnosti o skli¢kach, ktoré st naplanované, aktudline spustené
alebo uz boli spustené na systéme BOND.

Cykly, ktoré boli napldnované, ale boli zastavené pred spustenim spracovania (odomknutim podnosu), maju svoje
jednotlivé zaznamy sklicok odstranené zo zoznamu histérie a nahradené jednym riadkom pre cely podnos,
zobrazujuci stav ,Rejected” (Odmietnuté). Pre tieto cykly je mozné vygenerovat udalosti cyklu a sprévy s ddajmi

o cykle.

Tato kapitola ma nasledujuce ¢asti:
e 0.1 Obrazovka historie sklicok
» 0.2 Vyber sklicok
» 0.3 Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie sklicka
» 0.4 Sprava o udalostiach cyklu
» 0.5 Sprava s udajmi o cykle
» 0.6 Sprava o pripade
» 0.7 Sprava protokolu
» 0.8 Suhrn sklicok
» 0.9 Export udajov

9.10 Strucna historia sklicok
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9.1 QObrazovka historie sklicok

Ak chcete zobrazit podrobnosti histérie sklicok alebo generovat udalosti cyklu, podrobnosti cyklu alebo Side hg”y
spravy o pripadoch, vyberte ikonu Slide history (Histdria sklicok) na paneli funkcif. =

Obrazok 9-1: Obrazovka Slide history (Histdria skli¢ok)

Shide history
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==

Zoznam historie sklicok zobrazuije sklicka spustené v obdobi definovanom vo filtri Date range (Rozsah datumov) nad
zoznamom alebo konkrétne sklicko njdené pomocou filtra Slide ID (Identifikétor sklicka) (pozrite si éast 9.2 Vyber
sklicok).

Upozoriujeme, Ze ¢iselny identifikator cyklu zobrazeny na obrazovke sa nemusi zvySovat po jednom ¢isle. V pripade
modulov spracovania BOND-IIl a BOND-MAX sa identifikacné Cisla cyklov prideluju, ked st podnosy na sklicka
uzamknuté, takze ak je podnos uzamknuty, odomknuty a potom znovu uzamknuty (pred spustenim cyklu), prirastky
Cisel identifikdtora sa zvysia a Cislo pridelené po prvom uzamknuti sa preskoci.

V pripade modulu spracovania BOND-PRIME je kazdému sklicku pridelené identifikacné Cislo cyklu.
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Farebné znacenie sklicok zodpoveda farbe pouzitej na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) (pozrite si ¢ast
6.5.1 Opis poli sklicka a kontrol):

* Biela: sklicko vytvorené v dialdgovom okne Add slide (Pridanie sklicka)

o /It4: sklicka vytvorené v dialdgovom okne Slide identification (Identifikécia sklicka) (pozrite si Gast
6.8 Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu)

 Svetlosiva: Sklicka LIS

o Cervené: prioritné sklicka LIS (pozrite si Gast 11.2.5 Prioritné sklicka)
Kazdé sklicko ma v zozname uvedené nasledujuce hodnoty:

 D4tum spracovania (zacatie spracovania sklicka)

« |dentifikator cyklu

« Slide ID (ID sklicka)

 Znackovac (ndzov primarnej protilatky alebo sondy)

e Meno pacienta

« Case ID (Identifikétor pripadu)

« Typ (testovacie tkanivo alebo pozitivna alebo negativna kontrolné tkanivo)

« Stav (prebieha alebo dokonéeng, ¢i boli zaznamenané nejaké neo¢akdavané udalosti; pripadne stav ,Rejected"
(Odmietnuté) pre cykly, ktoré boli zastavené pred zaCiatkom spracovania)

Zistite, ¢i neocakdvané udalosti mohli ovplyvnit farbenie. Neo¢akavané udalosti st zobrazené

‘ Ak je stav Done (notification) (Hotovo (oznémenie)), prezrite si spravu sprava o udalostiach cyklu a
tuénym pismom.

Ak chcete zobrazit informdcie o sklicku, vyberte ju v zozname a potom kliknite na jedno z tladidiel pod zoznamom.
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9.2  Vyber sklicok

Filtrujte sklicka do zoznamu na obrazovke Slide history (Histéria skli¢ok) zobrazenim vSetkych skli¢ok spracovanych v
definovanom obdobi alebo zobrazte konkrétne sklicko zadanim ID daného sklicka. Kliknite na rozbalovaciu ponuku a
potom vyberte filter skliGok, ktory chcete pouzit.

Posuvny rozsahu datumov

Obrézok 9-2: Posuvny rozsahu datumov

Slide history

PouZzite posuvny filter Date range (Rozsah ddtumov) na $pecifikdciu obdobia prehladu obrazovky. Zobrazia sa iba
sklicka spracované v danom obdobi. Nastavte datumy ,From" (Od) a,To" (Do) a v pripade potreby ¢asy na definovanie
¢asového obdobia, ktoré sa ma zobrazit. Potom kliknite na tlacidlo Apply (PouZit) na zobrazenie sklicok.

Ak bolo v definovanom obdobi spracovanych viac ako 1 000 skli¢ok, zobrazi sa iba prvych 1 000 sklicok. Ak chcete
zobrazit podrobnosti o kompletnom stbore, musite exportovat Udaje sklicka - pozrite si ¢ast 9.9 Export tdajov.

Pole To (Do) je pévodne nastavené na aktualny datum a pole From (Od) presne na jeden tyZdef v minulosti. Ak
zmenite nastavenia, moZete sa vratit na tlto konfigurdciu kliknutim na tlacidlo Last seven days (Poslednych sedem
dni).

Pouzitie vyberov datumu a casu

Ak chcete nastavit der, mesiac a rok, kliknite na ikonu kalendara a vyberte datum. Prechddzajte mesiacmi klikanim na
Sipky v zahlavi kalenddra. Alebo kliknite do stredu liSty s nadpisom a vyberte iny mesiac alebo prechddzajte rokmi.
Pripadne mozete zadat datum priamo do pola.

Ak chcete nastavit Cas, kliknite do pola ¢asu a pouZite tlacidla nahor a nadol (alebo klavesy so Sipkami nahor a nadol).
V zavislosti od umiestnenia kurzora sa ¢as zmeni o jednu hodinu, desat minut alebo jednu mindtu. Pripadne mézete
zadat datum priamo do pola.

Filter identifikatorov sklicok

PouZzite filter sklicok Slide ID (Identifikdtor sklicka) na vyhladanie informdcii o konkrétnom sklicku. Zadajte
identifikator sklicka do pola Slide ID (Identifikator sklicka) a kliknite na polozku Apply (PouZit).
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9.3  Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie sklicka

Ak chcete zobrazit vlastnosti sklicka v zozname Slide history (Histdria skli¢ok), vyberte sklicko a kliknite na mozZnost
Slide properties (Vlastnosti sklicka) (alebo dvakrat kliknite). Toto je rovnaké otvorené dialégové okno ako na
obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) (6.5.4 Upravy sklicka).

V dialégovom okne Slide properties (Vlastnosti sklicka) nemdZete upravovat Ziadne Gdaje o pacientovi ani idaje o
teste, ked je otvorené z obrazovky Slide history (Histdria sklicok) (kedZe sklicko bolo spracované alebo je
spracovdvané), ale mozete pridat komentare do pola Comments (Komentére) alebo opakovane spustit skli¢ka -
pozrite si ¢ast 9.3.1 Opatovné spustenie sklicok.

9.3.1  Opatovne spustenie sklicok

Ak skligko nesplfia poziadavky, moze byt oznacené ako uréenie na opakovanie. Pouzite nasledujici postup na zagatie
opatovného spustenia sklicka z dialdgového okna Slide properties (Vlastnosti sklicka):

1 Kliknite na polozku Copy slide (Kopirovat sklicko).

Dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka) sa zmeni na dialégové okno Add slide (Pridanie sklicka) s
editovatelnymi polami.

2 Vykonajte vSetky poZadované zmeny a potom kliknite na tlacidlo Add slide (Pridat sklicko).

3 Potvrdte pripad, pacienta a lekdra, aby skopirované sklicko pridalo sklicko na obrazovku Slide setup
(Nastavenie sklicka).

Dialdgové okno Add slide (Pridanie sklicka) zostane otvoreng, aby ste v pripade potreby mohli pridat dalSie
sklicka.

4 Kliknite na moznost Close (Zavriet) a vratte sa na obrazovku Slide history (Histéria sklicok).

5 Novo vytvorené sklicka spustite beznym spbsobom.
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9.4  Sprava o udalostiach cyklu

Tato sprdva vygenerovana na obrazovke Slide history (Histéria sklicok) zobrazuje vSetky udalosti pre vSetky skli¢ka na
podnose, s ktorymi bolo vybrané sklicko spustené. Kliknite na moznost Run events (Udalosti cyklu) na vygenerovanie
spravy.

V pripade modulu spracovania BOND-PRIME sa v sprave zobrazuju udalosti pre jednotlivé sklicka.

V pripade systémov BOND-III alebo BOND-MAX sa spravy o udalostiach cyklu méZu generovat aj po¢as spracovania
sklicok. Pravym tlag¢idlom mysi kliknite na prislusny cyklus alebo zoznam na obrazovke System status (Stav systému)
alebo Protocol status (Stav protokolu) a z ponuky vyberte moznost Run events (Udalosti cyklu). Udalosti, ktoré
spustili ozndmenie o sklicku, s zobrazené tuénym pismom, aby ich bolo mozné l'ahko néjst.

V pravom hornom rohu spravy o udalostiach cyklu su uvedené informécie v nasledujlcej tabulke:

PM Serial No. (Sériové  Sériové ¢islo modulu spracovania pouZitého pre cyklus
¢islo PM)

Modul spracovania Nazov modulu spracovania pouzitého pre cyklus

Slide tray (Podnos na Cislo zostavy na farbenie sklicok (v rémci systému BOND-III alebo BOND-MAX) pouzite]
sklicka) pre cyklus

Modul ARC Cislo modulu ARC BOND-PRIME pouzitého pre cyklus

Dispense volume Objem dévkovanej reagencie (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy davkovania a pozicia tkaniv na
(Dévkovaci objem) sklickach)

Start time (Cas Datum a Cas spustenia cyklu

spustenia)

Run progress (Priebeh  Informécia o tom, ¢i je beh dokonceny, alebo sa stéle spracovava
cyklu)

Staining mode (ReZim Pouzity rezim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)
farbenia)

Obrazky Stitkov sklicok pre vSetky sklicka v cykle sa zobrazuju v hornej Casti spravy. Telo spravy zobrazuje ¢as, Cislo
udalosti a popis udalosti pre cyklus. Cislo udalosti pouZiva spolognost Leica Biosystems na sledovanie chyb v pripade
potreby.

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informécie o okne spravy a moznostiach tlace.
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9.5 Sprava s udajmi o cykle

Tato sprava generovand na obrazovke Slide history (Histdria sklicok) zobrazuje detaily kazdého sklicka na rovnakom
podnose ako aktudlne vybrané sklicko. Podnos musi mat dokonéené spracovanie a musi byt odomknuty. Kliknite na
moznost Run details (Spustit podrobnosti) na vygenerovanie spravy. V pravom hornom rohu sprévy st uvedengé
informacie v nasledujlcej tabulke:

Pole Opis

PM Serial No. (Sériové Sériove Cislo modulu spracovania pouzitého pre cyklus

¢islo PM)

PM name (Nézov PM) Nazov modulu spracovania pouzitého pre cyklus

Slide tray (Podnos na Cislo zostavy na farbenie sklicok (v rémci systému BOND-III alebo BOND-MAX)
sklicka) pouzitej pre cyklus

Staining location (Miesto  Cislo modulu ARC BOND-PRIME pouzitého pre cyklus
farbenia

Start time (Cas spustenia)  Datum a ¢as spustenia cyklu

Run started by (Cyklus Pouzivatelské meno osoby, ktora spustila cyklus
spustil)

Slide loaded by (Sklicko Pouzivatel'ské meno osoby, ktord vlozila sklicko
vlozil/-a)

Slide unloaded by (Sklicko  Pouzivatel'ské meno osoby, ktora vylozila sklicko
vylozil/-a)

Pre kazdé sklicko v cykle telo spravy zobrazuje snimku Stitka sklicka a nasledujuce informacie.
Pole Opis
Slide ID (ID sklicka) Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedinecny identifikator.

Slide created by (Sklicko Pouzivatelské meno osoby, ktora vytvorila sklicko, pripadne ,LIS"
vytvoril)

Case No. (Pripad ¢.) Jedine¢ny identifikdtor pripadu vygenerovany softvérom BOND

Tissue type (Typ tkaniva)  Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej kontroly

Dispense volume Objem davkovanej reagencie (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy davkovania a pozicia tkaniv
(Dévkovaci objem) na sklickach)

Meno pacienta Identifikdcia pacienta

Case ID (Identifikator Identifikdcia pripadu zadana pocas nastavenia sklicka

pripadu)
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Staining protocol (Protokol  PouZity protokol farbenia
farbenia)

Preparation (Priprava) PouZity protokol pripravy (ak existuje)

HIER protocol (Protokol PouZity protokol HIER (ak existuje)

HIER)

Enzyme protocol (Protokol  Pouzity protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

enzymu)

Denaturacia Iba pre ISH, pouzity denaturacny protokol (ak existuje)

Hybridizacia Iba pre ISH, pouZity hybridiza¢ny protokol (ak existuje)

Referencia LIS[2 - 7] Dodatocné referencné informacie o systéme LIS pre systémy s nainstalovanym
balikom LIS-ip (pozrite si éast 11.2.6 Datoveé polia sklicka v LIS)

Farbenie PouZity rezim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)

Completion status (Stav Oznacuije, Ci sa sklitko spracovadva, dokoncuje alebo uz bolo vyhodnotené. Tiez to, Ci

dokongenia) boli hlasené nejaké oznamenia udalosti.
Komentare Komentére moZete kedykolvek zadat do vlastnosti sklicka
Sign off: (Schvalenie:) Schvélenie je vyhradené miesto v tlacenej papierovej sprave, kde méze dohliadajuci

schvalit kazdé sklicko.
Pouzité reagencie (alebo preferovand stprava obsahujlca zlozky zmieSanej reagencie)

UPI (jedine¢ny identifikdtor Jedinecny identifikator balenia kazdej reagencie alebo preferovanej stpravy pouZitej
balenia) pre toto sklicko

Nazov Nazov kazdej reagencie alebo preferovanej supravy pouzitej pre toto sklicko
Public name (Verejny Verejny nazov pre systémy s nainstalovanym LIS-ip

nazov)

Lot No. (C. $arze) Cislo $arze kazdej reagencie alebo preferovanej stpravy pouzitej pre toto sklitko

Cisla $arzi nebalenych reagencii st zahrnuté pre systém BOND-PRIME

Expiration Date (Datum Datum exspirdcie kazdej reagencie alebo pomocnej supravy pouzitej pre toto sklicko
exspiracie)

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informécie o okne sprévy a moznostiach tlace.
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9.6  Sprava o pripade

Této sprdva zobrazuje detaily kazdého sklicka v rovnakom pripade ako aktudlne vybrané sklicko. Sprava moze byt
vygenerovana z obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka), Slide history (Histdria sklicok) a dialégového okna Slide
identification (Identifikdcia sklitka). V pravom hornom rohu spravy o pripade su uvedené informdcie v nasledujucej
tabulke:

Case ID (Identifikator Identifikdcia pripadu zadana pocas nastavenia sklicka

pripadu)

Meno pacienta Meno pacienta

Case comments DalSie informdcie o pripade

(Komentare k pripadu)

Doctor (Lekar) Meno lekdra alebo odporucajuceho patoldga zodpovedného za pacienta.
Doctor comments DalSie informacie lekara

(Komentére lekara)
Created (Vytvorené) Datum a éas, kedy bol pripad vytvoreny

Case No. (Pripad ¢.) Jedinecny identifikator pripadu vygenerovany systémom BOND

V pravom hornom rohu spravy su uvedené informécie pre kazdé sklicko v pripade:
Pole Opis
Slide ID (ID sklicka) Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedinecny identifikator.

Slide created by (Sklicko Pouzivatelské meno osoby, ktora vytvorila sklicko, pripadne ,LIS".
vytvoril)

Run (Cyklus) Cislo cyklu, v ktorom bolo sklitko spracované
Run started by (Cyklus Pouzivatelské meno osoby, ktora spustila cyklus
spustil)

Tissue type (Typ tkaniva)  Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej kontroly

Dispense volume Objem dévkovanej reagencie (pozrite si ¢ast 6.5.8 Objemy davkovania a pozicia tkaniv
(Davkovaci objem) na sklickach)

Staining protocol (Protokol  PouZity protokol farbenia
farbenia)

Preparation (Priprava) Pouzity protokol pripravy (ak existuje)

HIER protocol (Protokol PouZity protokol HIER (ak existuje)
HIER)
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Enzyme protocol (Protokol
enzymu)

Denaturacia

Hybridizacia

LIS reference (Referencia
LIS) (2-7)

Farbenie

PM Serial No (Sériové ¢islo
PM)

Staining Location (Miesto
farbenia)

Completion status (Stav
dokoncenia)

Komentare

Sign off: (Schvalenie:)

UPI (jedine¢ny identifikator
balenia)

Nazov

Public name (Verejny
nazov)

Lot No. (C. Sarze)

Expiration Date (Datum
exspiracie)

PouZity protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

Iba pre ISH, pouZity denaturacny protokol (ak existuje)
Iba pre ISH, pouZzity hybridiza¢ny protokol (ak existuje)

Dodatocné referencné informacie o systéme LIS pre systémy s nainStalovanym
balikom LIS-ip (pozrite si ¢ast 11.2.6 Datove polia sklicka v LIS)

PouZity rezim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)

Sériové ¢islo modulu spracovania pouzitého pre sklicko
Poloha, v ktorej bolo sklicko spracované

OznacCuje, Ci sa sklicko spracovava, dokoncuje alebo uz bolo vyhodnotené. Tiez to, Ci
boli hlasené nejaké oznamenia udalosti.

Komentére moZete kedykolvek zadat do vlastnosti sklicka

Schvalenie je vyhradené miesto v tlacenej papierovej sprave, kde moze dohliadajuci
schvalit hodnotenie a komentare

Reagents Used (PouZité reagencie)

Jedinecny identifikator balenia kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Nazov kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Verejny nazov pre systémy s nainstalovanym LIS-ip

Cislo $arze kazdej reagencie pouzitého pre toto sklicko
Cisla $arzi nebalenych reagencii st zahruté pre systém BOND-PRIME

Datum exspirdcie kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informdcie o okne spravy a moznostiach tlace.

9.7  Sprava protokolu

Ak chcete vygenerovat spravy o protokoloch pouZitych pre vybraté sklicka, vyberte sklicko a kliknite na tladidlo
Protocol report (Sprava protokolu). Vyberte poZzadovany protokol z tych, ktoré chcete spustit na sklicku, a potom
kliknite na tlacidlo Report (Sprava) na vytvorenie spravy. Opis sprdvy si pozrite v ¢asti 7.5 Spravy protokolu.
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9.8 Suhrn sklicok

Zhrnutie spracovania sklicka zobrazuje pocet sklicok spustenych v stanovenom obdobi. Informéacie sa zobrazuiju
v tabulkovom aj grafickom formate ako pocet spracovanych sklicok za jednotku ¢asu v stanovenom obdobi.

Ak chcete nahlasit pocet spracovanych sklicok, kliknite na tlacidlo Slides summary (Suhrn sklicok) na obrazovke Slide
history (Histdria sklicok) a otvorte dialégové okno Slides summary (Sthrn sklicok).

Vyberte bud konkrétny modul spracovania podla nazvu alebo moznost All (VSetky) (vSetky moduly spracovania alebo
v systéme BOND-ADVANCE vSetky moduly spracovania, ku ktorému je klient aktuélne pripojeny) z rozbal'ovacieho
zoznamu Processing module (Modul spracovania).

V poli Resolution (RozliSenie) vyberte ¢asovu jednotku, ktord sa ma pouzit na nahldsenie poétu spustenych skligok.
Napriklad mozZnost ,Day" (Den) vygeneruje spravu, ktora zobrazuje pocet sklicok spustenych kazdy den v stanovenom
¢asovom obdobi, zatial ¢o moznost ,Month" (Mesiac) predstavuje pocet skliok spustenych kazdy mesiac v rdmci
daného obdobia.

Nastavte d4tumy To (Do) a From (Od). Jednotka Gasu nastavend v poli Resolution (RozliSenie) za¢ina od détumu
From (0d) a pokraduje v celych jednotkéch az do dadtumu To (Do), kde sa na dokoncenie obdobia moZe vyZadovat
Ciastocna jednotka.

Kliknutim na moZnost Generate (Generovat) zobrazite ukazku spravy.

Pozrite si ¢ast 3.7 Sprava pre dalSie informécie o okne spravy a moznostiach tlace.
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9.9  Export udajov

Na obrazovke Slide history (Histéria sklicok) kliknite na tladidlo Export data (Export Uidajov) na vytvorenie stboru
obsahujuceho podrobnosti o vSetkych sklickach, ktoré dokoncili spracovanie vo vybranom ¢asovom obdobi.
Exportovany subor je v Standardnom forméte stboru ,hodnoty oddelené ¢iarkami® (comma separated values, csv) a
stbor je mozné lahko importovat do tabulkovych aplikécif tretej strany, ako je Microsoft Excel. Po importovani do
tabulky sa Udaje zobrazia vo formate, ktory umoznuje (v zavislosti od funkénosti tabulky) triedenie, vyhladavanie

a vytvaranie prispésobenych zostav a grafov.

Pre kazdé sklicko vo vybratom rozsahu datumov sa do exportovaného suboru zahrnu nasledujuce informéacie:

Datum spracovania

Sériové Cislo PM

Slide 1D (ID sklicka)

Run started by (Cyklus spustil)
UPI znaCkovaca

UPI 2 znackovaca

Meno pacienta

Typ tkaniva (test alebo pozitivna alebo negativna
kontrolnd vzorka)

Stav

Komentare

Nazov protokolu pripravy

Nazov protokolu HIER

Nazov protokolu HIER 2

Nazov protokolu enzymu

Nazov protokolu enzymu 2
Nazov denaturacného protokolu
Nazov denaturacného protokolu 2
Nazov protokolu hybridizacie
Nazov protokolu hybridizacie 2
Nazov protokolu farbenia
Nazov protokolu farbenia 2
Nazov detekéného systému

Nazov detekéného systému 2

Nazov modulu spracovania
Identifikator cyklu

Slide created by (Sklicko vytvoril)
Farbenie

Nazov znackovaca

Nazov znackovaca 2

Case ID (Identifikator pripadu)
Doctor (Lekar)

Dispense volume (Déavkovaci objem)

Verzia protokolu pripravy

Verzia protokolu HIER

Verzia protokolu HIER 2

Verzia protokolu enzymu

Verzia protokolu enzymu 2

Verzia denaturacného protokolu
Verzia denaturacného protokolu 2
Verzia protokolu hybridizacie
Verzia protokolu hybridizacie 2
Verzia protokolu farbenia

Verzia protokolu farbenia 2
Sériové Cislo detekéného systemu

Sériové Cislo detekéného systému 2

Stipce s &islom 2 v ndzve su relevantné iba pre sekvenéné multiplexové farbenie skligka; definuju informécie tykajtice
sa druhého farbenia pre toto sklicko.
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Na export podrobnosti o sklicku pouzite nasledujuci postup:

1 Vyberte pozadovany rozsah datumov (pozrite si ¢ast 9.2 Vyber sklicok).
2 Kliknite na mozZnost Export data (Export Udajov).

3 Po vyzve vyberte moznost uloZenia stboru.

Subor sa uloZi do prie¢inka na stahovanie (alebo vyberte moznost Save as (UloZit ako) na uloZenie do iného
priecinka.

UloZeny subor je mozné otvorit v Standardnom tabulkovom procesore, ako je Microsoft Excel, a manipulovat s nim
podla funkcii dostupnych v aplikacii. Pri otvarani suboru bude moZno potrebné zadat niektoré parametre stboru.
Subor je vo formate ,csv’, parametre su nasledujuce:

« Typ stboru je Delimited (S oddelenymi tdajmi)
« Moznosti Delimiter (Oddelovac) alebo Separator (Oddelovac) si Comma (Ciarka).

« Pouzite format stipcov General (Vseobecny).

Cas spustenia spracovania v exportovanych detailoch sklitka sa nebude presne zhodovat s ¢asom
spustenia v rdmci histérie sklitka na obrazovke. Cas spustenia zobrazeny na obrazovke s histdriou

sklicok je Cas, kedy bolo stlacené tlacidlo spustenia cyklu Bl Cas nahldseny v exportovanych
Udajoch je v8ak ¢as, kedy sa proces skutocne zacal spracovavat na module spracovania.
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9.10 Strucna historia sklicok

Stru¢nd sprava o historii sklicok zobrazuje informacie o vSetkych sklickach v stbore, ktoré boli spracované (alebo sa

stale spracuvaju) v casovom ramci pouzitom na vyber skli¢ok na obrazovke Slide history (Histéria sklicok). Spréva
obsahuje oblast na odhldsenie a moZe sa pouzit ako zaznam spracovanych sklicok.

Ak chcete vytvorit kratku spravu histérie sklicok, otvorte obrazovku Slide history (Histdria sklicok) a nastavte datumy

a Casy From (Od) a To (Do), na vyplnenie obrazovky so vSetkymi sklickami v stbore, ktoré boli spracované v tom Case
(pozrite si ¢ast 9.2 Vyber sklicok (Vyber skli¢ok)). Kliknite na moznost Brief slide history (Stru¢na histéria skli¢ok) na

vygenerovanie spravy.

V laboratériach s vysokymi obratmi méze predvoleny ¢asovy rozsah na obrazovke Slide history
(Histéria skli¢ok) (jeden tyZden) obsahovat tisice skli¢ok. Viytvorenie prehladu pre tento pocet skli¢ok
bude trvat niekolko mindt — namiesto akceptovania predvoleného nastavenia zvézte definovanie
kratSich Casovych rozsahov.

Sprava obsahuje nasledujuce podrobnosti pre kazde sklicko:

» Case ID (Identifikator pripadu) « Tissue type (Typ tkaniva)
» Meno pacienta « Dispense volume (Davkovaci objem)
« Slide ID (ID sklicka)  Stav

Schvélenie

» Marker (Znackovag)

* Miesto farbenia
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Klient spravy (na riadiacom
zariadeni BOND)

V&etky vSeobecné konfigurécie systému BOND (okrem protokolov a reagencii) sa vykondvaju v samostatnej
softvérovej aplikacii ,klient spravy”. Klienta spravy mozu spustat iba pouzivatelia s Ulohou spravcu, ak maju k
dispozicii vSetky funkcie.

Klient spravy ma nasledujuce obrazovky otvorené pomocou ikon na paneli funkcii v hornej ¢asti klienta:

e 10.1 Users (PouZivatelia)

e 10.2 LIS (Laboratdrny informacny systém)
o 10.3 Labels (Stitky)

e 10.4BDD

e 10.5 Nastavenia

e 10.6 Hardver
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10.1

Users (Pouzivatelia)

PouZivatelia systému BOND sa spravuju v klientovi spravy na obrazovke User management (Spréva
pouzivatelov). MéZete vytvdrat, upravovat a deaktivovat pouzivatelov. NemoZete vymazat pouzivatelov -

zostanu navzdy v systéme. PouZivatelov vS§ak mozete zakazat a zakazat im pristup k jednému z klientov.

Povoleni pouZivatelia maju dlohy, ktoré im poskytuju rozne préva v rdmci softvéru. Klienta spravy moZu otvorit iba
pouzivatelia s Ulohou spravcu (kde moZu vykonavat vietky funkcie). Pouzivatelia s Ulohou operatora mozu registrovat
reagencie, nastavovat a spracovavat sklicka a generovat spravy, ale nemézu upravovat podrobnosti o reagencidch,
panely reagencii ani protokoly. Pouzivatelia s Ulohou dohliadajuceho maju vSetky prava operatora, ale mozu tiez
upravovat podrobnosti o reagencii, panely a protokoly. Pouzivatelia méZu mat viac ako jednu Ulohu.

Obrdzok 10-1: Obrazovka User management (Sprdva uZivatelov)

1 2 3

4

User manggement

Show users:

B3 Adduser
admin
Name UserID

john

Enter a password with 4 to 14 characters
an

- >
Name 2‘:‘:[5(; I 6
= =
10 9 8 7
Legenda
1 Zoznam vSetkych pouzivatefov systému BOND 7  Reset (Obnovit)
2 Pomocou filtrovania mdZete zobrazit vSetkych Vratenie neulozenych zmien
pouzivatelov alebo iba povolenych alebo 8  Save (Ulozit)
zakazanych pouzivatelov UloZenie zmien pre aktualneho pouzivatela
3 Detaily o vybranom pouZivatelovi 9  Aktudlne vybrany pouzivatel - jeho detaily su
4 Spréva s potiadavkami na heslo zobrazené v pravej Casti obrazovky.
10 Add (Pridat)

5 Disable user (Zakazat pouzivatela)
Zakaze (alebo znova povoli) aktudlne vybraného
pouzivatela

6 Roles (Ulohy)
Vyber uloh pouZzivatela
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Kliknutim zru$te zacCiarknutie poliCok na pravej
strane obrazovky a pridajte podrobnosti o novom
pouzivatelovi
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Kazdy novy pouzivatel vyzaduje pouzivatel'ské meno a heslo. Obidve sa vyzaduju na prihlasenie sa ku klinickému
klientovi a klientovi spravy. Po vytvoreni pouZivatela uz nie je mozné zmenit meno pouzivatela, ale heslo mozno
zmenit. PouZivatelia si méZu kedykolvek zmenit svoje vlastné hesla v prihlasovacich dialégovych okndch BOND a
spravcovia ich tieZ mdzZu zmenit na obrazovke User management (Spréva pouzivatelov). Hesla musia mat 4 a7 14
znakov a musia obsahovat aspon jedno &islo.

BOND overuje hesld pri ich zmene. Heslo nemdzete ulozit, kym nespiiia minimalne poziadavky. Hesl4

‘ Hesld rozliSuju malé a velké pismend a odporlcaju sa hesla s velkymi aj malymi pismenami. Softvér
neposkytujte ostatnym zamestnancom. Vzdy, ked ste mimo modulu spracovania, odhlaste sa z uctu.

Ostatné Udaje o pouzivatelovi (krstné meno a priezvisko a ndzov tlohy) st volitelné. Tieto Udaje sa objavuju
v protokoloch a spravach. ID pouzivatela sa priradi automaticky a zobrazi sa v dennikoch a spravach.
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10.2 LIS (Laboratorny informacny systém)

Vacsinu konfiguracie systému LIS vykondva servisny personal, ked je systém BOND LIS-ip nain$talovany,
pouzivatelia v§ak maju k dispozicii maly poc¢et moznosti konfigurécie na obrazovke LIS configuration

(Konfiguracia LIS). Na obrazovke sa nachddza aj protokol chybovych sprav.

Obrazok 10-2: Obrazovka LIS configuration (Konfigurécia LIS)

LIS configuration

You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurect existing case [JEl
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides 7
) Enable unprocessed LIS side lfetime: (hrs): | 1

Edit LIS data fields
Log messages
[Cradat JLowel JLogoty JS00e | |
8

Legenda

1

License (Licencia)
Zobrazuje licencné heslo systému LIS-ip.

Duplicate case ID (Duplicitny identifikator pripadu)
Nastavte akciu pre pripady s rovnakym
identifikatorom pripadu ako existujuce pripady.

Force LIS printing in BOND (Vyndtend tlac LIS

v systéme)

ZabezpecCte, aby boli vSetky sklicka LIS vytlacené
systémom BOND. Pozrite si ¢ast 11.7 Znackovace
sklicok.

Enable LIS to update LIS slides (Povolit systém LIS
na aktualiz4ciu sklicok LIS)

Prepiste (aktualizovat) nespracované sklicka, ak
systém LIS odosiela sklicka s rovnakym
identifikatorom Ciarového kddu. Ak je toto
nastavenie zakazané, systém BOND zamietne
akykolvek pokus systému LIS o opatovné pouzitie
rovnakého identifikatora Giarového kdodu.
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Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs)
(Povolit nespracovand zivotnost skli¢ka LIS (v
hodinach))

Vymazte skliCka prijaté zo systému LIS, ktoré sa
nespracovavaju do zadaného poctu hodin.

Log Messages (Sprévy dennika)

Po kliknuti na moznost View log (Zobrazit
dennik) sa zobrazia ako zoznam (pozrite si éast
Vpravo).

Edit LIS data fields (Upravit datové polia
systému LIS)

Nakonfigurujte zobrazenie Udajov sklicok v
systéme BOND.

View log (Zobrazit dennik)

Zobrazit zoznam chyb, ktoré su vysledkom sprav
LIS odoslanych do systému BOND, alebo
odpovede zo systému BOND na spravy LIS.
Opatovnym kliknutim aktualizujete zoznam

0 nedavne chyby.
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Licencia

Potrebujete licenciu pre systém BOND LIS-ip, ktord sa aktivuje pomocou hesla poskytnutého spoloénostou Leica
Biosystems. Heslo zvy€ajne zadava servisny personal, ktory nastavil pripojenie systému LIS-ip. Ak nie, na obrazovke
sa zobrazi pole License (Licencia). Ak chcete zapnut funkciu LIS-ip a zobrazit moZnosti konfigurécie a prihldsenia
zobrazené na Obrazok 10-2, zadajte heslo.

Duplicitny identifikator pripadu

Pouzite nastavenie Duplicate case ID (Duplicitny identifikdtor pripadu) na nastavenie spdsobu vybavovania pripadov
prijatych zo systému LIS s rovnakym identifikdtorom pripadu ako exspirovany alebo vymazany pripad LIS, ktory sa uz
nachddza v systéme BOND. (Ak méd pripad LIS rovnaky identifikator pripadu ako existujuci pripad BOND, t. j. pripad
vytvoreny v systéme BOND, je automaticky odmietnuty.) Existuju dve moznosti:

« Resurrect existing case (Obnovenie existujuiceho pripadu): po prijati nového pripadu sa za predpokladu, Ze mé
rovnaké meno pacienta ako existujuci pripad, obnovi pévodny pripad (t. j. opatovne sa pouzije). Ak novy pripad
obsahuje rovnaky identifikator pripadu, ale iné meno pacienta, potom sa zamietne.

Ak sa meno lekdra zmenilo, pouZije sa nové meno.

* Reject message (Odmietnut spravu): novy pripad LIS sa neprevedie do systému BOND. Sprava oznamujlca
tuto skutoénost sa zaznamena do systému LIS. V systéme LIS musite zmenit identifikator pripadu a pripad
znova odoslat.

Diskusiu o spracovani duplicitnych identifikatorov pripadov v pripadoch, ktoré nie su pripady LIS, ndjdete v Casti
6.3.4 Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu. VSeobecné informécie o pripadoch LIS ndjdete v Casti
11.2.2 Pripady LIS.

Datové polia sklicka v LIS

InStaldciu systému BOND LIS-ip moZno nakonfigurovat tak, aby systém LIS odosielal systému BOND aZ sedem
parametrov pre kazdé sklicko. Tieto parametre su urCené len na prezeranie a su zobrazené na karte LIS v dial6govom
okne Slide properties (Vlastnosti sklicka). Aj ked zékladnu konfiguraciu tychto parametrov vykondva servisny technik,
mozete si zvolit skrytie ktoréhokolvek z poli parametrov a nastavit nazvy poli.

Zadiarknite policka, ktoré chcete zobrazit, a zadajte nézvy poli.
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10.3 Labels (Stitky)

Pouzite obrazovku Label templates (Sablony $titkov) na vytvéranie a Upravu $abldn $titkov sklicok a vyber Lavet
$abldn, ktoré sa maju pouZzit. <

Existuje osem typov 2D Sabldn pre pouzitie s dsmimi typmi skli¢ok v systéme BOND:
« Jedno farbenie BOND,
o BOND Oracle,
» BOND sekven¢né multiplexové farbenie
» BOND paralelné multiplexové farbenie
e Jednoduché farbenie LIS,
e LIS Oracle,
LIS sekvencné multiplexové farbenie
o LIS paralelné multiplexové farbenie

Sablony ,BOND" st pre sklitka vytvorené v systéme BOND a $ablony ,LIS” pre sklicka vytvorené v systéme LIS, ale
vytlacené v systéme BOND.

Tieto preddefinované $abldény nie je mozné upravovat ani mazat.
Systém BOND dokdze Gitat Ciarové kddy 1D, 2D a OCR, ale vytvdra iba 2D Ciarové kddy.

Ak bol systém BONDinovovany z verzie 5.1 alebo starSej, nemdZete nadalej pouZivat existujici snimac¢ ¢iarovych
kodov, pretoze tento star§i model nepodporuje 2D Ciarové kody.

Ak chcete pouzit ind abldnu pre typ sklicka, skopirujte predvolend Sablénu a upravte vyslednd ,pouzivatel'ski
Sablonu”. Potom ju ,aktivujte”, aby sa stala $ablonou, ktort systém BOND pouZzije pre sklicka tohto typu. Pre kazdy typ
sklicka moZete vytvorit [ubovolny pocet §abldn, ale sti¢asne je mozné aktivovat iba jednu.

VYSTRAHA: Na §titky vzdy uvadzajte dostatocné informécie, aby sa zabezpecilo, Ze v pripade
zlyhania automatickej identifikacie Stitkov je mozné Stitky identifikovat ruéne. Spoloénost Leica
Biosystems odporuca, aby vSetky sklicka obsahovali nasledujuce polia:

« identifikator pripadu alebo meno pacienta,
o Slide ID (ID sklicka)
* typ tkaniva — na identifikdciu kontrolnych tkaniv; a

« znackovac - primarna protilatka alebo sonda, ktord sa ma pouzit.
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Obrazok 10-3: Obrazovka Label templates (Sabldny Stitkov)

1

Label templates

Slide type:

B3 siide label designer

2 7
: T
T EL T I Ty
I 12/12/2016 ©
 *mARK(1) :
Mr. J. Citizen '
*IHC F (+) ;
Dr. Jones :
5
= .
4 6
Legenda
1 Slide type (Typ sklicka) 5 Tabla Gprav s rozlozenim $abldny vybratej
Vyberte typ sklicka — vSetky Sablony pre dany vlavo
typ st zobrazené v podokne nizSie 6 Prikazy na Upravu $ablén - pozrite si Obrazok
2 Aktivna $abldna (s modrou znackou 10-5 Prikazy na dpravu Sablény Stitkov
zatiarknutia) 7 Template properties (Vlastnosti $ablény)
3 Vybrand $ablona, ktord sa zobrazi na table Vlastnosti aktualne vybraného rozlozenia
Uprav vpravo Sabldn ako celku (iba na zobrazenie, kym
4 Prikazy spravy $abln - pozrite si Obrazok neklllinete na tlacidlo Edit (Upravit) v lavom
10-4 Prikazy na spravu Sablon Stitkov paneli)
Obrazok 10-4: Prikazy na sprdvu Sablon Stitkov
1 2 3 4
e J o
Legenda
1 Nastavte aktualne vybranu Sablonu, ktorasa 3 Upravte aktualne vybranu Sablonu pomocou
pouzije pre vSetky Stitky sklicok pre aktualne tably Uprav a prikazov na pravej strane
vybrany typ sklicka. obrazovky. Predvolené Sablony nie je mozné
2 Skopfrujte aktuélne vybrand $ablénu Upravovat.
a vytvorte novu ,pouzivatel'sku” Sablonu. 4 Odstrante aktualne vybranu $ablonu.
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Obrazok 10-5: Prikazy na Upravu Sablény Stitkov

Label templates
Slide type: n Slide label designer
:::hl :1'!;’32::5559057 1
FEEREEREEEEEE.,———-——- . Show outlines: 2
- I 12345678 .
? ; 12/12/2016 | e e 3
: - :
] ' Font Avial Narrow
+ *mARK(1) vT e B |
[ ]
IVIr J. Citizen P oD
’ F).
. '
= v
=x
7 6 5
Legenda

1 Template properties (Vlastnosti $ablény) Choose fields (Vybrat polia)

Zadajte ndzov a velkost $ablony Ak chcete pridat alebo odstranit polia

2 Show outlines (Zobrazit obrysy) ?rl(JdZIOf/ergla,fotv?rte dialégové okno Choose
Zobrazte obrysy poli na table uprav lelds (Vybrat polia).

3 Field selection (Vyber pola) CrltTt S\t/yﬂif'f?' osen brane
Vyberte typ pola na zvyraznenie pola na table tlyv_ac € aKtuaine roziozenie na vybrane]
Uprav. Do pola zadajte ukazkovy text. aciarni

4 Text properties (Vlastnosti textu) Posuvnym ovlddanim mozZete zvacsit alebo

Nakonfigurujte vlastnosti textu pre vybraté
pole

Pozrite si tiez:

e 10.3.1 Vytvaranie, Uprava a aktivacia Sablon Stitkov

» 10.3.2 Typy informacii

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
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zmenSit ukazku ukazky

Aktualne vybraté pole — nakonfigurujte na
table Text Properties (Vlastnosti textu)
napravo. Potiahnutim policok na jednom
konci zmenite Sirku alebo celé pole
premiestnite.

Identifikator Stitka alebo Ciarovy kod -
nesmie sa zmenit velkost
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10.3.17 Vytvaranie, uprava a aktivacia sablon stitkov

Vytvorte nové Sabldny skopirovanim existujucich a ich Upravou, pripadne méZete upravit existujlce pouzivatel'ské
Sablony (ale nie predvolené Sabldny). Aktivujte Sabldnu, aby sa stala $ablénou pouZivanou pre $titky vytlacené zo
systému BOND.

e 10.3.1.1 Vytvorenie novej $ablony
e 10.3.1.2 Uprava $ablony
» 10.3.1.3 Aktivacia Sablony

10.3.1.1 Vytvorenie novej Sablony

1 Vyberte typ sklicka, pre ktoré je nova $ablona urCena.
Zobrazia sa vSetky existujuce Sablony pre typ sklicka.

2 Vyberte Sablénu, ktord cheete skopirovat (vyberte Sablénu, ktord sa najviac podoba Sabldne, ktorl chcete
vytvorit).

3 Kliknite na moznost Copy (Kopirovat).

@ Kopirovanim Sablony s Ciarovym kodom 2D sa vytvori nova ,pouzivatelska Sablona”
s Ciarovym kodom 2D.

10.3.1.2 Uprava $ablony

1 Vyberte $ablénu na lavej table a kliknite na tlacidlo Edit (Upravit).

Tabla Uprav, tlacidla a zoznamy vlastnosti na pravej strane obrazovky vdm umoznuju upravovat rozlozZenie
Sablon, ktoré sa zobrazuju na paneli Uprav.

2 Volitelne vyberte moZnost Show outlines (Zobrazit obrysy) (v ¢asti Template properties (Vlastnosti $ablény)
(hornd Gast vpravo hore)), ak chcete zobrazit hranice pola na table Gprav.

3 Zadajte ndzov Sablény v casti Template properties (VIastnosti Sablony).

@ Pre nazvy Sablon Stitkov existuje 64-znakovy limit. VSetky nazvy pouzivané v rovnakej
kategorii typov sklicok musia byt jedinecné.
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4 Upravenie rozlozenia:

a Pridajte alebo odstrénite polia - kliknite na polozku Choose fields (Vyberat polia) a vyberte vlastnosti
sklicka, ktoré sa maju zobrazit (zoznam vSetkych dostupnych vlastnosti si pozrite ¢asti 10.3.2 Typy
informdcii).

Upozorfiujeme, Ze nemdzete odstranit pole Label ID (Identifikator Stitka), ktoré sa pouziva na
automaticku identifikdciu.

b Umiestnite polia — vyberte a presunte polia na table Uprav.

¢ Zmente Sirku poli — presurite policka na oboch koncoch poli. (Vyska poli sa nastavuje podla velkosti
pisma textu.)

Ak Sirka pola, ktoru nastavite, nie je pri pouziti Sablony dostatocne dlha na hodnotu na konkrétnom stitku,
text sa skrati pripoja sa tri bodky, ktoré signalizuju, ze doslo k skrateniu.

@ Nesmiete zmenit velkost pola Label ID (Identifikétor $titka) — musi zostat v
predvolenom nastaveni, aby ho bolo mozné precitat pomocou snimac¢a modulu

spracovania.

d Nastavte vlastnosti textu - vyberte pole a nastavte jeho pismo a velkost pisma, $tyl a typ v ¢asti Text
properties (Vlastnosti textu). V tomto poli tieZ nastavte zarovnanie textu.

5 Kliknite na polozku Save (UloZit).
@ Uistite sa, Ze okolo pola Label ID (Identifikator §titka) je volny priestor. Ak do tejto oblasti zasahuje
text z akychkolvek inych poli, m6Ze to ovplyvnit automatickd identifikaciu.

10.3.1.3 Aktivacia Sablony

1 Vyberte $ablénu na lavej table a kliknite na tlacidlo Activate (Aktivovat).

Sabléna je 0znacena modrou znaCkou, ¢o znamena, Ze je teraz aktivna.
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10.3.2  Typy informacii

Sablony §titkov mozno nakonfigurovat tak, aby zobrazovali lubovolni z nasledujtcich informécif o $titkoch vybratych
z dialdgového okna Choose fields (Vybrat polia) na obrazovke Labels (Stitky).

Pole Label ID (Identifikator Stitka), ktoré sa pouziva na automaticku identifikaciu, nemozno odstrénit zo Ziadne;
Sablony. Zobrazuje sa ako 2D Ciarovy kod.

Case ID (Identifikdtor pripadu) Identifikator pripadu pre sklicko (pozn. nie ¢islo pripadu - pozrite si éast
6.3.2 Identifikdcia pripadu).

Slide created by (Sklicko Pouzivatelské meno osoby, ktora bola prihlasena do klienta pri vytvarani sklicka,
vytvoril) alebo ,LIS".
Denaturation protocol Skrateny nazov denaturacného protokolu.

(Denaturaény protokol)

Denaturation protocol 2 Skrateny nézov druhého denaturacného protokolu (méZe sa poZadovat pre
(Denaturacny protokol 2) protokoly s multiplexovym farbenim).

Dispense volume (Davkovaci  Dévkovaci objem 100ul alebo 150pl.
objem)

Doctor comment (Komentar ~ Komentar zaznamenany v systéme BOND pre odportcéajiceho lekara (pozrite si
lekdra) ¢ast 6.4 Sprava lekdrov).

Doctor (Lekar) Meno odporudcajlceho lekara.
EIER protocol (Protokol EIER)  Skrateny nézov protokolu enzymov.

EIER protocol 2 (Protokol EIER = Skrateny nézov druhého protokolu enzymov (moZe sa pozadovat pre protokoly
2) s multiplexovym farbenim).

Facility (Zariadenie) Ndzov prevddzky, ako je uvedené v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta
spravy Laboratory settings (Laboratérne nastavenia), pozrite si ¢ast
10.5.1 Laboratdrne nastavenia.

HIER protocol (Protokol HIER)  Skrateny nézov protokolu HIER

HIER protocol 2 (Protokol Skréteny nazov druhého protokolu HIER (méZe sa poZadovat pre protokoly
HIER 2) s multiplexovym farbenim).
Hybridization protocol Skrateny nazov protokolu hybridizacie ISH.

(Protokol hybridizacie)

Hybridization protocol 2 Skrateny nézov druhého protokolu hybridizacie ISH (m6Ze sa poZadovat pre
(Protokol hybridizécie 2) protokoly s multiplexovym farbenim).
LIS doctor comment V pripade systémov LIS-ip je to komentar lekara v systéme LIS.

(Komentar lekdra v LIS)
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LIS doctor (Lekar v LIS) V pripade systémov LIS-ip je to meno lekdra.
LIS reference [2-8] Vlastnosti sklicka v LIS importované do systému BOND.
(Referencia LIS [2-6] Pozrite si &ast 11.2.6 Datové polia skligka v LIS.

Marker (Znackovac) Skrateny nazov primarnej protilatky alebo sondy pre jednoduché farbenie, paralelné
multiplexové farbenie alebo prvé farbenie pre sekvencné multiplexové farbenie.

Marker 2 (Znackovac 2) Skrateny nazov primarnej protilatky alebo sondy pre druhé farbenie multiplexového
farbenia.

Patient comment (Pozndmka  Komentdr k pripadu (pozrite si éast 6.3.3 Pridanie pripadu).
0 pacientovi)

Patient (Pacient) Meno pacienta.

Preparation protocol (Protokol = Skrateny nézov protokolu pripravy.
pripravy)

Public name (Verejny ndzov)  Pre systémy LIS-ip, verejny ndzov primérnej protilatky alebo sondy (pozrite si éast
11.2.4 Nazvy verejnych znackovacov) pre jednoduché farbenie alebo prvé farbenie
multiplexového farbenia.

Public name 2 (Verejny ndzov  Pre systémy LIS-ip, verejny ndzov primérnej protilatky alebo sondy (pozrite si éast

2) 11.2.4 Nazvy verejnych znackovacov) pre druhé farbenie multiplexového farbenia.
Slide comment (Komentar Komentar k sklicku (pozrite si ¢ast 6.5.2 Vytvorenie sklicka).

k sklicku)

Slide date (Datum sklicka) Datum, kedy bol titok vytlaceny (skrateny formdt, ako je nastaveny v ¢asti Miestne

a jazykové nastavenia systému Windows (Ovladaci panel)).
Slide ID (ID sklicka) 8-miestny Ciselny identifikator sklicka jedinecny pre sklicko v ramci systému BOND.

Slide priority (Priorita sklicka)  V pripade systémov LIS-ip je to prioritné hodnotenie sklicka.

Staining mode (Rezim Jednoduché farbenie, multiplexové farbenie alebo sklicko Oracle.

farbenia)

Staining protocol (Protokol Skrateny nazov protokolu farbenia pre jednoduché farbenie alebo pre prvé farbenie
farbenia) multiplexového farbenia.

Staining protocol 2 (Protokol  Skrateny ndzov protokolu farbenia pre druhé farbenie multiplexového farbenia.
farbenia 2)

Tissue type (Typ tkaniva) Testovacie tkanivo alebo pozitivna alebo negativna kontrolna vzorka tkaniva.
Systém BOND vytlaéi,(-)" na negativne kontrolnu vzorku, ,(+)" na pozitivnu
kontrolnud vzorku a nevytlaci ni¢ na testovacie tkanivo.
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10.4 BDD

Pomocou obrazovky BDD update (Aktualizacia BDD) aktualizujte Definicie Udajov systému BOND a Bo0
generovanie suborov zaznamu z auditu.

LY

Obrdzok 10-6: Obrazovka BDD update (Aktualizacia BDD)

3

BDD update

2 File selected:

Leica Biosystems periodically distributes BOD (BOND Dzta Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents

Import status: Successful

Update log
1 23-Aug1311:30:52AM  Information  Test management Finished ’
23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Instrument management  Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Instrument management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Import SQL scripts Finished
23-Aug-1311:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug1311:31:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM Information BOD update Finished

Export audit rail 6

Legenda

1 Dennik aktualizécie BDD

HOWN

Browse (Prehladévat)

Vyhladajte subor aktualizécie BDD a otvorte ho do

pola vlavo

Pozrite si:

e 10.4.1 Aktualizacie BDD

e 10.4.2 Zdznam z auditu

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04

Vybrany subor aktualizacie BDD
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Indikator priebehu a stav aktualizacie BDD

Load (Nacitat)
Kliknutim nainstalujete subor aktualizacie BDD v poli
vlavo

Export audit trail (Exportovat zdznam z auditu)
Kliknutim vygenerujete subory zaznamu z auditu -
10.4.2 Zédznam z auditu
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10.4.1 Aktualizacie BDD

Spolo¢nost Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizacie BDD (definicie idajov BOND) pomocou webovej
lokality, napriklad na pridanie novo vydanych reagencii. Subory aktualizacii BDD pre BOND maju priponu suboru
,*.bdd". Nainstalujte tieto aktualizacie z obrazovky BDD update (Aktualizacia BDD).

nariadenia v tychto regiénoch. Nezabudnite nainstalovat spravny stbor aktualizacii pre vas region
(v dialégovom okne About BOND (Informdcie o systéme BOND) sa zobrazia informdcie o oblasti,
pozrite si ¢ast 3.9 Informdcie o systéme BOND). Ak si nie ste isti spravnym stborom, ktory chcete
pouZit, obrétte sa na oddelenie podpory zékaznika.

c POZOR: Existuju rozne subory aktualizacii BDD pre rdzne regiony sveta, ktoré odrazaju rozne

Aktualizéciu BDD moZete nainstalovat kedykolvek.

1 Stiahnite si subor aktualizacie z webovej stranky spolocnosti Leica Biosystems a uloZte ho na USB kIU¢ bez
virusov.

2 VloZte USB kIi¢ do riadiaceho zariadenia BOND alebo BOND-ADVANCE (alebo pripadne do akéhokolvek
terminalu BOND v pripade systémov BOND-ADVANCE).

3 Otvorte obrazovku BDD update (Aktualizacia BDD) v klientovi sprévy.

4 Kliknite na moznost Browse (Prehliadat) a vyhladajte subor aktualizécie v dialégovom okne Windows Open
(Otvorit).

5 Kliknutim na moznost Open (Otvorit) zobrazte subor BDD v poli v favom hornom rohu obrazovky.
6 Kliknutim na moznost Load (Nacitat) aktualizujte definicie o nové Udaje.

7 Pocas prebiehajucej aktualizacie sa spravy pisu do zaznamu Update Log (Dennik aktualizécie). V poslednom
riadku sa po dokonceni aktualizacie zobrazuje ,BDD update: Finished” (Aktualizacia BDD: dokonéend) a na
hornom paneli sa v lite postupu zobrazuje stav ,Successful’ (Uspesn).

8 Otvorte obrazovku About BOND (Informécie o systéme BOND) a skontrolujte, ¢i doslo k aktualizacii BDD na
najnovsiu verziu.

Jedinym spdsobom, ako zistit, ¢i je aktualizacia BDD Uspes$n4, je obrazovka BDD update
(Aktualizécia BDD) alebo obrazovka About (Informdcie o systéme BOND). Tento proces trva iba
niekolko minut, preto odpordéame pockat, kym sa aktualizécia nedokonéi, a potom prejst na ind
obrazovku.

Ak aktualizacia nie je Uspe$na, definicie Udajov sa vratia do stavu pred aktualizaciou a v protokole
aktualizdcii sa na tento Ucel zobrazi sprava. Ak sa aktualizacia nepodari, obratte sa na oddelenie

podpory zékaznika.
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10.4.2  Zaznam z auditu
@ Této Gast sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME. Zdznam z auditu pre systém BOND-
PRIME sa zaznamena do spravy servisného dennika.

MozZete vygenerovat zéznam z auditu vSetkych zmien v systéme vratane toho, kto a kedy zmeny vykonal. Zadznam
z auditu sa zapisuje do viacerych suborov CSV, z ktorych kazdy zaznamendva inu kategdriu informacii. Subory sa
zapisuju do priecinka: BOND Drop-box\Audit\RRRRMMDD-HHmMmss na riadiacom zariaden.

Vytvorenie suborov zaznamu z auditu:

1 Otvorte obrazovku BDD update (Aktualizécia BDD) a kliknite na poloZku Export audit trail (Exportovat zdznam
z auditu).

2 Zvolte moznost All data (VSetky Udaje) na nahldsenie v8etkych zmien v priebehu celej Zivotnosti systému
alebo Custom date range (Vlastny rozsah ddtumov), aby ste mohli definovat konkrétne obdobie, a potom
definujte datumy a ¢asy From (0d) a To (Do).

3 Kliknite na polozku Export (Exportovat).

10.5 Nastavenia

Na obrazovke Settings (Nastavenia) sa nachadzaju vSeobecné laboratérne nastavenia pre systém BOND
(Laboratory settings (Laboratdrne nastavenia)) a predvolené nastavenia pripadu a skli¢ok a moZnosti
pracovného toku (Case and slide settings (Nastavenia pripadu a sklicka)).

e 10.5.1 Laboratdrne nastavenia
» 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka

» 10.5.3 Zalohy databazy

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 250



Kapitola 10 Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND)

10.9.

1

Laboratorne nastavenia

Nastavte v§eobecné laboratérne moZnosti na table Laboratory settings (Laboratérne nastavenia):

Obrézok 10-7: Obrazovka Settings (Nastavenia) tabla Laboratory settings (Laboratérne nastavenia)

Settings
Laboratory settings Laboratory settings
Case and slide seftings Facility: 'I
Play welcome 2
Always dip test (BOND-IIl and BOND-MAX only)
Reagent systems. 3
Uﬁzrinadiviw-ﬁhnn 15 (minu‘eﬁ) 4
User inactivity - long 180 (minutes)
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) 14:00 B 5
6
Last backup: 26/10/2025 14:00 7
Export de-i (with data
' Active database Archived database backups Export 8
Legenda

1 Facility (Zariadenie) 5 24-hr scheduled backup at (hrs) (24-hodinové
Zadajte ndzov svojho laboratdria, aby sa pldnované zélohovanie o (h))
zobrazil v spravach Nastavte ¢as na automatické spustanie

2  Play welcome (Prehrat uvitanie) Ejennych zalo? dat?bizq(gt_gogl'?og y format
Prehrd sa uvitacia sprava pri spusteni softvéru zafut)), pozrite St cast 11.9. ~alony
BOND atabazy.

3 Always dip test (Vzdy vykonat testovanie 6 Back up now (Zalohgvat teraz) ,
namotenim) Okamzite spustite zélohu databazy -
Skontrolujte, ¢i sa pred kazdym cyklom 10.5.3 Zalohy databazy.
namocia nadoby na reagencie Specifikovanych 7 Informdcie o poslednej zalohe alebo indikdtore
typov - pozrite si ¢ast 8.3.1 Stanovenie priebehu pocas zalohovania.
objemu reagencie 8 Export de-identified database (Exportujte de-

4  Userinactivity (NeCinnost pouZivatela) identifikovand databazu)

Len BOND-PRIME.

Short (Krétka)- nastavte dobu necinnosti
(minUty), po ktorej musi pouzivatel znova
zadat svoj PIN kéd.

Long (DIhd)- nastavte obdobie necinnosti
(minuty), po ktorom sa pouzivatel musi znova
prihlasit.
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Vyberte, ¢i chcete exportovat de-
identifikované udaje z aktivnej databdazy alebo
70 zalohy databazy.
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10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka

Nastavenia pripadu a sklicka umozZnuju nastavit:

» predvolené hodnoty pre mnozstvo konfigurovatelnych hodn6t v pripade vytvarania pripadov a sklicok,

e moznosti pracovného toku pri vytvoreni pripadu a sklicka.

Opisy moznosti pripadu a sklicka si pozrite na Obrazok 10-8 a Obrazok 10-9.

Obrdzok 10-8: Nastavenia pripadu na table Case and slide settings (Nastavenia pripadu a sklicka)

Case settings

Default preparation:
Default dispense volume:
Create impromptu cases or slides:

Processed case lifetime:

= W R =

Create daily case

"Dewax n
Cases and shdes '

30/ (days)

Legenda

1 Default preparation (Predvolend priprava)
Predvoleny pripravny protokol pre nové pripady.

2 Default dispense volume (Predvoleny objem
dévkovania)
Predvoleny objem dédvkovania pre nové pripady.

3 Create impromptu cases/slides (Vytvorenie
improvizovanych skli¢ok pripadov/skli¢ok)
Nastavte moznosti na vytvaranie pripadov a/alebo
sklicok po vloZeni skliok — pozrite si ¢ast
6.8.2 Moznosti identifikdcie sklicok v systéme.

Pozndmka: Nevztahuje sa na moduly spracovania
BOND-PRIME.
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Processed case lifetime (Zivotnost spracovaného
pripadu)

Pocet dni, pocas ktorych pripad zostane na
obrazovke Slide setup (Nastavenie skli¢ka) sklicka
po spusteni posledného sklicka v pripade - pozrite
si Gast 6.3.4.2 Zivotnost spracovaného pripadu.

Create daily case (Vytvorenie denného pripadu)
Automaticky vytvorte jeden pripad denne pre vSetky
sklicka spracované v ten den - pozrite si éast

6.3 Praca s pripadmi.
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Obrdzok 10-9: Nastavenia sklicka na table Case and slide settings (Nastavenia pripadu a sklicka)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID v Barcode
Legenda
1 Staining mode (Rezim farbenia) 3 Force printing in BOND (Vyn(itend tla¢ v systéme)
Predvolené nastavenie pre nové sklicka — pozrite si Na spracovanie povolte iba sklicka so Stitkami
6.5.2 Vytvorenie sklicka. vytlacenymi v systéme BOND- pozrite si ¢ast
2 BOND label ID (Identifikator &titka BOND) 6.8.2 Moznosti identifikacie skliCok v systéme.
Identifikatory Stitkov pre sklicka vytvorené v Pozndmka: Nevztahuje sa na moduly spracovania
systéme BOND su 2D Ciarové kody. BOND-PRIME.

10.5.3 Zalohy databazy

Databdza uklada kritické informdcie o pacientovi a je nevyhnutna pre spravne fungovanie systému BOND, aby sa
zabezpecilo, Ze sa mbZete obnovit v pripade poskodenia databdzy, systém BOND md systém automatickych a
manualnych zéloh:

 automatické denné zalohy,
» ,manualne’, zélohy na poziadanie.
VSetky zdlozné subory su ulozené na riadiacom zariadeni BOND v podadresaroch adresara:
B:\BOND Drop-box\Backups
Pre kazdy typ zalohy sa vygeneruju dva subory, vzdy s rovnakym formatom nazvu:
[N&zov zariadenia]_BOND_RRRR-MM-DD-HH-mm-ss

kde sa ndzov zariadenia zaddva v klientovi spravy na obrazovke Settings (Nastavenia) (pozrite si ¢ast

10.5.7 Laboratdrne nastavenia) (alebo sa predvolene nastavi na ,Facility” (Zariadenie), ak nie je zadany nédzov
zariadenia). Nazov obsahuje datum a ¢as spustenia zalohy. Hlavny zéloZny sibor mé priponu ,.dump” a existuje aj
protokolovy subor s priponou,.log".

Automaticka denna zéloha sa spusti v ¢ase nastavenom v klientovi spravy na obrazovke Settings (Nastavenia)
(10.5.7 Laboratdrne nastavenia). Posledna zaloha je v priedinku ,Scheduled_Latest". Po spusteni zalohovania na
nasledujuci den sa presunie do priecinka ,Scheduled_1_Days_0Id", a ndsledne na dalSich Sest dni (do priecinka
,Scheduled_7_Days_0ld"), po ktorom sa odstrani.

Ak je riadiace zariadenie BOND vypnuté v naplanovanom case zalohy, zaloha sa nespusti. Uistite sa, ze ste nastavili
¢as, kedy bude riadiace zariadenie zapnuté a kedy je nepravdepodobné, Ze bude prebiehat spracovanie.
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Manuadlne zalohovanie mézete spustit kedykolvek (okrem pripadu, ked je spustené automatické zélohovanie) z klienta
spravy na obrazovke Settings (Nastavenie). Kliknite na polozku Back up now (Z&lohovat hned) v ¢asti Database
backup (Zalohovanie databazy) (pozrite si ¢ast 10.5.1 Laboratorne nastavenia).

Po dokonceni zalohovania sa zobrazi dialdgové okno. Subory zaloh a dennikov sa ukladaju do priecinka ,Manual®. Pri
nasledujucom manudlnom zdlohovani sa subory prenesu do priecinka ,Manual_Previous”. Subory sa vymazu po tretej
manualnej zalohe — 1. . ulozia sa iba dve posledné manualne zalohy.

Ak sa nepodari Uspe$ne dokongit niektory typ zélohy, na pravej strane panela funkcii v klientovi spravy a X
klinickom klientovi sa zobrazi ikona (vpravo). Ikona zostdva, kym sa nespusti ispe$né zalohovanie. Ak sa

ikona zobrazi, 6o najskor sa pokuste o manuélne zélohovanie. Ak sa nepodari ani to, okamzite sa obratte ‘=
na oddelenie podpory zakaznika.

Najma v pripade starSich systémov BOND, v ktorych bude nahromadenych viac udajov, ob¢as skontrolujte, Ci je k
dispozicii dostatok miesta pre zalozné subory. ZvyCajne sa jeden zalozny subor odstrani, ked sa zapiSe novy, takze
vyuZitie jednotky sa zvySiiba v relativne malych prirastkoch. V uréitom okamihu v8ak budete potrebovat dalSie miesto
na disku. V takom pripade sa obratte na oddelenie podpory zdkaznika.

Pre vacSiu bezpeénost pravidelne zalohujte zéloZné stbory na iné miesto (mimo riadiaceho zariadenia BOND). Ak je
to mozné, zabezpecte spolu so svojim oddelenim IT automatické zalohovanie. Ak nie, skopirujte subory manualne raz
tyZzdenne (CastejSie pre laboratérid s vysokymi obratmi). Riadiace zariadenie BOND prevadzkuje zabezpeceny FTP
server, aby sa oddelenie IT mohlo prihlasit a stiahnut zaloZné subory z prie¢inka prostrednictvom zabezpe¢eného FTP
systému BOND.

Ak potrebujete obnovit databdzu, obratte sa na oddelenie podpory zdkaznika.
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10.6 Hardver

Na konfigurédciu modulov spracovania, suborov (skupin modulov spracovania ovladanych z jedného klienta) a  JGEEEES

tladiarnf Stitkov sklicok pouZite obrazovku Hardware configuration (Konfiguracia hardvéru). &
Konfigurdcia hardvéru sa vykondva na troch kartach:

e 10.6.1 Moduly spracovania

e 10.6.2 Subory

¢ 10.6.3 ZnacCkovace sklicok

10.6.1  Moduly spracovania

Zobrazte moduly spracovania v systéme BOND a nakonfigurujte ich nadoby na nebalené reagencie na karte
Processing modules (Moduly spracovania).

Ked je modul spracovania fyzicky pripojeny k riadiacemu zariadeniu BOND pomocou sietového kdbla, automaticky sa
objavi v lavej asti karty Processing modules (Moduly spracovania).

pripojeny nekompatibilny modul spracovania, zobrazi sa ikona a chybové hldsenie (pozrite si tabul'ku

‘ Riadiace zariadenie BOND umozni pripojenie iba kompatibilnych modulov spracovania. Ak je
ikon a vyznamov na nasledujlcej strane).

Vyberte modul spracovania, aby sa jeho podrobnosti zobrazili na pravej strane karty. Zadajte pre modul spracovania
jedineény nazov a ak je to potrebné, zakazte niektoré nadoby na nebaleny materidl (pozrite si ¢ast

10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie). Ked tieto nastavenia uloZite, modul spracovania sa povazuje za
,uvedeny do prevadzky".

Zostane na karte, a to aj vtedy, ked je vypnuty alebo odpojeny, kym ho nevyradite z prevadzky (pozrite si ¢ast
10.6.1.2 Vyradenie modulu spracovania z prevadzky).
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Obrazok 10-10: Karta Processing modules (Moduly spracovania) na obrazovke Hardware configuration (Konfigurécia

hardvéru)
1 2 3
Hardware configuration
Processing modules Pods; Slide labellers

3210123

ﬂii BOND-Ill . Bulk reagent configuration has been defined for the procssing module.
EEND-\I] #1
M210178 Serial N° 3210123
BOND-MAX
M212025 |P Address: 10.252.10.2:111

G | Eonoaxa Type BONDI
M212053 Bulk container configuration
BOND-MAX

@ BOND-MAX #3 - — — - — — — - —
Oooooooaoaan

g. 7o . v

Ly [ “Dewa DI iBWash |  ‘clkiest [l ‘BikWast “ER

TH_Max

g 1 23 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7

Legenda
1 VSetky pripojené moduly spracovania. 6 Maintenance complete (Udrzba je dokoncend)

Kliknutim obnovite deri a pocet sklicok po
preventivnej Udrzbe - pozrite si ¢ast Preventivna
Udrzba a 12 Cistenie a idrzba (len BOND-IIl a
BOND-MAX).

7  Save (UloZit)
Ak chcete uviest do prevadzky novo pripojeny
modul spracovania, musite uloZit konfiguracné

2 Aktualne vybrany modul spracovania -
podrobnosti st zobrazené na pravej strane
obrazovky.

3 Sériové ¢islo, ndzov (upravitelny), IP adresa a typ
modulu spracovania pre vybrany modul
spracovania.

4 Decommission (Vyradenie z prevédzky) nastavenia. Ak chcete ulozit konfiguratné
Vyradte vybrany modul spracovania z prevadzky nastavenia modulu spracovania, musite sa najprv
= pozrite si ¢ast 10.6.1.2 Vyradenie modulu presvedCit, i st vetky jeho zostavy na farbenie
spracovania z prevadzky. skliGok odomknuté.

5 Konfiguracia nadoby na nebaleny materidl -
mozete zrusit zadiarknutie niektorych stanic, ak
sa nebudu pouzivat - pozrite si Gast
10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie
nizsie.

Poznamka: Nevztahuje sa na moduly spracovania
BOND-PRIME.
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lkony vedla snimok modulov spracovania na lavej table oznacuju, kedy st moduly v réznych stavoch:

I S T

_E';_ Modul spracovania nie je pripojeny. @ Modul spracovania prechddza udrzbou.

Této ikona sa zobrazi (spolu s chybovou
spravou), ak je pripojeny modul
spracovania nekompatibilny so
systémom BOND.

prijata modulom spracovania. Kliknutim
na tlacidlo Save (Ulozit) odoslite
konfiguraciu.

Modul spracovania sa spusta. @ Konfigurdcia nebalenej reagencie nebola

Na module spracovania momentalne ] Konfigurdcia nebalenej reagencie bola
prebiehaju opravy. l i prijata modulom spracovania.

® |||

10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie

‘ ‘ Této sekcia sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Laboratorig, ktoré nevykondvaju ziskavanie epitopov a/alebo odvoskovanie na systéme BOND m6zu deaktivovat
nadoby v softvéri a odstrénit prislusné nddoby z modulu spracovania. Nadoby sa potom nemusia udrZiavat s
reagenciou vlozenou v nich a inicializacia modulu spracovania sa urychli, pretoze privody tekutin do nadob nie su
preplachované. Ak chcete zakédzat nddoby na nebaleny materidl, zruste ich zadiarknutie na table Bulk container
configuration (Konfigurdcia nddob na nebaleny materidl) a kliknite na moznost Save (Ulozit). Po zobrazeni vyzvy
reStartujte modul spracovania, aby sa zmeny prejavili. Deaktivované nddoby moZete odstranit alebo ich nechat v
module spracovania na svojom mieste.

10.6.1.2 Vyradenie modulu spracovania z prevadzky

Ak uZ nepotrebujete modul spracovania, vyradte ho z prevadzky a odpojte ho na karte Processing module (Modul
spracovania). Uistite sa, Ze je modul spracovania vypnuty, vyberte ho na karte Processing modules (Moduly
spracovania) a kliknite na polozku Decommission (Vyradenie z prevadzky). Ak je modul spracovania stéle v stbore, po
vyradeni z prevadzky sa automaticky odstrani z modulu.

Ak chcete znova spracovat modul spracovania, znova pripojte jeho sietovy kabel.
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10.6.2 Subory

Subory su kolekcie modulov spracovania (a tlaciarni Stitkov skligok), ktoré je mozné ovlddat z jedného klinického
klienta — pozrite si ¢ast 3.1 Architektura systému. Vytvorte subor aj pre instaldcie s jednou stanicou, kde su vSetky
moduly spracovania ovlddané z riadiaceho zariadenia BOND. Vytvérajte a upravujte stbory na table Pods (Subory)

Obrdzok 10-11: Karta Pods (Subory) na obrazovke Hardware configuration (Konfigurdcia hardvéru).

1 2

Haidware configuration

Procdssing modules Pods Slide labellers

Wats
Q" @ Pod2 Allocated processing modules
H_
= BOND-II
3 wind TH B3
o’ Pou3 %i T
& P o
Fire
a’q Pod1

Allocated slide labellers

=), ZDesigner TLP 3822

Available processing modules
M212025
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4

\\\\\\

Available slide labellers

Legenda

Zoznam vSetkych suborov

Moduly spracovania vo vybranom subore.
Rovnakeé poradie sa pouziva u klinického
klienta - pozrite si ¢ast 10.6.2.1 Vytvorenie
noveho suboru nizsie.

Ndzov a opis (oba polia upravitelné) vybratého
suboru.

VSetky moduly spracovania, ktoré nie su v
suboroch.

VSetky znackovace sklicok, ktoré nie su v
suboroch.
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Zasunte tlaCiarne Stitkov sklicok do vybraného
suboru. Predvolena tlaciaren je oznacena
modrou znackou zaciarknutia - pozrite si éast
10.6.2.1 Vytvorenie noveho suboru nizsie.

Aktudlne vybrany subor - detaily su zobrazené
v pravej Casti obrazovky.

Add pod (Pridat subor)

Kliknutim nakonfigurujete novy subor —
pozrite si ¢ast 10.6.2.1 Vytvorenie nového
suboru nizsie.

Odstranit

Kliknite pravym tlacidlom mysSi na prazdny
stbor a kliknutim na prikaz Delete (Odstranit)
ho odstrante.
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Ak chcete spristupnit moduly spracovania na zahrnutie do suboru, nakonfigurujte ich na karte Processing modules
(Moduly spracovania) (pozrite si ¢ast 10.6.1 Moduly spracovania). Ak chcete Stitky skliok spristupnit na zaradenie do
stiboru, nakonfigurujte ich na karte Slide labelers (Znackovace sklicok) (pozrite si ¢ast 10.6.3 Znackovace sklicok).

10.6.2.1 Vytvorenie nového suboru

1 Kliknite na mozZnost Add pod (Pridat stbor).
2 Zadajte jedinecny ndazov suboru a volitelny opis.

3 Na table Available processing modules (Dostupné moduly spracovania) (vpravo hore) vyberte moduly

spracovania a kliknutim na tlacidlo so Sipkou dolava ich pridajte do tably Allocated processing modules
(Pridelené moduly na spracovanie) (viavo hore).

Ak pridavate viac modulov spracovania, pridajte ich v poradi, v akom chcete, aby sa karty zobrazili v klinickom
klientovi, napr. ak vyberiete modul spracovania A ako prvy a modul spracovania B ako druhy, A sa objavinad B
na table a na kartach System status (Stav systému) klientov pripojenych k stboru. Ak chcete zmenit poradie

modulov spracovania, vyberte ich pomocou tlacidla so Sipkou doprava a potom ich pomerite v spravnom
poradi.

4 \Vlyberte jeden alebo viac tlagiarni §titkov sklicok na table Available slide labelers (Dostupné znackovace
sklicok) (vpravo dole) a pridajte ju do tably Allocated slide labelers (Pridelené znackovace sklicok) (viavo dole).

Ak pridate viac tlaciarni, pri tlaci sklicok su na vyber k dispozicii vSetky. Nastavte predvolenu tlaciaren kliknutim
pravym tladidlom mysi a kliknutim na moZnost Set as default printer (Nastavit ako predvolend tlaciarer).
Predvolena tlaciaren ma modru znacku zaciarknutia.

5 Kliknite na polozku Save (UloZit).

Ak chcete odstranit modul, odstrarite vSetky moduly spracovania a tlaciarne a potom kliknite pravym tlagidlom mysi
na subor v [avej table a kliknite na poloZku Delete (Odstranit).
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10.6.3 Znackovace sklicok

Znackovade sklitok pouZivané systémom BOND musia byt lokalizované, identifikované a aktivované v klientovi spravy
na obrazovke Hardware configuration (Konfigurdcia hardvéru), na karte Slide labelers (Znackovace skli¢ok). Vdaka
tomu su dostupné na zaradenie do stborov (pozrite si ¢ast 10.6.2 Subory).

Obrézok 10-12: Karta Slide labelers (Znackovace sklicok) na obrazovke Hardware configuration (Konfiguracia

hardvéru)
Hafdware configutation
Prockssing modules Pods| Slide labellers
B ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842

Printer name: ZDesigner TLP 3842

E ZDesigner TLP 3842 Host name:

Printer type: Zebra TLP3842 -

=
4
Legenda
1 Zoznam vsetkych znackovacov sklicok. 3 Podrobnosti o tlaciarnach stitkov sklicok -

pozrite si ¢ast 10.6.3.1 Podrobnosti o

2 Aktudlne vybrany znaCkovac sklicok — detaily tladiarach &titkov sklicok nizsie

su zobrazené v pravej ¢asti obrazovky.
4 Add printer (Pridanie tlaciarne)

Kliknutim pridate novy znackovac sklicok —

nakonfigurujte ho v pravej Casti obrazovky.

Ak chcete spristupnit novo pripojeny znackovac skli¢ok na zaradenie do suboru, kliknite na ikonu Add printer (Pridat
tlaciaren) a potom zadajte podrobnosti o tladiarni na pravej strane obrazovky.
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@ Nie vSetky inStalacie maju subory. Ak nie st k dispozicii ziadne subory, predvolena tlaciaren je prva
tlaciaren v zozname.

@ Ak sa znackovac sklicok vymeneni, nemusite pridat novy znackovac¢ — podrobnosti pévodného
znackovaca mozete nahradit idajmi nového znackovaca.

Ak chcete znackovat zo zoznamu odstranit, kliknite nan pravym tlacidlom mysi a vyberte poloZku Delete (Odstranit).

10.6.3.1 Podrobnosti o tlaciarmach stitkov sklicok
Systém BOND vyzaduje pre kazdu tlaCiaren Stitkov skliCok nasledujuce podrobnosti:

« Display name (Zobrazeny ndzov): ndzov pre znackovac, ktory sa objavi v softvéri BOND

« Printer name (Ndzov tlagiarne): ndzov tlaciarne pouzivany systémom Windows
@ Nazov tlaciarne v intalacii BOND-ADVANCE je vlastne tlaciarefi Share name (Nézov zdielania)
zobrazend v systéme Windows v dialégovom okne Printers and Faxes (Tlaciarne a faxy).

« Host name (Meno hostitela): nechajte prazdne, ak sa nepouziva tlaciaren Zebra (napr. ZDesigner TLP 3842) v
inStaldcii BOND-ADVANCE, inak zadajte polozku Computer name (Nazov poditaca) termindlu, ku ktorému je
pripojeny znackovac sklicok.

@ Computer name (Nazov poéitaca) ndjdete v systéme Windows v dialégovom okne System (Systém)
(pozrite si Obrazok 10-13).

Obrédzok 10-13: Nazov pocitaca v dialdgovom okne systému Windows

Compaster name, domsin, ared workgroup setings
[ computer name: CRAFISTL | # Change setengs
*Full computer neme: CRRFETL
Computer descripton: Leica BOND Terminal PC [Leica 50MD]
Workgroup: LExcA

« Printer type (Typ tladiarne): model tlaciarne (napr. ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Tlac testovacich stitkov
Kontrola zarovnania tlace: Labels
1 Otvorte obrazovku Labels (Stitky) v klientovi sprévy.

2 Vyberte $titok na favom paneli a kliknite na tlacidlo Print (Vytlacit).
Obrazok 10-14: Tlac testovacieho Stitku

Label templates

Slide type: BOND single stain - Slide label designer
E ‘BDND gl stain 2D Template properties.
BOND singl sain 20_1 Template name:  BOND single sta
Units: Millmeters

| 12345678 .
12/12/2016 |

;\/Ir J CTQBRK (1)
. J. UllIZ "
#IHC A (+) :

:
=3 E3 3 3

3 Vdialégovom okne Select a Printer (Vyberte tlaciaren) vyberte prislusnu tlaciaren a kliknite na tlacidlo Print
(Vytlagit).

4 Krok 3 zopakuijte trikrat az patkrat. Uistite sa, Ze su vSetky znaky jasne a presne vytlacené na Stitku.

5 Ak poloha snimky na §titku nie je spravna, pozrite si ¢ast Uprava kalibracie tlaciarne Zebra (Sekcia 10.6.3.3 na
strane 262) alebo Uprava kalibréacie kognitivnej tlaciarne (Sekcia 10.6.3.4 na strane 267).

10.6.3.3 Uprava kalibracie tlaciarne Zebra

Nasledujuci postup plati pre obidva typy tlaCiarni Zebra: TLP 3842 alebo GX430t. Existuju urcité
rozdiely, ktoré su opisané v prislusnych nastaveniach.

‘ ‘ V pripade instalacie BOND-ADVANCE vykonajte nasledujuci postup na terminali BOND-ADVANCE.

1 Na paneli tloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost Devices and Printers
(Zariadenia a tlaciarne).
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2 Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne (napr. ZDesigner TLP 3842) a vyberte moznost Printer

Properties (Vlastnosti tlaciarne).

Systém zobrazf dialégové okno Printer Properties (Vlastnosti tladiarne) zndzornené na Obrazok 10-15.

Obréazok 10-15: Vlastnosti tlaciarne

= ZDesigner TLP 3242 Properties *
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fornts  About
General Sharing Ports Color Management Security

)

ZDesigner TLP 3842

Location: | |
Comment:
Model: ZDesigner TLP 3842

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: No BOMD Slide Label

Staple: Unknown User defined

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences... Print Test Page
Cancel Apply Help

3 Vyberte kartu Advanced (Pokrocilé).

Obrazok 10-16: Vlastnosti tlaciarne -

karta Advanced (Pokrogilé)

Pricrity:

Driver: ZDesigner TLP 3842

[l ZDesigner TLP 3842 Properties X
Prirter Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fomts  Command Forts  About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

e Mew Driver...

(O Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

() Print directly to the printer

(®) Spool print documents so program finishes printing faster

[JHold mismatched documents
Print spooled documents first
[IKeep printed documents

1 Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processaor...

Separator Page...

Ppply Help
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4 Kliknite na ikonu tlacidlo Printing Defaults... (Predvolené hodnoty tlace...).

Systém zobrazi dialégové okno Printer Defaults (Predvolené moZnosti tlagiarne) znazornené na Obrazok

10-17.

Obrazok 10-17: Predvolené moznosti tlaciarne
@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults X
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import./Export settings Toolz About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Printer Memory

Settings

Speed: &0 w | mm/s

Darkness: 7 w

[St_ocks: User defined V]
Paper Format

Oem I'Eq (®) portrait

7BC (O landscape

Oneh NI fA potate 180"
Size

i

Height: 15.50
Unprirtable Area

P

Cancel Eoply Help

Tento dokument sa tyka nastaveni tlaCiarne v milimetroch. Preto nastavte format papiera na mm.

5 Zrozbalovacieho zoznamu Stocks (Zasoby) vyberte moznost ,BOND Slide Label” (Stitok sklitka BOND).
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6 Kliknite na kartu Stocks (Zasoby).

Obrdzok 10-18: Predvolené moZnosti tlace — karta Stocks (Zasoby)

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About

Ciptions Advanced Setup Dithering Stocks Prirter Memary

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock deseription

BOND Slide Label

Description

Define your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores |abel dimensions and some printer settings.

Cancel Bpply Help
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7 Kliknite na tlacidlo Change... (Zmenit...).

Systém zobrazi okno Define Stock (Definovat zasoby), ako je to znazornené na Obrazok 10-19.

Pred zmenou nastaveni sa odporuca vratit tlaciaren na predvolené nastavenia, ako je to uvedené v tabulke

nizSie, a vytladit niektoré testovacie Stitky.

Sirka titka 24.00 mm 40.00 mm
VySka Stitka 15.50 mm 15.00 mm
Nepotlacitelnd oblast - viavo 0.00 mm 4.50 mm
Nepotlacitelnd oblast - 1.50 mm 0.00 mm
vpravo

Obrdzok 10-19: Dialdgové okno Define Stock (Definovat zasoby)

Define Stock 7 x

MName

BOND Slide Label

Cptions

Darkness 7 v

Speed 1] W | mm/s
Dimensions

Label Width mm
Labe Heh m

Unprintable Area

:

Right:

« Ak je lavy okraj orezany, mierne zniZte hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area (Nepotlacitelnd

oblast), napriklad z 1.50 mm na 1.0 mm.

Ak je pravy okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area
(Nepotladitelnd oblast), napriklad z 1.50 mm na 2.0 mm.

8 Kliknite na tlacidlo OK.

Systém BOND PouZivatel'ské prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

266



Kapitola 10 Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND)

9 Opakujte tla¢ a nastavenie $titkov, az kym §titok nie je prijatelny (nezostrihne sa Ziaden text).

@ Po kliknuti na tlacidlo OK sa moze zobrazit chybové hldsenie Stock name already used by
system form database (Nazov zésob uz pouzity v databaze systémovych formularov). V
tomto pripade upravte pole Name (N&zov) v dialégovom okne Define Stock (Definovat

zésoby), ako je to uvedené na Obrazok 10-20, potom kliknite na tlacidlo OK.

Obrazok 10-20: Premenovanie zasoby Stitkov

Define Stock 7 >

Mame

BOND Slide Label 1

Options

Speed 50 w | mm/Ss

10.6.3.4 Uprava kalibracie kognitivnej tlagiarne

V pripade inStalacie BOND-ADVANCE sa prihlaste do riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE ako BONDDashboard. Ak
je ovladaci panel aktualne zobrazeny, stlacte tlaCidlo Alt + F4 a zatvorte ho.

1 Na paneli tloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost Devices and Printers
(Zariadenia a tlaciarne).

2 Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne (napr. Cognitive Terminal 1 (Terminal Cognitive 1)) a vyberte
moznost Printer Properties (Vlastnosti tlagiarne).

Obrazok 10-21: Vyberte polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne)

See what's printing

Q Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Cognitive
Terminal 1 Create shortcut

E;' Remove device

Troubleshoot

Properties

Nevyberajte moznost Printing Preferences (Predvolby tlace). Dialégové oknd su podobné, ale

nastavenia sa neaktualizuju spravne.
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Systém zobrazi dialégové okno Cognitive Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne Cognitive) zndzornené na

Obrazok 10-22.

Obrdzok 10-22: Vlastnosti tlaciarne Cognitive

[ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties

Printer Settings ~ Stocks  language  Barcode Fonts ~ Command Fonts  About
General Sharing Ports Color Management Security

s

=
== |Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties |
Location: | |
Comment:
Model: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: Mo User defined ~

Staple: Unknown 0.75x0.75 inch

115x% 1 inch
Speed: Unknown 1.2x%1inch
Maximum reselution: 300 dpi 1.25x 2 inch v
Preferences... Print Test Page
Cancel Epply Help

3 Vyberte kartu Advanced (Pokrocilé).

Systém zobrazi kartu Advanced (Pokrocilé), ako je to zndzornené na Obrazok 10-23.

Obréazok 10-23: Karta Advanced (Pokrocilé)

= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties

Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts
General Sharing Parts Advanced

Priority: 1 =

Driver: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT

Color Management Security

*

Command Forts ~ About

v Mew Driver...

(® Spool print documents so program finishes printing faster

(D) Start printing after last page is spocled
(®) Start printing immediately

() Print directly to the printer

[ Held mismatched documents
Print spooled documents first

[ Keep printed documents

[ Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor...

Cancel

Separator Page...

Apply Help
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4 Kliknite na ikonu tlacidlo Printing Defaults... (Predvolené hodnoty tlace...).

Systém zobrazi dialégové okno Printer Defaults (Predvolené moZnosti tlagiarne) znazornené na Obrazok
10-24.

Obrazok 10-24: Dialégové okno Printing Defaults (Predvolené moznosti tlace)

= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Settings
Speed: Low
Darkness: 100
Stocks: [ BOND Side Label v
Paper Format
Oem (®) portrait
() landscape
Oinch mtate 1807
Size
Width: 2200
Height: 15.00
Unprintable Area
Left: 0.00 Taop: 0.00
Right: 0.00 Bottom: 0.00

Cancel Aoply Help

Tento dokument sa tyka nastaveni tlaciarne v milimetroch. Preto nastavte format papiera na mm.

5 Z rozbalovacieho zoznamu Stocks (Zasoby) vyberte moznost ,BOND Slide Label (Stitok sklitka BOND).
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6 Kliknite na kartu Stocks (Zasoby).

Obrdzok 10-25: Predvolené moZnosti tlace — karta Stocks (Zasoby)

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

X

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock description

BOND Slide Label

Description

Diefine your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores label dimensions and some printer settings.

0K Cancel Apply Help
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7 Kliknite na tlacidlo Change... (Zmenit...).
Systém zobrazi dialégové okno Define Stock (Definovat zasoby), ako je to zndzornené na Obrazok 10-19.

Obrézok 10-26: Dialdgové okno Define Stock (Definovat zasoby)

Define Stock ? e

Name

BOND Slide Label

Ciptions
Darkness 300 ~
Speed Low w
Dimensions
abel it ™
Label Height 15.00 mm

Unprintable Area
Left:

« Ak je lavy okraj orezany, mierne zniZte hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area (Nepotlacitelnd
oblast), napriklad z 0.50 mm na 0.30 mm.

Ak je pravy okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area
(Nepotladitelnd oblast), napriklad z 0,50 mm na 0,70 mm.

« Ak je horny alebo dolny okraj odrezany, pozrite si ¢ast Uprava zvislej polohy $titka na tlaciarni Cognitive
Cxi (Sekcia 10.6.3.5 na strane 273).
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8 Kliknite na tlacidlo OK.

@ Po kliknuti na tlacidlo OK sa moze zobrazit chybové hldsenie Stock name already used by
system form database (Nazov zésob uz pouzity v databaze systémovych formularov). V
tomto pripade upravte pole Name (Nazov) v dialégovom okne Define Stock (Definovat

zésoby), ako je znédzornené na Obrazok 10-27, potom kliknite na tlagidlo OK.

Obrazok 10-27: Premenovanie zasoby Stitkov

Define Stock ? >

MName

BOND Slide Label 1

COptions
Darkness 300 "

Speed Low e

9 Vytlacte Stitok a skontrolujte vysledok. Opakujte postup, aZ kym Stitok nie je prijatelny (neoreZe sa Ziaden text).
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10.6.3.5 Uprava zvislej polohy $titka na tlaciarni Cognitive Cxi

Ak je poloha titku prili§ vysoko alebo nizko, v dialégovom okne Printing Defaults (Predvolené nastavenia tlace)
vyberte kartu Advanced Setup (Rozsirené nastavenie), ako to znézorfiuje Obrdzok 10-28.

Obrazok 10-28: Karta Advanced Setup (Roz$irené nastavenie)

=0 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Print Mode

() Direct Themal (®) Themmal Transfer
Sensor Type

(®) Gap () Black Bar () None
Present Label

[ Disabled

Distance Advance inch

Distance Reverse 1.00 inch
Cutter/Peeler Options

Enable Cutter Enable Peeler Mode

Full Cut After Every Label

Settings

[] Disable Settings Sent to the Prirter

Print Resolution o | DP
Graphic Options

() Direct Print
Export Label Format to Printer

(O RAM (® FLASH

Delimiter: MNone

Mare Settings

oo | [ oy | [ o

 Akje horny okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Distance Advance (Vzdialenost vopred) v ¢asti Present Label
(Sucasny stitok) napriklad z 0.00 mm na 1.00 mm.

Ak je spodny okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Distance Reverse (Vzdialenost dozadu) v ¢asti Present
Label (Sucasny $titok) napriklad z 0.00 mm na 1.00 mm.

« Pouzite Upravy iba na jedno nastavenie. Ak uz existuje hodnota v ¢asti Distance Advance (Vzdialenost vopred)

a spodny okraj je orezany, znizte hodnotu Distance Advance (Vzdialenost vopred), a nezvysujte hodnotu
Distance Reverse (Vzdialenost dozadu). Jedna hodnota zostava na nule a druhd hodnota riadi polohu.

1 Kliknite na tlacidlo OK.

2 Vytlacte Stitok a skontrolujte vysledok. Opakujte postup, az kym Stitok nie je prijatelny (neoreZe sa Ziaden text).
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riadiacom zariaden)

Volitelny integracny balik LIS (LIS-ip) BOND pripaja systém BOND k akémukolvek kompatibilnému laboratérnemu

ik LIS (na BOND

informaénému systému (LIS). Balik LIS-ip odovzda informdcie o pripade a skli¢ku zo systému LIS do systému BOND a
systém BOND vrati informdcie o spracovani cez balik LIS-ip do systému LIS.

Balik LIS-ip je vysoko konfigurovatelny a moze pracovat s mnohymi roznymi typmi systémov LIS a laboratérnymi
pracovnymi postupmi. Balik LIS-ip mo6Ze byt nakonfigurovany tak, aby poskytoval bezproblémovd integréciu medzi
systémom LIS a systémom BOND umozriujucim automatické rozpoznavanie sklicok LIS, ¢o eliminuje potrebu

opatovného oznacenia skli¢ok. Pozrite si ¢ast Pracovné postupy (Sekcia 11.8 na strane 284), kde najdete vSeobecny
prehlad dostupnych pracovnych postupov.

Spolo¢nost Leica Biosystems zabezpecuje komplexné Skolenie pre kazdu instaldciu osobitne.

V nasledujucich castiach ndjdete informdcie o baliku BOND LIS-ip:

Podmienky tykajuce sa prevadzky balika LIS-ip

Pozrite si Gast 11.1 Terminoldgia systému LIS

Podrobnosti o dalSich softvérovych funkciach

Pozrite si ¢ast 11.2 DalSie softvérové funkcie

Prehlad pripojenia a konfigurdcie systému LIS

Pozrite si Gast 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS

Opis indikacie chyby a obnovy systému LIS

Pozrite si ¢ast 11.4 0znamenia systému LIS

Referenény zoznam Udajov z pripadov a sklicok

Pozrite si ¢ast 11.5 Poziadavky na Udaje o pripade a sklicku

Opis Udajov o stave sklicka dokaZe balik BOND LIS-ip nahldsit do systému LIS
Pozrite si ¢ast 11.6 Posielanie tdajov o sklicku spat do systému LIS
Odkaz na poziadavky na Stitky skliCok

Pozrite si Gast 11.7 Znackovace sklicok

Prehlad typickych implementacii systému LIS

Pozrite si ¢ast 11.8 Pracovné postupy.
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11.1  Terminoldgia systému LIS

Na opis funkénosti systému LIS a na rozliSenie medzi normalnymi prvkami systému BOND a prvkami systému LIS sa
vyzaduje mnozstvo novych pojmov. Tieto polozky su opisané v nasledujucom zozname.

LIS - laboratdrny informacny systém,; softvér, ktory riadi informécie suvisiace s pracou laboratoria.

LIS-ip - integracny balik systému BOND LIS, volitelny doplnok, ktory umoZiuje systému BOND spolupracovat
S0 systémom LIS.

Sklicko LIS - sklicko vytvorené v systéme LIS a odoslané do systému BOND na spracovanie.

Pripad LIS - pripad vytvoreny v systéme LIS a zaslany do systému BOND.

Stitok sklicka s autoidentifikdtorom — $titok sklicka, ktory dokaze systém BOND rozpoznat automaticky. Tieto
Stitky moZu byt vytlacené pomocou systému BOND alebo systému LIS, pokial sa pouZiva rozpoznatelny
formét Ciarového kodu. Pozrite si ¢ast 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS.

Stitok s asistencénym identifikdtorom — akykolvek $titok sklicka, ktory systém BOND nedokéze rozpoznat
automaticky.

Stitok sklicka LIS - Stitok sklicka z tlagiarne pripojenej k systému LIS. Stitok sklitka LIS zobrazuje Giarovy kéd
LIS a akékolvek dalSie informdcie nakonfigurované pre Stitok v systéme LIS.

Stitok sklicka BOND-LIS - $titok sklicka pre sklitko, ktory bol vytvoreny v systéme LIS, ale vytlaceny na
tlaciarni pripojenej k systému BOND. Stitok BOND-LIS pouziva konfiguréciu $titka sklicka BOND LIS, ktord je
mozné upravovat pomocou softvéru BOND.

Cislo zdznamu - bezny vyraz systému LIS pre ¢islo alebo iny identifikator, ktory identifikuje konkrétny pripad.
Cislo zdznamu je ekvivalent identifikatora pripadu systému BOND.

Udaje o pacientovi - detaily pacienta, ktoré tvoria ,pripad v systéme BOND.
Demografické Udaje — bezny vyraz systému LIS pre Udaje o pacientoch alebo o pripadoch.

Ciarovy kod LIS - giarovy kdd prideleny systémom LIS, ktory jednoznacne identifikuje kazdé sklicko LIS.
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11.2  Dalie softvérové funkcie

Systémy BOND s povolenym systémom LIS maju dalSie softvérové funkcie, ktoré sa nenachadzaju v Standardne;
verzii. BOND Systémy LIS-ip si zachovavaju vSetky vlastnosti a funkcie Standardného softvéru BOND.

Pozrite si:
e 11.2.1 Ikona stavu systému LIS
e 11.2.2 Pripady LIS
e 11.2.3 Sklicka LIS
e 11.2.4 Ndazvy verejnych znaCkovacov
e 11.2.5Prioritné sklicka
» 11.2.6 Datoveé polia sklicka v LIS

e 11.7 Znackovace sklicok

11.2.1  lkona stavu systému LIS

Obrdzok 11-1: Ikona stavu systému LIS v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND

-

Softvér BOND s balikom LIS-ip obsahuje ikonu stavu systému LIS Uplne vpravo na Standardnom paneli funkcii.
Zobrazuje nasledujuce:

« stav pripojenia systému LIS (pozrite si ¢ast 11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS),

« indikdciu chyby systému LIS (pozrite si ¢ast 11.4 Oznamenia systému LIS).

11.2.2  Pripady LIS

Pripady LIS su pripady, ktoré sa vytvoria v systéme LIS a potom sa zaslu do systému BOND. Naopak, pripady BOND s
pripady vytvorené v systéme BOND.

» Pripady LIS obsahuju rovnaké vlastné polia ako pripady BOND, ale po zaslani pripadu do systému BOND
nemozno upravovat Ziadne informéacie.

 Systém BOND automaticky prideli kazdému pripadu LIS jedinecné Cislo pripadu.
« Cislo zaznamu alebo identifikator pripadu LIS sa stava identifikator pripadu v rdmci systému BOND.

» Ak je tento identifikator pripadu totozny s identifikatorom existujuceho pripadu BOND, novy pripad LIS sa
zamietne. V systéme LIS musite zmenit identifikator pripadu.
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11.2.3 Sk

Ak su identifikator pripadu a meno pacienta nového pripadu LIS rovnaké ako v pripade aktivneho pripadu LIS a
uz st uvedené na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka), automaticky sa pouzije existujdci pripad. Sklicka
v ,novom"” pripade sa pridaju k sklickam v existujucom pripade. Ak su identifikatory pripadu rovnaké, ale mena
pacientov su odlisné, novy pripad sa odmietne.

Ak je identifikator pripadu a meno pacienta v pripade LIS rovnaké ako v pripade s exspirovanym alebo
odstranenym pripadom LIS v systéme BOND, bud sa existujuci pripad obnovi, alebo sa novy pripad zamietne v
zavislosti od vasho nastavenia na obrazovke klienta spravy LIS (pozrite si ¢ast Duplicitny identifikator pripadu
(Sekcia na strane 240)).

Sklicka pridané do pripadu LIS pomocou softvéru BOND sa vytvaraju ako sklicka BOND.

Pripady LIS maju rovnaky predvoleny pripravny protokol a davkovany objem ako pripady BOND, ako je
stanovené v klientovi spravy (pozrite si ¢ast 10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka).

icka LIS

Sklicka LIS su sklicka, ktoré boli vytvorené v systéme LIS a potom odoslané do systému BOND. Naopak, sklicka BOND
su sklicka vytvorené v systéme BOND, a to bud v pripade BOND alebo pripade LIS.

Sklicka LIS mozno v zozname skli¢ok identifikovat podla ich farby oznacenia: sklicka LIS maju sivy Stitok.

Obrézok 11-2: Sklicko LIS (vavo) a rutinné sklicko BOND s jednym farbenim (vpravo)

Na sklicka LIS sa vztahuiju tieto body:

Stitky vytlagené zo systému LIS zvycajne obsahuiju Giarovy kdd. Ak je Ciarovy kod v jednom zo $iestich
formatov podporovanych systémom BOND a systém BOND bol nakonfigurovany na citanie tohto formatu,
potom systém BOND dokéze identifikovat sklicko pri nacitani. Pozrite si ¢ast 11.3 Pripojenie a inicializacia
systému LIS.

Stitky vytlacené zo systému BOND pre sklicka LIS pouzivaju konfigurdciu Stitka sklicka LIS BOND. Pozrite si
gast 10.3 Labels (Stitky) .

Skligka LIS m6Zu obsahovat dalSie polia Specifické pre systém LIS. Pozrite si ¢ast 11.2.6 Datové polia sklicka
v LIS.

Vlastnosti skli¢ok pochadzajucich zo systému LIS nie je mozné upravovat pomocou softvéru BOND.

Ked sa softvér BOND pouziva na kopirovanie sklicka LIS, kopia sa vytvéra ako sklicko BOND pomocou a

konfigurdcie Stitka sklicka BOND. VSetky polia Specifické pre systém LIS sa odstrania a vSetky polia sa daju
upravovat.
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11.2.4  Nazvy verejnych znackovacov

Nazvy verejnych znackovadov (pre primdrne protildtky a sondy) poskytuju spojenie medzi znackovaémi
Specifikovanymi v LIS a tymi, ktoré su zaregistrované v systéme BOND. Ked' systém LIS Specifikuje znackovac pre
test, systém BOND pouziva pre tento test reagencie s rovnakym nazvom verejného znackovaca. Systém BOND
odmietne test Specifikovany v systéme LIS, ak neexistuje ziadny verejny nazov zodpovedajuci ndzvu znackovaca LIS.

N4zvy verejnych znackovadov sa uréuji pomocou pola Public name (Verejny nézov) v dialdgovom okne Edit reagent
properties (Upravte vlastnosti reagencif) (pozrite si ¢ast 8.2 Obrazovka nastavenia reagencie). Toto pole sa stane
viditelnym, iba ak je nainStalovany balik LIS-ip.

Kazdy verejny ndzov musi byt jedineény. Verejné nazvy pre reagencie BOND je mozZné kedykolvek zamienat a ked k
tomu déjde, skliCka, ktoré uz boli vytvorené, nie st ovplyvnené.

11.2.5 Prioritné sklicka

Systém LIS moZe urdit prioritné sklicka, ktoré vyzaduju neodkladné spracovanie. Kazdy pripad, ktory obsahuje
prioritné sklicko, sa zobrazi s ervenym pruhom na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka).

vlozenie iba prioritné sklicka a pred vlozenim dalSich sklicok do zasuvky na predbezné vlozenie

‘ Ak chcete uprednostnit sklitko v module spracovania BOND-PRIME, vloZte do zdsuvky na predbezné
pockajte, kym sa tieto skliCka prenesu na spracovanie.

Obrdzok 11-3: Pripad s prioritnymi sklickami zvyraznenymi ¢ervenou farbou na obrazovke Slide setup (Nastavenie

sklicka)
mm
I LS0012 - 45216 Shady, Albart Joseph
201 30416-15HRefine Eanjamin Hightowar Kavin Pannedl 10
201 30416-IHC Fannie Hurdey Arthur Josey 10

V sucCasnosti sa prioritny pripad LIS na zaciatku prida na spodok zoznamu. Pripad sa zobrazuje
v hornej ¢asti zoznamu az v nasledujucich relaciach klinického klienta.

Prioritné sklicka su oznacené Cervenym pismenom ,P”.

Obrézok 11-4: Prioritné sklicko LIS, ako sa zobrazuje na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka)

P
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11.2.6  Datoveé polia sklicka v LIS

Okrem Standardnych vlastnosti sklicka ma balik BOND LIS-ip sedem konfigurovatelnych datovych poli, ktoré je mozné
nastavit tak, aby zobrazovali vybrané informécie zo systému LIS. Zakladné pripojenie nastavuje servisny zastupca
spolo¢nosti Leica Biosystems podas instaldcie. Ked uz je vSak na mieste, pouzivatelia sa méZu rozhodnut zobrazovat
alebo nezobrazovat polia a méZu nastavit nazov kazdého pola — pozrite si ¢ast Datové polia sklicka v LIS (Sekcia na
strane 240).

Polia sa zobrazuju na $pecidlnej karte LIS v dialdgovom okne Slide properties (Vlastnosti sklicka) a mozno ich vytlagit
aj na Stitky sklicok (pozrite si Gast 10.3 Labels (Stitky) ). St uréené iba na Gcely podavania sprav a nemaju ziadny
vplyv na spracovanie sklicok.

11.3 Pripojenie a inicializacia systemu LIS

Kazdy modul BOND LISip musi byt nainstalovany autorizovanym zdstupcom spolo¢nosti Leica Biosystems, ktory
prispdsobi operaciu v sulade s poziadavkami jednotlivych laboratorii.

Systém BOND je mozné nakonfigurovat tak, aby ¢ital ktorykolvek z nasledujdcich formatov ¢iarového kodu:
2D ciarové kady,

QR, [=]g; =]

Aztec,

Data Matrix.

Po nainstalovani modulu LIS sa v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND zobrazi ikona LIS oznaCujuca stav
pripojenia (Obrazok 11-5)

Obrdzok 11-5: Systém LIS nie je pripojeny (vlavo) a je pripojeny (vpravo)

\ls

ol ol
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11.4 0Oznamenia systemu LIS

Softvér BOND indikuje pripojenie systému LIS alebo chyby udajov zobrazenim ikony stavu systému LIS v pravom
hornom rohu obrazovka softvéru BOND (pozrite si ¢ast 11.2.1 lkona stavu systému LIS). Ak su v systéme nejaké
nevybavené ozndmenia systému LIS, zobrazi sa poc¢itadlo po¢tu nevybavenych ozndmeni. Ked nastane nova udalost
na oznamenie, pocitadlo kratko zablika.

Obrazok 11-6: Ikona stavu systému LIS

llso

e

Ak chcete ndjst podrobnosti o ozndmeni, kliknite pravym tladidlom mysi na ikonu stavu a vyberte polozku Show LIS
report (Zobrazit spravu systému LIS) a otvorte dialégové okno LIS service events (Servisné udalosti systému LIS).

V dialégovom okne sa zobrazia chyby a vSetky sklicka, ktoré neboli UspesSne prenesené. Uvedeny je aj dovod chyby.
Typické chyby systému LIS zahffaju chybajuce Udaje, konflikty Udajov (napr. rovnaké &islo zaznamu pouzité pre rozne
pripady) alebo pripady, ked verejny znackovac nie je zaregistrovany v systéme BOND (pozrite si ¢ast 11.2.4 Nazvy
verejnych znackovacov).

Obrazok 11-7: Dialdégové okno LIS service events (Servisné udalosti systému LIS)

LIS service events

O T T T N S A

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker ID GFAP Unabicitoladd IS slide Acknowledge

Marker2 ID Barcode already used

Tissue type test
Message ID 002.1
Barcode 88820

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1 24-Jan-17 2:34... 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge

Marker2 ID

Tissue type tesst

Message ID 002.1
Barcode 88820

Case ID 1S0012-45210
1. 24-an17235. 7006 Patient ID PID120 Marker does not exist Acknowledge

Doctor ID Dr Jones

Marker ID GFAP

V zavislosti od konfigurécie systému LIS mdZe byt mozné chyby opravit a znovu odoslat pripad alebo sklicko. Ak
systém LIS nie je schopny opatovne odoslat informdcie, pripad alebo sklicka sa m6zu vytvorit priamo pomocou
softvéru BOND.

Po preéitani kaZdej chybovej spravy kliknite na suvisiace tlagidlo Acknowledge (Potvrdit) na odstranenie oznamu z
dialégového okna.

Ked sa vSetky chybové spravy vymazu z dialogoveho okna, pocitadlo oznameni zmizne z obrazovky.
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@ V pripade potreby mézete spravy zobrazit aj v protokole sluzieb systému LIS kliknutim na logo Leica
Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky klienta spravy na zobrazenie dialdgového okna About

BOND (Informdcie o BOND). Potom kliknite na tlacidlo Service log (Servisny dennik) a z
rozbalovacieho zoznamu Serial No. (Sériové Cislo) vyberte moznost *LIS*. Volitelne nastavte ¢asovy
ramec a potom kliknite na tlacidlo Generate (Generovat) na vygenerovanie dennika sluzby systému
LIS.

11.5 Poziadavky na udaje o pripade a sklicku

Udaje pozadované systémom BOND zo systému LIS na import pripadov a skli¢ok st uvedené v Castiach nizsie
(pozrite si ¢ast 11.5.1 Udaje o pripade a 11.5.2 Udaje sklicka).

Udaje v systéme LIS o pripadoch a sklitkach nie je mozné v systéme BOND zmenit, s vynimkou
komentarov pre sklicka.

11.5.1  Udaje o pripade
11.5.1.1 Povinné polia

Nazov pola BOND _ Bezné vyrazy v systéme LIS

Case ID (Identifikator Cislo alebo nézov identifikujtce pripad Cislo zdznamu

pripadu) Cislo objednavky

11.5.1.2 Nepovinné polia

Nazov pola BOND i Bezné vyrazy v systéme LIS

Meno pacienta Meno pacienta Meno pacienta

Identifikator prideleny laboratdriu
(labAssld)

Doctor (Lekar) Odporucajuci lekar Meno a/alebo identifikator lekéra
OSetrujuci lekar

Objedndvajuci lekar
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icka

11.5.2  Udaj
11.5.2.1 Povinné polia

Marker (Znackovag) Primarna protilatka (IHC) ~ Primdrna protilatka (IHC) Verejny nédzov poskytuje spojenie
alebo sonda (ISH) Sonda (ISH) med? znackovaémi Ejroen}fml.
systémom LIS a znackovacmi
Znackovac (ktorykolvek)  zaregistrovanymi v systéme
BOND. Pre kazdy znackovac,
ktory bude uvedeny v systéme
LIS, sa musi uviest verejny
nazov. Pozrite si Cast
11.2.4 Nazvy verejnych
znacCkovacov.

Farbenie

Kazdy znackovaC ma predvolené
protokoly farbenia a predupravy,
ktoré je mozné v pripade potreby
zmenit pomocou softvéru BOND.

11.5.2.2 Nepovinné polia

Nazov pola BOND i Bezné vyrazy v systéme |Komentare
LIS
[Ciarovy kod LIS] Jedinecny cCiarovy kod Ciarovy kad Musi sa dodat kompletny Ciarovy
identifikator prideleny kod identifikatora pre systém

Pozndmka: Ciarovy kdd

. kazdému sklicku BOND na rozpoznanie sklicka.

nie je viditelny pre , . R

I ) v systéeme LIS VyZzaduje sa to pri pouziti

pouzivatelav systeme 7 .

BOND (identifikator pracovného postupu LIS 1
odstranenych sklicok sa (pozrite si éast 11.8 Pracovné
neda znovu pouzit) postupy).

Tissue type (Typ Testovacia alebokontrolnd  Typ testu Ak systém LIS tieto informdcie

tkaniva) vzorka tkaniva (pozitivna neposkytuje, pouZije sa
alebo negativna) predvolena hodnota , Test".

Pozrite si ¢ast 6.2.1 Kontrolna
vzorka tkaniva.

Komentare Akykolvek komentar alebo  Komentar Ak systém LIS odosle

pokyn tykajuci sa sklicka aktualizaciu sklicka LIS, vSetky
nové komentare sklicka sa
pripoja k existujucim
komentarom sklicka.
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11.6  Posielanie udajov o sklicku spat do systému
LIS

Balik BOND LIS-ip dokédzZe nahldsit stav sklicka do systému LIS. Balik BOND LIS-ip méZe nahldsit nasledujice
informdcie:

o Sklicko vytvorené — zadané sklicko bolo vytvorené v ramci softvéru BOND

Sklicko vytlacené - pre zadané sklicko bol vytlaceny stitok

SkliCko sa spracuva - zadané sklicko sa spracuva

« Sklicko spracované - zadané sklicka dokoncili spracovanie (s chybami alebo bez chyb)

Sklicko odstranené - zadané sklicko bolo zo systému BOND odstranené.

11.7 ZnacCkovace sklicok

Kazdé fyzické sklicko vyZaduje identifikacny Stitok, aby sa mohlo prisposobit informéciam o spravnom pripadu a
teste. V najvyhodnejSom pracovnom postupe maju sklicka LIS vytlacené Stitky LIS (,$titky sklicok LIS") a tieto Stitky
rozpoznava systém BOND. To je vSak mozné, iba ak:

1 BOND systém LIS poskytuje jedinecny Ciarovy kdd pre kazdé sklicko do systému.

2 tladiaren LIS pouziva jeden z formatov Ciarového kodu, ktoré podporuje systém BOND.

Ak va$ systém LIS nespliia tieto poziadavky, potom systém BOND moze vytvorit vlastné stitky pre sklicka LIS - ,Stitky
skli¢ok balika BOND-LIS". V tomto pripade mozZete volitelne nastavit systém BOND tak, Ze bude spracovavat sklicka
LIS iba vtedy, ak ich Stitky vytlaci systém BOND. Tato moznost sa nastavuje v klientovi spravy na obrazovke LIS -
pozrite si ¢ast 10.2 LIS (Laboratérny informacny systém).

Alternativne je mozné pouZzit Stitky od tretich stran alebo ruéne napisané §titky. Tieto Stitky sa musia ru¢ne
identifikovat v systéme BOND pred spracovanim (pozrite si ¢ast 5.1.5.2 Manualna identifikacia sklicok v systéme).
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11.8 Pracovne postupy

Aj ked je kazdd implementécia balika LIS-ip vysoko prispdsobena, stéle je uZitocné poskytnut niekolko vSeobecnych
opisov pracovnych postupov balika BOND LIS-ip na zaklade hlavnych moznosti balika LIS-ip. V nasledujucej tabulke
su zobrazené Styri pracovné postupy. Mozné su aj iné pracovné postupy. K dispozicii su komplexné Skolenia pre
kazdu instalaciu osobitne.

Pracovny Udaje zo systému LIS Udaje zadané v Stitky vytlacené v Identifikacia
postup systéme BOND systéme
1 Udaje o pripade a sklicku (s Ziadne LIS (Laboratérny Automaticka
Giarovym kadom LIS) informacény systém)
2 Udaje o pripade a sklitku Ziadne Systém BOND Automaticka
3 Dodatocné sklicko Systém BOND Automaticka
4 Ziadne Externé Asistovana

Pracovny postup 1 je najpohodInejsi, pretoze poskytuje bezproblémovu integraciu medzi systémom LIS a systémom
BOND. Systém BOND automaticky rozpozna sklicka LIS a spracovanie sa mbZe zacat okamZite, bez toho, aby sa
sklicka museli opatovne oznacit alebo zadavat dalSie informacie.
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Cistenie a Udrzba (len BOND-II|
a BOND-MAX)

Postupy Cistenia a udrzby suvisiace s modulom spracovania BOND-PRIME ndjdete v samostatnej
pouzivatel'skej prirucke systému BOND-PRIME.

VYSTRAHA: Pri vykondvani dloh &istenia alebo ddrzby vzdy vypnite modul spracovania (okrem
pripadu, ked su spustend nasdvacia sonda alebo robot na nebalenu tekutinu Cisté).

VYSTRAHA: Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii
su nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, ze ste absolvovali primerané Skolenie pre tento
postup:

1 Primanipulacii s reagenciami alebo ¢isteni modulu spracovania pouzivajte latexové alebo
nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

2 Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v sulade so vSetkymi postupmi a
Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

VYSTRAHA: Moduly spracovania majd ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré mozu predstavovat
nebezpecenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horlave materialy.

Na ohrievace ani blizko nich nekladte horlavé materialy.
Na modul spracovania nekladte horlavé materialy.

Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material riadne
uzavreté.

VYSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie skli¢ok a ich okolim. MoZu byt velmi
hortce a sposobit vazne popdleniny. Po ukondéeni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie skli¢ok a ich
okolie vychladnut dvadsat minut.
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neumyvajte Ziadne sucasti, aby ste predisli poskodeniu. Negistite Ziadnu ¢ast rozpustadlami, tvrdymi

c POZOR: VSetky vymenitelné komponenty Cistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu
ani drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi utierkami.

V tejto kapitole su uvedené postupy Cistenia a udrzby. V klinickom klientovi sa nachadza obrazovka udrzby pre kazdy
modul spracovania v systéme. Kliknutim na kartu modulu spracovania na lavej strane hlavného okna zobrazte jeho
obrazovku System status (Stav systému) a potom Kliknite na kartu Maintenance (Udrzba).

Viac informécif najdete na obrazovke 5.3 Obrazovka udrzby (Udrzba). Vzdy, ked budete pouzivat systém BOND,
davajte pozor na netesnosti, opotrebované alebo poskodené Casti. Ak su v tejto kapitole uvedené pokyny na opravu
alebo vymenu opotrebovaného alebo chybného dielu, postupujte podla tychto pokynov. V opacnom pripade sa
obrdtte na oddelenie podpory zékaznika.

Preventivna udrzba

Okrem pravidelnych dloh ddrZby uvedenych v tejto kapitole (vykondvanych pouzivatelmi) sa moduly spracovania
BOND-IIl a BOND-MAX maju pravidelne opravovat prostrednictvom zastupcu servisu spoloénosti Leica Biosystems.

V pripade systému BOND-IIl a BOND-MAX vas softvér BOND upozorni, aby ste pre kazdy modul spracovania
zabezpeili preventivnu UdrZbu raz roéne alebo po kazdych 15 600 sklickach (podla toho, ¢o nastane skor).

Pocet sa vynuluje pomocou tlacidla Maintenance complete (Udrzba je dokoncend) na karte Processing
modules (Moduly spracovania) v klientovi spravy (10.6.1 Moduly spracovania).

Tato kapitola ma nasledujuce ¢asti:
e 12.1 Plan Cistenia a udrzhy
» 12.2 Nadoby na nebaleny material
» 12.3 krycie sklicka Covertile
» 12.4 Zostava na farbenie sklicok
« 12.5Restart modulu spracovania
e 12.6 Nasavacia sonda
» 12.7 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica
» 12.8 Kryty, dvere a veko
 12.9 Snimac identifikatorov
» 12.10 Odkvapkavaci podnos
e 12.11 Podnosy na sklicka
 12.12 Sondy robota na nebalend tekutinu (len BOND-III)
» 12.13 Injekcné striekaCky
e 12.14 Poistky napdjania
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12.1 Plan Cistenia a udrzby

Pouzite nasledujuci plan, ak farbite maximalne 300 sklicok tyzdenne na jeden modul spracovania. Ak ich spractvate
viac, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika ohladom prispdsobeného planu.

Uloha Sekcia

Denne - zadiatok diia

Skontrolujte, ¢i su nadoby na nebaleny odpad naplnené maximalne do polovice.* 12.2
Skontrolujte, Ci su nadoby na nebalené reagencie naplnené adekvatnou reagenciou pre dni 12.2
farbenia*

Denne - koniec dna

Vycistite krycie sklicka Covertile 12.3

TyZdenne

Vycistite zostavy na farbenie sklicok* 12.4
Skontrolujte svorky krycich sklicok Covertile 12.4
ReStartujte modul spracovania 12.5
Utrite nasdvaciu sondu v ramene robota 12.6

Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu — v pripade potreby ich vycistite alebo 12.7

vymente.

Vydistite kryty, dvere (ak st namontované) a veko 12.8

Vycistite snimac identifikatorov 12.9

VycCistite rucnu ¢itacku Ciarovych kodov 13.1

Mesacne

Vycistite vSetky odkvapkavacie podnosy* 12.10
Vymerite zmieSavaciu stanicu 12.7
Vycistite nadoby na nebalené reagencie 12.2
Vycistite nadoby na nebaleny odpad 12.2
Vycistite podnosy na sklicka 12.11
Vygistite sondy s robotmi na nebalend tekutinu (BOND-III) 12.12
VycCistite znackovac sklicok 13.2
Skontrolujte injekcné striekacky 12.13
Po zobrazeni vyzvy

Vycistite nasdvaciu sondu hlavného robota 12.6.1
Vymente injekcné striekacky 12.13

*V pripade potreby tieto Ulohy vykondvajte CastejSie, ako bolo naplanované.
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12.1.1  Kontrolné zoznamy cistenia a udrzby

Na nasledujucej strane sa uvadza plan udrzby reprodukovany v tabulke urenej na tlac a pouzitie ako kontrolny
zoznam. K dispozicii su oblasti na zaznamenanie Cisel Sarzi roztokov BOND Wash, ERT, ER2 a Dewax. Po dokonceni

uloh skontrolujte alebo inicializujte zostavajuce bunky.
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Plan Cistenia a udrzby

DENNE

Skontrolujte nadoby na nebalené
reagencie

Cislo $arze premyvacieho roztoku BOND
Cislo Sarze ER1
Cislo $arze ER2
Cislo $arze roztoku na odvoskovanie
Skontrolujte nadoby na odpad
Vycistite krycie sklicka Covertile
TYZDENNE
Vycistite zostavy na farbenie sklicok*

Skontrolujte svorky krycich sklicok
Covertile

Restartujte PM
Utrite nasavaciu sondu

Skontrolujte premyvaci blok
a zmieSavaciu stanicu

Vygistite kryty, dvere (ak su
namontované) a veko

Vycistite snimac identifikatorov
Vycistite rucnu CitaCku

MESACNE

Vycistite odkvapkavacie podnosy
Vymerite zmieSavaciu stanicu

Vycistite nadoby na nebalené reagencie
Vycistite nadoby na nebaleny odpad
Vycistite podnosy na sklicka

Vycistite sondy s robotmi na nebalenu
tekutinu (len BOND-IT)

Vycistite znackovac sklicok

Po Ut St St Pi So Ne
O O O O O O O
O a O O O a O
O a O O O O O

Pre BOND-MAX:

O » Ak je nanddobe na externy odpad iba jedno viecko,
O pred odskrutkovanim odpojte kabel a privody
tekutin.
O Ak st nadoby na nebaleny material nepriehladné,
O zdvihnite konce nadob na mieste, aby ste odhadli
objem - nie je potrebné odstrariovat nadoby
= z modulu spracovania.
O
*V pripade potreby Cistite ¢astejSie, ako bolo naplanované
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Skontrolujte injek¢né striekacky

- Za tyzden od
PO ZOBRAZENI VYZVY
do
Vycistite nasdvaciu sondu O
Vymente injekcné striekacky o Za mesiac
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12.2 Nadoby na nebaleny material

VYSTRAHA: Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii
Q su nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, ze ste absolvovali primerané Skolenie pre tento
postup:

1 Primanipulacii s reagenciami alebo Cisteni modulu spracovania pouzivajte latexové alebo
nitrilove rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

2 Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v sulade so vSetkymi prislusnymi
postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v zariadeni.

ii VYSTRAHA: Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND su horlavé:
Neumiestnujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.
Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material riadne
uzavrete.

Hladiny v nddobach na nebaleny materidl kontrolujte (aspon) kazdy der a kazdy mesiac nddoby na nebaleny material
vyCistite. Podrobnosti najdete v nasledujucich Castiach:

e 12.2.1 Kontrola hladin v nadobach
« 12.2.2 Doplfanie alebo vyprazdiovanie nadob na nebaleny material
o 12.2.3 Cistenie nddob na nebaleny material

* 12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX)

12.2.1  Kontrola hladin v nadobach

Na zacCiatku kazdého dna skontrolujte hladinu v nadobach na nebaleny material. Skontrolujte ju aj pred spustenim
nocného alebo dlhsieho cyklu. V laboratéridch s vysokym obratom moze byt potrebné naplédnovat dve kontroly nddob
na nebaleny material denne.

V systéme BOND-IIl a na si¢asnom modeli modulov spracovania BOND-MAX (a vSetkych nadobdch na externy odpad
BOND-MAX) s hladiny kvapaliny viditelné cez steny nédoby. V pripade modelov BOND-MAX s nepriehladnymi
nadobami zdvihnite konce nadob, aby ste odhadli objem - nie je potrebné ich vyberat z modulu spracovania, pretoze
priich navrate sa spusti preplachovanie fluidiky.

Ikony na obrazovke System status (Stav systému) uvadzaju hladiny v nddobdch na nebaleny materidl pre systém
BOND-IIl a pouzivaju sa na oznamovanie vysokych hladin odpadu alebo nizkych hladin reagencie na systéme
BOND-MAX. Ikony pouzivajte iba na potvrdenie hladin a/alebo na prezeranie oznameni — nenahradzaju denné fyzické
kontroly.
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@ Moduly spracovania BOND-III st vybavené systémom osvetlenia nadob na nebaleny materidl (pozrite
si Gast Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III) (Sekcia na strane 53)).
Naplnte alebo vyprazdnite nadoby za nasledujucich podmienok:

 Vyprazdnite tie nadoby na odpad, ktoré su naplnené viac ako do polovice
» /nova naplnte nadoby na reagencie, aby ste sa uistili, ze je k dispozicii adekvatne mnozstvo reagencie.

Pozrite si 8ast 12.2.2 Doplianie alebo vyprézdiiovanie nddob na nebaleny materidl.

VYSTRAHA: Skontrolujte hladinu v nddobe na nebaleny materiél a podla potreby ich vyprazdnite
alebo napliite na zaciatku kazdého dna (v pripade potreby ¢astejSie — pozrite si pokyny vysSie).
V opacnom pripade moZe dojst k pozastaveniu cyklov, Co mdZe ohrozit farbenie.

12.2.2  Dopliianie alebo vyprazdriovanie nadob na
nebaleny material

Ked kontrolujete hladiny nadob na nebaleny material, vyprazdnite nadoby na odpad, ktoré st pIné viac ako do
polovice, a naplite nddoby na reagencie, aby ste sa uistili, 7e je k dispozicii adekvéatne mnozstvo reagencie. Unik, ktory
sa vyskytne pri plneni alebo vyprazdnovani nadob na nebaleny material, vzdy utrite. Pred vratenim do modulu
spracovania ocistite vonkajSiu stranu nadob a uzaverov.

Pozrite si ¢ast samostatné pokyny na vyprazdnovanie a dopliovanie nizSie. V éasti 12.2.2.5 Pocas cyklov st uvedené
pokyny, ak potrebujete vyprazdnit alebo naplnit nddobu pocas cyklu.

e 12.2.2.1 Doplnenie nebalenych reagencii — BOND-III

12.2.2.2 Vyprazdnite nebezpecného odpadu — BOND-III
12.2.2.3 Vyprazdnenie Standardného odpadu — BOND-III

12.2.2.4 Vyprazdnenie nebezpec¢ného odpadu alebo doplnenie nebalenej reagencie — BOND-MAX
12.2.2.5 Pocas cyklov

Pozrite si ¢ast 12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX), kde najdete pokyny na vyprazdiovanie externe;
nadoby BOND-MAX.

VYSTRAHA: Naplnené alebo vyprézdnené nadoby vzdy vrétte na rovnaké miesto na module
spracovania. Ak tak neurobite, méZe kontaminovat reagencie a zhorsit farbenie.

VYSTRAHA: V nadobéch na nebalené reagencie nemefite typ reagencie. Mohlo by to viest ku
kontamindcii a zhorSeniu farbenia.
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POZOR: Nadoby na nebaleny materidl nenastvajte spat na svoje miesto, pretoze to moze poskodit
nadobu a snimac kvapaliny.

12.2.2.1 Doplnenie nebalenych reagencii — BOND-II|

Nadoby na nebalené reagencie BOND-III sa mézu plnit v module spracovania. Nie je potrebné ich odstrariovat z
priehradky na nadoby na nebaleny material.

1 Odskrutkujte uzaver nadoby na nebalené reagencie a naplite nadobu.
2 Ked je nadoba plnd, nasadte uzaver a utiahnite ho.
VYSTRAHA: Ak pouZivate lievik pri pridavani reagencie do nddob na moduloch spracovania

BOND-III, zabezpecte, aby bol lievik ¢isty. Ak tak neurobite, moZe kontaminovat reagencie a
zhorsit farbenie.

12.2.2.2 Vyprazdnite nebezpecného odpadu — BOND-III

1 Uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke. (Ak sa vSak pocas prevadzky zobrazi ozndmenie, ze
nadoba na odpad je pInd, vyprézdnite nddobu podla tychto pokynov - pozrite si ¢ast tiez ¢ast 12.2.2.5 Pocas
cyklov.)

Vytiahnite nadobu z priehradky na nadobu na nebaleny material.

Otvorte uzaver a zlikvidujte odpad v sulade so schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

A~ W N

Nasadte uzdver a utiahnite ho.

5 Vratte nddobu do modulu spracovania. Jemne zatlaéte, az kym nebudete citit, ako je konektor nadoby
zarovnany s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nadobu pevne zatlacte, az kym konektor tplne
nezapadne, aby ste zabezpecili tesné spojenie.

12.2.2.3 Vyprazdnenie Standardného odpadu — BOND-III

KedZe existuju dve nddoby na Standardny odpad, méZete vybrat pind nddobu (na ikone sa zobrazuje ikona pinej
nadoby na obrazovke System status (Stav systému) kedykolvek, aj poas spracovania (pozrite si ¢ast 5.1.3.6 Stav
nadoby na nebaleny material). Nikdy vSak neodstrariujte obidve nddoby na nebaleny odpad, ked je modul spracovania
v prevadzke, a ak sa nddoba nezobrazuje ako pInd na obrazovke System status (Stav systému), odpori¢ame pred
odstranenim pockat, kym sa spracovanie neskongi. Ak je bezpe¢né odstranit nadobu na nebaleny odpad, postupujte
podla pokynov ako pri vyprazdrovani nebezpeéného odpadu z vyssie uvedeného kroku (2).
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Obrazok 12-1: Vratenie nadoby na odpad na svoje miesto

12.2.2.4 Vyprazdnenie nebezpecného odpadu alebo doplnenie nebalengj
reagencie — BOND-MAX

1 Uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke. (Ak sa vSak pocas prevadzky zobrazi ozndmenie, Ze
nadoba na odpad je pInd, vyprézdnite nddobu podla tychto pokynov - pozrite si ¢ast tiez ¢ast 12.2.2.5 Pocas
cyklov.)

2 Vytiahnite nadobu z priehradky na nadobu na nebaleny material.
Obrézok 12-2: Nadoba na nebezpecny odpad BOND-MAX (vlavo) a nddoba na nebaleny materidl (vpravo)

Legenda

1 Plniaci/vyprazdiovaci uzéver (modry uzaver
na novsich nadobach na nebezpecny odpad)

2 Uzaver snimaca hladiny kvapaliny

3 Konektor
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3 Naplrite alebo vyprazdnite nadobu:

« V pripade odpadu otvorte uzaver na plnenie/vyprazdiovanie (polozka 1 na Obrazok 12-2) a zlikvidujte
odpad v sulade so schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

 V pripade nebalenej reagencie umiestnite nadobu na rovny povrch, otvorte uzaver na
plnenie/vyprazdnovanie (polozka 1 na Obrazok 12-2) a naplnte nddobu tesne pod spodnu ¢ast krku, na
ktory naskrutkuje uzaver.

pretoZe sa mozZe poskodit. Nadoby na nebaleny material vyprdzdrujte a doplfiujte iba

c POZOR: Nevyberajte kryt snimaca hladiny kvapaliny z nadoby na nebaleny material,
cez uzaver na plnenie/vyprazdnovanie.

4 Nasadte uzaver a utiahnite ho.

5 Vratte nddobu do modulu spracovania. Jemne zatlaéte, aZ kym nebudete citit, ako je konektor nadoby
zarovnany s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nadobu pevne zatlacte, az kym konektor tplne
nezapadne, aby ste zabezpecili tesné spojenie.

12.2.2.5 Pocas cyklov

Ak sa vykonavaju denné kontroly nadob na nebaleny material (s dodatocnymi kontrolami pred noénymi a predizenymi
cyklami a pravidelnymi dodatoénymi kontrolami v laboratéridch s vysokou fluktudciou), nddoby na odpad by sa nikdy
nemali naplnit a nddoby na reagencie by sa po¢as spracovania nikdy nemali vyéerpat. Ak sa v8ak niektory z tychto
pripadov vyskytne pocas cyklu, musite vyprazdnit alebo naplnit prislusné nadoby. Precitajte si pokyny uvedené nizsie,
aby ste postupovali spravne.

Nadoba na odpad plna - BOND-MAX

Ak sa nadoba na odpad pocas cyklu takmer naplni, na obrazovke System status (Stav systému) sa na ikone prislusnej

nadoby zobrazi symbol informdcie .

Okamzite vyprazdnite nadobu. DodrZiavajte vSetky Standardné bezpec¢nostné opatrenia a postupy likvidacie odpadu
vo vasom zariadeni. Rychlym konanim sa mozZete vyhnut pozastaveniu cyklu alebo mézZete skratit ¢asu, kedy je
pozastaveny. Pozastavenie cyklu moze narusit farbenie.

Ak sa cyklus zastavi, ked vyprézdriujete nddobu, alebo ak budete pokradovat, az kym sa modul spracovania
automaticky nezastavi, spusti saalarm £ (blikd) alebo sa na ikone nédoby zobrazi vystrazny symbol
Vyprazdnenu nédobu vrétte ¢o najskor s ohladom na vys$Sie uvedené pokyny a bezpecnostné opatrenia.

Vytvorte spravu o udalostiach cyklu, aby ste videli, aké Ucinky mala pauza na priebeh.
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Nadoba na reagenciu prazdna - BOND-MAX

Ak sa nadoba na nebalené reagencie takmer vyprazdni, na obrazovke System status (Stav systému) sa na ikone

prislusnej nadoby zobrazi symbol upozornenia .

1 Otvorte obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a zobrazte aktudlne a nasledujce kroky pre kazdy cyklus
na module spracovania.

2 Ak niektoré zo sérii momentalne pouzivaju nebalené reagencie alebo ich Coskoro pouziju, pockajte na
dokoncenie krokov, ktoré pouzivaju danu reagenciu.

3 Po dokonceni krokov, ktoré pouzivaju nebalené reagencia, vyberte nadobu, Co najskor ju doplite a Co najskor ju
vymeiite (pri dodrZani vSetkych Standardnych bezpeénostnych opatreni).

Aby ste usetrili ¢as, pravdepodobne nebudete musiet naplnit nddobu na obvykld maximalnu hladinu.

VYSTRAHA: Ak sa pri spracovani musi nddoba na nebaleny material BOND-MAX naplnit, vzdy
skontrolujte obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a skontrolujte, ¢i sa nddoba nepouziva alebo
nie je planované jej pouzitie. V opaénom pripade moze dojst k ohrozeniu spracovania skli¢ok. lhned
po naplneni nddobu vréatte.

12.2.3  Cistenie nadob na nebaleny material

Nasledujlce postupy Cistenia by sa mali vykondvat mesacne.

12.2.3.1 Nadoby na roztoky ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanu vodu.

1 Vyprazdnite nadobu na nebalené reagencie s roztokmi ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanou vodou.

2 Umyte nadoby silnym priemyselnym Cistiacim prostriedkom a potom ich dékladne oplachnite deionizovanou
vodou.

3 Pred opatovnym naplnenim Cerstvou reagenciou a navratom do modulu spracovania nechajte nadoby
uschnut.

12.2.3.2 Nadoby na odvoskovaci roztok a etanol

1 Vyprazdnite nadoby na nebalené reagencie s odvoskovacim roztokom a etanolom. Zvysky odvoskovacieho
roztoku a etanolu vyhodte v nadobach na nebalené reagencie zlikvidujte v sulade so schvalenymi postupmi vo
vasom zariadeni.
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2 Nalejte maly objem Cerstvej reagencie do kazdej nadoby a pohybujte tekutinou okolo stien nadoby, aby ste
odstranili vSetky kontaminanty. Po dokonceni vyprazdnite nadobu. Zlikvidujte odpad v sulade so schvalenymi
postupmi vo vasom zariaden.

‘ Nikdy nedavajte vodu ani saponaty do nadob na etanol alebo odvoskovaci roztok.

3 Naplnte nddobu na nebaleny material ¢erstvou reagenciou a vratte ju do modulu spracovania.

12.2.3.3 Nadoby na nebaleny odpad

1 Vyprazdnite vSetok odpad z nadob. Zlikvidujte odpad v sulade so schvalenymi postupmi vo vasom zariaden.

2 Vycistite nddoby na odpad pomocou 0,5 % roztoku bielidla (hm./obj.) alebo priemyselného ¢&istiaceho
prostriedku a oplachnite ich dokladne deionizovanou vodou.

3 Vrétte nadoby na odpad do modulu spracovania.
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12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX)

Vyprazdnite 9 I nadobu na externy Standardny odpad BOND-MAX na zaciatku kazdého dia a pred zaciatkom noci
alebo pred dlhymi cyklami skontrolujte hladinu. Vyprazdnite, ked je pInd na polovicu alebo viac; bielu vodorovnu Giaru
na Stitku nadoby pouzite ako ukazovatel polovicnej hladiny - pozrite si Obrazok 12-3.

Obrdzok 12-3: Nadoba na externy Standardny odpad BOND-MAX s objemom 9 |

Legenda
,I 1 Uzaverna
. ~ plnenie/vyprazdnovanie
R el 2 Polovicna troven

Nadobu Gistite mesacne, rovnako ako v pripade ostatnych nadob na nebaleny materiél (pozrite si ¢ast 12.2.3 Cistenie
nadob na nebaleny materidl).
1 uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke, (Ak sa vSak pocas prevadzky zobrazi ozndmenie, Ze
nadoba na odpad je pInd, vyprézdnite nadobu podla tychto pokynov — pozrite si ¢ast tiez ¢ast 12.2.2.5 Pocas
cyklov.)
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2 Ndadoba mé konektory podobné tym, ktoré st uvedené na Obrazok 12-4 (nezabudnite, Ze niektoré konektory
snimacov su Gierne, nie strieborné, ako je to znazornené):

Obrézok 12-4:

Legenda

1 Konektor snimaca hladiny
kvapaliny

2 Kvapalinovy konektor

a Palcom zdvihnite ¢ervenu zapadku na konektore snimaca (1) a vytiahnite konektor z krytu.
b Stlacte kovové tlacidlo na kvapalinovom konektore (2) a konektor vytiahnite z uzéveru.

3 Ak chcete nddobu vyprazdnit, vyberte uzdver na plnenie/vyprazdrovanie. Neodstrafujte uzaver s konektormi.
Zlikvidujte odpad v sulade so schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

4 Nasadte uzaver na plnenie/vyprdzdrovanie a pevne ho dotiahnite a vratte spat do modulu spracovania.
5 Zatlacte kvapalinovy konektor spat na pripojenie uzaveru, kym nezacvakne na mieste.

6 Znova pripojte konektor snimaca. Zatlacte konektor nadol k zakladni pripojenia uzaveru.
é VYSTRAHA: Po naplneni je nddoba na externy odpad tazka.
Pri vyprazdnovani nadoby na externy odpad pouzivajte spravne techniky zdvihania.

POZOR: Pred vyprazdnenim nadoby vZzdy odpojte konektory senzora a kvapaliny, aby ste predisli
poskodeniu.
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12.3 krycie sklicka Covertile

Po kazdom pouziti ocCistite krytie sklicka Covertile (na tento Ucel je mozné pouZzit ochranny stojan na Cistenie krycich
skliok Covertile Leica Biosystems). Krycie sklicka Covertile sa m6Zu opdtovne pouzit a7 25-krdt za predpokladu, Ze
nie su poskodené alebo nemaju vyrazne zmenend farbu, a ak su spravne vycistené. Krycie sklicka Covertile zlikvidujte,
ak st poskodené alebo ak sa zhorsuje kvalita farbenia.

12.3.1  Odstranenie zvySku DAB (volitelné)

1 Namocte najmenej na 30 minut do Cerstvého roztoku 0.5% hm./obj. chlérnanu sodného v deionizovanej vode.
2 Vyberte a ponorte do Cerstvej deionizovanej vody 10-krat.

3 Dokoncite Standardné Cistenie (pozrite si ¢ast nizSie).

12.3.2  Standardné Gistenie (povinné)

1 Namocte najmenej na 10 mintt v 100 % IMS (priemyselny metylovany lieh), etanole alebo etanole reagenéného
stupna.

2 MieSajte 30 sekund a vyberte.

3 Nechajte vyschnut:
» utrite dosucha handrickou, z ktorej sa neuvolfuju vlakna, alebo
 navzduchu.

4 QOpatrne skontrolujte, Ci krycie sklicka Covertile neobsahuju ulomky, praskliny alebo deformacie. Ak su
akymkolvek spdsobom poskodené, zlikvidujte ich.
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12.4 7ostava na farbenie sklicok

nebezpecCenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horlavé materialy.
 Na ohrievace ani blizko nich nekladte horlavé materialy.
» Na modul spracovania nekladte horlavé materidly.

» Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Zze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny material

if VYSTRAHA: Moduly spracovania majd ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré mozu predstavovat
riadne uzavreté.

horlce a sposobit vazne popdleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie skli¢ok aich

if VYSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. MoZu byt velmi
okolie vychladnut dvadsat mindt.

sUcasti, aby ste predisli poskodeniu. Negistite Ziadnu ¢ast rozpustadlami, tvrdymi ani drsnymi

c POZOR: Urcené komponenty Cistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu neumyvajte ziadne
Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi utierkami.

POZOR: Pred cistenim alebo odstranenim hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenu tekutinu
(BOND-III) v pdvodnej polohe v zadnej ¢asti modulu spracovania a aby neboli umiestnené pred
zostavami na farbenie sklicok.

otvorov premyvacieho bloku alebo v odsavacich stipikoch zostavy na farbenie skli¢ok, pretoze sa

c POZOR: Nepouzivajte vatove tyCinky ani iné aplikatory s hrotmi z baviny na Cistenie vnatornych
moze vatovy konéek uvolnit a sposobit upchatie.

Standardné Cistenie
Zostavy na farbenie sklicka Cistite kazdy tyzden alebo CastejSie, ak st na fiom viditelné usadeniny.

PouZivajte handricku, z ktorej sa neuvolTiuju vlakna, navihéent v 70 % etanole (6o najmenej). Na taZko odstranitelné
zrazeniny pouzite roztok BOND Wash (o najmenej) a potom opldchnite deionizovanou vodou.

V pripade systému BOND-III utrite vodiacu kolajnicu robota na nebalend tekutinu (polozka 3 na Obrézok 12-6).
Vyklopte hornt dosku (pozrite si ¢ast Demontdz hornej dosky (Sekcia na strane 303)) a vycistite:

« vyhrievacie podlozky,

« drenaZne otvory a mazacie stipiky,

* oblasti medzi vyhrievacimi podlozkami,

» odkvapkavaci podnos okolo podloZiek.
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Vzdy skontrolujte, &i drendzne otvory (vratane malych odsavacich stipikov na okrajoch portov) neobsahujd cudz
material a Ci nie su poSkriabané ani inak posSkodené. Ak dojde k poSkodeniu tychto alebo akychkolvek inych sucasti
zostav na farbenie skli¢ok, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.

Obrdzok 12-5: Zostava na farbenie sklicok s otvorenou hornou doskou

Legenda

1 Svorky krycich sklicok
Covertile

2 Drenazny otvor a odsdvacie

stipiky
1 : 3 vyhrievacie podlozky,
4 4 Odkvapkavaci podnos
-2.

Ked je horna doska otvorend, skontrolujte svorky krycich sklicok Covertile na spodnej strane platne a zaistite volny
pohyb pruZinovych noZigiek. Ak upinacie pruziny pri stlaceni pruzinou nevyskocia, obratte sa na oddelenie podpory
zakaznika a poZiadajte o vymenu.
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Demontaz hornej dosky

1 Uistite sa, Ze je modul spracovania necinny a Ze nie je vlozeny ziadny podnos na sklicka, a vypnite napdjanie.

2 Otvorte hornu dosku zatlacenim nadol na hornu dosku a skrutenim modrych upeviovacich prvkov na oboch
koncoch (polozky 1 na Obrdzok 12-6 a Obrazok 12-7) o $tvrt otacky proti smeru hodinovych rucigiek. Vyklopte
hornu dosku spat na jej pantoch (ked je modul spracovania oto¢eny, prava strana hornej platne sa otvori).

Obrazok 12-6;: Horna doska BOND-III

& FRFTTTTTIN

Legenda

1 OtoCné spojovacie prvky
2 Otocné panty

3 Vodiaca kolajnica robota na
nebalenu tekutinu

Obrdzok 12-7: Horna doska BOND-MAX

Legenda

1 Otocné spojovacie prvky

2 Otocné panty
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3 Ak chcete Uplne odstranit hornt dosku (nevyZaduje sa na bezné Cistenie), potiahnite pruzinové otocné
upevnovacie prvky na kazdom konci platne (polozky 2 na Obrazok 12-6 a Obrazok 12-7) a potom dosku
zdvihnite zo zostavy na farbenie sklicok.

Obrazok 12-8: Uvolnenie otocného spojovacieho prvku hornej dosky

Spatna montaz hornej dosky

@ Horné dosky na farbenie sklicok BOND-III st o¢islované. Vzdy umiestiujte spravnu horntd dosku na
spravnu zostavu na zafarbenie skli¢ok (pri protifahlom module spracovania je zostava na farbenie

sklicok na lavej strane ¢islo jedna).

1 Vyhladajte otocné body na zostave na farbenie sklicok. Drzte hornu dosku v otvorenej polohe a jeden z
oto¢nych upevnovacich prvkov umiestnite do otocného bodu zostavy na farbenie sklicok.

2 Vytiahnite druhy otocny upevriovaci prvok a koniec dosky umiestnite na svoje miesto a potom uvolnite
upevnovaci prvok.

3 Zatvorte hornu dosku a skontrolujte, Ci otvory na kazdom konci platne spravne zapadaju do polohovacich
kolikov.

4 Pridrzte hornd dosku a otocte upeviiovacie prvky v smere hodinovych rugiciek. Mali by sa pevne zvierat pri
otoceni o Stvrt otdcky v smere hodinovych ruciciek.

12.4.1  Rucne odomykanie zostav na farbenie sklicok

KaZda zostava na farbenie skli¢ok sa méZe odomknut ruéne, napriklad na odstranenie skli¢ok v pripade vypadku
napajania.

VYSTRAHA: Zostavy na farbenie sklicok obsahuju pohyblivé ¢asti, ktoré mozu sposobit vazne
zranenie. Predtym, ako sa pokusite ruéne odomknut zostavy na farbenie skli¢ok: vypnite hlavny
vypina¢ modulu spracovania, vypnite sietovi zastrcku a odpojte sietovd zéstréku zo zasuvky.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX
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12.4.1.1 BOND-III

VYSTRAHA: Modul pumpy injekénych striekaciek (BOND-11) je tazky a po uvolneni méze spadnuit.
Tento postup by mali vykonavat iba operatori, ktori boli upozorneni na potencialne nebezpeéenstvo a
ktori absolvovali primerant odbornu pripravu.

Manudlne odomknutie zostavy na farbenie sklicok na systéme BOND:

1 Vypnite napdjanie a odpojte napajaci kabel.

2 Odskrutkujte Styri Sesthranné skrutky pripeviujuce kryt modulu injekénych striekaciek pomocou 3 mm klica
s vnatornym Sesthranom. Z dévodu lepSieho pristupu k uvolfiovacim kolikom a rukovati modulu odstrarite kryt.
3 Vyhladajte dva uvolfnovacie koliky vedla pumpy injekcnej striekacky jedna a Styri.

Obrazok 12-9: Umiestnenie uvoltovacich kolikov s otvorenou jednotkou pre pristup

(..M N

4 Vytiahnite dva koliky smerom dopredu k sebe, kym nezacvaknu a nezatlacia modul. Pri pohybe modulu

smerom dopredu ddvajte pozor, aby ste netahali ani nestlaéali hadicky z tekutin na hlavédch injekénych
striekaciek.

5 Modul pumpy injekénych striekaciek sa otvori dostatocne na to, aby umoznil pristup do zostav na farbenie
sklicok.
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6 Vyhladajte gombik na rucné uvolnenie pod zostavou na farbenie sklicok.

Obrézok 12-10: Gombik na manuélne uvolnenie

7 OtocCte gombik v smere znazornenom na Obrazok 12-10. Pocas tejto ¢innosti sa krycie sklicka Covertile
posunu po podloznych sklickach a celad zostava a podnos sa pohnd smerom nahor.

8 Pokracujte v otacani uvolfiovacieho gombika, kym nepocitite odpor. V tomto bode by malo byt mozné vybrat
podnos na sklicka zo zostavy.

9 Sklicka skladujte podla postupov vo vasom zariadeni.

10 Opatrne zatlacte modul pumpy injekcnych striekaCiek spat na svoje miesto, davajte pozor, aby ste netahali ani
nestlacali hadicky fluidiky na hlavach striekaciek.

17 Zaistite, aby dva koliky na oboch strandch modulu zacvakli spat do uzamknutej polohy.

injekénych striekaciek (BOND-III) Uplne zatvoreny. V opaénom pripade moze dojst k

c POZOR: Pred spustenim cyklu alebo inicializaciou modulu spracovania sa uistite, Ze je modul
poSkodeniu injekénych striekaciek pocas prevadzky.

12 Nasadte kryt modulu injekénej striekacky a zaistite ho pomocou Styroch Sesthrannych skrutiek.

Pred zapnutim modulu spracovania je potrebné skontrolovat polozku Protocol status (Stav protokolu) (pozrite si
5.2 Obrazovka stavu protokolu).

Ked je modul spracovania zapnuty, inicializuje sa, zisti stav zostav a podnikne vSetky kroky potrebné naich pripravu
na pouzitie.

Poinicializacii sa stav zostavy na farbenie sklicok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia ziadne
kroky. MdZe byt mozné dokongit spracovanie na systéme BOND-III, pripadne dokondéite zvy$né kroky manualne.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Manuélne odomknutie zostavy na farbenie sklicok pre systém BOND-MAX vykonajte takto:

1

N w N

9
10

Vypnite napajanie a odpojte napajaci kabel.

Otvorte dvierka nadob na nebaleny material a vyberte nadoby na nebaleny material.

Vysunte podnos v hornej Casti priehradky na nadoby na nebaleny material von.

Vyhladajte ruéné uvolfiovacie tladidlo (pozrite si Obrazok 12-10) pod zostavou na farbenie skli¢ok.

OtocCte gombik v smere znazornenom na Obrazok 12-10. Pocas tejto ¢innosti by sa krycie sklicka Covertile mali
posunut po podloZznych sklitkach a celd zostava a podnos sa pohnt smerom nahor.

Pokracujte v otaéani uvolfiovacieho gombika, kym nepocitite odpor. V tomto bode by malo byt mozné vybrat
podnos na sklicka zo zostavy.

Sklicka skladujte podla postupov vo vasom zariadeni.

Vycistite spodnu a hornt odkvapkavaciu misku, ak je to potrebné, potom znovu vlozte hornd misku do
priehradky na nadoby na nebaleny materidl — koniec podnosu so zahnutim 45 stupfiov smeruje dopredu, s
uhlom nahor.

Znovu vlozte nadoby na nebaleny material.

Zatvorte dvierka priehradky na nadoby na nebaleny material.

Pred zapnutim modulu spracovania je potrebné skontrolovat poloZku Protocol status (Stav protokolu) (pozrite si
5.2 Obrazovka stavu protokolu).

Ked je modul spracovania zapnuty, inicializuje sa, zisti stav zostav a podnikne vSetky kroky potrebné naich pripravu
na pouZzitie.

Poinicializacii sa stav zostavy na farbenie sklicok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia ziadne
kroky. MoZe byt mozné dokongit spracovanie na systéme BOND-MAX, pripadne dokongite zvy$né kroky manudline.
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12.5 Restart modulu spracovania

Kazdy modul spracovania by sa mal vypnut a restartovat kazdy tyzden. Je to dolezité, pretoze to umoziuje modulu
spracovania dokoncit autodiagnosticku kontrolu systému.

Riadiace zariadenie BOND s jednou stanicou sa nemusi vypinat a reStartovat pravidelne. Ak v3ak dojde k viditelnému
spomaleniu softvéru BOND, mozno budete musiet restartovat riadiace zariadenie pomocou ponuky Start systému
Windows.

Ak v8ak mate systém BOND-ADVANCE, pozrite si ¢ast 16.7 Restartovanie systému BOND-ADVANCE.

Modul spracovania

V pripade modulov spracovania sa uistite, Ze nie su nacitané, naplanované alebo spracované ziadne cykly, a vypnite
ich pomocou vypinaCa na pravej strane modulu spracovania. Pockajte 30 sekund a potom ich znovu zapnite. Pri
spusteni systém BOND pripravi systém fluidiky a vykona niekol'ko systémovych testov (pozrite si ¢ast

2.2.2 Inicializécia modulu spracovania).

Upozorfiujeme, Ze mozete spustit Giastoéné naplnenie systému fluidiky bez vypnutia modulu spracovania (pozrite si
gast Cistenie fluidiky).

Cistenie fluidiky

Pomocou tlacidla Clean fluidics (Cistenie fluidiky) na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa prepléchnu hadicky fluidiky

z nadob na nebaleny materidl (Cast inicializécie modulu spracovania spustend pri Starte). Spustite rutinny postup, ak
mate podozrenie na zablokovanie alebo vzduch v davkovacom systéme fluidiky.

—

Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne cykly.
2V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).
3 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Clean fluidics (Cistenie fluidiky).
4

Po vyzve na potvrdenie kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

a

Systém fluidiky je preplachnuty, 6o méze trvat niekolko minut.
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12.6 Nasavacia sonda

Nasdvacia sonda sa automaticky Cisti v premyvacom bloku medzi kontaktom s kazdou reagenciou ako sucast
normalnej prevadzky. Je vSak potrebné vykondvat aj dodatocné tyzdenné Cistenie a Gistenie pomocou Cistiaceho
systému nasavacej sondy BOND. Reagencie Cistiaceho systému su optimalizované pre systém BOND a softvér BOND
pouziva Cistiaci protokol uréeny na maximalizéciu U¢innosti prania. Softvér BOND upozoriuje pouzivatelov, ked dojde
k vyCisteniu a vymene sondy.

maoze vyrovnat, €o md za nésledok zIé farbenie.

é VYSTRAHA: Pokial je modul spracovania zapnuty, nepohybuijte hlavnym ramenom robota. Robot sa
Ak bol robot presunuty: vypnite modul spracovania, pockajte 30 sekund a potom ho znovu
inicializujte.

Pozrite si:

o 12.6.1 Cistenie nasavacej sondy

12.6.1  Cistenie nasavacej sondy

Pred utieranim vzdy vypnite modul spracovania a davajte pozor, aby ste sondu neohli. Exteriér nasavacej sondy
utierajte kazdy tyzder pomocou 70 % roztoku etanolu na handricke, z ktorej sa neuvoliuju viakna, alebo tamponu
namoceného v etanole. Skontrolujte hadiCku pripojenu k nasavacej sonde a uistite sa, ze vo vnutri hadicky nie su
Ziadne zlomy alebo cudzie predmety. Hadi¢ka by mala byt Cista.

Softvér BOND vds upozorni, aby ste vycistili sondu pomocou systému na Cistenie nasavacich sond BOND po
kazdych 300 sklickach (pozrite si €ast 12.6.2 Spustenie Cistenia nasavacej sondy). Pocet sa automaticky 3%
vynuluje, ked je spustené Cistenie alebo je sonda uspesne vymenena. —~

Systémy na Cistenie nasdvacej sondy BOND by sa mali zaregistrovat v systéme BOND po prijati rovnakym sp6sobom
ako detekéné systémy (pozrite si ¢ast 8.3.3 Registracia reagencii a systémov reagencif). Tento softvér vedie zaznamy
0 pouzivani Cistiaceho systému a umozniuje 15 Cisteni z kazdého systému.

Na zachovanie ucinnosti reagencii v Cistiacich systémoch ich vkladajte do modulov spracovania iba
vtedy, ked sa maju pouzit. Pokial je do modulu spracovania vioZena ind reagencia alebo systém
reagencii, nie je mozné vycistit nasavaciu sondu, a ked je do modulu spracovania vlozeny Gistiaci
systém, nie je mozné spustit spracovanie sklicka.
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12.6.2  Spustenie Cistenia nasavacej] sondy

Podla pokynov niz$ie vycistite nasavaciu sondu pomocou systému na Cistenie nasavacej sondy BOND.
Spustenie Cistiaceho protokolu trva priblizne 20 mindt.

1 Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne cykly.
Z modulu spracovania vyberte vSetky reagencie alebo podnosy systému reagencii.

Vlozte systém na Cistenie nasavacich sond BOND do podnosu na reagencie na module spracovania.

B~ W

V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).

5 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom Kliknite na tlagidlo Clean aspirating probe (Cistenie nasévacej
sondy).

6 Po zobrazeni vyzvy kliknutim na tlagidlo Yes (Ano) spustite Cistenie.

Spusti sa protokol Cistenia oznaceny ikonou Cistenia na karte modulu spracovania.
7 Pockajte, kym sa nezobrazi upozornenie, Ze sa Cistenie ukoncilo.
8 Qdstranite systém na Cistenie nasavacich sond BOND z podnosu na reagencie.

9 Kliknutim na tlagidlo OK v dialdgovom okne Cleaning complete (Cistenie je dokoncené) pokracujte v normélinej
prevadzke.
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12.7 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

ZmieSavacie stanica obsahuje Sest jamiek na mieSanie reagencii. Hodf sa ako vlozka do premyvacieho bloku.

Obrazok 12-11: Pohlad zhora na premyvaci blok s umyvacou oblastou (1) a zmie$avacou stanicou (2) na svojom
mieste

N

VYSTRAHA: Niektoré z reagencif pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii
@ su nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, ze ste absolvovali primerané bezpecnostné Skolenie.

Pravidelne kontrolujte zmenu zafarbenia a celkovy stav zmieSavacej stanice a v pripade potreby ju vymenite. Vymenu
stanice vykondvajte mesacne ako sucast beznej Udrzby. Pred odstranenim vzdy skontrolujte, ¢i st vSetky cykly
dokoncené.

Ak chcete odstranit zmie$avaciu stanicu, uchopte jazycek na zadnej strane zmie$avacej stanice a vyberte ju.

Cistenie zmieSavacej stanice

ZmieSavaciu stanicu je mozné opakovane pouzivat az do uplynutia mesacnej vymeny za predpokladu, Ze nie je
poskodena ani silne sfarbend a je riadne vycistena.

1 Ak sa vyzaduje Cistenie, namocte najmenej na 30 minut do Cerstvého roztoku % hm./obj. chldérnanu sodného v
deionizovanej vode.

2 Vyberte a ponorte do Cerstvej deionizovanej vody 10-krat.
3 Namadcajte najmenej 10 minut v etanole reagencného stupna.
4 MieSajte 30 sekund a vyberte.

5 Nechajte vysusit na vzduchu.

Cistenie premyvacieho bloku

Premyvaci blok Cistite kazdy tyzden pomocou handricky, z ktorej sa neuvoluju vidkna.

POZOR: Na Cistenie vnutornych otvorov premyvacieho bloku nepouzivajte vatové tyCinky ani iné
aplikdtory s hrotmi z baviny — ak sa bavina z hrotov uvolni, méze tieto otvory zablokovat.
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12.8 Kryty, dvere a veko

Kazdy den Cistite kryty, dvere (ak st nainstalované) a veko modulu spracovania prachovkou alebo handri¢kou.

Nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky, ak je to potrebné, navih¢ite vodou handricku, z ktorej sa neuvolfuju viakna, a

utrite kryty, dvere a veko, aby ste zabranili hromadeniu necistot.

Ak sa niektory z krytov, dvere alebo veko zdeformuju alebo poskodia, poziadajte oddelenie podpory zakaznika o
vymenu.

12.9 Snimac identifikatorov

Okno snimaca identifikdtorov na hlavnom ramene robota sa musi udrziavat gisté, aby sa zabezpecilo spravne
identifikovanie skli¢ok. Kazdy tyzden, alebo ak sa v snimaci ¢asto nedari sprévne identifikovat identifikdtor, vygistite
okno handrickou, z ktorej sa neuvolfuju vlakna, navihcenou 70 % roztokom etanolu.

Obrdzok 12-12: Snimac identifikatorov
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12.10 Odkvapkavaci podnos

Odkvapkavacie podnosy Cistite mesacne alebo CastejSie, ak sa objavi rozliata reagencia alebo odpad. Ak existuju
dokazy o nadmernom rozliati alebo usadenf soli na podnosoch, obrétte sa na oddelenie podpory zékaznika.

e 12.10.1 BOND-III Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material
e 12.10.2 Odkvapkavaci podnos modulu spracovania BOND-III
e 12.10.3 BOND-MAX Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material

12.10.17 BOND-III Odkvapkavacie podnosy nadoby na
nebaleny material

Systém BOND-IIl ma dva odkvapkavacie podnosy pre nadoby na nebaleny material, ktoré sa nachdadzaju pod
nadobami na nebaleny material na hornej a dolnej Urovni modulu spracovania.

Na Cistenie odkvapkavacich podnosov nadoby na nebaleny material BOND-IIl pouzite nasledujuci postup:
1 uistite sa, ze modul spracovania nie je v prevadzke,

2 odstrante vSetky nadoby na nebaleny material,
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3 odstranite Cierne kryty, ktoré chrania snimace hmotnosti kazdej nadoby na nebaleny material (pozrite si
Obrdzok 12-13). Kazdy kryt utrite handri¢kou alebo gdzou navihéenou v 70 % roztoku etanolu.

Obrdzok 12-13: Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-III, na ktorych su znazornené
kryty snimaca hmotnosti

LLILET] 1) iR EEEIDEEERT jut 1l Ll LI L]

0000000

4 Odkvapkdvacie podnosy utrite 70 % roztokom etanolu. Vyhnite sa kontaktu s exponovanymi kovovymi
snimacmi hmotnosti.

5 Odkvapkavacie podnosy vysuste papierovou utierkou.

6 Utrite vSetky nadoby na nebaleny material a vratte ich na spravne miesto.
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12.10.2 Odkvapkavaci podnos modulu spracovania
BOND-III

Systém BOND-IIl ma treti odkvapkavaci podnos umiestneny pod modulom spracovania, ako to znazornuje Obrazok
12-14 nizsie.

Obrézok 12-14: Odkvapkavaci podnos modulu spracovania BOND-II

Na pristup k odkvapkavaciemu podnosu modulu spracovania pouzite nasledujuci postup:

1 Vyhladajte odkvapkdvaci podnos pod modulom spracovania (pozrite si Obrdzok 12-14) a vytiahnite podnos
von. Obidvomi rukami podopierajte podnos a zabrante rozliatiu kvapaliny.

2 Vyprazdnite obsah podnosu a zlikvidujte odpad v sulade so schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

‘ Podnos ma v zadnom rohu kanalik, ktory pomaha pri vylievani a zabranuje rozliatiu.

3 Podnos umyte 70 % roztokom etanolu a potom ho vrétte do spravnej polohy.
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12.10.3 BOND-MAX Odkvapkavacie podnosy nadoby na
nebaleny material

Systém BOND-MAX ma jeden odkvapkavaci podnos umiestneny pod nadobami na nebaleny material v priehradke na
nadoby na nebaleny material.

Na pristup k odkvapkavaciemu podnosu nadoby na nebaleny material pouzite nasledujuci postup:
1 Uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke, a vyberte vSetky nadoby na nebaleny material.
2 Vyberte odkvapkdavaci podnos a utrite ho handrickou alebo gazou navlhcenou v 70 % roztoku etanolu.

3 Vysuste odkvapkdavaci podnos papierovou utierkou a vratte ho do sprévnej polohy (zakrivend hrana v prednej
¢asti modulu spracovania).

4 Utrite vSetky nddoby na nebaleny materidl a vratte ich na spravne miesto.

12.171 Podnosy na sklicka

Podnosy na sklicka Cistite kazdy mesiac umyvanim teplou mydlovou vodou a opldchnutim te¢tcou vodou. Pred
pouzitim vzdy skontrolujte, ¢i su podnosy na sklicka suché. Vymernite zdeformované alebo poskodené podnosy.

12.12 Sondy robota na nebalenu tekutinu (len
BOND-III)

Sonda kazdého robota na nebalenu tekutinu vyzaduje kazdy mesiac Cistenie 70 % roztokom etanolu na handricke,
z ktorej sa neuvolmuju vidkna, alebo tampdonom namocenym v etanole.

Pocas Cistenia skontrolujte poskodenie sond a v pripade potreby ich vymerite.

e 12.12.1 Cistenie sond robota na nebalend tekutinu

12.12.1 Cistenie sond robota na nebalenu tekutinu

Ddvkovacie sondy robota na nebalend tekutinu Cistite kazdy mesiac, pricom dbajte na to, aby sa sondy neohybali.

VYSTRAHA: Roboty na nebalent tekutinu sa pohybuju pozdiz zostév na farbenie sklicok, aby umoznili
pouzivatelom pristup na Cistenie. Tento postup by mali vykonavat iba operatori, ktori boli upozornenf
na potencidlne nebezpecenstvo a ktori absolvovali primerant odbornd pripravu.

1 Uistite sa, Ze modul spracovania je ne¢inny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne cykly.

2V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).
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3 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Clean bulk fluid robot probes (Vygistenie
sond robota na nebalend tekutinu).

4 Pozorne si precitajte pokyny uvedené v dialdgovom okne Clean bulk fluid robot probes (Vygistenie sond robota
na nebalen( tekutinu), zamknite vSetky podnosy na sklicka a kliknutim na tlacidlo Yes (Ano) pokracujte.

Obrézok 12-15: Utrite vSetky tri sondy robota na nebalenu tekutinu pomocou 70 % roztoku etanolu (je uvedena
sonda)

Legenda

1 Konektor sondy

2 Sonda

5 Ked sa vSetky tri roboty na nebalenu tekutinu presunuli do prednej ¢asti modulu spracovania, vypnite ho.
6 Sondy jemne ocCistite 70 % roztokom etanolu na makkej handricke alebo tamponom namocenym v etanole.
Ddvajte pozor, aby ste sondy nevyviedli zo zarovnania.

7V dialdgovom okne vyberte roboty na nebalenu tekutinu, ktoré ste Uspesne vycistili, a potom kliknite na tlacidlo
Done (Hotovo). Ak ste ni¢ nevycistili, kliknite na tlacidlo None were cleaned (Ziadne neboli vycistené).

8 Restartujte modul spracovania. Pocas inicializécie sa roboty na nebalenu tekutinu vratia do vychodiskovej
polohy na zadnej strane modulu spracovania.

12.13 Injekcne striekacky

Softvér BOND vés upozorni na vymenu injekénej striekacky (BOND-MAX) alebo injekénych striekaciek

(BOND-IIl) kazdych Sest mesiacov alebo po spracovanych 7 800 sklickach, podla toho, ¢o nastane skor .,;'}:
(pozrite si ¢ast 5.1.2 Stav hardvéru). ~

Vizudlne skontrolujte injekéné striekacky, najma hornu ¢ast injekénej striekacky a ¢ast pod piestom, &i sa tam
nenachddzaju netesnosti, raz za tyZden pocas inicializécie alebo pocas cyklu Cistenia fluidiky (pozrite si ¢ast
12.5 Restart modulu spracovania). Skontrolujte tiez pripojené hadicky a konektory. Vymerite, ak sa na nich
nachadzaju nejaké netesnosti.

Ak by ste uprednostnili, aby injekéné striekacky vymenil servisny technik spolo¢nosti Leica Biosystems, obratte sa na
oddelenie podpory zakaznika. V opa¢nom pripade mézete vymenit injekéné striekacky podla opisu nizSie.
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Al

-

VYSTRAHA: Vzdy noste ochranny odev a rukavice.
Afw

» 12.13.1 Vymena injekcnych striekaCiek BOND-III

e 12.13.2 Vymena 9-portovej injekcnej striekacky BOND-MAX

12.13.1 Vymena injekcnych striekaciek BOND-II

Pokial nevymenite jednu chybnu injekcnu striekacku kratko po vymene, vymente vSetky injekcné striekacky sucasne.
1 Uistite sa, Ze modul spracovania je ne¢inny (nema nacitané ani naplanované ziadne cykly).
2V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).

3 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Replace syringe (Vymenit injekénd
striekacku).

4 Precitajte si pokyny a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

Modul spracovania odstrani kvapalinu zo vSetkych injekcnych striekacCiek a umiestniich na miesto na vymenu
\ls

(moze to trvat az 10 mindt). Pockajte na odpojenie modulu spracovania - , potom ho vypnite.
Nevypinajte riadiace zariadenie (alebo terminal, v systéme BOND-ADVANCE).

c POZOR: Pred pokracovanim skontrolujte, Ci je modul spracovania vypnuty.

5 Odskrutkujte Styri Sesthranné skrutky pripevriujtce kryt modulu injekénych striekaciek pomocou 3 mm kltca
s vnutornym Sesthranom. Odstrarite kryt.

6 Pre kazdu injekenu striekacku uvolnite skrutku svorky striekacky a sklopte svorku.

7 Pouzite 2.5 mm kl'u¢ s vnitornym Sesthranom na odstranenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej strane
piesta.

Obrazok 12-16: Odskrutkuijte skrutku piesta pomocou kl'i¢a s vnitornym Sesthranom.

-

Niektoré modely maju namiesto skrutky s vnitornym Sesthranom kridlovd skrutku.
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8 Odskrutkujte valec injekcnej striekacky z ventilu. Vyberte injekénu striekacku a svorku z modulu spracovania.
9 Nasadte novu injek¢nu striekacku cez svorku.

10 Nasadte injekcnu striekacku a svorku na modul spracovania - striekacku naskrutkujte do ventilu.

17 Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.

12 Nadvihnite svorku na vrch injekcnej striekacky a utiahnite skrutku.

13 Nasadte kryt modulu injekénej striekacky a zaistite ho pomocou Styroch Sesthrannych skrutiek.

14V dialdgovom okne vyberte injekcné striekacky, ktoré ste uspesne vycistili, a potom kliknite na tlacidlo Done
(Hotovo). Ak ste Ziadne dspesne nevymenili, kliknite na tlacidlo None were replaced (Ziadne neboli nahradené).

15 ReStartujte modul spracovania.

16 Pocas inicializacie modulu spracovania skontrolujte, ¢i nedochadza k tnikom, najma v hornej Casti injekcnych
striekaCiek a pod piestami. Akékolvek Uniky nahlaste oddeleniu podpory zékaznika.

17 Ak chcete skontrolovat, ¢i boli nové injekéné striekacky spravne nainstalované, spustite testovacie tkaniva
alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, ¢i je dosiahnuté spravne farbenie.

12.13.2 Vymena 9-portovej injekcnej striekacky BOND-MAX

1 Uistite sa, Ze modul spracovania je neginny (nema nacitané ani naplanované Ziadne cykly).
2V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav systému).

3 Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Replace syringe (Vymenit injekénd
striekacku).

4 Precitajte si pokyny a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

Modul spracovania odstrani kvapalinu z injekénej striekacky a umiestni ju na miesto na vymenu. Pockajte na
A/

odpojenie modulu spracovania L , potom ho vypnite. Nevypinajte riadiace zariadenie (alebo terminal,
v systéme BOND-ADVANCE).

c POZOR: Pred pokracovanim skontrolujte, Ci je modul spracovania vypnuty.

5 Uvolnite skrutku svorky injekcnej striekacky a sklopte svorku.
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6

10
11
12

13
14

15

Pouzite kl'i¢ s vnutornym Sesthranom na odstranenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej strane piesta.

Obrazok 12-17: Odskrutkuijte skrutku piesta pomocou kl'i¢a s vnitornym Sesthranom.
o

S

Niektoré modely maju namiesto skrutky s vnitornym Sesthranom kridlovu skrutku.

_—

Odskrutkujte valec injekcnej striekaCky z ventilu. Vyberte injekcnu striekaCku a svorku z modulu spracovania.
Nasadte novu injekénu striekacku cez svorku.

Nasadte injek¢nu striekaCku a svorku na modul spracovania — striekacku naskrutkujte do ventilu.
Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.

Nadvihnite svorku na vrch injekénej striekacky a utiahnite skrutku.

V dialdgovom okne Kliknite na tlacidlo Yes (Ano) na potvrdenie toho, Ze ste Uspe$ne vymenili injekénu
striekaCku.

ReStartujte modul spracovania.

Pocas inicializacie modulu spracovania skontrolujte, ¢i nedochadza k dnikom, najma v hornej Casti injekcnej
striekaCky a pod piestom. Akékolvek uniky nahlaste oddeleniu podpory zakaznika.

Ak chcete skontrolovat, ¢i bola nové injekéna striekacka spravne nainstalovana, spustite testovacie tkaniva
alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, i je dosiahnuté spravne farbenie.
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12.14 Poistky napajania

StarSie moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX maju dve sietové poistky a dve poistky napéjania ohrievaca.
Alternativne moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX maju iba dve sietové poistky. Hodnoty poistiek sa liSia v
zévislosti od sietového napédjania. Poistky st umiestnené na zadnom kryte (pozrite si ¢ast 2.2.13 Zadny kryt).

Starsi systém BOND-IIl pouziva nasledujuce poistky:

Poistka Opis Napajanie 100 - 240 VAC
F1 Napajanie ohrievaca 3AG T8A 250V UL
F2  Napdjanie systému 3AG T8A 250V UL

F3  Sietové napdjanie (neutraine) 3AG T15A 250V UL

F4  Sietové napdjanie striedavym 3AG T15A 250V UL
pridom (aktivne)

Alternativny systém BOND-IIl pouziva nasledujuce poistky:

Poistka Opis Napajanie 100 - 240 VAC
F3  Sietové napajanie (neutraine) 3AG T15A 250V UL

F4  Sietové napdjanie striedavym 3AG T15A 250V UL
pridom (aktivne)

StarSie moduly spracovania BOND-MAX pouzivaju nasledujuce poistky:

Sietové napajanie striedavym 3AG T15A 250V UL
pridom (aktivne)

F2  Sietové napajanie (neutraine) 3AG T15A 250V UL
F3 24V napdjanie ohrievaca 3AG T8A 250V UL
F4 24V DC napdjaci zdroj 3AG T8A 250V UL

Alternativne moduly spracovania BOND-MAX pouZivaju nasledujlce poistky:

F1 Sietové napajanie striedavym 3AG T15A 250V UL
pridom (aktivne)

F2  Sietové napajanie (neutralne) 3AG T15A 250V UL
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é VYSTRAHA: Poistky neprepéjajte ani neskratujte.
Pred vymenou poistiek modul spracovania vypnite a odpojte napajaci kabel.

Poistky vymerite iba za Standardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obrétte sa na oddelenie
podpory zakaznika.
Pri vymene poistiek postupujte takto:
1 Vypnite modul spracovania.
Vypnite sietové napajanie a odpojte sietové napdjanie zo zasuvky v stene.

Odskrutkujte kryt poistky.

A~ W N

Vytiahnite kryt poistky a vymerite poistku. Uistite sa, ze ste vymenili za poistku spravnych Specifikacii.

5 ZatlaCte kryt poistky a zaskrutkujte poistku v smere hodinovych ruciciek, aby ste poistku zaistili na svojom
mieste. Nedotahuijte prilis.
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\'4

13.17 Rucné Citacky Ciarovych kddov

13.1.1  Citacka Ciarovych kodov Symbol

@ Tieto pokyny sa vztahuju iba na starSiu ¢itacku Giarovych kédov Symbol. Ak mate novSiu éitacku
&iarovych kddov Honeywell a Zebra, precitaijte si ¢ast 13.1.2 Citacka Giarovych kddov Honeywell a

13.1.3 Citacka Giarovych kddov Zebra DS2208.

Vycistite svoju ruénu ¢itacku kazdy tyzden:
« Zabrante kontaktu akéhokolvek drsného materialu s oknom
 Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna
» Neodstranujte gumeny nos z citacky.
Vycistite CitaCku takto:
1 Najskor odpojte Citacku od riadiaceho zariadenia alebo termindlu.
2 Qdstrante neCistoty pomocou navih¢enej handricky, z ktorej sa neuvolfuju vidkna.

3 Utrite okno handrickou, z ktorej sa neuvolnuju vlakna, navihcenou v 70 % roztoku etanolu.

VYSTRAHA: Ru¢n4 Gitacka Giarovych kddov obsahuje laserové zariadenie, ktoré moze sposobit
vazne poskodenie oCi.

Ked je zapnuté, nepozerajte sa do okna Citacky.
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13.1.1.1 Konfiguracia Citacky Ciarovych kddov Symbol

Ak chcete znova inicializovat &itacku Giarovych kddov Symbol (USB), vytladte kvalitnt tladent kdpiu tejto stranky a
naskenujte kazdy z nasledujucich Ciarovych kddov.

Obrdzok 13-1: Sekvencia snimania Ciarovych kddov pre konfigurdciu ¢itacky Symbol

Sken 1: Nastavenie vSetkych predvolenych hodnot

Sken 2: Aktivacia kddu 128

Sken 3: Moznosti skenovania

Sken 4; <DATA><SUFFIX>

Sken 5: Potvrdenie
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13.1.1.2 Nastavenie hlasitosti bzuCiaka

Ak chcete pre ¢itacku ¢iarovych kddov Symbol nastavit hlasitost bzugiaka, vytlacte kvalitni tlacenu kdpiu tejto
stranky a naskenujte ¢iarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej trovni.

Obrézok 13-2: Ciarové kody bzutiaka pre ¢itatku Symbol

Nizka hlasitost

Stredné hlasitost
13.1.2  Citacka Giarovych kodov Honeywell

@ Tieto pokyny sa vztahuju iba na novSiu ¢itacku Giarovych kédov Honeywell. Ak mate starsiu ¢itacku
giarovych kédov Symbol, pozrite si ¢ast 13.1.1 Citacka Giarovych kodov Symbol. Ak mate Gitacku

Vysokd hlasitost
&iarovych kddov Zebra DS2208, pozrite si Gast 13.1.3 Citatka Giarovych kddov Zebra DS2208.

Vycistite svoju rucnu ¢itacku kazdy tyzden:
 Zabrante kontaktu akéhokolvek drsného materialu s oknom
» Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna
Vycistite CitaCku takto:
 Najskor odpojte ¢itacku od riadiaceho zariadenia alebo terminalu.
« QOdstrante necistoty pomocou navlh¢enej handricky, z ktorej sa neuvolnuju vlakna.
« Vycistite okno handrickou, z ktorej sa neuvolTiuju vlakna, navihcenou v 70 % roztoku etanolu.

Ak ruénd citacka ¢iarovych kddov nefunguje spravne, vasa servisna organizécia moze poZiadat o jeho opatovnu
inicializaciu. Hlasitost bzu¢iaka mozete upravit aj na ¢itacke.
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13.1.2.1 Konfiguracia citacky Ciarovych kddov Honeywell

Ak chcete znova inicializovat ¢itacku éiarovych kédov Honeywell (USB), vytlacte kvalitni tlacenu képiu tejto stranky a
naskenujte Ciaroveé kody v uvedenom poradi:

Obrazok 13-3: Ciarové kddy pre konfiguraciu ¢itacky

Sken 1: Odstranenie vlastnych predvolenych hodnét

Sken 2: Aktivacia predvolenych hodnot

Sken 3: Konfigurdcia ¢itacky Honeywell

13.1.2.2 Nastavenie hlasitosti bzucCiaka

Ak chcete pre ¢itacku Giarovych kddov Honeywell nastavit hlasitost bzuciaka, vytlacte kvalitnu tlacent kdpiu tejto
stranky a naskenujte ¢iarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej urovni.

Obrazok 13-4: Ciarové kddy bzuciaka pre ¢itacku Honeywell

Nizka hlasitost

Stredn4 hlasitost
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Vysoka hlasitost

Bzuciak vypnuty

13.1.2.3 Konfiguracia pouzitia bez pouzitia ruk

Ked je ¢itacka umiestnend v stojane, pouziva sa normalne bez pouZitia rik a pri ¢itani Giarového kddu nemusite stlacit
Spust.

Ak chcete zapnut alebo vypnUt prevédzku bez pouZitia rik pre éitacku ciarovych kddov Honeywell, vytlacte kvalitni
tlacenu kdpiu tejto stranky a naskenujte Giarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej funkcii.

Obrézok 13-5: Ciarové kédy na prevadzku bez pouzitia ruk pre ¢itacku Honeywell

Prevédzka bez pouzitia riuk ZAPNUTA

Prevédzka bez pouzitia rik VYPNUTA
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13.1.3  Citacka Ciarovych kodov Zebra DS2208

@ Tieto pokyny sa vztahuju iba na novsiu ¢itacku éiarovych kédov Zebra. Ak mate starsiu ¢itacku
Siarovych kddov Symbol, pozrite si ¢ast 13.1.1 Citacka Giarovych kodov Symbol. Ak méte Gitatku

giarovych kodov Honeywell, pozrite si éast 13.1.2 Citacka Giarovych kddov Honeywell.

Vycistite svoju rucnu Citacku kazdy tyzden:
« Zabrante kontaktu akéhokolvek drsného materialu s oknom
« Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna
Vycistite ¢itaCku takto:
» Najskor odpojte ¢itacku od riadiaceho zariadenia alebo terminalu.
« (QOdstrante necistoty pomocou navih¢enej handricky, z ktorej sa neuvolfuju vlakna.
« Vycistite okno handrickou, z ktorej sa neuvoliuju vldkna, navlhcenou v 70 % roztoku etanolu.

Ak ruéna citacka ciarovych kédov nefunguje spravne, vasa servisnd organizacia moze poziadat o jeho opatovn
inicializaciu. Hlasitost bzugiaka moZete upravit aj na éitacke.

Systém BOND Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 328



Kapitola 13 Cistenie a (drzba (rozne)

13.1.3.1 Konfiguracia Citacky Ciarovych kddov Zebra

Ak chcete znova inicializovat &itacku Giarovych kddov Zebra (USB), vytlacte kvalitni tlacenu képiu tejto stranky a
naskenujte kazdy z nasledujucich Ciarovych kddov.

Obrdzok 13-6: Sekvencia snimania Ciarovych kodov pre konfiguréciu ¢itacky Zebra

Sken1: Nastavenie predvolenych hodnot

Sken 2: Aktivacia kodu 128

Sken 3: MozZnosti skenovania

Sken 4: <DATA> <SUFFIX>

Sken 5: Potvrdenie

Sken 6: Prepisat klaves CAPS LOCK (Povolenie)
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13.1.3.2 Nastavenie hlasitosti bzuciaka

Ak chcete pre ¢itacku ¢iarovych kddov Zebra nastavit hlasitost bzuciaka, vytlacte kvalitnd tlaéend képiu tejto stranky
a naskenujte Ciarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej Urovni.

Obrézok 13-7: Ciarové kody bzutiaka pre ¢itatku Zebra

Nizka hlasitost

q

Stredna hlasitost

Vysoka hlasitost

13.1.3.3 Konfigurdcia pouzitia bez pouzitia ruk

Ked je ¢itacka umiestnend v stojane, pouziva sa normalne bez pouZzitia ruk a pri ¢itani ¢iarového kddu nemusite stlagit
spust.

Ak chcete zapnut alebo vypnut prevédzku bez pouZitia rik pre éitacku Ciarovych kddov Zebra, vytlacte kvalitni

tlaCenu kopiu tejto stranky a naskenujte Ciarovy kod, ktory zodpoveda pozadovane] funkcii.

Obréazok 13-8: Ciarové kddy na prevadzku bez pouZitia ruk pre &itacku Zebra

Prevadzka bez pouzitia rik ZAPNUTA

Prevadzka bez pouZitia rik VYPNUTA
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13.2 ZnacCkovac sklicok

Prirucky sa dodavaju so znackovacom sklicok. Pokyny na Cistenie a vkladanie Stitkov a tlacovej pasky najdete v tychto
pokynoch. Cistite mesacne.
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4 Pouzitie reagencii BOND

Tato kapitola vSeobecne opisuje vedecké a klinické dovody farbenia tkaniv v systéme BOND.

Kazdy vyrobok Leica Biosystems sa dodava s Uplnym ndvodom na pouZzitie. Najprv si precitajte tieto pokyny, kde
najdete Specifické informadcie o reagenciach na pripravu vzorky, kontrolu kvality a interpretaciu testu. VSeobecné

e 141 Princip postupu
e 14.2 Priprava vzorky

14.3 Kontrola kvality

14.4 Interpretdcia farbenia

14.5 VSeobecné obmedzenia

14.6 Literatura

14.7 Princip postupu

Téato ¢ast obsahuje vSeobecné Gvody k imunohistochemickému rozboru (IHC) a hybridizacii in situ (ISH). Opisuje tiez
detekcné systémy BOND.

Imunohistochemicky rozbor (IHC)

Techniky imunohistochemického rozboru sa pouzivaju na detekciu Specifickych antigénov v bunkdach alebo tkanivach
uz najmenej 50 rokov. Prva zapisana metdda pouzivala fluorescenéné znacky v roku 1941 . Nésledne boli zavedené
enzymy, ako je peroxidéza . Dnes sa imunohistochemicky rozbor pouziva na ulahcenie rozpozndvania buniek popri
rutinnom H a E parafinovom farbeni a pomaha pri rozpoznavani normalnych a abnormalnych buniek. Metody
imunohistochemického rozboru sa stali Standardnou starostlivostou v chirurgickej patoldgii, ked samotné klasické
met6dy neposkytujt definitivnu diagndzu *** . Existujti véak urcité vyhrady tykajlice sa reprodukovatelnosti * napriek
takmer univerzalnemu prijatiu.

Reagencie na automatizovanom pristroji BOND ukazuju antigény v tkanivovych sekciach imunohistochemickymi
technikami. V suhrne sa teda Specificka primarna protilatka viaze na sekciu, potom reagencie detekéného systému
BOND vizualizuju komplex.
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Kapitola 14 Pouzitie reagencii BOND

pre antigén alebo DNA/RNA vo vzorke tkaniva. Znackovac je primarna protilatka v IHC alebo sonda v

‘ Diagnosticky znackovac je reagencia, ktord sa pouziva na detekciu Specifického vazbového miesta
ISH (pozrite niZSie).

In situ hybridizécia (ISH)

Molekularne biologické techniky nam znac¢ne pomohli pri pochopeni chordb. In situ hybridizacia kombinuje
molekularnu bioldgiu a histoldgiu, o umoznuje vizualizaciu DNA alebo RNA v ich bunkovom kontexte. Od detekcie
nukleovych kyselin bola prvykrat zavedend v roku 1969 ° a vd'aka zlepseniam in situ hybridizagnych protokolov sa
stala Coraz cennejSim nastrojom pre klinicku patologiu, ako aj pre vyskum.

In situ hybridizacia vyuziva komplementdrne viazanie nukleotidovych baz v DNA alebo RNA. Znacena sonda nukleove;
kyseliny sa Specificky viaze na svoju komplementdrnu sekvenciu vo vzorke fixovaného tkaniva alebo bunky. Sonda sa
vizualizuje pomocou aplikacie protilatky proti znacke, po ktorej nasleduju reagencie BOND na detekciu polymérov.
Automatizovany systém BOND a reagencie ponukaju spolahlivi a efektivnu alternativu k tazkopadnej manuélinej
technike.

14.1.17 Detekcne systemy BOND

Spoloénost Leica Biosystems dodéva cely rad detekénych systémov vyvinutych Specidlne pre systém BOND. Medzi
nimi je predovsetkym systém BOND Polymer Refine Detection™, ktory poskytuje farbenie vysokej intenzity spojené s
ostrym definovanim bez pouzitia streptavidinu a biotinu.

Dostupné detekcné systémy BOND su uvedené v nasledujucich ¢astiach.

e 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

podnose dudlneho systému reagencii a nadoba na hematoxylinové reagencie je samostatna
doplnkova polozka. Dalsie informécie néjdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke systému BOND-

‘ Modul spracovania BOND-PRIME pouziva inu verziu tohto detekéného systému. Doddva sa v
PRIME.

Systém na baze polyméru DAB BOND, BOND Polymer Refine Detection, poskytuje farbenie vysokej intenzity spojené s
ostrym vymedzenim vazby protilatky na cielovy antigén alebo vazby sondy na nukleovu kyselinu. Systém nepouziva
streptavidin a biotin, a preto eliminuje nespecifické farbenie v désledku endogénneho biotinu. Endogénny biotin
prevlada v niektorych tkanivach, ako je karcindm gastrointestinalneho traktu, obliciek, pecene a prsnika. Systémy
detekcie polymérov BOND maju vy$Siu citlivost ako oznacené streptavidin-biotinové systémy, o vedie k nizZs§im
koncentrdciam protilatok a rychlej§im ¢asom obratu.
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V kazdom kroku systém BOND inkubuje sekcie v presnom ¢ase, potom premyva sekcie, aby sa odstranil nenaviazany
material. Kroky protokolu vratane inkubdcie, premyvania a interpretacie vysledkov sa vykonavaju podla opisu v
navode na pouzitie systému BOND Polymer Refine Detection. Vysledky sa interpretuju pomocou optického
mikroskopu a pomahaju pri diferencidlnej diagnostike patologickych procesov, ktoré mozu, ale nemusia byt spojené s
konkrétnym antigénom.

Ak sa pozaduje silnejSia intenzita, k dispozicii su nasledujuce moznosti pre vSetky systémy na detekciu polymérov
BOND:

« prediZte ¢asy inkubacie pre komponenty primérnej protilatky alebo sondy a/alebo detek&ného systému;
* vykonajte krok BOND DAB Enhancer.

* iba pre IHC zvyste koncentraciu primarnych protilatok.

‘ Tieto tri moznosti nie su k dispozicii pre systém HER2 IHC Bond Oracle™.

Systém HER2 IHC BOND predstavuje kompletny systém na ur¢ovanie pritomnosti cieflového proteinu, a teda
vhodnosti liecby cielenou terapiou. Tento test sa poskytuje ako celkovy optimalizovany systém s protilatkami,
detekcnymi reagenciami, kontrolnymi reagenciami a kontrolnymi sklickami, aby sa zabezpecilo Uplné zabezpecCenie
kvality diagnostického vysledku. Test je zalozeny na metodike imunohistochemického rozboru. K systému sa doddva
uplny navod na pouzivanie. Tento navod pouZzite na nastavenie cyklov. Z dévodu povahy testovania pomocou
imunohistochemického rozboru HER? je nanajvys dolezité, aby sa tento navod dodrziaval presne, aby nedoslo k
znehodnoteniu testu.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

@ Modul spracovania BOND-PRIME pouziva inu verziu tohto detekcného systému. Doddva sa v
podnose dudlneho systému reagencii. DalSie informécie néjdete v samostatnej pouzivatelskej

prirucke systému BOND-PRIME.

Systém BOND Polymer Refine Red Detection™ ma rovnaké vyhody ako systémy na detekciu polymérov na baze DAB
opisané vyssie, ale na vizualizaciu sa namiesto DAB pouziva chromogén Fast Red. Systém je vhodny na pouzitie na
tkanivach, ako je koza, kde sa tkanivové pigmenty mézu zamienat s DAB.

Systém BOND Polymer Refine Red Detection je vysoko citlivy systém Compact Polymer™ spojeny s alkalickou
fosfatazou, ktory zaistuje jasné imunofarbenie fuchsiovou ¢erverou, ako aj kontrastné farbenie hematoxylinom
(vratane modrania).

Chromogén Fast Red je za normalnych laboratornych podmienok chemicky nestabilny. Prisne
dodrziavajte navod na pouzivanie systému Polymer Refine Red Detection BOND na udrzanie
ucinnosti chromogénu. Kontrolnu vzorku tkaniva vzdy umiestnite na rovnakeé sklicko ako tkanivo
pacienta, aby ste mohli rychlo zistit akékolvek zhorSenie systému.
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@ Pre systém Polymer Refine Red Detection BOND sa odporuca fixatné médium Leica CV Ultra. Iné
fixaéné média si nemusia zachovat intenzitu pévodne ziskaného farbenia.

Kroky pre systém BOND Polymer Refine Red Detection:

—

4
9

aplikécia Specifickej primarnej protilatky,
inkubacia s post primarnou reagenciou,

inkubdcia s polymérnou reagenciou, ktora obsahuje konjugéty polymérnej alkalickej fosfatazy (AP) tercidrnej
protilatky,

vizualizdcia komplexu so substratom chromogénu Fast Red prostrednictvom Cervenej zrazeniny,

farbenie hematoxylinom umoziuje detekciu bunkovych jadier.

Inkubacia, premyvanie a interpretdcia vysledkov sa uskutocnuju tak, ako je to popisané pre systémy na detekciu
polymérov na baze DAB BOND,
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14.2 Priprava vzorky

Tato sekcia sa zaoberd pripravou tkaniva na farbenie.
e 14.2.1 Potrebné materialy
e 14.2.2 Priprava tkaniva
e 14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie

e 14.2.4 Ziskavanie epitopov

14.2.1  Potrebne materialy

Nasledujuce materialy su potrebné na imunohistochemické a in situ hybridiza¢né farbenie pomocou systému BOND.

14.2.1.1 Bezné materialy

» FixaCny pripravok — odportca sa 10 % neutrélny pufrovany formalin

« Parafinovy vosk

» Tkanivovy procesor a zalievacie centrum

« Negativne a pozitivne kontrolné vzorky tkaniv (pozrite si ¢ast 14.3 Kontrola kvality)
e Mikrotom

e SuSiacardra

» Fixacné médium na baze zivice alebo na vodnej baze

« Nabité mikroskopické sklicka (napr. Leica BOND Plus Slides)

» Suprava BOND Slide Labels and Printer Ribbon

 Krycie sklicka

« Univerzalne krycie sklicka BOND Covertile alebo krycie sklicka BOND-PRIME ARC Covertiles (BOND-PRIME
ARC Covertile)

« BOND-PRIME Suction Cups (Prisavky BOND-PRIME)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (Doska so zmieSavacimi jamkami BOND-PRIME)
 Vhodny systém reagencii BOND alebo BOND-PRIME

» Suprava na predpripravu enzymu BOND

* Roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution

 Premyvaci roztok (pripraveny z koncentratu BOND Wash Solution 10X Concentrate) alebo BOND-PRIME Wash
Solution Concentrate

¢ Deionizovand voda

« Etanol (reagencného stupna)
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14

* Etanol reagenc¢ného stupra obsahuje: etanol s koncentraciou vy$Sou alebo rovnajlcou sa 90 %
(hm. %), izopropanol, nie viac ako 5 % (hm. %), metanol, nie viac ako 5 % (hm. %).

@ Informéacie o module spracovania BOND-PRIME najdete v samostatnej pouzivatel'skej prirucke
systému BOND-PRIME.

2.1.2 Materialy pre IHC

Okrem vySSie uvedenych materialov sa pri testoch IHC vyzaduju:

14

Negativne kontrolné reagencie Specifické pre primarne protildtky (pozrite si ¢ast 14.3 Kontrola kvality)
Roztok na ziskavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
Roztok na ziskavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

Hotové primarne protilatky BOND alebo primarne protilatky zriedené v riediacom pripravku BOND Primary
Antibody Diluent v otvorenych nadobach BOND, 7ml alebo 30ml

Fixatné médium na bdze Zivice alebo na vodnej baze

Titracna suprava, volitelnd (pozrite si Cast 14.2.1.4 Titracna suprava )

2.1.3 Materialy pre ISH

Okrem vySSie uvedenych beznych materialov sa pri testoch ISH vyzaduju:

14

sondy ISH,
protilatka proti fluoresceinu,

Pozitivne a negativne kontrolné sondy $pecifické pre ISH (pozrite si ¢ast 14.3 Kontrola kvality).

2.1.4 TitraCna suprava

Titracna suprava BOND pozostdva z 10 prazdnych nddob a 50 vioZiek (6 ml) a pouZiva sa pri optimalizacii
koncentracie primdrnych protildtok pre systém BOND. MéZu sa pripravit malé objemy kazdej koncentrécie primarnej
protilatky a umiestnit do vloZiek. Kazda nddoba sa moZe pouZit pre celkovy objem 40 ml reagencie.

Titraciu koncentrovanych protildtok je moZné dosiahnut pomocou sériovych dvojnasobnych riedeni. Nasledujica
metdda opisuje, ako pripravit sériové riedenia pre jednu davku s objemom 150 pl.

1 Oznacte tri viozky s vhodnymi riediacimi pripravkami pre kazdu protilatku.

2 Vykonajte poCiatocné riedenie v prvej vlozke s objemom 700 pl.

3 Naddvkujte 350 pl pripravku BOND Primary Antibody Diluent do vlozky 2 a 3.
4 7 pocCiatocného riedenia preneste 350 pl do vlozky 2 a jemne premiesajte.

5 Zvlozky 2 preneste 350 pl do vlozky 3 a jemne premieSajte.
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14.2.2 Priprava tkaniva

Na fixaciu tkaniva na imunohistochemickeé a in situ hybridizacné farbenie pomocou systému BOND sa odporuca 15-
az 20-n&sobok objemu tkaniva 10 % neutralneho pufrovaného formalinu. Fixaciu je mozné vykonat priizbovej teplote
(15-25°C).

Pokial ide o testovanie HER?2, precitajte si odporucania tykajuce sa pripravy tkaniv pre zdruzenie American Society of
Clinical Oncology/College of American Pathologists ' alebo si preitajte miestne smernice a nariadenia.

Na ulahcenie rezania tkaniva a zabranenie poskodeniu mikrotémovych cepeli sa pred spracovanim tkaniva odvapnia
kostné tkaniva "'

Zakon Spojenych Statov americkych o zlepSovani prace klinickych laboratérif (Clinical Laboratory Improvement Act,
CLIA) z roku 1988 vyZaduje v 42 CFR b) nasledujuce: ,Laboratérium si musi ponechat zafarbené skli¢ka najmene;
desat rokov od détumu vysetrenia a ponechat bloky vzoriek najmenej dva roky od détumu vysetrenia.” " Poziadavky
vztahujlce sa na vase zariadenie ndjdete v miestnych predpisoch.

NareZte a vyberte sekcie s hribkou 3 - 5 ym na nabité sklicka (niektoré Specifické typy tkaniv mézu vyZadovat rézne
hribky sekcif). Na vysusenie tkaniva vloZte dobre vysusené podlozné sklicka do rury s teplotou 60 °C (+ 5°C) na 10 -
30 minut alebo cez noc pri 37 °C. Sklicka sa mozu tieZ zahriat v moduloch spracovania BOND-IIl a BOND-MAX. Skli¢ka
sa musia pred zahrievanim dobre vysusit na vzduchu. Dalsie podrobnosti o priprave vzoriek najdete v literatdre ¢. 13,
14a15.

Prilepte Stitky na podlozné sklicka so vzorkami a kontrolné sklicka tak, ako je to opisané v Casti 4 Rychly start.
Odvoskovanie, rehydratacia a ziskavanie epitopov su plne automatizované v systéme BOND.

14.2.3 0Odvoskovanie a zahrievanie

Sekcie tkaniva zabudované do parafinu na imunohistochemicky rozbor musia najprv prejst odstranenim parafinového
vosku a rehydratovanim sekcie. Vosk sa odstrani pomocou roztoku na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME
Dewax Solution a sekcie sa rehydratuju. Systém BOND obsahuje protokoly odvoskovania, ktoré automatizuju tento
proces.

Pred odvoskovanim mézu moduly spracovania BOND-IIl a BOND-MAX tieZ zahriat tkanivo, aby sa zlepSila jeho
adhézia na podlozné sklicko. Protokoly zahrievania a odvoskovania systému BOND automatizuju procesy zahrievania
aj odvoskovania.

Upozoriujeme, Ze tkanivo musi byt vzduchom vysuseng, aby sa odstranila vSetka voda este pred
umiestnenim do modulu spracovania na zahrievanie a odvoskovanie.
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14.2.4  Ziskavanie epitopov

Fixacia tkaniva vo formaline spdsobuje zosietovanie medzi aldehydovymi a aminoskupinami v tkanive a tvorba tychto
vazieb moze viest k premenlivej strate antigenicity v dosledku maskovacieho Gcinku. Formalin tvori metylénové

mostiky, ktoré méZu menit celkovy trojrozmerny tvar epitopu. Niektoré epitopy su citlivé na formalin a vykazuju
znizenu imunoreaktivitu po fixacii formalinom, zatial ¢o iné su rezistentné voci formalinu.

Nukleové kyseliny st obklopené proteinmi, preto je potrebna permeabilizacia tkaniva, aby boli cielové sekvencie
pristupné sonde.

Ziskavanie epitopov " sa moze dosiahnut bud pomocou HIER (teplom indukovaného ziskavania epitopov),

predpripravou enzymu, alebo kombinéciou oboch. Metdda HIER je najrozsirenejSou metddou ziskavania epitopov pre
IHC. Mechanizmus metddy HIER nie je Uplne pochopeny.

Hypotéza je, Ze pri zahriati sekcie na vysoku teplotu v roztoku na ziskavanie epitopu sa hydrolyzuju zosietované vazby
vytvorené pri fixacii formalinom. To vedie k remodifikdcii epitopu, ktory sa potom mdze farbit imunohistochemickym
rozborom. Délezitymi faktormi v metdde HIER su teplota, ¢as a pH ziskaného roztoku. Existuju dve rozne rieSenia na
ziskavanie epitopov, ktoré sa pouzivaju v systéme BOND: citratovy pufor a pufor na baze EDTA.

Predpriprava enzymu vyuziva proteolytické enzymy na prerusenie peptidovych vazieb, aby sa odkryla epitop/cielova
sekvencia nukleovej kyseliny. Koncentracia enzymu a Cas inkubdcie st Umerné ¢asu fixacie vzorky a mali by sa podla
toho optimalizovat. Predpriprava enzymu je vhodna iba pre niektoré epitopy, ale ¢asto sa pouZiva v protokoloch ISH.

14.3 Kontrola kvality

Rozdiely v spracovani tkaniv a technickych postupoch v laboratériu pouzivatela mozu sposobit znaénu variabilitu
vysledkov, o si okrem nasledujucich postupov vyzaduje pravidelné vykonavanie vnutropodnikovych kontrol.
Preditajte si miestne ndvody a predpisy, taktieZ mdZete vyuzit aj druhé vydanie prirucky pre klinické laboratéria CLIA
Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition * a navrhované usmernenia
NCCLS pre IHC "*.

@ Kontrolné vzorky by mali byt nedavne pitevné/biopsické/chirurgické vzorky fixované, spracované a
zaliate Co najskor rovnakym spdsobom ako vzorka (vzorky) pacienta. Takouto kontrolou sa

monitoruju vSetky kroky analyzy od pripravy tkaniva po farbenie.

@ Dérazne odportéame umiestnit vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké podlozné sklicko ako tkanivo
pacienta. Pozrite si ¢ast 6.2 Praca s kontrolnymi vzorkami, kde najdete dalSie informacie.
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Pozrite si:
e 14.3.7 Overenie testu
e 14.3.2 Kontrolné vzorky tkaniv
» 14.3.3 Negativna kontrolna reagencia pre IHC
e 14.3.4 Kontrolné reagencie pre ISH

e 14.3.5 Vyhody kontroly kvality

14.3.1 Overenie testu

Pred prvym pouzitim protilatky, sondy alebo systému farbenia v diagnostickom postupe overte $pecifickost
protilatky/sondy jej testovanim na sérii internych tkaniv, ktorych znama expresia predstavuje zname pozitivne a
negativne tkaniva. Pozrite si vy$Sie uvedené postupy a odporucania na kontrolu kvality v ramci certifikacného
programu CAP 14 pre imunohistochemicky rozbor a/alebo usmernenia NCCLS IHC ™, pripadne miestne predpisy a
smernice. Opakujte tieto postupy kontroly kvality pre kazdu novu davku protilatky alebo vzdy, ked déjde k zmene
parametrov testu. Kontrola kvality nemdZe byt zmysluplne vykonana na jednotlivej reagencii izolovane, pretoze
porovnané reagencie spolu s definovanym testovacim protokolom musia byt testované jednotne pred pouzitim
detekéného systému na diagnostické ucely. Informdcie o tkanivach, ktoré s vhodné na overenie testu, ndjdete v
kazdom pribalovom letaku k primarnym protilatkam.

Okrem vy$Sie uvedenych postupov na overenie testu odpori¢ame farbit pozitivne kontrolné vzorky tkaniv mesacne a
porovnavat ich s rovnakymi kontrolnymi vzorkami tkaniv zafarbenymi v predchadzajicom mesiaci. Porovnanie
kontrolnych vzoriek zafarbenych v mesacnych intervaloch slizi na monitorovanie stability testu, citlivosti,
Specifickosti a reprodukovatelnosti.

V&etky poZiadavky na kontrolu kvality by sa mali vykondvat v stlade s miestnymi, Statnymi a/alebo federdlnymi
predpismi alebo poziadavkami na akreditaciu.
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14.3.2  Kontrolné vzorky tkaniv

14.3.2.1 Pozitivna kontrolna vzorka tkaniva

» Tento krok oznaCuje spravne pripravené tkaniva a spravne farbiace techniky.

 Zahrnte jednu pozitivnu kontrolnu vzorku tkaniva pre kazdu zostavu testovacich podmienok v kazdom cykle
farbenia.

 Tkanivo so slabym pozitivnym farbenim je vhodnejSie ako tkanivo so silnym pozitivnym farbenim pre
optimalnu kontrolu kvality a detekciu mensich hladin degradécie reagencie .

 Pouzitie kontrolného sklicka s viacerymi tkanivami, ktoré obsahuje tkaniva vykazujuce silnd, strednu a slabu
hustotu antigénu/expresiu nukleovej kyseliny, poskytuje Siroké pokrytie kontroly.

» Ak pozitivna kontrolnd vzorka tkaniva nepreukdze pozitivne farbenie, vysledky so skisobnymi vzorkami by sa
mali povazovat za neplatné.

» Dorazne odporicame, aby ste vzdy spustili systém BOND s kontrolnym tkanivom na rovnakom sklicku ako
tkanivo vzorky, aby sa zabezpecila optimalna kontrola kvality.

14.3.2.2 Negativna kontrolna vzorka tkaniva

« Po pozitivnej kontrolnej vzorke tkaniva overte Specifickost znagenia cielového antigénu primarnou protilatkou
v IHC alebo cielovej nukleovej kyseline sondou v ISH a poskytnite indikaciu Specifického farbenia pozadia
(nespravne pozitivne farbenie).

» Rdzne typy buniek pritomné vo vacsine tkanivovych sekcii ¢asto ponukaju negativne kontrolné miesta, ale
pouZivatel by to mal overit.

« Ak sa pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne Specifické farbenie, vysledky zo vzoriek pacientov by sa
mali povazovat za neplatné.
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14.3.3 Negativna kontrolna reagencia pre IHC

Pouzite negativnu kontrolnu reagenciu pre IHC namiesto primarnej protilatky so sekciou vzorky od kazdého pacienta
na vyhodnotenie nespecifického farbenia a lepSiu interpretaciu Specifického farbenia.

 Odporucana idealna kontrolna reagencia:

a Pre monoklonalne protilatky pouzite protilatku rovnakého izotypu, ktory je produkovany zo
supernatantu tkanivovych kultur a rovnakym spdsobom ako primarna protilatka, ale ktory nevykazuje
Ziadnu Specifickd reaktivitu s fudskymi tkanivami.

Zriedte ju na rovnaku koncentraciu imunoglobulinu alebo proteinu ako primarna protilatka pomocou
rovnakého riediaceho pripravku (BOND Primary Antibody Diluent).

Ak sa fetalne telacie sérum po spracovani uchova v Cistej protilatke, na pouZzitie je tiez vhodné fetalne
telacie sérum s koncentraciou proteinu ekvivalentnou zriedenej primarnej protilatke v rovnakom
riediacom pripravku.

bV pripade polyklonalnych protildtok pouZite imunoglobulinovd frakciu (alebo celé sérum, ak je to
vhodné) normdlneho alebo neimunitného séra z toho istého Zivo¢isneho zdroja a rovnaku koncentraciu
proteinu ako primdrna protilatka, pri¢om pouzite rovnaky riediaci pripravok (BOND Primary Antibody
Diluent).
 Ako menej Ziaduca alternativa k vy$$ie opisanym negativnym kontrolnym reagencidm sa moze pouzit
samotny riediaci pripravok BOND Primary Antibody Diluent.

« Inkubac¢na doba pre negativnu kontrolni reagenciu by mala zodpovedat inkubacnej dobe primarnej protilatky.

* Pre kazdu pouZiti metddu ziskania (vratane neziskania) pre dand primérnu protilatku pouzite samostatné
sklitko na negativnu kontrolnu reagenciu.

Ak sana sériové sekcie pouziju panely niekolkych protilatok, negativne farbené oblasti jedného sklicka mézu
sluzit ako negativne/neSpecifické vazbové pozadia pre iné protilatky.

 NarozliSenie endogénnej enzymovej aktivity alebo neSpecifickej vazby enzymov od Specifickej imunoreaktivity
sa farbia dodatocné tkaniva pacienta vylucne v poradi pomocou komplexov substratu-chromogénu alebo
enzymovych komplexov a substratu-chromogénu.

» Systém BOND obsahuje predvolenu negativnu kontrolnu reagenciu IHC s ndzvom ,*negativna®, ktord sa moze
vybrat ako znackovac pre akykolvek protokol IHC. Davkuje premyvaci roztok BOND (pozrite si ¢ast
10.5.2 Nastavenia pripadu a sklicka).
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14.3.4 Kontrolné reagencie pre ISH

14.3.4.1 Pozitivna kontrolna reagencia

Pre in situ hybridizdciu pouzite pozitivnu kontrolnu sondu.

» Namiesto sondy pouzite sekciu kazdej vzorky pacienta, aby ste ziskali informacie o konzervacii nukleovych
kyselin v tkanive, ako aj o dostupnosti nukleovych kyselin pre sondu.

« Protokol pre pozitivnu kontrolnt sondu by mal zodpovedat protokolu testovacej sondy.

» Ak pozitivna kontrolna sonda nepreukaze pozitivne farbenie, vysledky so skdSobnymi vzorkami by sa mali
povazovat za neplatné.

14.3.4.2 Negativna kontrolna reagencia
Pre in situ hybridizdciu pouzite negativnu kontrolnu sondu.

« Protokol pre negativnu kontrolnd sondu by mal zodpovedat protokolu testovacej sondy.

» Namiesto sondy pouzite sekciu kazdej vzorky od pacienta na vyhodnotenie neSpecifického farbenia a lepSiu
interpretaciu Specifického farbenia.

« Inkubacna doba pre negativnu kontrolni reagenciu by mala zodpovedat inkuba¢nej dobe sondy.

* Pre kazdu pouZiti metddu ziskania (vratane neziskania) pre dand sondu pouzite samostatné sklicko na
negativnu kontrolnu reagenciu.

 Na rozlisenie endogénnej enzymovej aktivity alebo neSpecifickej vazby enzymov od Specifickej imunoreaktivity
sa farbia dodato¢né tkaniva pacienta vylucne v poradi pomocou komplexov substratu-chromogénu alebo
enzymovych komplexov a substratu-chromogénu.

Systém BOND Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 AQ4
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 343



Kapitola 14 Pouzitie reagencii BOND

14.3.5 Vyhody kontroly kvality

Vyhody kontroly kvality su zhmuté v nasledujucej tabulke.

Pozitivna kontrolna vzorka
tkaniva:

Tkanivo alebo bunky
obsahujuce cielovy
antigén/sekvenciu nukleovej
kyseliny, ktoré sa maju
detegovat (mohli byt
umiestnené v tkanive

pacienta).

Idedlnou kontrolnou
vzorkou je slabo pozitivne
farbiace tkanivo, ktoré je
najcitlivejSie na degradéaciu
protilatok/nukleovych
kyselin.

Negativna kontrolnd vzorka
tkaniva:

Ocakavané negativne
tkaniva alebo bunky (mohli
by byt umiestnené v tkanive
pacienta alebo v pozitivnej
kontrolnej vzorke tkaniva)

Tkanivo pacienta

Detekcia neSpecifického
farbenia pozadia

Kontroluje vSetky kroky
analyzy.

Overuje platnost
reagencif a postupov
pouzivanych na farbenie.

Detekcia neSpecifického
farbenia pozadia

Detekcia neimyselne;
krizovej reaktivity
protilatok na
bunky/bunkové zlozky
[IHC]

Detekcia neimyselnej
krizovej hybridizacie
sondy s inymi
sekvenciami nukleovych
kyselin alebo
bunkami/bunkovymi
zlozkami [ISH]

Detekcia neSpecifického
farbenia pozadia

Posudenie konzervacie
a/alebo ziskania
tkaniva/zachovania
nukleovej kyseliny [ISH]

Detekcia Specifického
farbenia
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14.4 Interpretacia farbenia

Kvalifikovany patoldg, ktory ma skusenosti s imunohistochemickymi a/alebo in situ hybridizacnymi postupmi, musi
pred interpretaciou vysledkov vyhodnotit kontrolné vzorky a kvalifikovat farbeny produkt.

Specifickost a citlivost detekcie antigénu zavisia od pouzitej $pecifickej primarnej protilétky. Na zabezpegenie
pozadovaného farbenia optimalizujte kazdu Specificku protilatku pre systém BOND, prisposobte ¢as inkubdcie

a/alebo koncentrdciu Specifickej protildtky. Ak nebude optimalizovana Specificka protildtka, méze to viest
k suboptimalnej detekcii antigénu.

Pozrite si:
e 14.4.1 Pozitivna kontrolnd vzorka tkaniva
e 14.4.2 Negativna kontrolna vzorka tkaniva

e 14.4.3 Tkanivo pacienta

14.4.1 Pozitivna kontrolna vzorka tkaniva

Najskor skontrolujte pozitivnu kontrolnu vzorku tkaniva a uistite sa, ze vSetky reagencie funguju spravne.

Pri pouZiti systémov zaloZenych na DAB pritomnost hnedého (3,3' diaminobenzidintetrachloridu, DAB) reakéného
produktu s cielovymi bunkami naznacuje pozitivnu reaktivitu. Pri pouziti chromogénovych systémov RED naznacuje
pritomnost ¢erveného reakéného produktu s cielovymi bunkami pozitivnu reaktivitu. Ak pozitivne kontrolné vzorky
tkaniva nepreukazu pozitivne farbenie, vysledky so skasobnymi vzorkami by sa mali povaZzovat za neplatné.

14.4.7  Negativna kontrolna vzorka tkaniva

Po pozitivnej kontrolnej vzorke tkaniva vySetrite negativnu kontrolnd vzorku tkaniva a overte Specifickost znacenia
cielového antigénu/nukleovej kyseliny pomocou primarnej protilatky/sondy.

Nepritomnost Specifického farbenia pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva potvrdzuje nedostatok krizovej reaktivity
protilatky/sondy na bunky/bunkové zlozky.

Ak sa pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne Specifické farbenie (nespravne pozitivne farbenie), vysledky by
sa mali povaZovat za neplatné. NeSpecifické farbenie, ak je pritomné, ma obvykle rozptyleny vzhlad. Sporadické
farbenie spojivového tkaniva sa moze tiez pozorovat v sekcidch z tkaniv nadmerne fixovanych formalinom. Na
interpretdciu vysledkov farbenia pouzite neporusené bunky. Nekrotické alebo degenerované bunky sa farbia casto

nesSpecificky.
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14.4.3  Tkanivo pacienta

Ako posledné vySetrite vzorky pacienta zafarbené primarnou protilatkou/sondou.

Intenzita pozitivneho farbenia by sa mala hodnotit v kontexte kazdého nespecifického farbenia pozadia negativnej
kontrolnej reagencie. Ako pri kazdom imunohistochemickom alebo in situ hybridizacnom teste, negativny vysledok
znamena, ze antigén/nukleova kyselina neboli detegované, a nie Ze antigén/nukleova kyselina neboli pritomné v
testovanych bunkach alebo tkanivach.

V pripade potreby pouzite panel protilatok na identifikaciu nespravne negativnych reakcif.

14.5 VsSeobecneé obmedzenia

 Imunohistochemicky rozbor a in situ hybridizacia su viacstupnové diagnostické procesy, ktoré si vyzaduju
Specializované Skolenie o vybere vhodnych reagencii, vybere, fixacii a spracovani tkaniv, priprave podlozného
sklika a interpretdcii vysledkov farbenia.

« Farbenie tkaniva zavisi od manipuldcie s tkanivom a jeho spracovania pred farbenim. Nespravna fixacia,
zmrazenie, rozmrazenie, premyvanie, susenie, zahrievanie, rozdelenie na sekcie alebo kontaminacia inymi
tkanivami alebo tekutinami moZe sposobit artefakty, zachytdvanie protildtok alebo nesprdvne negativne
vysledky. Nejednotné vysledky mézu byt spdsobené zmenami v metddach fixacie a zaliatia alebo inherentnymi
nepravidelnostami v tkanive .

» Nadmerné alebo netpiné kontrastné farbenie méze narusit spravnu interpretaciu vysledkov.

« Klinicka interpretdcia akéhokolvek zafarbenia alebo jeho nepritomnosti by mala byt doplnena morfologickymi
Studiami s pouzitim vhodnych kontrolnych vzoriek a mala by byt vyhodnotend v kontexte klinickej anamnézy
pacienta a inych diagnostickych testov kvalifikovanym patoldgom.

« Tkaniva od osdb infikovanych virusom hepatitidy B obsahujuce povrchovy antigén hepatitidy B (HbsAg) mozu
vykazovat ne$pecifické farbenie chrenovou peroxidazou .

» Neocakdvané negativne reakcie v nedostato¢ne diferencovanych neoplazméch mozu byt spdsobené stratou
alebo vyraznym znizenim expresie antigénu alebo stratou alebo mutdciou v géne kddujucom antigén.
Neocakavané pozitivne farbenie nddorov mdZe pochddzat z expresie antigénu, ktory zvycajne nie je
exprimovany v morfologicky podobnych normalnych bunkach, alebo z pretrvavania alebo ziskania antigénu v
neoplazme, ktora si rozvija morfologické a imunohistochemické vlastnosti spojené s dalSou liniou buniek
(divergentnd diferencidcia). Histopatologické klasifikacia nadorov nie je exaktna veda a niektoré tdaje vo
vedeckej literatlre o neo¢akdvanom farbeni mozu byt kontroverzné.

» Reagencie mozu vykazovat neocakavané reakcie v predtym netestovanych tkanivach. MoZnost
neocakdvanych reakci aj v testovanych skupinach tkaniv sa neda dplne vylicit v désledku biologicke;
variability expresie antigénu/cielovej nukleovej kyseliny v neoplazmach alebo inych patologickych tkanivach.
Kontaktujte miestneho distributora alebo regionalnu kancelariu spolocnosti Leica Biosystems a nahlaste
kazdu neoCakdvanu reakciu.

Systém BOND Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 7, 49.7556.534 AQ4
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 346



Kapitola 14 Pouzitie reagencii BOND

IHC

» Normadlne alebo neimunitné séra z toho istého Zivo¢iSneho zdroja ako sekunddrne antiséra pouzité v
blokovacich krokoch méZu spdsobit nespravne negativne alebo nespravne pozitivne vysledky v dosledku
autoprotilatok alebo prirodnych protilatok.

« Nesprdvne pozitivne vysledky pri IHC méZu byt pozorované z dévodu neimunologickej vazby proteinov alebo
produktov reakcie substratov. MéZu byt tiez spdsobené pseudoperoxidazovou aktivitou (erytrocyty),
endogénnou peroxidazovou aktivitou (cytochrém C) alebo endogénnym biotinom (napriklad pecen, prsia,
mozog, oblicky) v zavislosti od typu pouZitej imunofarby '°.

» Nespravne negativne pripady pri imunohistochemickom rozbore mozu byt dosledkom réznych faktorov
vratane skutocného znizenia, straty alebo Strukturalnej zmeny antigénu pocas ,dediferencovania“ nadoru
alebo artefaktovej zmeny pocas fixacie alebo spracovania. Ako pri kazdom imunohistochemickom teste,
negativny vysledok znamena, Ze antigén nebol detegovany, a nie Ze antigén nebol pritomny v testovanych
tkanivach.

ISH

» Nespravne pozitivne vysledky pri ISH sa méZu prejavit krizovou reaktivitou sondy na iné sekvencie nukleovych
kyselin, ako aj nespecifickou vazbou sondy alebo detekénych reagencii na tkanivo alebo zlozky tkaniva . Do
testovania by sa mali zahrnut negativne kontrolné vzorky tkaniv a reagencii, ktoré pomézu identifikovat
nespravne pozitivne farbenie.

« DNA a RNA podliehajti degradécii nukleazovou aktivitou "' . Preto je dolezité testovat pozitivnu kontrolnu
sondu na tkanive pacienta paralelne so $pecifickou sondou a tkanivom pacienta s cielom detegovat
degradaciu nukleovych kyselin. Vyber fixacného pripravku vplyva na konzervaciu nukleovych kyselin, z toho
ddvodu sa odporuca tkanivo fixované v 10 % neutralnom pufrovanom formaline " Ako pri kazdom in situ
hybridizacnom teste negativny vysledok znamena, Ze nukleova kyselina nebola detegovana, a nie Ze nukleova
kyselina nebola pritomna v testovanych tkanivach.
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Sprava systému (na riadiacom
zariadeni BOND)

15.1 Manazer systému BOND

15.1.1 Prehlad

Manazér systému BOND je obsluZny program, ktory vdm umoZriuje jednoducho zobrazit aktudlny stav primarnych
softvérovych sluzieb, ktoré pouziva systém BOND, umozniuje zastavit a spustit jednotlivé sluzby, napriklad zaradovac
tlace, alebo zastavit a spustit vSetky sluzby.

Oddelenie podpory zdkaznika vas vSak méze poziadat, aby ste zastavili a potom restartovali jednu

c VYSTRAHA: Nezastavujte Ziadne zo sluzieb, pretoze systém BOND uz nebude fungovat spravne.
alebo viac sluzieb ako sucast procesu rieSenia problémov so systémom.

Ak chcete otvorit manazéra systému BOND, vyhladajte ikonu spravcu systému BOND £ v oblasti ozndment
systému Windows a potom na Au kliknite.

(o

‘ ‘ lkona mdZe byt skrytd a nemusi sa zobrazovat. V takom pripade kliknite na malu Sipku hore a

332PM
6/29/2020

[ )

zobrazte ju

Ak sa vyskytne chyba systému BOND, zobrazi sa ozndmenie. Kliknutim na spravu ho mozete skryt.

Ak chcete skryt okno manazéra systému BOND, kliknite znova na ikonu v oblasti oznameni systému Windows.
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15.1.2  Okno manazera systemu BOND

Obrdzok 15-1: Okno manazéra systému BOND

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled v .
PostgreSOL - PostgreSOL Server 10 nstalled v u
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starian @ stop Al

Ak sa vyskytne chyba systému BOND, ikona Manazér systému BOND £ sa aktualizuje tak, aby
indikovala typ chyby, ktora sa vyskytla:

* £ zastavila sa jedna alebo viac sluzieb (v lavom hornom rohu obrazovky manazéra systému BOND sa tiez

zobrazuje ikona <7 ).

* g nedari sa pripojit k systému BOND (v favom hornom rohu obrazovky manazéra systému BOND sa tiez
zobrazuje ikona e)
V instaldacii BOND-ADVANCE to s najvac$ou pravdepodobnostou znameng, Ze:
* riadiace zariadenie bolo vypnuté, alebo
« terminalova siet bola odpojend alebo
* prepinac terminalovej siete bol vypnuty.
* 4y Manazér systému BOND nie je k dispozicii (v favom hornom rohu obrazovky manazéra systému BOND sa

tiez zobrazuje ikona 9)
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15.1.3 Zastavenie sluzieb

Ak chcete zastavit konkrétnu sluzbu, kliknite na zelené tlacidlo zastavenia dplne vpravo vedla ndzvu sluzby. Ak chcete
pripadne zastavit vSetky sluzby, kliknite na ikonu Stop All (Zastavit vSetko) pod zoznamom sluzieb.

Zobrazi sa dialdgové okno so ziadostou o potvrdenie, Ze cheete zastavit sluzby. Kliknutim na tlacidlo Yes (Ano)
pokradujte alebo No (Nie) zruste poZiadavku.

Obrazok 15-2: Dial6goveé okno vyzadujuce potvrdenie

Confirmation required

.'| Stnppinglsenﬂ'(es willl prevent BOND from operating correctly.
' Do you wish to continue?

@ Niektoré sluzby nemozno zastavit (sluzbu PostgresSQL - PostgresSQL Server a sluzbu publikovania
na webe), pretoZe na ich fungovanie sa spolieha manazér systému BOND. Ich tlacidla zastavenia su
preto deaktivované.

15.1.4  Spustanie sluzieb

@ Vo vacsine pripadov, ked je sluzba zastavend, softvér BOND automaticky reStartuje tuto sluzbu v
priebehu niekolkych mindt.

Ak systém BOND nefunguje podla o¢akdvania a zistite, Ze je zastavena jedna alebo viac sluzieb, mozZete pouzit
manazéra systému BOND na spustenie zastavenych sluzieb.

Ak chcete spustit konkrétnu sluzbu, kliknite na zelené tlacidlo spustenia Uplne vpravo vedla nézvu sluzby. Ak chcete
pripadne spustit vSetky sluzby, kliknite na ikonu Start All (Spustit vSetko) pod zoznamom sluZzieb.
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Obrdzok 15-3: Manazér systému BOND zobrazujlci vystrazny trojuholnik (sluzba zaradovania tlace zastavend)

v/ BOND System Manager
Leica BOMND Instrument Contral nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v D
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMND Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled a E]
PostgreSOL - PostgreSQL Server 10 nstalled v n
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v D
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starian @ stop Al
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15.2 Redundancia pevného disku

VSetky riadiace zariadenia a terminaly BOND zahfnaju redundanciu pevného disku na ochranu systému BOND v
pripade zlyhania pevného disku. Tento systém ochrany nepretrzite monitoruje pevné disky systému a ikona v oblasti
oznameni systému Windows zobrazuje aktualny stav.

I N S
W Normaélny stav — pevné disky funguju spravne.
=B jii

. \ Vystraha - vyskytol sa problém s pevnymi diskami systému. Obratte sa na oddelenie
:L\j podpory zakaznika.

[?8 Chyba - doslo k zlyhaniu pevného disku. Obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.

_ ) Zaneprazdneny - tento stav sa moZe zobrazit pri overovani pevnych diskov, napriklad po
=H] neoCakdvanom vypnuti. Pocas overovania moze riadiace zariadenie alebo terminal

fungovat pomaly, o zvy¢ajne trvé 2 aZ 3 hodiny. Systém BOND méZe byt pocas tohto
obdobia nepouzitelny.

Po overeni by sa ikona mala vrétit do normdlneho stavu a obnovia sa normalne operécie
pevného disku. Ak v§ak ikona oznacuje stav vystrahy alebo chyby, obratte sa na oddelenie
podpory zakaznika.

— ‘\\ Sluzba nie je spustend - softvérova sluzba pouzivana na monitorovanie ochrany pevného
\ disku nie je spustena. Ikona na zaciatku zobrazuje tento stav pri spusteni riadiaceho
zariadenia alebo termindlu. Ak ikona nesignalizuje normalny stav po uplynuti niekolkych
minut, obratte sa na oddelenie podpory zékaznika.
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BOND-ADVANCE

16.17 Restartovanie systemu BOND-ADVANCE

Tento postup by ste mali vykonat, iba ak:
 vam to poradilo oddelenie podpory zakaznika Leica Biosystems alebo
» ak sa pripravujete na planovany vypadok energie.

Pouzite nasledujuci sposob restartovania celého systému BOND:

1 Uistite sa, Ze v3etky moduly spracovania su ne¢inné (to znamena, Ze nie st uzamknuté Ziadne podnosy na
sklicka).

2 Vypnite vSetky moduly spracovania.
3 Vypnite v8etky termindly (kliknite na tlagidla Start (Start) > Shut down (Vypnuit)).
4 Vypnite sekunddrne riadiace zariadenie (ak je k dispozicii) kratkym stlaéenim vypinaca (pozrite si priklad
nizSie).
5 Vypnite primarne riadiace zariadenie kratkym stla¢enim tlacidla napajania (pozrite si Obrazok 16-1).
@ Tlacidlo napajania sa méZe nachddzat za odnimatelnym prednym krytom riadiaceho
zariadenia, ktory moze byt zamknuty. V takom pripade musite najskor ziskat kI'i¢ od
uréeného drzitela kl'ica.
Ak sa proces vypinania zastavi na prihlasovacej obrazovke systému Windows, pocas vypinania sledujte

obrazovku ovladacieho panela. Mozno bude potrebné druhé stlacenie tlaCidla napdjania. Ak k tomu dojde,
pockajte najmenej 90 sekund a potom znova kratko stlacte tlacidlo napajania.

Po opatovnom stlaceni tladidla napéjania sa riadiace zariadenie zaéne vypinat. NedrZte ho
dihsie ako 2 sekundy, pretoze to méze sposobit ,tvrdy” restart a okamzité vypnutie riadiaceho
zariadenia. Vypnutie riadiaceho zariadenia méZe trvat az 45 sekind (kontrolka tlagidla
napdjania zhasne).
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6 Pockajte 2 minuty a potom zapnite primarne riadiace zariadenie.

Ak sa zobrazi okno ,Sledovaé udalosti vypinania“, zatvorte ho stlacenim kldvesu Cancel (Zrusit) alebo
stlacenim klavesu <Esc>.

7 Pockajte 30 sekind a potom zapnite sekundérne riadiace zariadenie (ak je k dispozicii).
8 Po Uplnom restarte riadiacich zariadeni zapnite vSetky terminaly.
9 Zapnite vSetky moduly spracovania.

10 Prihlaste sa na kazdom terminali.

Obrazok 16-1: Umiestnenie vypinaca na prednom paneli riadiaceho zariadenia (zobrazené s odstranenym
krytom)

Legenda

1 Vypinac

16.2 Prepinanie na sekundarne riadiace zariadenie

@ Tieto pokyny sa vztahuju iba na systémy BOND-ADVANCE, ktoré obsahuju sekundérne (zalozné)
riadiace zariadenie. Tento postup by ste mali vykonat, iba ak:

» vam to poradilo oddelenie podpory zakaznika Leica Biosystems alebo

 primarne riadiace zariadenie nie je funkcné.

Sekundarne riadiace zariadenie potom bude pracovat v samostatnom reZime a vas$ systém uz nebude mat
redundantnu zaloznu kapacitu. Po dokonceni tohto postupu vSak systém BOND bude pokradovat v spractvani
obvyklym spésobom.
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@ Pocas procesu prepinania sa mozu stratit Udaje zo spracovania za poslednych 5 minit. M6Zu sa
stratit aj vSetky spravy LIS, ktoré boli odoslané po¢as procesu prepnutia. Preto po UspesSnom

prepnuti skontrolujte, ¢i nechybaju nejaké sklicka. Ak ano, odoslite udaje zo sklicka znova pomocou
systému LIS alebo rucne vytvorte chybajuce sklicka v systéme BOND.

1 Na vsetkych termindloch BOND-ADVANCE zatvorte vSetky pripady klinickych klientov a klientov spravy.

2 Odpojte kabel siete terminalu z portu oznaceného ako T1 alebo T2 na primdrnom riadiacom zariadeni a potom
znova pripojte kabel k rovnakému portu na sekundarnom riadiacom zariadeni.

Pozrite si ¢ast Obrazok 16-2.
Obrédzok 16-2: Porty terminalu riadiaceho zariadenia

3 Odpojte kabel siete modulu spracovania z portu oznaceného ako I1 alebo 12 na primarnom riadiacom zariadeni
a potom znova pripojte kabel k rovnakému portu na sekundarnom riadiacom zariadeni.
Pozrite si ¢ast Obrazok 16-3.

Obrazok 16-3: Porty riadiaceho zariadenia modulu spracovania
-
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4 Odpojte sietovy kdbel mostika od portu B1 alebo B2 na primarnom riadiacom zariadeni.

Pozrite si ¢ast Obrazok 16-4.

Obrdzok 16-4: Porty mostika riadiaceho zariadenia

" -
‘ h rri

5 Ak je k dispozicii eternetovy kabel (pouziva sa pre volitelné pripojenie RemoteCare systému), na porte Gb(1)

alebo Gb(2) na primarnom riadiacom zariadenf, odpojte a potom znovu pripojte tento kébel k rovnakému portu
na sekunddrnom riadiacom zariadeni.

Pozrite si ¢ast Obrazok 16-5.

Obrézok 16-5: Eternetové porty pouzivané pre pripojenie LIS
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Systém BOND-ADVANCE zisti, Ze ste pripojili sietové kable k sekundarnemu riadiacemu zariadeniu, a zobrazi
potvrdzovacie dialégové okno na vSetkych terminaloch.

Pozrite si Cast Obrazok 16-6.

Obrazok 16-6: Dialdg - pripojeny sekundarne (zaloZné) riadiace zariadenie

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND- 0% ANCE Terminals are
now connected to the secondary [badeup) contraller,

If there &5 2 problem with the primary contrader and you would lke
to conbrmie oparation usng your secandary conkroller as a
standslona controller, than enter your usemiame and password and
didk 0K to continue. This operation i mot reversible without onsite
suppart from 2 Leica repregentative.

If you do conbinue, Comtact oUstomer SUPDONT to amsnge sendce of
vour deconnected conlrodler. TE is necessany for & Liica serace
represenlalivve o repain or replace the dsconnedied conlroller,

Useriame: | testusar

Paseword: | LTI TR o

@ Prepnutie nie je reverzibilné bez podpory na mieste zo strany zastupcu spolocnosti Leica
Biosystems.

6 Na potvrdenie, Ze chcete pokraCovat v prepnuti:
a do prislusnych poli uvedte svoje pouzivatel'ské meno a heslo.

b Kliknutim na tlacidlo OK potvrdte.

@ Ak sa iny pouzivatel rozhodne pokracovat v prepinani predtym, ako to urobite vy, vySSie
uvedené dialdgové okno sa zatvori.

7 Po potvrdeni prepnutia vypnite primarne riadiace zariadenie.

8 Pockajte, kym systém nezobrazi vyzvu na Uspes$né prepnutie do samostatného stavu (pozrite si Obrazok 16-7),
potom restartujte klinického klienta a prihlaste sa do systému obvyklym spésobom.

Obrazok 16-7: Dialogové okno — prechod na samostatny rezim bol UspesSny

Conversion to standalone sucoseded

If you have not siready done =0, conmect the instrement: network cable to port 11 or 12 on the
secondary [now standalong) controller,

o shoukd immediately perform 2 manual database backup,
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Kapitola 16 Operécie systému BOND-ADVANCE

9 OkamZite otvorte klienta sprdvy a vykonajte manudlnu zélohu databazy. Pozrite si ¢ast 10.5.1 Laboratorne
nastavenia.

Po dokonceni prepnutia na sekundarne riadiace zariadenie by sa mal automaticky aktualizovat stav vSetkych
skliCok a modulov spracovania, aby odrazal najnovsi stav systému. Ak v§ak boli niektoré cykly ukoncené

v Case, ked boli moduly spracovania odpojené od riadiaceho zariadenia, stav chodu sa bude stéle zobrazovat
ako In Progress (Prebieha). V takom pripade musite odomknut dotknuty podnos na sklicka, aby ste mohli
aktualizovat stav zostavy na farbenie sklicok.

@ Obratte sa na oddelenie podpory zakaznika a dohodnite si servis odpojeného riadiaceho zariadenia.
Je potrebné, aby opravu alebo vymenu odpojeného riadiaceho zariadenia vykonal zastupca servisu

spolocnosti Leica Biosystems.
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Vymena tlaciarni
znackovaca sklicok

17.17 Vymena tlaciarne Cognitive Cxi systému
s jednou stanicou

Pri vymene tlaciarne Cognitive za novu tlaciaren Cognitive pouzite nasledujdci postup.

1 Vypnite hlavny vypinaC na bocnej strane starej tlaciarne.

2 Odpojte kabel USB a napajaci kabel zo zadnej Casti starej tlaciarne.
3 Pripojte kabel USB a napdjaci kabel k novej tlaCiarni.

4 Zapnite hlavny vypinac na boCnej strane novej tlaCiarne.

Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej ploche zobrazi
sprava, Ze sa nasla tlaCiaren.

5 Prejdite na nasledujdce polozky: Tlacidlo Start (Start) systému Windows > Devices and Printers (Zariadenia a
tlaciarne) a néjdite novo pridand tlaciaren.

6 Pravym tlacidlom mysi kliknite na tuto tlaCiaren a vyberte polozku Properties (Vlastnosti). Potom skopirujte
nazov tlaCiarne.

7 Otvorte klienta spravy, obrazovku Hardware configuration (Hardvérové konfiguracia), kartu Slide labelers
(Znatkovact sklicok), ako je to opisané v ¢asti 10.6.3 Znackovace sklicok. Vyberte stard tlaciaren, ktoru ste
nahradili.

8 VloZte (prepisanim existujiceho ndazvu) do pola Printer name (Nazov tlagiarne), aby sa zmenila napriklad na
,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

9 Kiliknite na polozku Save (UloZit).

10 VytlaCte skusobny Stitok, aby ste si overili fungovanie tlaciarne.
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Kapitola 17 Vymena tlaCiarni znackovaca sklicok

17.2 Vymena tlaciarne Cognitive Cxi systému
BOND-ADVANCE

Pred pripojenim novej tlagiarne k systému BOND-ADVANCE je potrebné nastavit statickd IP adresu novej tlaciarne na
rovnaku hodnotu, ako mala stara tlaciaren.

IP adresy tlaCiarni zacinaju od 192.168.5.101. Pri kazdej tlaciarni sa liSi iba posledna Cislica. Napriklad IP adresa
tlaciarne pre tlaciaren 2 je 192.168.5.102.

V postupoch uvedenych niZsie je vysvetlené, ako zistit staticku IP adresu starej tladiarne a ako nastavit tito hodnotu v
novej tlaciarni.

Predny panel tlaciarne Cognitive
Na Obrazok 17-1 je znazornena klavesnica a LCD displej na tlaciarni Cognitive Cxi.

Obrédzok 17-1: LCD displej a klavesnica tlaciarne Cognitive

£ GGGNITI;E@ \I

=h8
K

Na starej tladiarni vykonajte nasledujuci postup, aby ste zistili IP adresu, ktord chcete pouZit v pripade novej tladiarne:

Zobrazenie IP adresy starej tlaCiarne

@ Ak z nejakého dovodu nemézete pouzivat displej na starej tlaciarni, pouzite postup Vyhladanie IP
adresy tlaCiarne, aby ste zistili IP adresu na riadiacom zariadeni.

1 Stlacte .

Zobrazi sa obrazovka Main Menu: Language Menu (Hlavna ponuka: ponuka jazykov).

7 Stlacenim tlacidla "G zobrazte moznost Printer Setup (Nastavenie tlaciarne).

3 Stlacenim tlaéidla zobrazte moznost Printer Setup: Comm. Menu (Nastavenie tladiarne: ponuka
komunikdcie).

4 Stlacte tlacidlo M na zobrazenie polozky Comm. Menu: Timeout (Ponuka komunikdacie: ¢asovy limit).
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Kapitola 17 Vymena tlaCiarni znackovaca sklicok

5 Stlacenim tlacidla "G dvakrat zobrazte moznost Ethernet (Eternet).

6 Stlaéte.
Zobrazi sa obrazovka Ethernet - DHCP (Eternet - DHCP).

7 Stlacte .

Zobrazi sa obrazovka DHCP Off (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazi moznost DHCP On (DHCP zap.), stla¢enim tlacidla
e hodnotu.)

g Stlacte .
Na obrazovke sa zobrazi spréva: Value has been set (Hodnota bola nastavena).

9 Stlacenim tlacidla "G zobrazte moznost Set Static IP (Nastavit staticku IP).

10 Stlacenim tlaéidla zobrazte aktualne nastavenie.
17 PoznaCte si staticku IP adresu.

12 Vypnite tlaCiaren a odpojte ju od zdroja napdjania a od siete.

Nastavenie IP adresy tlacCiarne

Ak chcete nastavit novd tlaciaren na spravnu statickd IP adresu, vykonajte niZSie uvedeny postup.

c POZOR: Nepripdjajte novu tlaCiaren k sieti BOND, kym nevykonate postup uvedeny nizsie.

1 Pripojte novu tlaciaren k napdjaciemu zdroju a zapnite hlavny vypinac na bocnej strane tlaciarne.

2 Stlacte .

Zobrazi sa obrazovka Main Menu: Language Menu (Hlavna ponuka: ponuka jazykov).

3 Stlacenim tlacidla "G zobrazte moznost Printer Setup (Nastavenie tlaciarne).

4 Stlacenim tlaéidla zobrazte moznost Printer Setup: Comm. Menu (Nastavenie tladiarne: ponuka
komunikécie).

5 Stladte tlagidlo W na zobrazenie polozky Comm. Menu: Timeout (Ponuka komunikécie: ¢asovy limit).

6 Stlacenim tlacidla "G dvakrat zobrazte moznost Ethernet (Eternet).

7 Stlaéte.
Zobrazi sa obrazovka Ethernet - DHCP (Eternet - DHCP).

8 Stladte .

Zobrazi sa obrazovka DHCP Off (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazi moZnost DHCP On (DHCP zap.), stlagenim tlacidla
e hodnotu.)
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Kapitola 17 Vymena tlaCiarni znackovaca sklicok

9 Stlacte .
Na obrazovke sa zobrazi spréva: Value has been set (Hodnota bola nastavena).

10 Stlagenim tlacidla "G zobrazte moznost Set Static IP (Nastavit statickd IP).

11 Stlacenim tlaéidla zobrazte aktualne nastavenie.

12 Zadajte IP adresu, ktoru ste si poznamenali zo starej tlaciarne. Pomocou lavého a pravého tlacidla posunte
kurzor dolava alebo doprava a pomocou tlacidiel hore a dole hodnotu zmerite.

13 Stlacte .

Na obrazovke sa zobrazi spréva: Value has been set (Hodnota bola nastavena)..

14 Stlacenim tlacidla .niekol'kokrét za sebou sa vratte na hlavnud obrazovku -- COGNITIVE -

15 Prepnite hlavny vypina¢ na bo¢nej strane tlaciarne do polohy OFF (Vyp.). Potom prepnite spat do polohy ON
(Zap.).
16 Pripojte eternetovy kabel k novej tlaciarni a pripojte ho k sieti BOND.
Obrdzok 17-2: Eternetovy konektor

-3

17 Otvorte klienta spravy a vytlacte Stitok testu.

Vyhladanie IP adresy tlaciarne

Ak nie je mozné zobrazit IP adresu na starej tlaciarni, pomocou nasledujiceho postupu urcite IP adresu pre nov
tlaCiaren.

1 Prihlaste sa do riadiaceho zariadenia systému BOND-ADVANCE ako BONDDashboard.

L 3
2 Stlacenim klavesov s logom Windows - + M minimalizujte obrazovku panela nastrojov.

3 Na paneli tloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost Devices and Printers
(Zariadenia a tlaciarne).
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4 Pravym tlacidlom mysi kliknite na prislusnu ikonu tlaCiarne Cognitive a z rozbalovacej ponuky vyberte polozku
Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne), ako je to zndzornené na Obrazok 17-3.

Obrézok 17-3: Vyberte poloZku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne)

See what's printing

@ Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Cognitive Printer
Pod 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

Systém zobrazi dialégové okno Properties (Vlastnosti).
5 Vyberte kartu Ports (Porty).

Obréazok 17-4: Vlastnosti tlaciarne - karta Porty

EE!I Cognitive Printer Pod 1 Properties X
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
General Sharing Advanced Color Management Security

.:?; Cogpnitive Printer Pod 1

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

checked port,

Port Description Printer "~
[ comz: Serial Port

[] coma: Serial Port

[] coma: Serial Port

[ FILE: Print to File

et Printer Port o
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...

] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

Cancel Apply Help

6 Zaznaéte IP adresu do stipca Port pre vybratu tlagiare. (MoZno budete musiet rozsfrit stipec Port presunutim
hranice stipca.)

7 Kliknutim na Cancel (Zrusit) zatvorte dialégové okno.
8 Zatvorte okno Devices and Printers (Zariadenia a tlagiarne).
9 Stlacte Alt + Tab na zobrazenie ovladacieho panelu systému BOND.

10 Na vykonanie postupu Nastavenie IP adresy tlaciarnepouzite adresu IP z kroku 6.
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17.

3 Vymena tlacCiarne Zebra za tlaciaren Cognitive
Cxi systemu s jednou stanicou

Ak chcete tlaGiaren Zebra TLP 3842 alebo GX430t nahradit tlaciarfiou Cognitive Cxi, pouZite nasledujuci postup.

BOND odpojit. Na pripojenie tlaciarne Cognitive k internetu potrebujete kabel USB riadiaceho
zariadenia systému BOND.

‘ ‘ Ak bola tlaCiaren Zebra pripojena ,paralelnym” kablom, mézete ju od riadiaceho zariadenia systému

N w0

10
11
12

13
14
15
16
17

Vypnite hlavny vypina¢ na zadnej strane tlaciarne Zebra.

Odpojte paralelny kabel alebo kabel USB a napdjaci kabel zo zadnej Casti starej tlaciarne.
Odpojte napéjanie tlagiarne Zebra zo sietového napdjania.

Pripojte napajanie tlaciarne Cognitive k sietovému napéjaniu.

Pripojte kabel USB a napajaci kabel k tlaciarni Cognitive.

Zapnite hlavny vypinac na bocnej strane tlaCiarne.

Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej ploche zobrazi
sprava, ze sa nasla tlaciaren.

Na paneli tloh systému Windows Kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost Devices and Printers
(Zariadenia a tlaciarne).

Skontrolujte, Ci sa tlaCiaren zobrazuje ako ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
Prihlaste sa do klienta spravy BOND.
Otvorte obrazovku Hardware (Hardvér), kartu Slide labelers (Znackovace sklicok).
Kliknite na tlacidlo Add printer (Pridat tlagiaren) (viavo dole na obrazovke).
Na pravom paneli na obrazovke zadajte:
« Display name (Ndzov displeja): pouzite nazov tlaciarne: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printer name (Nazov tlaciarne): znovu rovnaky nazov
 Host name (Nazov hostitela): nechajte toto pole prazdne.
« Printer type (Typ tlaciarne): vyberte model tlagiarne: Cognitive Cxi
Kliknite na polozku Save (UloZit).
V zozname kliknite pravym tlacidlom mysi na tlaCiaren Zebra.
V rozbalovacej ponuke stlacte moznost Delete (Vymazat).
Systém zobrazi sprévu: ,Are you sure you want to delete the printer?” (Naozaj chcete odstranit tlaciaren?)

Kliknite na moznost Yes (Ano).
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8 Technické Udaje

@ Této Gast sa nevztahuje na modul spracovania BOND-PRIME. Pozrite si samostatnu pouzivatel'sku
prirucku systému BOND-PRIME.

« 18.1 Specifikacie systému

» 18.2 Fyzické Specifikacie

» 18.3 Poziadavky na elektrické napdjanie a zdroj UPS
« 18.4 Specifikacie prostredia

» 18.5 Prevadzkové Specifikacie

» 18.6 Mikroskopickeé sklicka

e 18.7 Doprava a skladovanie

18.1 Specifikécie systému

Poziadavky na sietové pripojenie Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Sietové kable Tienené kable CAT5e alebo CAT6 s konektormi RJ-45

Poziadavky na ethernetovy prepinac: Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Jednomiestny 8-portovy eternetovy prepinac
(podporuje az 5 modulov spracovania)

BOND-ADVANCE 8- alebo 16-portové eternetové prepinace (mo6zu byt spolu spojené,
aby podporovali az 30 modulov spracovania)

Technické Udaje zariadenia Riadiace zariadenia BOND a terminaly musi dodavat spoloénost

Leica Biosystems
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18.2 Fyzické specifikacie
| BN [ BONDMAX

Rozmery $-790 mm (31,10 palca) S - 760 mm (29,9 palca)
V = 1378 mm (54,25 palca) V =703 mm (27,6 palca)

H - 806 mm (31,73 palca) H - 775 mm (30,5 palca)
Hmotnost (suchd) 238 kg 120 kg
PoZiadavky na vzdialenost 600 mm (24 palcov) nad

0 mm vlavo

150 mm (6 palcov) vpravo

0 mm vzadu, pouzivatelia vSak musia byt schopni odpojit sietovy
napdjaci kabel bez posunutia modulu spracovania.

Maximalna vzdialenost od vonkajSej nadoby ~ ~ 1 meter
na hromadny odpad (len systém BOND-MAX)

18.3 Poziadavky na elektricke napajanie a zdroj UPS
| BN [ BONDMAX

Prevadzkové napatie 103,4V az 127,2 V (pre menovité napatie 110 V az 120 V)

(pre moduly spracovania so starymi alebo

napajacimi zdrojmis jednym ventilatoromna o /25 954 (pre menovité napétie 220 V a2 240 V)
zadnom obale)

Prevadzkové napatie 90 V aZ 264 V (pre menovité napatie 100 V az 240 V)

(pre moduly spracovania s novymi napdjacimi
zdrojmi s dvomi ventilatormi na zadnom

obale)
Sietova frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Spotreba energie 1200 VA 1000 VA

18.4 Specifikacie prostredia

Maximalna prevadzkova teplota 35°C 35°C
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Minimalna prevadzkova teplota

Teplota potrebna na splnenie poziadaviek na

farbenie

Prevadzkova vihkost (bez kondenzacie)

Maximalna prevadzkova nadmorska vyska

Vystupnd hladina akustického tlaku (vo
vzdialenosti T m)

Maximalny tepelny vykon

5°C 5°C

18 -26°C 18 -26°C

30 az 80 % relativna vlihkost 30 az 80 % relativna vlhkost
0az1600mnad morom 0az1600mnad morom

< 85 dBA maximalne < 85 dBA maximalne

<65 dBA normalna prevadzka < 65 dBA normalna prevadzka

1200 VA 1000 VA

18.5 Prevadzkove Specifikacie

Kapacita sklicok

Objem nadoby na reagencie

Mrtvy objem nadoby na reagencie
Rezervny objem nadoby na reagencie
Objem titracnej nadoby

Mrtvy objem titracnej nadoby

Rezervny objem titracnej nadoby

Pocet nadob na reagencie

Kapacita nadoby na nebalené reagencie
Kapacita nadoby na nebezpecny odpad
Kapacita nadoby na Standardny odpad

VonkajSia kapacita nadoby na hromadny
odpad

Chemicka kompatibilita

Indikacia teploty

30 sucasne.

Hotové zésobniky (10 skliGok) je moZné priebezne vymienat.
7mla 30ml 7mla 30ml

555ul (7ml) a1 618ul (30ml)

280ul (7ml) a 280l (30ml)

6 ml 6 ml

300 pl 300 ul

280 ul 280 ul

36 36
2lalebo 5| 1lalebo?2 |
51 21

2x 5l ~

~ 91

VSetky reagencie BOND

70 % roztok etanolu (na Gistenie)

Predvolené hodnoty (m6zu byt zmenené zastupcami servisu):
Teplé: 35 °C, hortce: 80 °C
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Maximalny povoleny tlak pre pripojky plynu 1.0 bar 2.5 bar
a kvapaliny

Zivotnost 7 rokov 7 rokov
Systém BOND Skoncenie platnosti certifikatu 10 rokov 10 rokov

kybernetickej bezpecnosti

18.6  Mikroskopicke sklicka

Rozmery Sirka: 24,64 - 26,0 mm (0,97 - 1,02 palca)
Dizka: 74,9 - 76,0 mm (2,95 - 2,99 palca)
Hrabka: 0,8 - 1,3 mm (0,03 - 0,05 palca)
Oblast Stitkov Sirka: 24,64 - 26,0 mm (0,97 - 1,02 palca)
Dizka: 16,9 - 21,0 mm (0,67 - 0,83 palca)
Material sklo, 1SO 8037/1

Uzitkové plocha Pozrite si nasledujuce schémy. Davkovaci objem sa tyka nastaveni, ktoré
mozete zvolit pri nastavovani sklicok pomocou softvéru BOND (pozrite si
¢ast 6.3 Praca s pripadmi).

Obrazok 18-1: Uzitocné oblasti sklicok pre moduly spracovania BOND

BOND-III ~

BOND-MAX ’ ~

¥
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18.7 Doprava a skladovanie

Teplota skladovania -20 a7z +55°C

Vlhkost pri skladovani (bez kondenzécie) <80 % relativna vihkost

Sposoby dopravy Kompatibilné pre cestnu, leteckd a namornu dopravu.

Upozorfiujeme, Ze vy$Sie uvedené informdcie sa tykaju iba zabalenych modulov spracovania.

Informécie o rozbalenych moduloch spracovania néjdete v Casti 18.4 Specifikécie prostredia.
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